2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 1

Téamai asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivit vastaa sen sisallosti.

>B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1334/2000,
annettu 22 péivina kesikuuta 2000,

kaksikéyttotuotteiden ja -teknologian vientiii koskevan yhteison valvontajirjestelmén
perustamisesta

(EYVL L 159, 30.6.2000, s. 1)

Oikaistu:
»C1 Oikaisu, EYVL L 176, 15.7.2000, s. 52 (1334/2000)
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1334/2000,

annettu 22 paivina kesikuuta 2000,

kaksikéyttotuotteiden ja -teknologian vientiii koskevan yhteison

valvontajirjestelmin perustamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisén perustamissopimuksen ja erityisesti

sen

133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

sekid katsoo seuraavaa:

(D

2

3)

“4)

©)

(6)

(7

®)

)

(10)

(")
@

é)
*)

Kaksikdyttotuotteita (mukaan lukien ohjelmistot ja teknologia)
olisi valvottava tehokkaasti silloin, kun niitd viedddn yhteisosta.

Tarvitaan tehokas yhteinen kaksikdyttdtuotteiden vientivalvonta-
jarjestelmd sen varmistamiseksi, ettd jdsenvaltioiden erityisesti
asesulkua koskevia sekd Euroopan unionin kansainvilisid sitou-
muksia ja vastuita noudatetaan.

Yhteinen valvontajérjestelmd ja yhdenmukaistetut tiytdntodnpa-
no- ja seurantapolitiikat kaikissa jdsenvaltioissa ovat edellytys
kaksikéyttotuotteiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiselle yhtei-
son sisélla.

Asetuksella (EY) N:o 3381/94 (?) ja pdatokselld 94/942/YUTP (3)
kdyttoon otetun nykyisen kaksikdyttdtuotteiden vientivalvontajér-
jestelmdn yhdenmukaistamista on jatkettava, jotta valvonnan
tehokas toteuttaminen voidaan edelleen varmistaa.

Yhteiset kaksikdyttotuotteiden, maédrdpaikkojen ja suuntaviivojen
luettelot ovat tehokkaan vientivalvontajérjestelmin olennainen
osa, Luettelot on otettu kiyttoon padtokselld 94/942/YUTP ja sen
my6hemmilld muutoksilla, ja ne olisi otettava osaksi tétd asetusta.

Kansalliset viranomaiset vastaavat vientilupahakemusten ratkai-
semisesta. Kaksikdyttotuotteiden vientiin vaikuttavat kansalliset
sddnnokset on annettava ja padtokset tehtdva yhteisen kauppapo-
litiikkan ja erityisesti yhteisen vientimenettelyn kayttdonotosta
20 piivdni joulukuuta 1969 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2603/69 (*) puitteissa.

Kaksikayttotuotteiden yhteisten luettelojen ajantasaistamista kos-
kevien pddtdsten on oltava tdysin niiden velvoitteiden ja
sitoumusten mukaisia, jotka kukin jdsenvaltio on hyviksynyt
asiaa koskevien kansainvélisten asesulku- ja vientivalvontajérjes-
telyjen jdsenend tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvélisid
sopimuksia.

Olisi valvottava my®ds sihkaisilld viestimilld, telekopiolaitteella tai
puhelimella tapahtuvaa ohjelmistojen ja teknologian siirtdmistd
yhteison ulkopuolelle.

Erityistd huomiota on kiinnitettdva jilleenvientiin ja lopulliseen
kéyttoon.

Jasenvaltioiden ja Euroopan komission edustajat allekirjoittivat
22 piivand syyskuuta 1998 jdsenvaltioiden, Euroopan atomiener-
giayhteison ja kansainvilisen atomienergiajirjeston ydinmateriaa-
livalvontaa koskevien sopimusten lisdpoytékirjat, joissa jasenval-

EYVL C 399, 21.12.1998, s. 1.

EYVL L 367, 31.12.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 837/95 (EYVL L 90, 21.4.1995, s. 1).

EYVL L 367, 31.12.1994, s. 8, pdatos sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna paatokselld 2000/243/YUTP (EYVL L 82, 1.4.2000, s. 1).
EYVL L 324, 27.12.1969, s. 25, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) N:0 3918/91 (EYVL L 372, 31.12.1991, s. 31).
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tiot velvoitetaan muun muassa toimittamaan tietoja erityislaitteista
ja muusta kuin ydinaineesta.

(11) Yhteisé on yhteison tullikoodeksista 12 pédivdand lokakuuta 1992
annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2913/92(!) ja
asetuksen 2913/92 soveltamisesta annetulla komission asetuksella
(ETY) N:o 2454/93 (%) antanut tullisidnndston, jossa on muun
muassa tavaroiden vientid ja jélleenvientid koskevat sddnnokset.
Tama asetus ei milldén tavoin rajoita yhteison tullikoodeksissa ja
sen soveltamissddnnoksissd sdddettyjd ja niistd johtuvia valtuuk-
sia.

(12) Perustamissopimuksen 30 artiklan mukaisesti ja mainitussa
artiklassa sdddetyisséd rajoissa sekd siihen asti, kun lainsdadantoa
on edelleen yhdenmukaistettu, jasenvaltioilla sdilyy oikeus valvoa
tiettyjen kaksikéyttotuotteiden toimituksia Euroopan yhteisdssi
yleisen jirjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Neuvosto
tarkastelee nditd valvontatoimenpiteitd méardajoin, sikéli kuin ne
liittyvdt yhteisostd tapahtuvan viennin valvonnan tehokkuuteen.

(13) Tamén asetuksen oikean soveltamisen varmistamiseksi olisi
kunkin jdsenvaltion toteutettava toimenpiteet asianmukaisten
valtuuksien antamiseksi toimivaltaisille viranomaisille.

(14) Kunkin jisenvaltion olisi vahvistettava timén asetuksen sdidnnds-
ten rikkomiseen sovellettavat seuraamukset.

(15) Euroopan parlamentti on ilmaissut kantansa 13 péivdnd huhtikuuta
1999 antamassaan paitoslauselmassa (3),

(16) Asetus (EY) N:o 3381/94 olisi edelld esitetyn vuoksi kumottava,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

I LUKU

Aihe ja midritelmit
1 artikla

Talld asetuksella perustetaan yhteison kaksikdyttotuotteiden vientival-
vontajérjestelma.

2 artikla

Téssd asetuksessa tarkoitetaan:

a) “kaksikéyttotuotteella” tuotteita, myds ohjelmistoja ja teknologiaa,
joita voidaan kéyttdd seka siviili- ettd sotilastarkoituksiin, mukaan
lukien tavarat, joita voidaan kayttdd sekd muihin kuin rdjahdys-
tarkoituksiin ettd milld hyvénsa tavoin apuna ydinaseiden tai muiden
ydinréjdhteiden valmistamisessa;

b) “viennilld”
i) yhteison tullikoodeksin 161 artiklan mukaista vientimenettelyd,

ii) mainitun tullikoodeksin 182 artiklan mukaista jélleenvientid;
sekd

iii) ohjelmistojen tai teknologian siirtoa yhteisén ulkopuoliseen
médrdpaikkaan sidhkoisilld viestimilld, telekopiolaitteella tai
puhelimella. Tétd méadritelmdd sovelletaan puhelimitse tapahtu-
vaan teknologian suulliseen siirtoon vain, jos teknologiaa
kasittelevin asiakirjan siséllon merkityksellinen osa luetaan

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
955/1999 (EYVL L 119, 7.5.1999, s. 1).

(3 EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1662/1999 (EYVL L 197, 29.7.1999, s. 25).

() EYVL C 219, 30.7.1999, s. 34.
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puhelimessa tai sitd kuvataan puhelimitse niin, ettd paistdin
olennaisesti samaan lopputulokseen;

c) 7viejilld” luonnollista tai oikeushenkildd, jonka puolesta vienti-
ilmoitus tehdddn eli henkildd, jolla vienti-ilmoituksen vastaan-
ottamisen ajankohtana on sopimus yhteison ulkopuolisessa maassa
olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on valtuutus pdittdd tuotteen
ldhettdmisestd yhteison tullialueelta. Jollei vientisopimusta ole tehty
tai jollei sopimuspuoli toimi omasta puolestaan, valtuutus pééttaa
tuotteen ldhettdmisestd yhteison tullialueelta on ratkaiseva seikka.

”Viejélld” tarkoitetaan my0s luonnollista tai oikeushenkildd, joka
paattia toimittaa ohjelmistoja tai teknologiaa yhteisén ulkopuoliseen
madripaikkaan sidhkoisilld viestimilld, telekopiolaitteella tai puhe-
limella.

Jos oikeus mairdtd kaksikdyttStuotteesta viennin perusteena olevan
sopimuksen mukaan kuuluu yhteisén ulkopuolelle sijoittautuneelle
henkildlle, viejdd pidetddn yhteis6on sijoittautuneena sopimuspuo-
lena;

d) “vienti-ilmoituksella” asiakirjaa, jossa henkild muoto- ja menettely-
vaatimuksia koskevien madrdysten mukaisesti ilmoittaa haluavansa
asettaa kaksikdyttdtuotteen vientimenettelyyn.

II LUKU

Soveltamisala

3 artikla

1. Liitteessd I lueteltujen kaksikayttotuotteiden vienti on luvanvaraista.

2. Myods tiettyjen liitteeseen I kuulumattomien kaksikdyttotuotteiden
kaikkiin tai tiettyihin méarépaikkoihin tapahtuvaa vientid varten voidaan
vaatia lupa 4 ja 5 artiklan mukaisesti.

3. Titd asetusta ei sovelleta palveluiden tarjontaan tai teknologian
siirtoon, jos ndmi edellyttivit luonnollisten henkildiden liikkumista
rajojen yli.

4. Tatd asetusta ei sovelleta kaksikdyttotuotteisiin, jotka ainoastaan
kulkevat yhteison alueen kautta, eli tuotteisiin, joille ei ole osoitettu
muuta tulliselvitysmuotoa kuin ulkoinen passitusmenettely tai jotka
ainoastaan sijoitetaan vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siten, ettei niistd
tarvitse tehdd merkintdd hyviksyttyyn varastokirjanpitoon.

4 artikla

1. Liitteeseen I kuulumattomien kaksikédyttdartikkeleiden vienti on
luvanvaraista, jos viejd on saanut sijoittautumisjdsenvaltionsa toimival-
taisilta viranomaisilta tiedon siitd, ettd kyseiset tuotteet ovat tai voivat
olla kokonaan tai osittain tarkoitetut kdyttdon, joka liittyy kemiallisten,
biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinrdjéhteiden kehittdmiseen,
tuotantoon, kisittelyyn, kdyttoon, ylldpitoon, varastointiin, havaitsemi-
seen, tunnistamiseen tai levittimiseen taikka tillaisten aseiden maaliin
saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittdmiseen, tuotantoon, ylldpitoon
tai varastointiin.

2. Liitteeseen I kuulumattomien kaksikdyttdtuotteiden vienti on
luvanvaraista myds, jos ostajamaahan tai médrdmaahan kohdistuu
neuvoston hyviksymaélld yhteiselld kannalla tai yhteiselld toiminnalla,
Euroopan turvallisuus- ja yhteistydjarjeston padtokselld tai Yhdis-
tyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla paitdslauselmalla
midratty aseidenvientikielto ja jos viejd on saanut 1 kohdassa tarkoitetu-
ilta viranomaisilta tiedon, ettd kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla
kokonaan tai osittain tarkoitetut sotilaalliseen loppukdyttoon. Tassa
kohdassa ’sotilaallisella loppukéytdlla™ tarkoitetaan:

a) sisdllyttdmistd jasenvaltioiden asetarvikeluettelossa lueteltuihin ase-
tarvikkeisiin;
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b) tuotanto-, testaus- tai analysointilaitteiden ja niiden komponenttien
kiyttod edelld mainitussa luettelossa olevien asetarvikkeiden kehit-
tdmiseen, tuotantoon tai ylldpitoon;

c) valmiiksi jalostamattomien tuotteiden kaytt6d edelld mainitussa
luettelossa olevien asetarvikkeiden tuotantolaitoksessa.

3. Liitteeseen I kuulumattomien kaksikdyttotuotteiden vienti on
luvanvaraista myds, jos vieji on saanut 1 kohdassa tarkoitetuilta
viranomaisilta tiedon siitd, ettd kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla
kokonaan tai osittain tarkoitetut kaytettdviksi kansallisessa asetarvike-
luettelossa lueteltujen sellaisten asetarvikkeiden osina tai komponenttei-
na, jotka on viety kyseisen jdsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen
jésenvaltion kansallisessa lainsddddnndsséd sdddetyn luvan vastaisesti.

4. Jos viejd tietdd, ettd kaksikdyttotuotteet, jotka hian aikoo viedd ja
jotka eivdt kuulu liitteeseen I, ovat kokonaan tai osittain tarkoitetut
johonkin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun kéytton, viejan on ilmoitettava
asiasta 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille, jotka pdittdvdt, onko
aiheellista méératd kyseinen vienti luvanvaraiseksi.

5. Jasenvaltio voi ottaa kdyttoon tai pitdd voimassa kansallista
lainsdddint6d, jonka nojalla liitteeseen I kuulumattomien kaksikayttotu-
otteiden viennille vaaditaan lupa, jos viejdlld on aihetta epiilld, ettd
kyseiset tavarat ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut
johonkin 1 kohdassa tarkoitettuun kéyttdon.

6. Jédsenvaltion, joka 1-5 kohdan mukaisesti vaatii luvan liitteeseen I
kuulumattoman kaksikdyttdtuotteen viennille, on tarvittaessa ilmoitetta-
va asiasta muille jésenvaltioille ja komissiolle. Muiden jésenvaltioiden
on otettava ndméi tiedot asianmukaisesti huomioon ja niiden on
ilmoitettava niistd mahdollisimman laajasti maansa tulliviranomaisille
ja muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.

7. Jéljempana 9 artiklan 2 ja 3 kohdan sidénnoksié sovelletaan, jos kyse
on kaksikdyttotuotteista, jotka eivit kuulu liitteeseen 1.

8. Tamai asetus ei rajoita jasenvaltioiden oikeutta toteuttaa kansallisia
toimenpiteitd asetuksen (ETY) N:o 2603/69 11 artiklan nojalla.

5 artikla

1. Jasenvaltio voi yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvista
syistd kieltdd tai mddrdtd luvanvaraiseksi liitteeseen I kuulumattoman
kaksikayttotuotteen viennin.

2. Jasenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdan nojalla hyviksytyistd
toimenpiteistd komissiolle vélittdmasti niiden hyviksymisen jilkeen
sekd ilmoitettava toimenpiteiden tdsmalliset perusteet.

3. Jdsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vilittomasti myds kaikki
muutokset 1 kohdan nojalla hyviksyttyihin toimenpiteisiin.

4. Komissio julkaisee sille 2 ja 3 kohdan mukaisesti ilmoitetut
toimenpiteet Euroopan yhteisdjen virallisen lehden C-sarjassa.

IIT LUKU

Vientilupa
6 artikla

1. Télla asetuksella otetaan kéyttoon liitteessd II esitetty yhteison
yleinen vientilupa tietyn viennin osalta.

2. Luvan muulle timin asetuksen nojalla luvanvaraiselle viennille
mydntdvdt sen jdsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejd on
sijoittautunut. Lupa voi olla yksittdislupa, koontilupa tai yleislupa, jollei
3 kohdassa sdddetyistéd rajoituksista muuta johdu.

Lupa on voimassa kaikkialla yhteisossa.



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 6

Luvan saannille voidaan tarvittaessa asettaa tiettyjd vaatimuksia ja
edellytyksid, kuten velvoite antaa selvitys lopullisesta kdytosta.

3. Liitteessd II olevassa 2 osassa lueteltuja tuotteita ei saa sisdllyttdd
yleislupaan.

4. Jésenvaltioiden on mainittava yleisluvissa, ettei niitd saa kéyttid, jos
viejd on saanut omilta viranomaisiltaan tiedon, ettd kyseiset tuotteet ovat
tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut 4 artiklan 1, 2 ja 3
kohdassa tarkoitettuun kayttoon, tai jos viejd tietdd, ettd tuotteet on
tarkoitettu edelld mainittuun kayttoon.

5. Jdsenvaltioiden on pidettdvd voimassa tai otettava kdyttoon kansal-
lisessa lainsddddnnodssddn mahdollisuus, jonka mukaan yksittdiselle
viejille voidaan myontdd kaksikdyttotuotteiden lajia tai ryhmiid varten
koontilupa, joka voi olla voimassa yhteen tai useampaan yksildityyn
maahan suuntautuvassa viennissa.

6. Jasenvaltion on toimitettava komissiolle luettelo viranomaisista,
joilla on toimivalta myontdd vientilupa kaksikéyttotuotteille.

Komissio julkaisee luettelon ndistd viranomaisista Euroopan yhteiséjen
virallisen lehden C-sarjassa.

7 artikla

1. Jos kaksikdyttStuotteet, joiden viennille haetaan yksittdislupaa
médrdpaikkaan, jota ei ole mainittu liitteessd II, tai liitteessd IV
lueteltujen kaksikéyttotuotteiden osalta mihin hyvidnsd miardpaikkaan,
sijaitsevat hakemusta tehtdessd tai tulevaisuudessa yhdessd tai useam-
massa muussa jasenvaltiossa kuin siind, jossa hakemus on tehty, asiasta
on mainittava hakemuksessa. Sen jdsenvaltion toimivaltaisten viran-
omaisten, jossa lupahakemus on tehty, on vilittdmésti neuvoteltava
asiasta kyseisen yhden tai useamman jisenvaltion toimivaltaisten viran-
omaisten kanssa ja annettava ndille tarvittavat tiedot. Sen yhden tai
useamman jisenvaltion, jonka kanssa neuvotellaan, on kymmenen
tyopdivéan kuluessa esitettdvd mahdolliset luvan myontimistd vastustavat
huomautuksensa, jotka sitovat sitd jasenvaltiota, jossa hakemus on tehty.

Jos kymmenen tyopdivén kuluessa ei ole saatu huomautuksia, katsotaan,
ettei se yksi tai useampi jdsenvaltio, jonka kanssa neuvotellaan, ole
esittdnyt huomautusta.

Poikkeustapauksissa jdsenvaltio, jonka kanssa neuvotellaan, voi pyytda
kymmenen péivin méirdajan pidentdmistd. Madrdaikaa ei kuitenkaan
saa pidentdd yli 30 tyopaivalla.

2. Jos vienti voi haitata jasenvaltion olennaisia turvallisuusetuja, se voi
pyytdd toista jdsenvaltiota epddmédn vientiluvan, tai jos lupa on jo
myonnetty, mitdtdiméddn luvan, keskeyttimiin sen soveltamisen taikka
muuttamaan tai peruuttamaan luvan. Pyynnon vastaanottavan jasenval-
tion on vilittdmaisti aloitettava pyynnon esittineen jdsenvaltion kanssa
neuvottelut, jotka eivdt ole sitovia ja jotka on saatettava padtokseen
kymmenen tyopdivan kuluessa.

8 artikla

Tehdessddn timén asetuksen nojalla pddtdksen vientiluvan myontimi-
sestd tai sen epddmisestd jdsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki
asiaan kuuluvat seikat, mukaan lukien

a) velvoitteet ja sitoumukset, jotka kukin niistdi on hyvdksynyt
asiaankuuluvien kansainvélisten asesulkujérjestelmien ja vientival-
vontajarjestelyiden jdsenend tai ratifioimalla asiaankuuluvia kan-
sainvélisid sopimuksia;

b) sellaisiin pakotteisiin perustuvat velvoitteensa, jotka on asetettu
Euroopan unionin hyviksyméssi yhteisessd kannassa tai yhteisessd
toiminnassa, Euroopan turvallisuus- ja yhteistydjarjeston paatokses-
sd taikka YK:n turvallisuusneuvoston sitovassa péadtoslauselmassa;
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¢) kansallisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan nidkokohdat, mukaan
lukien ne, jotka siséltyvit asevientid koskeviin Euroopan unionin
menettelysiddntoihin;

d) aiottuun lopulliseen kéytto6n ja sen kiertimisvaaraan liittyvat
ndkokohdat.

9 artikla

1. Viejien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki vientil-
upahakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot.

2. Téamén asetuksen mukaisesti toimiessaan jasenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset voivat evétd vientiluvan sekd mititdidd jo myOntdmansa
vientiluvan, keskeyttdd sen soveltamisen taikka muuttaa tai peruuttaa
luvan. Jos toimivaltaiset viranomaiset epddvdt tai mitdtdivdt sen,
keskeyttdviat sen soveltamisen taikka olennaisesti rajoittavat sitd tai
peruuttavat sen, niiden on ilmoitettava tdstd muiden jisenvaltioiden
toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle sekd vaihdettava asiaa
koskevia tietoja muiden jdsenvaltioiden ja komission kanssa noudattaen
15 artiklan 3 kohdan sddnnoksid tdllaisten tietojen luottamuksellisuu-
desta.

3. Ennen kuin jdsenvaltio myontdd vientiluvan tuotteelle, joka on
olennaisesti samanlainen kuin se, jonka osalta yksi tai useampi muu
jésenvaltio on evédnnyt luvan viimeisten kolmen vuoden aikana, sen on
ensin neuvoteltava kyseisen yhden tai useamman jasenvaltion kanssa. Jos
jasenvaltio ndiden neuvottelujen jilkeen paattdd kuitenkin myontda
vientiluvan, sen on ilmoitettava paatoksestddn muille jdsenvaltioille ja
komissiolle sekd toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot pddtdksen
perusteista.

10 artikla

1. Vientid koskevat yksittdis- ja koontiluvat on annettava tdméin
asetuksen liitteessd III a esitetyn mallin mukaisilla lomakkeilla.

2. Koontiluvat, joihin sisdltyy maédrillisid rajoituksia, on viejien
pyynndsté jaettava osiin.

3. Yleisluvat, jotka on myonnetty 6 artiklan 2 kohdan nojalla, on
julkaistava kansallisen lainsdddénnon ja kdytdnnon mukaisesti. Ne on
annettava liitteessd III b annettujen ohjeiden mukaisesti.

IV LUKU

Kaksikéyttotuotteiden luettelon ajantasaistaminen

11 artikla

Liitteessd 1 ja IV olevat kaksikdyttStuotteiden luettelot ja niiden
muutokset on ajantasaistettava niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja
sitoumusten mukaisesti, joita kukin jasenvaltio on hyviksynyt kansain-
vilisten asesulku- ja vientivalvontajirjestelyjen jdsenend tai ratifioimalla
asiaa koskevia kansainvilisid sopimuksia.

V LUKU

Tullimenettelyt

12 artikla

1. Suorittaessaan kaksikdyttotuotteiden vientimuodollisuuksia vienti-
ilmoituksen kisittelevissd tullitoimipaikassa viejan on todistettava, ettd
vientiin on saatu tarpeellinen lupa.

2. Viejdltd voidaan vaatia todisteeksi esitettyjen asiakirjojen kddnnds
sen jasenvaltion viralliselle kielelle, jossa vienti-ilmoitus esitetdén.
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3. Rajoittamatta jasenvaltioille yhteison tullikoodeksissa ja sen nojalla
annettuja valtuuksia jésenvaltio voi my0s enintddn 4 kohdassa tarkoite-
tuksi ajaksi keskeyttdd tuotteiden viennin alueeltaan tai tarvittaessa
muutoin estdd liitteeseen I kuuluvien kaksikdyttdtuotteiden, joilla on
voimassa oleva vientilupa, viennin yhteisostd alueensa kautta, jos silld on
syytd epdilld, ettd

a) vientilupaa myOnnettiessi ei ole otettu huomioon asiaan vaikuttavia
tietoja; tai

b) olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet luvan myontdmisen jélkeen.

4. Edelld 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on v11pymatta neuvo-
teltava vientiluvan myontdneen jésenvaltion toimivaltaisten viranomais-
ten kanssa, jotta niméa voivat toimia 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jos
ndmi viranomaiset paattavat pitdd luvan voimassa, niiden on annettava
vastaus kymmenen tydpdivdan kuluessa, mitd méddrdaikaa voidaan
erityisissd olosuhteissa niiden pyynnostd pidentdd kolmeksikymmeneksi
tyopdivaksi. Téllaisessa tapauksessa, tai jos vastausta ei ole saatu
kymmenen tai kolmenkymmenen pdivdn kuluessa, kaksikaytttuotteet on
valittdmasti luovutettava vietdviksi. Luvan myontdneen jdsenvaltion on
ilmoitettava asiasta muille jasenvaltioille ja komissiolle.

13 artikla

1. Jasenvaltiot voivat sdatdd, ettd kaksikdyttotuotteiden vientid varten
tarvittavat tullimuodollisuudet voidaan suorittaa vain tdhén tarkoitukseen
madrdtyissé tullitoimipaikoissa.

2. Jésenvaltioiden, jotka kidyttdvit 1 kohdan mukaista mahdollisuutta,
on ilmoitettava komissiolle asianmukaisesti médrétyt tullitoimipaikat.
Komissio julkaisee ndmai tiedot Furoopan yhteisdjen virallisen lehden
C-sarjassa.

14 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 463-470 ja 843 artiklan sd&nnoksid
sovelletaan sellaisten kaksikdyttotuotteiden vientid, jdlleenvientid ja
tullialueelta poistamista koskeviin rajoituksiin, joiden vienti on tdmin
asetuksen nojalla luvanvaraista.

VI LUKU

Hallinnollinen yhteistyo

15 artikla

1. Jéasenvaltioiden on yhteistydssd komission kanssa toteutettava kaikki
aiheelliset toimenpiteet luodakseen suorat yhteistyo- ja tietojenvaihto-
yhteydet toimivaltaisten viranomaisten vilille erityisesti sen vaaran
poistamiseksi, ettd mahdolliset erot kaksikdyttStuotteiden viennin
valvonnan soveltamisessa voivat johtaa kaupan véiristymiseen, mika
puolestaan voisi aiheuttaa vaikeuksia yhdelle tai useammalle jisenval-
tiolle.

2. Jdsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet
luodakseen toimivaltaisten viranomaisten vilille arkaluonteisia loppu-
kayttdjia koskevat suorat yhteistyo- ja tietojenvaihtoyhteydet, jotta timén
asetuksen soveltamisalaan kuuluville viejille voidaan antaa yhteniisid
ohjeita.

3. Jdsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskindisestd avunannosta
sekd jdsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistydsté
tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsddddnnén moitteettoman sovel-
tamisen varmistamiseksi annettua neuvoston asetusta (EY) N:o
515/97 (') ja erityisesti sen sddnnoksid tietojen luottamuksellisuudesta
sovelletaan soveltuvin osin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tdmin
asetuksen 18 artiklan soveltamista.

(1) EYVL L 82,223.1997, s. 1.
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VII LUKU

Valvontatoimenpiteet

16 artikla

1. Viejien on pidettdvd yksityiskohtaisia rekistereitd tai luetteloita
viennistdén kussakin jésenvaltiossa voimassa olevan kdytdnnoén mukai-
sesti. Niihin rekistereihin tai luetteloihin on sisdllyttdvd erityisesti
kaupalliset asiakirjat, kuten kauppalaskut, tavaraluettelot sekéd kuljetus-
asiakirjat ja muut toimitusasiakirjat, jotka siséltdvit riittdvat tiedot
seuraavien seikkojen toteamiseksi:

a) kaksikéyttotuotteiden kuvaus;
b) kaksikdyttStuotteiden miard;
¢) viejin ja vastaanottajan nimi ja osoite;

d) kaksikéytt6tuotteiden lopullinen kdyttd ja loppukéyttdjd, jos ndma
ovat tiedossa.

2. Edelld 1 kohdassa tarkoitetut rekisterit tai luettelot ja asiakirjat on
sdilytettdvd véhintddn kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden paitty-
misestd, jona vienti tapahtui. Ne on pyynndstd esitettivd viejdn
sijoittautumisjésenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

17 artikla

Tamén asetuksen oikean soveltamisen varmistamiseksi kunkin jésenval-
tion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta sen toimivaltai-
set viranomaiset voivat

a) koota tietoja kaikista kaksikdyttotuotteita sisdltdvistd tilauksista ja
toimituksista;

b) todeta, ettd viennin valvontatoimenpiteitd sovelletaan asianmukai-
sesti, mikd voi erityisesti edellyttdd valtuuksia paidstd sellaisten
henkil6iden tiloihin, joita vientitoimitus koskee.

VIII LUKU

Yleiset sdinnokset ja loppusainnokset

18 artikla

1. Perustetaan koordinointiryhmi, jonka puheenjohtajana on komission
edustaja. Kunkin jdsenvaltion on nimettdvd edustaja tdhidn koordinoin-
tiryhméén.

Koordinointiryvhma tutkii kaikki timén asetuksen soveltamista koskevat
asiat, jotka sen puheenjohtaja tai jdsenvaltion edustaja saattaa sen
késiteltdviksi, muun muassa

a) toimenpiteet, jotka jdsenvaltioiden on toteutettava ilmoittaakseen
viejille ndiden tdimén asetuksen mukaisista velvoitteista; ja

b) vientilupalomakkeita koskevat ohjeet.

2. Koordinointiryhmd voi tarpeelliseksi katsoessaan kuulla tdméin
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejid edustavia jarjestdja.

19 artikla

Kunkin jisenvaltion on toteutettava aiheelliset toimenpiteet varmis-
taakseen, ettd timdn asetuksen kaikkia sddnnoksid noudatetaan asian-
mukaisesti. Sen on erityisesti sdddettdvd seuraamuksista, joita sovelle-
taan tdmdn asetuksen sddnnosten tai sen tdytdntoonpanosddnndsten
rikkomiseen. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja
vakuuttavia.
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20 artikla

Kunkin jdsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi tdméin asetuksen
soveltamiseksi annetut lait, asetukset ja hallinnolliset mééirdykset
mukaan lukien 19 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet. Komissio toimittaa
nidmd tiedot muille jdsenvaltioille. Joka kolmas vuosi komissio antaa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen timin asetuksen
soveltamisesta. Jdsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki sen
tdman kertomuksen laatimista varten tarvitsemat tiedot.

21 artikla

1. Liitteeseen IV kuuluvien kaksikdyttotuotteiden yhteisotoimitukset
ovat luvanvaraisia. Yleislupa ei voi siséltia liitteessd I'V olevassa 2 osassa
lueteltuja tuotteita.

2. a) Jdsenvaltio voi mdéritd luvanvaraiseksi muiden kaksikayttotu-
otteiden toimitukset alueeltaan toiseen jdsenvaltioon, jos toimi-
tuksen ajankohtana:

— toimija tietdd, ettd asianomaisten tuotteiden lopullinen
maérdpaikka on yhteison ulkopuolella,

— asianomaisten tuotteiden vienti tdhén lopulliseen méaréapaik-
kaan edellyttdd 3, 4 tai 5 artiklan mukaista lupaa siind
jdsenvaltiossa, josta tuotteet on méérd toimittaa, eikd vienti
suoraan sen alueelta ole sallittua yleis- tai koontiluvan
nojalla,

— tuotteille ei suoriteta yhteison tullikoodeksin 24 artiklassa
tarkoitettua valmistusta tai késittelyd siind jdsenvaltiossa,
jonne ne on madrd toimittaa.

b) Lupaa yhteisdtoimitukseen on haettava siini jasenvaltiossa, josta
kaksikayttotuotteet on méaird toimittaa.

c) Jos jésenvaltio, josta tuotteet on maard siirtdd, on jo hyviksynyt
kaksikayttotuotteiden edelleen viennin 7 artiklassa tarkoitetussa
neuvottelumenettelyssd, lupa siirtoon on myonnettiva toimijalle
valittdmasti, jolleivdt olosuhteet ole olennaisesti muuttuneet.

d) Jéasenvaltion, joka antaa tdllaisen vaatimuksen sisdltdvad lain-
sdddantdd, on ilmoitettava komissiolle ja muille jdsenvaltioille
toteuttamistaan toimenpiteistd. Komissio julkaisee ndmi tiedot
Euroopan yhteisojen virallisen lehden C-sarjassa.

3. Tadmédn artiklan 1 ja 2 kohtien mukaiset toimenpiteet eivdt saa
kasittdd yhteison sisérajoilla tapahtuvia tarkastuksia vaan yksinomaan
tarkastuksia, jotka kuuluvat osana tavanomaisiin, kaikkialla yhteison
alueella syrjiméttomasti noudatettaviin valvontamenettelyihin.

4. Té&mén artiklan 1 ja 2 kohtien mukaisten toimenpiteiden soveltami-
nen ei saa missddn tapauksessa johtaa siihen, ettd tuotteen siirtimiselle
jdsenvaltiosta toiseen asetetaan tiukempia edellytyksid kuin saman
tuotteen viennille kolmanteen valtioon.

5. Liitteeseen I kuuluvien kaksikdyttotuotteiden yhteison sisdisid
siirtoja koskevat asiakirjat ja luettelot on sdilytettdva vahintddn kolmen
vuoden ajan sen kalenterivuoden pédttymisestd, jona tuotteet on siirretty,
ja ne on pyydettdessd esitettdvd sen jdsenvaltion toimivaltaisille viran-
omaisille, josta tuotteet on siirretty.

6. Jédsenvaltio voi kansallisella lainsdddidnnolla vaatia, ettd kyseisestd
jésenvaltiosta tapahtuvien yhteisétoimitusten osalta on sen toimivaltai-
selle viranomaiselle annettava lisdtietoja liitteessd I olevan 2 osan
ryhmissd 5 luetelluista tuotteista, jotka eivét kuulu liitteeseen IV.

7. Liitteeseen I kuuluvien kaksikéyttotuotteiden yhteisdtoimituksiin
liittyvissd asiaankuuluvissa kaupallisissa asiakirjoissa on ilmoitettava
selkedsti, ettd kyseisten tuotteiden vienti yhteisostd on valvonnan alaista.
Asiaankuuluvia kaupallisia asiakirjoja ovat erityisesti kauppasopimus,
tilausvahvistus, kauppalasku tai 1dhetysluettelo.
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22 artikla

Tama asetus ei vaikuta

— FEuroopan yhteisén perustamissopimuksen 296 artiklan soveltami-
seen,

— FEuroopan atomienergiayhteison perustamissopimuksen soveltami-
seen.

23 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 3381/94.

Ennen tdmin asetuksen voimaantulopdivdd tehtyihin vientilupahake-
muksiin sovelletaan kuitenkin edelleen asetuksen (EY) N:o 3381/94
asiaa koskevia sdannoksid.

24 artikla

Tdmi asetus tulee voimaan yhdeksinkymmenen pdivdn kuluttua siitd,
kun se julkaistaan Euroopan yhteisdjen virallisessa lehdessd.

Tami asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitd sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jasenvaltioissa.
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LIITE I

LUETTELO KAKSIKAYTTOTUOTTEISTA JA -TEKNOLOGIASTA

(3 artiklassa tarkoitettu)

Till4 luettelolla pannaan tdytdntd6n kansainvélisesti sovitut kaksikéyttStuotteiden valvonnat, mukaan lukien
Wassenaarin jérjestely, ohjusteknologian valvontajérjestely (MTCR), ydinalan viejimaiden ryhmé (NSG),
Australia-ryhmd ja kemiallisten aseiden kieltosopimus. Huomiotta on jétetty kohdat, jotka jésenvaltiot haluavat
asettaa ulkopuolelle jétettdvien listalle. Huomiotta on jétetty kansalliset valvonnat (jérjestelyihin
perustumattomat valvonnat), joita jasenvaltiot saattavat harjoittaa.
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YLEISET HUOMAUTUKSET LIITTEESEEN I

1. Sotilaskdyttoon suunniteltujen tai muunnettujen tuotteiden valvonnan osalta katso asiaankuuluvaa
yksittdisen jasenmaan yllépitdméi valvontalistaa (-listoja) sotatarvikkeista. Téss4 liitteessd viittaukset,
jotka toteavat "KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELQ", viittaavat samoihin listoihin.

2. Téhan liitteeseen siséltyvin valvonnan tarkoitusta ei pidd kumota sellaisten ei-valvonnanalaisten
tuotteiden (tuotantolaitos mukaan lukien) viennill, jotka sisiltdvit yhden tai useampia valvonnanalaisia
komponentteja, kun tuo valvonnanalainen komponentti tai ne komponentit ovat tuotteiden olennaisia
osia ja voidaan jérkevisti irrottaa tai kiytta toisiin tarkoituksiin.

Huom: Arvioitaessa siti onko valvonnanalaista komponenttia tai komponentteja pidettdvdi
olennaisina osina, on vilttimétontd punnita mddrén, arvon ja siséltyvin teknologisen
tieto-taidon tekijoitd sekd muita erityisolosubteita, jotka voisivat osoittaa
valvonnanalaisen komponentin tai komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden
olennaisia osia.

»3, Téssi liitteessd madriteltyihin tuotteisiin kuuluvat seki uudet ettd kiytetyt tuotteet. «

YDINTEKNOLOGIAHUOMAUTUS (Ydth)
(Sovelletaan 0 ryhmin E osan yhteydessi.)

0 ryhmadn kaikkiin tuotteisiin suoraan liittyvin "teknologian” siirto on saman tasoisen tarkkailun ja valvonnan
alainen kuin tuotteetkin.

"Teknologia" valvonnanalaisten tuotteiden "kehittimistd", "tuotantoa” ja "kdytto4" varten on valvonnanalaista
myds silloin, kun se on sovellettavissa ei-valvonnanalaisiin tuotteisiin.

Tuotteiden hyviksyminen vientiin oikeuttaa my3s tuotteiden kdyttdonottoa, toimintaa, ylldpitoa ja korjausta
varten tarvittavan vihimmadis"teknologian" viennin samalle loppukayttijille.

"Teknologian" siirron valvonta ei koske "julkista" tietoa tai "tieteellistd perustutkimusta”.

>(l)g
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YLEINEN TEKNOLOGIAHUOMAUTUS (Ylth)
(Sovelletaan 1-9 ryhmien E osan yhteydessi.)

1-9 ryhmissi valvonnanalaisten tuotteiden "kehitystd", "tuotantoa" tai "kéytt6d" varten "tarvittavan"
"teknologian" vienti on valvonnanalaista 1-9 ryhmien siéinngsten mukaisesti.

Valvonnanalaisten tuotteiden "kehitystd", "tuotantoa" tai "kiytto4" varten "tarvittava" "teknologia" on
valvonnanalaista my®s silloin, kun se on sovellettavissa ei-valvonnanalaisiin tuotteisiin.

Valvonta ei koske sitd vihimmdis"teknologiaa", joka on vilttimaton kdyttodnottoa, toimintaa, ylldpitoa
(tarkastusta) ja korjausta varten tuotteille, jotka eivit ole valvonnanalaisia tai joiden vienti on saatettu
luvalliseksi.

Huom: Tdmd ei vapauta 1E002.e, 1E002.f 8E002.a ja 8E002.b kohdassa mddriteltyd vastaavaa
"teknologiaa".

"Teknologian" siirron valvonta ei koske "julkista" tietoa, "tieteellistd perustutkimusta" tai valttimétonta
vihimméistietoa patenttihakemuksiin.

YLEINEN OHJELMISTOHUOMAUTUS (Yloh)
(T&m3 huomautus kumoaa kaiken 0-9 ryhmien D osan asettaman valvonnanalaisuuden.)

Tamin listan 0-9 ryhmit eivit aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja", jotka:

a. Ovat yleisesti yleison saatavissa:
1. Myydéin vihittdismyyntipisteissé varastosta ja rajoituksetta:
a. Kisikaupassa;
b. Postimyynnissi; tai
C. Puhelinmyynnissi; ja
2. On suunniteltu kiyttsjan kdyttoonotettaviksi ilman merkittdvaa toimittajan tukea; tai

Huom: Yleisen ohjelmistohuomautuksen a kohta ei vapauta 5 ryhmdn 2 osassa
("Tiedonsuojaus") mddriteltyd "ohjelmistoa”.

b. Ovat "julkisia".
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TASSA LOTTEESSA KAYTETTYJEN TERMIEN MAARITELMAT
Viittaukset ryhmiin ovat suluissa termin méérittelyn jilkeen.

"Adaptiivinen s##t5" (Adaptive control) (2) tarkoittaa s#ztéjarjestelmid, joka mukauttaa vastetta toiminnan
aikana havaittujen olosuhteiden mukaan (viite ISO 2806-1980).

"Aiemmin erotettu" (Previously separated) (0 1) tarkoittaa mink tahansa sellaisen prosessin kiytté4, jolla
halutaan lisét4 kontrolloidun isotoopin konsentraatiota.

"Aikavakio" (Time constant) (6) on aika, joka kuluu valo#rsytyksen antamisesta sithen kun virran lisays
saavuttaa arvon, joka on 1 - 1/e kertaa lopullinen arvo (so. 63 % lopullisesta arvosta).

"Aktiivinen pikseli" (Active pixel) (6 8) on solid-state-matriisin pienin (yksittdinen) elementti, jolla on
valosihkoinen siirtofunktio, kun se altistetaan valolle (sihkdmagneettiselle séteilylle).

"Aktiiviset lennonohjausjérjestelmit" (Active flight control systems) (7) ovat jérjestelmis, jotka toimivat
"ilma-aluksen" tai ohjuksen ei-toivottujen liikkeiden tai rakenteellisten kuormitusten estimiseksi kisittelemalla
itsendisesti useilta antureilta tulevia tietoja ja antamalla tarvittavia automaattiohjaukseen vaikuttavia ennalta
ehkiisevid komentoja.

"Asettumisaika" (Settling time) (3) tarkoittaa aikaa, joka tarvitaan jotta ulostulo saavuttaa puolen bitin
tarkkuudella lopullisen arvon, kun muunnin vaihtaa tilaa minki tahansa kahden arvon vililla.

"Asiantuntijajirjestelmét” (Expert systems) (4 7) tarkoittaa jirjestelmid, jotka tuottavat tuloksia soveltamalla
kisittelysaantdja tietoihin, jotka on tallennettu "ohjelmasta” riippumattomasti, ja jotka kykenevit johonkin
seuraavista:

a. Muokkaamaan automaattisesti kéyttdjén antamaa "lihdekoodia";

b.  Tuottamaan johonkin ongelma-alueeseen liittyvi tietoa luonnollista muistuttavalla kielelld; tai

¢.  Kerddmain tietoa itsensd kehittdmiseksi (symbolinen harjaannuttaminen).

"Asynkroninen siirtomuoto” ("ATM") (Asynchronous transfer mode) (5) tarkoittaa tiedonsiirtomuotoa, jossa
tieto on jarjestetty soluiksi; siirto on asynkronista siind mielessd, ettd ndiden solujen siirtotaajuus riippuu
vaadittavasta tai hetkellisesté bittinopeudesta.

"ATM" vastaa "Asynkronista siirtomuotoa".

"Automaattinen maalin seuranta" (Automatic target tracking) (6) tarkoittaa tietojenksittelytekniikkaa, joka
automaattisesti madrittdd ja tulostaa tosiaikaisesti maalin todennik6isimmin sijainnin extrapoloidun arvon.

"Avaruusalus" (Spacecraft) (7 9) tarkoittaa aktiivisia ja passiivisia satelliitteja seké avaruusluotaimia.
"Avaruuskelpoinen" (Space qualified) (3 6) viittaa tuotteisiin, jotka on suunniteltu, valmistettu ja testattu
kestamaan avaruuden erityisid sdhkoisid, mekaanisia tai ympéristovaatimuksia, jotta niitd voidaan laukaista ja

kayttad satelliiteissa tai 100 km tai sitd korkeammalla toimivissa lentojirjestelmissa.

"Bias" (kiihtyvyysmittari) (7) tarkoittaa ulostulon arvoa kiihtyvyysmittarissa, kun sithen ei kohdistu mitdn
kiihtyvyytts.
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"CE" vastaa "laskentaelementtid".

"CEP" (yhtildisen todennikdisyyden ympyra) (circle of equal probability) (7) on tarkkuuden mitta; tietylld
etdisyydelld sen ympyrén side, jonka keskipisteessi on maali ja johon 50 % hydtykuormasta iskeytyy.

"CTP" vastaa "yhdistettyi teoreettista tehokkuutta”.

"Diffuusioliittiminen” (Diffusion bonding) (1 2 9) tarkoittaa vahintiin kahden eri metallin molekyylitasoista
jahmeliittdmisti yhdeksi kappaleeksi siten, etti liitoslujuus vastaa heikoimman materiaalin lujuutta.

"Digitaalinen kokonaissiirtonopeus" (Total digital transfer rate) (5) tarkoittaa toistensa kanssa yhteydessi olevien
digitaalisen siirtojérjestelmén laitteiden valilld kulkevien bittien lukumérs aikayksikossd, mukaan lukien linjan
koodaukseen tarvittavat sekd muut lisibitit.

Huom: Katso myds "digitaalinen siirtonopeus”.

"Digitaalinen siirtonopeus" (Digital transfer rate) (5) tarkoittaa mink# tahansa tyyppist siirtotietd kiyttien
suoraan siirretyn informaation kokonaisbittinopeutta.
Huom: Katso myds "digitaalinen kokonaissiirtonopeus”.

"Digitaalinen tietokone" (Digital computer) (4 5) tarkoittaa laitetta, joka voi suorittaa kaikkia seuraavia
toimintoja yhden tai useamman erillisen muuttujan muodossa:

a. Vastaanottaa tietoa;

b. Tallettaa tietoa tai kdskyjd kiinteille tai muutettaville (kirjoitus-) muistilaitteille;

¢. Kisitelld tietoa tallennetun kiiskyjonon avulla, joka on muokattavissa; ja

d. Tulostaa tietoa.

Huom: Tallennetun kiiskyjonon muokkaus siscliid pysyvaismuistiyksikoiden vaihdon, mutta ei

langoituksen tai kytkentdjen fyysistd muuttamista.

"Dynaamisesti adaptiivinen reititys" (Dynamic adaptive routing) (5) tarkoittaa automaattista liikenteen
uudelleenreititysti, joka perustuu verkon sen hetkisen todellisen tilanteen anturointiin ja analyysiin.
Huom: Téhdn eivit sisdlly reitityksen pddtdstilanteet, jotka tehddcdn ennalta annetun informaation
pohjalta.

"Dynaamiset signaalianalysaattorit" (Dynamic signal analyzers) (3) tarkoittaa "signaalianalysaattoreita", jotka
kayttavit digitaalista niytteenotto- ja muunnostekniikkaa muodostaakseen annetulle amplitudi- ja
vaiheinformaation siséltdville aaltomuodolle Fourierin spektrindyton.

Huom: Katso myds "signaalianalysaattorit”.

"Ekvivalenttitiheys" (Equivalent density) (6) tarkoittaa optiikan yksikkomassaa optiselle pinnalle projisoitua
optisen pinta-alan yksikkod kohti.

"Elektroninen kokoonpano” (Electronic assembly) (3 4 5) tarkoittaa elektronisten komponenttien
(so. 'piirielementtien’, 'erilliskomponenttien', integroitujen piirien jne.) joukkoa, joka on kytketty tietyn tehtédvin
(tai tietyt tehtiivit) suorittavaksi kokonaisuudeksi, joka voidaan yksikkén4 vaihtaa ja on tavallisesti purettavissa.

Huom. 1: "Piirielementti’ (Circuit element): Yksittiinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen
piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori, jne.
Huom. 2: ‘Erilliskomponentti’ (Discrete component): Erikseen koteloitu 'piirielementti’, jolla on

omat ulkoiset kytkentdipisteensd.
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"Elektronisesti ohjattavat vaiheistetut ryhméantennit" (Electronically steerable phased array antennas) (56)
tarkoittaa antennia, joka muodostaa keilan vaihekytkennsn avulla, so. keilan suuntausta ohjataan sateilevien
elementtien yhdistetyilld virityskertoimilla ja siteen suuntaa voidaan sihkdisin signaalein muutella pysty- tai
vaakasuunnassa, tai molemmissa suunnissa, niin lahetyksessé kuin vastaanotossakin.

"Epésymmetrinen algoritmi" (5) tarkoittaa salausalgoritmia, joka kéytti4 erilaisia matemaattisesti suunniteltuja
salaukseen ja salauksen purkuun tarkoitettuja avaimia.
Huom: "Epdisymmetrisen algoritmin" tavanomainen kdytté on avaimen hallinta.

"Eristetyt elédvit viljelmat" (Isolated live cultures) (1) tarkoittaa uinuvassa tilassa ja kuivatuissa preparaateissa
olevia elédvid viljelmii.

“Eristystd" (Insulation) (9) kéytetézn rakettimoottorien osissa, so. rungossa, suuttimessa, lpivienneisss ja rungon
viliseinissg, ja se kisittid eristivii tai tulenkestivid materiaaleja siséltivid vulkanoidun tai puoli-vulkanoidun
seoskumin levykerroksia. Siti voidaan kéytt4s my®s rasituksen vaimennustuppeina tai -liuskoina.

"Erityinen halkeamiskelpoinen aine" (Special fissile material) (0) tarkoittaa plutonium-239:44, uraani-233:a,
"isotoopeilla 235 tai 233 rikastettua uraania” ja mitd tahansa edellimainittuja sisiltivas ainetta.

"Esilanka" (Roving) (1) on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti 12—120) 'sdikeisti' muodostuva kimppu.
Huom: 'Sdie’ on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti useammasta kuin 200) "monofilamentista”
muodostuva kimppu.

"FADEC" vastaa "tdyden auktoriteetin digitaalista moottorin ohjausta".

"Fokusoiva tasojérjestelmd" (Focal plane array) (6) tarkoittaa fokusoivassa tasossa toimivista,
lukema-elektroniikalla varustetuista tai ilman sitd olevista yksittaisistd ilmaisinelementeisti koostuvaa lineaarista
tai kaksiulotteista tasopintaa tai tasopintojen yhdistelma.
Huom: Tdlla ei ole tarkoitus kattaa yksittdisten ilmaisinelementtien pinoa eikd kaksi-, kolme- tai
neljdelementtisid ilmaisimia, edellyticien ettd aikaviivdstystd ja integrointia ei suoriteta
elementeissd.

"Hajaspektri" (Spread spectrum) (5) tarkoittaa tekniikkaa, jolla suhteellisen kapeakaistaisen tietoliikennekanavan
energia levitetiin huomattavasti laajemman energiaspektrin yli.

"Hajaspektri"tutka (Spread spectrum radar) (6) - katso "Tutkan hajaspektri".

"HenkilSkohtainen &lykortti" (Personalized smart card) (5) tarkoittaa mikropiirin sisaltivis dlykorttia, joka on
ohjelmoitu erityista kaytto4 varten ja jota kdyttdjd ei voi ohjelmoida uudelleen mitisn muuta kiyttos varten.

"Hermoverkkotietokone" (Neural computer) (4) tarkoittaa tietokonelaitetta, joka on suunniteltu tai muunnettu
jéljittelemadn neuronin tai neuroniryhman kdyttéytymists, so. tietokonetta, jolle on ominaista se, ettd sen
laitteisto kykenee aiempaan tietoon perustuen muuttamaan suurta joukkoa laskennallisten komponenttien
vilisten kytkenttjen painotusta ja m#zras.

"Hetkellinen kaistanleveys" (Instantenous bandwidth) (3 7) tarkoittaa kaistanleveytts, jolla lihtdteho pysyy
3 dB:n tarkkuudella vakiona, ilman ettd muita toimintaparametreja sasdetsin.

"Huipputeho" (Peak power) (6) tarkoittaa pulssin energiaa jouleina jaettuna pulssin kestolla sekunteina.
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"Hybridipiiri" (Hybrid integrated circuit) (3) tarkoittaa integroitujen piirien yhdistelmas, joka késittas
integroidun piirin (tai piirejs) tai integroitua piirid ‘piirielementtien' tai 'erilliskomponenttien’ yhteydess4, jotka on
kytketty toisiinsa tietyn toiminnon (tai toimintojen) suorittamiseksi, ja jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Sisdltdd vihintdsin yhden koteloimattoman komponentin;

b. Kytkennit on suoritettu tyypillisid integroitujen piirien tuotantomenetelmid kiyttien;

¢.  On vaihdettavissa yhteni kokonaisuutena; ja

d. Eiyleensd ole purettavissa osiinsa.

Huom. 1: "Piirielementti’ (Circuit element): Yksittdinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen
piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori, jne.
Huom. 2: ‘Erilliskomponentti' (Discrete component): Erikseen koteloitu purzelementtz Jjolla on

omat ulkoiset kytkentépisteensd.

"Hybriditietokone" (Hybrid computer) (4) tarkoittaa laitetta, joka voi suorittaa kaikkea seuraavaa:
a. Vastaanottaa tietoa;
b. Kisitelld tietoa sekd analogisessa ettd digitaalisessa muodossa; ja
¢. Tulostaa tietoa.

"Iima-alus" (Aircraft) (1 7 9) tarkoittaa kiintedsiipists, kntyvisiipistd, pyorivisiipisti (helikopteri) tai
kallistuvalla roottorilla tai siivilld varustettua ilmakulkuneuvoa.
Huom: katso myés "siviililentokone".

"Tlmavirran avulla sisidelty vastamomenttijitjestelmi tai suunnanohjausjérjestelma" (Circulation controlled
anti-torque or circulation controlled direction control system) (7) ovat jérjestelmid, jotka kéyttavat ilma-aluksen
aerodynaamisten pintojen ohi virtaavaa ilmaa lisiiméén taj sd#tdméén ndiden pintojen synnyttdmid voimia.

"Immunotoksiini" (Immunotoxin) (1) on yhden soluspesifisen monoklonaalisen vasta-aineen ja "toksiinin" tai
"toksiinialayksikén" muodostama konjugaatti, joka vaikuttaa selektiivisesti sairaisiin soluihin.

"Integroitu kalvopiiri" (Film type integrated circuit) (3) tarkoittaa eristdville "substraatille" pinnoittamalla
muodostettujen ohut- tai paksukalvo'piirielementtien’ ja niiden vilisten kytkentdjen muodostamaa kokonaisuutta.
Huom: 'Piirielementti' on yksittdinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa,
kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori jne.

"Integroitu monipalapiiri" (Multichip integrated circuit) (3) tarkoittaa yhteiselle "substraatille” liitettyd kahta tai
useampaa "monoliittista integroitua piirid".

"Isostaattiset puristimet" (Isostatic presses) (2) tarkoittaa laitteita, jotka kykenevit eri viliaineiden avulla (kaasu,
neste, kiinteit partikkelit jne.) paineistamaan suljetun tilan, niin ettd suljetussa tilassa olevaan tyokappaleeseen
kohdistuu kaikissa suunnissa samansuuruinen paine.

"Isotoopilla 235 tai 233 rikastettu uraani" (Uranium enriched in the isotopes 235 or 233) (0) tarkoittaa uraania,
joka sisdltdd isotooppia 235 tai 233 tai molempia siind médrin, etté ndiden isotooppien ylimédrasumman suhde
isotooppiin 238 ndhden on enemmin kuin luonnossa esiintyvin isotoopin 235 suhde isotooppiin 238
(isotooppisuhde 0,72 %).

"Itseisjohtavuuteen perustuva magneettikentéin gradiometri" (Intrinsic Magnetic Gradiometer) (6) on yksittdinen
magneettikentin gradienttia ilmaiseva elemenm ja siihen liittyvi elektroniikka, jonka tuloste on magneettikentin
gradientin mitta.

Huom: Katso myds magneettikentdn gradiometri”,
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"Jauhaminen" (Comminution) (1) tarkoittaa prosessia, jossa materiaali hajotetaan hiukkasiksi murskaamalla tai
jauhamalla. '

"Julkinen" (In the public domain) (Ylth Ydth Yloh) tarkoittaa téssi yhteydessi "teknologiaa" ja "ohjelmistoja",
jotka ovat saatavilla ilman edelleenlevitysti koskevia rajoituksia (kustannusoikeudelliset rajoitukset eivit esti
"teknologiaa" tai "ohjelmistoa" olemasta "julkisia").

"Kaasuatomisointi" (Gas atomization) (1) tarkoittaa prosessia, jossa korkeapaineisella kaasuvirtauksella sula
metalliseosvirta hajotetaan pisaroiksi, joiden halkaisija on 500 mikrometrii tai vihemman.

"Kaikki kompensaatiot kiytettévissd" (All compensations available) (2) tarkoittaa, ettd otetaan huomioon kaikki
valmistajan kiytettévissi olevat soveltuvat toimenpiteet yksittiisen tydstskonemallin kaikkien jérjestelmillisten
paikannusvirheiden minimoimiseksi.

"Kehitys" (Development) (Ylth Ydth Kaikki) liittyy kaikkiin sarjatuotantoa edeltiviin vaiheisiin kuten:
suunnitteluun, suunnittelun tutkimukseen, suunnittelun analysointiin, suunnittelukésitteisiin, prototyyppien
kokoonpanoon ja testaukseen, pilottituotantohankkeisiin, suunnittelutietoihin, suunnittelutietojen muuntamiseen
tuotteeksi, konfigurointisuunnitteluun, integrointisuunnitteluun ja piirustuksiin.

"Kemiallinen laser" (Chemical laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa virittymisen aiheuttaa kemiallisen reaktion
antama energia.

"Keskusmuisti" (Main storage) (4) tarkoittaa tietoa tai kaiskyjd varten tarkoitettua ensisijaista muistia, johon
keskusyksikolld on nopea pasy. Se koostuu "digitaalisen tietokoneen" sisdisesti muistista ja sen hierarkkisista
laajennuksista, kuten vélimuistista tai ei-perikkaissaantisesta laajennusmuistista.

"Kieppikara" (Tilting spindle) (2) tarkoittaa tyskalunksittelykaraa, joka koneistusprosessin aikana muuttaa
keskilinjansa kulma-asentoa mihin tahansa muuhun akseliin nihden.

"Kiertymiskulman poikkeama" (Angular position deviation) (2) tarkoittaa kiertymiskulman ja todellisen, erittdin
tarkasti mitatun kiertymiskulman vilista maksimieroa, kun p&ydan tykappaleen alustaa on kiznnetty
alkuperdisestd asennostaan (viite: VDI/VDE 2617, luonnos: "Rotary tables on coordinate measuring machines").

"Kiinted" (Fixed) (5) tarkoittaa, ettei koodaus- tai pakkausalgoritmi voi ottaa vastaan ulkopuolelta systettyja
parametrejd (esim. salaus- tai avainmuuttujia) eikd kiyttija voi sitid muuttaa.

"Kohdekoodi" (Object code) (9) tarkoittaa yhden tai useamman prosessin tarkoituksenmukaisen esitystavan
("lahdekoodi" (lahdekieli)) laitteessa toteutettavaa muotoa, joka on muunnettu ohjelmointijirjestelmalli.

"Kohinataso" (Noise level) (6) tarkoittaa sihkéistd signaalia, joka ilmoitetaan tehon spektritiheytend.
"Kohinatason", joka maériteltyn huipusta-huippuun on SZ},p = 8Ny(f>-f;), jossa S;;, on signaalin arvo
huipusta-huippuun (esim. nanotesloina), Ny on tehon spektritiheys (esim. (nanotesla)/Hz) ja (f,-f;) marittelee
tarkasteltavan kaistanleveyden.

"Kokonaisvirtatiheys" (Overall current density) (3) tarkoittaa kelan ampeerikierrosten kokonaismzras

(ts. kierrosten lukuméaré kerrottuna kunkin kierroksen kuljettaman maksimivirran arvolla) jaettuna kelan
kokonaispoikkipinnalla (siséltien suprajohtavat siikeet, metallimatriisin, johon siikeet on upotettu, suojaavan
materiaalin, kaikki jazhdyttivit elementit jne.).
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"Kolmiulotteinen vektorinopeus" (4) (Three dimensional vector rate) tarkoittaa sekunnissa tuotettavien
leikkaustestattujen ja satunnaisesti orientoituvien vektorien lukumésris, joilla on 10 pikselin moniviivavektorit
ja kokonaisluku- tai liukuvan pilkun X-Y-Z koordinaattiarvot (ne, jotka antavat maksiminopeuden).

"Komposiitti" (Composite) (1 2 6 8 9) tarkoittaa "matriisia" ja siihen tietty4 tarkoitusta tai tarkoituksia varten
lisittyd faasia tai faaseja, jotka koostuvat hiukkasista, whiskerseists, kuiduista tai mist4 tahansa niiden
yhdistelmésti.

"Kriittinen lampétila" (Critical temperature) (1 3 6) (kutsutaan my®s joskus transitiolimpdtilaksi) tarkoittaa
tietyn "suprajohtavan” materiaalin sitd limpotilaa, jossa materiaali menettd tiysin tasavirtavastusarvonsa.

"Kuitu- tai séiemateriaalit" (Fibrous or filamentary materials) (0 1 8) sisaltavas;
Jatkuvat monofilamentit;

Jatkuvat langat ja rovingit (esilangat);

Teipit, kudokset, matot ja punokset;

Katkeet, tapulikuidut ja yhtengiset kuituhuovat;

Erilliskuitukiteet (whiskersit), yksi- tai monikiteisin4 ja kaiken pituisina;
Aromaattisen polyamidimassan.

ho oo o

"Kuumaisostaattinen puristus" (Hot isostatic densification) (2) tarkoittaa prosessia, jossa valosta paineistetaan yli
375K (102 C) asteen limpbtilassa suljetussa tilassa eri véliaineiden avulla (kaasu, neste, kiintet partikkelit jne.),
jotta aikaansaadaan kaikissa suunnissa samansuuruinen voima valoksen sisiisten onteloiden vihentimiseksi tai
estdmiseksi.

"Kuvan parantaminen" (Image enhancement) (4) tarkoittaa ulkopuolelta saatujen informaatiota sisiltivien
kuvien kisittely4 algoritmeilla kuten aikakompressio, suodatus, poiminto, valinta, korrelaatio, konvoluutio tai
muunnokset eri tasoihin (kuten nopea Fourier-muunnos tai Walsh-muunnos). T4mé ei sisilld algoritmeja, jotka
kdyttavit vain yksittdisen kuvan lineaarisia tai toisen asteen muunnoksia kuten kiantiminen, kuvionerotus,
kohdistaminen tai v#ravaritys.

"Kayttdjin ohjelmointimahdollisuus" (User-accessible programmability) (4 5 6) tarkoittaa ominaisuutta, joka
sallii kdyttdjan sisillyttas, muuntaa tai vaihtaa "ohjelmia" muulla tavoin kuin:

a. Langoitusta tai kytkentdjs muuttamalla; tai

b. Toimintondppaimisti asettelemalla, parametrien syottd mukaan lukien.

"Kayttd" (Use) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa kéytto4, asennusta (paikalla suoritettava asennus mukaan lukien),
yllépitoa (tarkastusta), korjausta, huoltoa ja kunnostusta.

"K&yhdytetty uraani” (Depleted uranium) (0) tarkoittaa uraania, joka on koyhdytetty alle luonnossa esiintyvin
isotooppi 235:n tason.

"Lanka” (Yarn) (1) on kerratuista 'sikeists’ muodostuva kimppu.
Huom: 'Sdie' on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti useammasta kuin 200) "monofilamentista”
muodostuva kimppu.

"Laser" (023 56 7 8 9) on komponenttien muodostama kokonaisuus, joka tuottaa seké avaruudellisesti ettd
ajallisesti koherenttia valoa, jota vahvistetaan stimuloidulla siteilyemissiolla.
Huom: Katsomyds:  "Kemiallinen laser":
"O-kytkin-laser";
"Suurteholaser";
"Siirtolaser”.
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"Laskentaelementti” ("CE") (Computing element) (4) tarkoittaa pieninti laskentayksikk&d, joka tuottaa
aritmeettisia tai loogisia tuloksia.

"Lennon kokonaisohjaus" (Total control of flight) (7) tarkoittaa "ilma-aluksen™ tilamuuttujien ja lentoradan
automaattista ohjausta vastaamalla lentotehtdvén tavoitteiden tiyttdmiseksi tosiaikaisiin muutoksiin tavoitteiden,
uhkien tai muiden "ilma-alusten" tiedoissa.

"Lennonohjauksen optinen anturijérjestelma" (Flight control optical sensor array) (7) on hajautettujen optisten
anturien verkko, joka "laser"séteité kdyttien tuottaa tosiaikaista lennonohjaustietoa ilma-aluksessa tapahtuvaa
prosessointia varten.

"Lentoradan optimointi" (Flight path optimization) (7) on proseduuri, jolla neljssi ulottuvuudessa (avaruus ja
aika) minimoidaan poikkeamia lentotehtéivien suorittamiseen tai tehokkuuteen perustuvasta halutusta
lentoradasta.

"Lineaarisuus" (Linearity) (2) (mitataan normaalisti epilineaarisuutena) tarkoittaa varsinaisen ominaisuuden
(keskimézrdisen lukeman) positiivista tai negatiivista maksimipoikkeamaa suorasta, joka on asetettu siten, ettd se
tasoittaa tai minimoi maksimipoikkeamat.

"Luonnonuraani” (Natural uranium) (0) tarkoittaa uraania, joka sisélt# luonnossa tavattavia
isotooppiseosméirii.

"Léhdekoodi" (tai lahdekieli) (Source code or source language) (4 5 6 7 9) on sopiva yhden tai useamman
prosessin esitystapa, joka voidaan ohjelmointijérjestelméssd muuntaa laitteessa toteutettavaan muotoon
("kohdekoodiksi" tai kohdekielelle).

“Léimayssammutus” (Splat Quenching) (1) tarkoittaa prosessia, jossa ‘nopeasti kiinteytetzizin' jazhdytetyn telan
péille sulaa metallivirtaa, joka muodostaa hiutalemaisen tuotteen.
Huom: 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1 000 K/s ylittavillé jachdytysnopeuksilla,

"Maantieteellisesti hajallaan" (Geographically dispersed) (6) tarkoittaa, etti jokainen sijainti on miss4 tahansa
suunnassa yli 1 500 m:n pééssi kaikista muista. Liikkuvia antureita pidetsiin aina "maantieteellisesti hajallaan”
olevina.

"Magneettikentéin gradiometrit" (Magnetic gradiometers) (6) ovat laitteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan

instrumentin ulkopuolisten lahteiden magneettikenttien avaruudellista vaihtelua. Ne koostuvat useista

"magnetometreistd" ja niihin liittyvisti elektroniikasta, joiden tuloste on magneettikentin gradientin mitta.
Huom: Katso myds "itseisjohtavuuteen perustuva magneettikentin gradiometri.

"Magnetometrit" (Magnetometers) (6) ovat laitteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan instrumentin
ulkopuolisten léhteiden magneettikenttid. Ne koostuvat yhdesti magneettikenttis havaitsevasta elementista ja
sithen liittyvsti elektroniikasta, joiden tuloste on magneettikentin mitta.

"Matriisi" (Matrix) (1 2 8 9) tarkoittaa huomattavan jatkuvaa aineen faasia, joka téyttas hiukkasten, whiskersien
tai kuitujen vélisen tilan.

"Mekaaninen seostaminen" (Mechanical alloying) (1) tarkoittaa seostamisprosessia, jossa alkuaineiden ja
perusmetalliseosten jauheet sidostuvat, hajoavat ja sidostuvat uudelleen mekaanisen tSrmayksen voimasta.
Ei-metallisia hiukkasia voidaan sisillyttas seokseen tarvittavia jauheita lisaamalls.

"Mikro-organismit" (Microorganisms) (1 2) tarkoittaa bakteereita, viruksia, mykoplasmoja, riketsioita,
klamydioita tai sienid, sekd luonnontilaisia, kehitettyj etti muunneltuja, joko "eristettyini eldvind viljelmina" tai
materiaalina, joka siséltid elévaa materiaalia, johon on tarkoituksella istutettu niiti viljelmi tai joka on
saastutettu niill.



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 22

"Mikroprosessoripiiri" (Microprocessor microcircuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piiria” tai
"monipalapiiri4", joka sisaltd4 ulkoisen muistin yleisluontoisia késkyja suorittamaan kykenevin

aritmetiikkayksikon (ALU).

Huom: 1. "Mikroprosessoripiiri” ei yleensd sisdlld sisdistd muistia, johon kiyttdjalld olisi pddsy,
vaikka se saattaa kdyttdd samalla lastulla olevaa muistia suorittaessaan loogista
toimintaansa.

2 Téimd mddritelmd sisdltdd lastuyhdistelmdt, jotka on suunniteltu yhdessd toimien

huolehtimaan "mikroprosessoripiiri"-toiminnasta.

"Mikrotietokonepiiri" (Microcomputer microcircuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piiria" tai
"monipalapiirid", joka sisaltas sisdisessd muistissa olevia tietoja koskevia sisdisen muistin yleisluontoisten
kiskyjen sarjoja suorittamaan kykenevin aritmetiikkayksikon (ALU).

Huom: Sisdistd muistia voidaan lagjentaa ulkoisen muistin avulla.

"Mittakerroin" (Scale factor) (gyroskoopissa tai kiihtyvyysmittarissa) (7) tarkoittaa ulostulon muutoksen
suhdetta mitattavaksi aiotun sy6tteen muutokseen nihden. Mittakerroin ilmaistaan yleisesti sen suoran
kaltevuutena, joka voidaan piirtdd pienimmén nelidsumman menetelmalld sytte- ja tulostearvojen kautta, jotka
on saatu vaihtelemalla sydtteen arvoa jaksottaisesti syotearvojen alueen yli.

"Mittauksen epivarmuus” (Measurement uncertainty) (2) on ominaisparametri, joka 95 %:n luotettavuustasolla
médrittelee, millé alueella saadun tuloksen molemmin puolin mitattavan suureen oikea arvo sijaitsee. Se sisdltia
korjaamattomat systemaattiset poikkeamat, korjaamattoman viljyyden ja satunnaiset poikkeamat (viite ISO
10360-2, tai VDI/VDE 2617).

"Monispektriset kuvannusanturit” (Multispectral imaging sensors) (6) ovat kykenevid hankkimaan kuvatietoa
samanaikaisesti tai perikkiin kahdesta tai useammasta erillisesti spektrikaistasta. Antureita, joilla on enemmaén
kuin kaksikymmenti spektrikaistaa, kutsutaan toisinaan hyperspektrisiksi kuvannusantureiksi.

"Monitasoinen tiedon suojaus" (Multilevel security) (5) tarkoittaa arkuudeltaan erilaista tietoa sisaltévid
jarjestelmityyppid, jota samanaikaisesti voivat kéyttd useat erilaiset turvallisuustasot ja tiedontarpeet omaavat
kayttjit, mutta joka estdd kayttdjiltd padsyn tietoihin, joihin heilli ei ole oikeutta.
Huom: "Monitasoinen tiedon suojaus” koskee tietokoneturvallisuutta eikd tietokoneen luotettavuutta,
Joka kdsittelee laitehdirididen estdmistd tai inhimillisten erehdysten estdmistd yleensd.

"Monitietovirtakasittely" (Multi-data-stream processing) (4) tarkoittaa 'mikro-ohjelmien’ tai laitearkkitehtuurin
tekniikkaa, joka mahdollistaa kahden tai useamman tietojonon samanaikaisen kisittelyn yhden tai useamman
kiskyjonon ohjaamana kiyttden sellaisia keinoja kuten:
a. Yksi késky - monta tietoa (SIMD) -arkkitehtuurit, kuten vektori- ja matriisiprosessoreissa;
b. Monta yksittdistd kidskyi - monta tietoa (MSIMD) -arkkitehtuurit;
c. Monta kisky# - monta tietoa (MIMD) -arkkitehtuurit, tiiviisti kytketyt, laheisesti kytketyt ja
viljasti kytketyt mukaan lukien; tai
d. Strukturoidut tiedonkisittelyelementtien ryhmit, systoliset ryhméat mukaan lukien.
Huom: 'Mikro-ohjelma’ tarkoittaa peruskiskyjen sarjaa, jota sdilytetidn erillisessd muistissa, ja jonka
suoritus kdynnistyy, kun sen viitekdisky tulee kiskyrekisteriin.

"Monofilamentti" (Monofilament) (1) tai filamentti on siikeen pienin inkrementti, jonka halkaisija on tavallisesti
joitakin mikrometreji.
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"Monoliittinen integroitu piiri" (Monolithic integrated circuit) (3) tarkoittaa passiivisten tai aktiivisten
'piirielementtien’ tai molempien yhdistelmis, joka:

a. On muodostettu diffuusio-, istutus- tai pinnoitusprosesseilla yhden puolijohdepalan (ns. lastun)
pintaan tai pinnalle;

b. Voidaan katsoa erottamattomasti yhteen liitetyksi; ja

c. Suorittaa piirin tietyn toiminnon (tai toimintoja).

Huom: "Piirielementti’ (Circuit element) on yksittiinen aktiivinen tai passiivinen elekironisen piirin
toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori jne.

"Muotoaan muuttavat peilit" (Deformable mirrors) (6) (joita kutsutaan my&s adaptiivisiksi optisiksi peileiksi)
tarkoittaa peilejd, joissa:

a. Yhté jatkuvaa optisesti heijastavaa pinnanmuotoa voidaan dynaamisesti muotoilla yksittéisilla
momenteilla tai voimilla kompensoimaan peilin kohtaavan optisen aaltomuodon viristymi;
tai

b. Useita optisesti heijastavia elementtej voidaan yksittdin ja dynaamisesti, momentteja tai voimia

kayttien uudelleenasetella kompensoimaan peilin kohtaavan optisen aaltomuodon viristymi.

"Muuttuvan geometrian kantopinnat" (Variable geometry airfoils) (7) tarkoittaa takareunan siivekkeiti tai
laippoja, tai johtoreunan solasiivekkeité tai alaspainuvaa nokkaa, joiden asentoa voidaan lennon aikana ohjata.

“Numeerinen ohjaus" (Numerical control) (2) tarkoittaa prosessin automaattista ohjausta, jossa ohjauslaite
kayttdd numeerista tietoa, jota se tavallisesti saa toiminnan edetessi (viite: ISO 2382).

"Néyttdalue” (Instrumented range) (6) tarkoittaa tutkan mésritelty, yksikisitteisti nﬁ);ttﬁaluetta.

"Ohjautusjarjestelma” (Guidance set) (7) tarkoittaa jérjestelmia, jotka yhdistavit kulkuvilineen paikan ja
nopeuden mittaus- ja laskentaprosessin (so. navigoinnin) kulkuvilineen lennonohjausjérjestelmien lentoradan
korjauskomentojen laskenta- ja vilitysprosessiin.

"Ohjelma" (Programme) (2) tarkoittaa kiiskyjonoa, joka voidaan suorittaa tietokoneella tai muuntaa sen
suoritettavaksi.

"Ohjelmallisesti ohjattu" (Stored program controlled) (2 3 5) tarkoittaa ohjausta, joka kaytti elektroniseen
muistiin tallennettuja kiskyja, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan miériteltyji toimintoja.
Huom: Laite voi olla "ohjelmallisesti ohjattu”, riippumatta siitii onko elektroninen muisti sisdinen vai
ulkoinen.

"Ohjelmisto" (Software) (Yloh Kaikki)
Yhden tai useamman ohjelman tai 'mikro-ohjelman’ muodostama kokonaisuus miss4 tahansa kisitettivassd
muodossa.
Huom: ‘Mikro-ohjelma’ tarkoittaa peruskdskyjen sarjaa, jota sdilytetdicin erityisessd muistissa, ja jonka
Suoritus kdynnistyy, kun sen viitekdsky tulee kiiskyrekisteriin.

"Ohjukset" (Missiles) (1 3 5 6 7 9) tarkoittaa tiydellisia rakettijérjestelmid ja michittiméattomia
lentolaitejérjestelmi, jotka pystyvat kuljettamaan vahintian 500 kg:n hy6tykuorman vahintdan 300 km:n
etdisyydelle.
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"Olennaisin osa" (Principal element) (4) on ryhmi 4 koskien sellainen osa, jonka vaihtoarvo on enemmén kuin
35 % sen jérjestelmin kokonaishinnasta, jonka osa se on. Osan arvo on se arvo, jonka jérjestelmén valmistaja tai
jérjestelmén kokoonpanija siitd maksaa. Kokonaisarvo on normaali kansainvilinen myyntihinta vieraille
osapuolille valmistuspaikassa tai kuljetuspisteessi.

"Ominaiskimmokerroin” (Specific modulus) (0 1) on Youngin kerroin pascaleina ja on yhti kuin N/m? jaettuna
ominaispainolla N/m®, mitattuna (296 + 2) K ((23 % 2) C) asteen limpoétilassa seké (50 + 5) %:n suhteellisessa
kosteudessa.

"Ominaismurtovetolujuus” (Specific tensile strength) (0 1) on lopullinen murtovoima pascaleina, joka on yhté
kuin N/m? jaettuna ominaispainolla N/m?, mitattuna (296 = 2) K ((23 £ 2) C) asteen lampétilassa seki (50 = 5)
%:n suhteellisessa kosteudessa.

"Optinen integroitu piiri" (Optical integrated circuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piirid" tai
"hybridipiirid, joka siséltds yhden tai useampia osia, jotka on suunniteltu toimimaan valoanturina tai
valolihteen tai suorittamaan optista tai sdhkdoptista toimintoa (toimintoja).

"Optinen kytkenti" (Optical switching) (5) tarkoittaa signaalien reititystd tai kytkentdd optisessa muodossa
muuntamatta niiti s&hkoisiksi signaaleiksi.

"Optinen tietokone" (Optical computer) (4) tarkoittaa tietokonetta, joka on suunniteltu tai muunnettu kiyttdmésn
valoa tiedon esittimiseen ja jonka laskenta- tai loogiset tiedonkisittelyelementit perustuvat suoraan toisiinsa
kytkettyihin optisiin komponentteihin.

"Optinen vahvistus" (Optical amplification) (5) tarkoittaa optisen tietoliikenteen vahvistustekniikkaa, jossa
erillisen optisen lahteen tuottamia signaaleja vahvistetaan muuntamatta niit sahkoisiksi signaaleiksi, ts. kiyttéen
optisia puolijohdevahvistimia tai valokuituluminesenssivahvistimia.

"Osallistujavaltio" (Participating state) (7 9) on Wassenaarin jérjestelyn jisenmaa.

"Paikallisverkko" (Local area network) (4) on tiedonvilitysjérjestelm4, joka:

a. Sallii m#ritteleméttomén masrin yksittiisid tietolaitteita’ kommunikoida suoraan toistensa
kanssa; ja
b. Rajoittuu maantieteellisesti kohtuullisen kokoiselle alueelle (kuten toimistorakennus, tehdas,

korkeakoulu, varasto).
Huom: 'Tietolaite': laite, joka pystyy lihettimddn tai vastaanottamaan digitaalista informaatiota
sisciltavid sekvensseja.

"Paineldhettimet" (Pressure transducers) (2) ovat laitteita, jotka muuntavat paineen mittaustulokset séhkoisiksi
signaaleiksi.

"Perusportin etenemisviive" (Basic gate propagation delay time) (3) tarkoittaa etenemisviiveen arvoa, joka
vastaa "monoliittisessa integroidussa piirissi" kiytetyn perusportin viivettd. Monoliittisten integroitujen piirien
"perheelle” tima voidaan midritelld tietylle joko etenemisviiveend tyypillisti porttia kohti tietysséd "perheessd"
tai tyypillisend etenemisviiveend porttia kohti tietyssi "perheessi".

Huom. 1: Perusportin etenemisviiveltd ei pidd sekoittaa kompleksisen "monoliittisen integroidun
piirin" kokonaisviiveeseen sisddnmenon ja ulostulon valilld.

Huom. 2: "Perhe" (Family) tarkoittaa kaikkia integroituja piirejd, joilla on seuraavia
valmistusmenetelmid ja -spesifikaatioita koskevia ominaisuuksia lukuun ottamatta
toimintoja, joita ovat:

a yhteinen laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuuri;
b. yhteinen rakenneperiaate ja prosessiteknologia; ja
c. Yhteiset perusominaisuudet.
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"Priméérinen lennon ohjaus" (Primary flight control) (7) tarkoittaa "ilma-aluksen" stabiilisuuden ja liikkeiden
ohjausta, joka kiytt4d voima-/momenttiléhteitd, so. acrodynaamisia ohjauspintoja tai propulsiokayttistd
vektorivastavoimaa.

"Pulssin kesto" (Pulse duration) (6) on "laserin" pulssin aika, FWHI-tasoilla (Full Width Half Intensity)
mitattuna.

"Pulssin kompressointi" (Pulse compression) (6) tarkoittaa pitk4aikaisten tutkasignaalien koodausta ja kisittely
lyhytaikaisina, korkean pulssienergian suomat edut siilyttden.

"Py6rivé atomisointi"” (Rotary atomisation) (1) tarkoittaa prosessia, jossa keskipakovoimalla sulan metallin
virrasta tai lihteestd ajikaansaadaan ldpimitaltaan korkeintaan 500 mikrometrin pisaroita.

"PadtetySvilineet” (End-effectors) (2) tarkoittavat tarraimia, "aktiivisia tySkaluyksikkjd' ja kaikkia muita
ty6kaluja, jotka kiinnitetddn "robotin" tai manipulaattorin késivarren kiinnityslaippaan.
Huom: 'Aktiivinen tyokaluyksikks' tarkoittaa laitetta, joka kohdistaa tybkappaleeseen liikevoimaa tai
prosessienergiaa tai anturoi sitd,

"Q-kytkin-laser" (Q-switched laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa energia varastoidaan populaatio inversiossa tai
optisessa resonaattorissa ja sitten emittoidaan pulssina.

“Reitit" (System tracks) (6) tarkoittaa kisiteltyjd, korreloituja (kohteen tutkatiedot yhdistelty lentosuunnitelman
mukaiseen sijaintiin) ja ajantasalle saatettuja lentokoneen sijaintiraportteja, joka on lennonjohtokeskuksen
valvojien kiytettdvissi.

"Resoluutio" (Resolution) (2) tarkoittaa mittalaitteen pienint4 inkrementti; digitaalisissa mittalaitteissa vihiten
merkitsevai bittid (viite ANSI B-89.1.12).

"Robotti" (Robot) (2 8) tarkoittaa manipulointimekanismia, joka voi olla jatkuvaa rataa tai pisteesta-pisteeseen
kulkevaa tyyppid, voi kiyttd4 antureita ja jolla on seuraavat ominaisuudet:
a.  On monitoiminen;

b. Pystyy muuttuvin liikkein asemoimaan tai suuntaamaan materiaaleja, osia, tydkaluja tai
erikoislaitteita kolmessa ulottuvuudessa;

c. Siséltad kolme tai useampia suljetun tai avoimen piirin servolaitteita, jotka voivat sisaltiz
askelmoottoreita; ja

d. On "kéyttdjin ohjelmoitavissa" opetusajo/toistomenetelmalla tai tietokoneella, joka voi olla

ohjelmoitava logiikkaohjain, ts. ilman mekaanista viliintuloa.

Huom: Ylldoleva mddritelmd ei sisdlld seuraavia laitteita:

1 Manipulaatiomekanismit, jotka ovat ohjattavissa vain manuaalisesti tai kaukokdyttolaitteella;

2. Kiintedn sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaattisesti litkkuvia laitteita ja
toimivat mekaanisesti kiintedisti ohjelmoiduilla liikkeillé. Ohjelma on mekaanisesti rajoitettu
kiinteilla pysayttimilld, kuten tapeilla tai toimikdyrilld. Liikkeiden sarja ja liikeradat tai
litkekulmat eivdit ole muuttuvia tai muutettavissa mekaanisin, elektronisin tai scihkoisin keinoin;
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3. Mekaanisesti ohjatut muuttuvan sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaattisesti
liikkuvia laitteita ja noudattavat kiinteitd mekaanisesti ohjelmoituja ratoja. Ohjelma on
mekaanisesti rajoitettu kiinteilld, mutta aseteltavilla pyscyttimilld, kuten tapeilla tai
toimikayrilld. Liikkeiden sarja ja litkeratojen tai liikekulmien valinta on muuteltavissa kiintedin
ohjelmamallin rajoissa. Yhden tai useamman akselin ohjelman muutokset (esim. tapeilla tai
toimikdyrilld) ovat suoritettavissa vain mekaanisilla operaatioilla;

4. Muut kuin servo-ohjatut muuttuvan sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat
automaattisesti litkkuvia laitteita ja toimivat mekaanisesti kiinteiden ohjelmaliikkeiden
mukaisesti. Ohjelma on muunneltavissa, mutta liikejakso etenee vain mekaanisesti kiinnitettyjen
sahkoisten binaarilaitteiden tai aseteltavien pysdyttimien antamien binaarisignaalien mukaan;

5. Pinoamislaitteet, joita kutsutaan karteesi-manipulaattiojérjestelmiksi ja jotka on valmistettu
korkeavaraston kiinteiksi osiksi ja joiden avulla lokeroiden sisdltod kdsitellicn (lisditdcin tai
poistetaan).

"Rohdin" (Tow) (1) on tavallisesti suunnilleen samansuuntaisten "monofilamenttien" kimppu.

"Rokote" (Vaccine) (1) on lddketieteellinen tuote, jonka on tarkoitus heréttds suojaavan immunologisen reaktion
muodostuminen ihmisissi tai eldimissi sairauden ehkiisemiseksi.

"Rydmintdnopeus" (gyroskooppi) (Drift rate) (7) tarkoittaa ulostulon ajasta riippuvaa poikkeamaa toivotusta
arvosta. Se koostuu satunnaisista ja systemaattisista osista ja ilmaistaan vastaavana sisasintulon
kulmapoikkeamana aikayksikks4 kohti suhteessa inertia-avaruuteen.

"Salaus" (Cryptography) (5) ilment#4 periaatteita, vilineits ja menetelmis, joilla tietoa muunnetaan sen

tietosiséllon piilottamiseksi, huomaamatta tapahtuvien muutosten estimiseksi tai luvattoman kiiyton estamiseksi.

Salaus rajoittuu tiedon muuntamiseen yhti tai useampaa 'salaista parametri’ (esim. salausmuuttujia) tai siihen
liittyvdd avainta kéyttden,
Huom: 'Salainen parametri': vakio tai avain, jota ei anneta muiden tiedoksi tai pidetdcin vain tietyn
ryhmdn tietona.

"Sekoitettu" (Commingled) (1) tarkoittaa termoplastisten kuitujen ja lujitekuitujen filamenttien sekoittamista
kokonaan kuitumuodossa olevan lujitekuitu/"matriisi"-sekoituksen tuottamiseksi.

"SHPL" vastaa "suurteholaseria".

"Signaalianalysaattorit" (Signal analysers) (3) tarkoittaa laitteita, jotka kykenevit mittaamaan ja néyttiméazin
monitaajuisten signaalien yksitaajuisten komponenttien perusominaisuuksia.

"Signaalin kisittely" (Signal processing) (3 4 5 6) tarkoittaa ulkoisesta lihteesti tulevien signaalien késittelyd
algoritmeilla kuten kompressio, suodatus, erottelu, valinta, korrelaatio, konvoluutio tai tasomuunnokset (esim.
nopea-Fourier- tai Walsh-muunnos).

"Siirtolaser" (Transfer laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa laseroivat aineslajit viritet4sn siirtamalli energiaa
ei-laseroivan atomin tai molekyylin ja laseroivan atomin tai molekyylin aineslajien yhteentérmayksell4.

"Sisdpinnanvuoraus” (Interior lining) (9) tarkoittaa kiintesn polttoaineen ja rungon tai eristdvén vuorauksen
vilisend sidoksena kiytettavaa vuorausta. Tavallisesti se on tulenkestéivien tai eristdvien materiaalien
nesteméiseen polymeeriin, kuten hiilitytteinen hydroksyylipaatteinen polybutadieeni (HTPB) tai muu
polymeeri, perustuva dispersio, johon on lisitty vulkanoivia aineita ja joka suihkutetaan tai levitetiisn rungon
sisdpinnalle.
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"Siviililentokone" (Civil aircraft) (1 7 9) tarkoittaa "ilma-aluksia", jotka siviili-ilmailuviranomaisten
julkaisemien lentokelpoisuuden vahvistavien listojen mukaan on tarkoitettu lentdmézn kaupallisilla sisisilli
sekd ulkomaan siviililentoreiteilld tai niitd saadaan kiytt44 lainmukaiseen siviili-, yksityis- tai kaupalliseen
kayttdon.

Huom: Katso myos "ilma-alus”,

"Sotilaskdyttoon sovitettu” (Adapted for use in war) (1) tarkoittaa mits tahansa muuntelua tai valintaa (kuten
puhtauden, varastointi-idn, myrkyllisyyden, levittdimisominaisuuksien tai UV-siteilyn kestdvyyden
muuttamista), jolla on tarkoitus lisété tehokkuutta aiheuttaa tappioita ihmisille tai eldimille, turmella laitteita tai
vahingoittaa satoa tai ympéristod.

"Stabiilisuus" (Stability) (7) tarkoittaa tietyn parametrin variaation (1 sigman) standardipoikkeamaa kalibroidusta
arvosta vakiolampétilaolosuhteissa mitattuna. Se voidaan esittis ajan funktiona.

"Substraatti" (Substrate) (3) tarkoittaa pohjamateriaalin ohutta levy, jossa on tai ei ole kytkentikuviota ja jonka
péille tai sisd#n voidaan sijoittaa ‘erilliskomponentteja’ tai integroituja piirejd tai molempia.

Huom. 1: ‘Erilliskomponentti’ (Discrete component): Erikseen koteloitu 'piirielementti’, jolla on
omat ulkoiset kytkentdipisteensd.
Huom. 2: "Piirielementti’ (Circuit element): Yksittdinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen

piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori, jne.

"Substraattiaihio" (Substrate blanks) (6) tarkoittaa monoliittisia yhdisteit, joiden mitat sopivat optisten
elementtien (kuten optiset peilit tai ikkunat) tuotantoon.

"Sulaerotus" (Melt extraction) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetéin' ja erotetaan nauhamaisia
metalliseostuotteita upottamalla pydrivin jaghdytetyn kappaleen Iyhyt segmentti sulaan metalliseoskylpyyn.
Huom: 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1 000 K/s ylittavilld jéchdytysnopeuksilla.

"Sulakehréys" (Melt spinning) (1) tarkoittaa prosessia, jossa ‘nopeasti kiinteytetézin' sulaa metallivirtaa antamalla
sen tormété pySrivédn jadhdytettyyn kappaleeseen, niin etti muodostuu hiutalemainen, nauhamainen tai
sauvamainen tuote.

Huom: 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1 000 K/s ylittavilld jaéhdytysnopeuksilla.

"Suoravaikutteinen hydraulipuristus" (Direct-acting hydraulic pressing) (2) tarkoittaa muovausprosessia, jossa
kéytetdin nesteelld tiytettyd joustavaa paljetta suorassa kontaktissa tydstettavizin kappaleeseen.

"Superplastinen muovaus" (Superplastic forming) (1 2) tarkoittaa muovausprosessia, jossa metalleille, joilla
normaalisti huoneen lampétilassa on alhainen venyma (vihemmin kuin 20 %) tavanomaisessa
murtovetolujuuskokeessa, saavutetaan ldmpoa kiyttimalld prosessin aikana vihintizin kaksinkertainen venyma.

"Superseokset” (Superalloys) (2 9) tarkoittaa nikkeli-, koboltti- tai rautapohjaisia seoksia, joiden lujuus yli 922 K
(649 C) asteen lampétiloissa ja ankarissa ympérist- ja toimintaolosuhteissa on parempi kuin minkén muun
AISI 300-sarjan metalliseosten.

"Suprajohtava" (Superconductive) (1 3 6 8) tarkoittaa materiaaleja, esim. metallit, metalliseokset tai yhdisteet,
jotka voivat menettid kokonaan sihkéisen vastusarvonsa, ts., jotka voivat saavuttaa #frettdmén suuren sghkdisen
Johtavuuden ja kuljettaa hyvin suuria sihkévirtoja ilman Joule-limpenemista.
Huom: Materiaalin "suprajohtavalle” tilalle on yksilollisesti tunnusomaista "kriittinen limpétila”,
kriittinen magneeettinen kenttd, joka on lampétilan funktio, sekd kriittinen virrantiheys, joka on
sekd magneettisen kentdn ettd lampotilan funktio.

"Suurteholaser" (Super High Power Laser) (6) tarkoittaa "laseria", joka pystyy lihettiman ulostuloenergiaa,
joka (kokonaisuutena tai mina tahansa annoksena) ylittsid 1 kJ 50:ss4 millisekunnissa tai jonka keskimézirainen
tai CW-teho ylittis 20 kW.
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"Symmetrinen algoritmi" (5) tarkoittaa salausalgoritmia, joka kdyttid tiysin samanlaista avainta sekd salaukseen
ettd salauksen purkuun.
Huom: "Symmetrisen algoritmin” tavanomainen kiytté on avaimen luottamuksellisuus.

"Systolinen matriisitietokone" (Systolic array computer) (4) tarkoittaa tietokonetta, jossa kiyttdji voi ohjata
tiedon virtausta ja muuttamista dynaamisesti loogisten porttien tasolla.

"Taajuuden vaihtoaika" (Frequency switching time) (3 5) tarkoittaa maksimiaikaa (so. viivetts), jonka signaali
tarvitsee, kun sen valittua Iahtotaajuutta vaihdetaan toiselle valitulle lhtStaajuudelle, saavuttaakseen:

a. Taajuuden, joka on 100 Hz sisilli lopullisesta halutusta taajuudesta; tai

b.  Ulostulon tason, joka on 1 dB sisill lopullisesta ulostulon tasosta.

"Taajuushyppely" (Frequency hopping) (5) tarkoittaa "hajaspektri"ominaisuuden muotoa, jossa yksittdisen
tiedonsiirtokanavan ldhetystaajuutta vaihdellaan ep#jatkuvasti askelittain satunnaisessa tai puolisatunnaisessa
Jjarjestyksessd.

"Taajuussyntesoija" (Frequency synthesiser) (3) tarkoittaa kiiytetysti tekniikasta riippumatta miti tahansa
taajuuslihdetts tai signaaligeneraattoria, joka tuottaa yhden tai useamman ulostulon kautta useita samanaikaisia
tai vuorottelevia lhtotaajuuksia, joita ohjaavat tai jotka on johdettu tai masriytyvit pienemmasti joukosta
normi- (tai perus-) taajuuksia.

"Tarkkuus" (Accuracy) (2 6) tarkoittaa ndyttdarvon positiivista tai negatiivista maksimipoikkeamaa standardi- tai
tosiarvosta. ' ’

"Tarvittava" (Required) (Ylth 1-9) viittaa, "teknologiaa" tai "ohjelmistoja" koskien, vain siihen osaan
"teknologiaa" tai "ohjelmistoja", jotka nimenomaisesti aikaansaavat valvottuja ominaisuuksia tai toimintoja, tai
lisddvat niitd. "Tarvittava" "teknologia” tai "ohjelmisto" voivat olla yhteisii eri tuotteille.

"Tehollinen gramma", "Erityisen halkeamiskelpoisen aineen" (Effective gramme of special fissile material) (0 1)
tarkoittaa:

a. Plutoniumin isotoopeilla ja uraani-233:1la isotoopin painoa grammoina;

b. Uraanilla, joka on rikastettu yhteen prosenttiin tai enemmén isotoopilla U-235, alkuaineen
painoa grammoina kerrottuna sen desimaalisina paino-osina ilmaistun rikastusméérén nelisllz;

c. Uraanilla, joka on rikastettu alle yhteen prosenttiin isotoopilla U-235, alkuaineen painoa

grammoina kerrottuna luvulla 0,0001;

"Tehonhallinta" (Power management) (7) tarkoittaa korkeusmittarin lhettamin signaalin tehon muuttamista
siten, ettd "ilma-aluksen" korkeudella vastaanotettu teho on aina pienin mahdollinen korkeuden marittimiseen.

"Teippi" (Tape) (1) on punotuista tai yhdensuuntaisista "monofilamenteista", 'siikeists", "esilangoista",
"touveista" tai "langoista" jne. muodostuva tavallisesti hartsilla esikyll4stetty materiaali.
Huom: ‘Sdie' on suumnilleen samansuuntaisista (tyypillisesti useammasta kuin 200)
"monofilamenteista” muodostuva kimppu.

"Teknologia" (Technology) (Yith Ydth Kaikki) tarkoittaa erityisti kirjallista tai muussa muodossa olevaa
teknisti tietoa, jota tarvitaan tuotteen "kehittimisti", "tuotantoa” tai "kéytto4" varten. Tamé tieto on 'teknisen
tiedon' tai 'teknisen avun' muodossa.

Huom. 1: "Tekninen apu' voi olla muodoltaan ohjeita, taitoja, opetusta, tydnsuoritustietoutta tai
konsultointipalveluja ja saattavat siscltcid 'teknisen tiedon' siirtoa.
Huom. 2: "Tekninen tieto' voi olla muodoltaan piirustuksia, suunnitelmia, kaavioita, malleja,

kaavoja, taulukoita, suunnittelukonstruktioita tai médritelmid, kirjallisia tai muulle
medialle tai laitteille, kuten levylle, nauhalle tai lukumuistiin, talletettuja kdsikirjoja ja
ohjeita.
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"Tiedonsiirtonopeus" (Data signalling rate) (5) tarkoittaa nopeutta niin kuin ITU Suositus 53-36 sen madrittelee,
ottaen huomioon, ettd ei-binaarisessa modulaatiossa baudimara ja bitti4 sekunnissa eivét ole samoja.
Koodausta, tarkistusta tai synkronointia varten kiytetyt bitit tulee huomioida.

Huom. 1: "Tiedonsiirtonopeutta” mddritettéiessé huolto- ja ylldpitokanavia ei huomioida.
Huom. 2: Se on maksiminopeus yhteen suuntaan, ts. maksimaalinen lihetys- tai
vastaanottonopeus.

"Tiedon suojaus" (Information security) (4 5) tarkoittaa kaikkia menetelmi ja toimintoja, jotka takaavat tiedon
tai tiedonvilityksen saatavuuden, luottamuksellisuuden tai eheyden, poislukien menetelmit tai toiminnot, joilla
suojaudutaan virhetoiminnoilta. Siihen kuuluu "salaus", 'salauksen analyysi', suojautuminen paljastavia vuotoja
vastaan ja tietokoneturvallisuus.
Huom: 'Salauksen analyysi': salausjéirjestelmdéin tai sen syitteiden tai tulosteiden analysointi, jonka
tarkoituksena on selvittdd luottamuksellisia muttujia tai sensitiivistd tietoa, selvikielinen teksti
mubkaan lukien.

"Tieteellinen perustutkimus" (Basic scientific research) (Ylth Ydth) tarkoittaa kokeellista tai teoreettista ty&ts,
jota tehdézn padasiassa uuden tiedon saamiseksi ilmididen tai havaittavien faktojen perusperiaatteista, ja joilla ei
ensisijaisesti pyritd mihinkd4n tiettyyn kidytdnnon paamairasn tai tavoitteeseen.

"Tietoliikennekanavan ohjain" (Communications channel controller) (4) tarkoittaa fyysisti liitintss, joka ohjaa
synkronisen tai asynkronisen digitaalisen tiedon kulkua. Se on kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai
tietoliikennelaitteisiin tietoliikenneyhteyden luomiseksi.

"Toksiinialayksiko61la" (Sub-unit toxin) (1) tarkoitetaan kokonaisen "toksiinin" rakenteellisesti ja toiminnallisesti
erillistd osaa.

"Toksiinit" (Toxins) (1 2) tarkoittaa valmistustavasta riippumatta tarkoituksellisesti eristettyjen preparaattien tai
seosten muodossa olevia myrkyllisié aineita, lukuun ottamatta toksiineja, joita on saasteina muissa
materiaaleissa, kuten patologisissa niytteissd, viljassa, ruokatavaroissa tai "mikro-organismien" kylvoksissi.

"Tosiaikainen kaistanleveys" (Real-time bandwidth) (3) on "dynaamisten signaalianalysaattorien" laajin
taajuuksien alue, jonka analysaattori voi tulostaa niytélle tai muistiin aiheuttamatta katkoja sisdéntulevan tiedon
analysoinnissa. Analysaattoreissa, joissa on enemmin kuin yksi kanava, laskelmaa varten tulee kaytt4s siti
kanavien konfiguraatiota, joka antaa laajimman "tosiaikaisen kaistanleveyden".

"Tosiaikainen kisittely" (Real time processing) (2 4 6 7) tarkoittaa tietokonejérjestelmin tiedonkasittelykykys,
joka kiytettdvissd olevin resurssein ja jérjestelmén kuormituksesta riippumatta turvaa tarvittavan palvelutason
taatun vasteajan sisilld, kun ulkoinen tapahtuma kéynnist44 palvelun.

"Tuotanto" (Production) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa kaikkia tuotantovaiheita, kuten rakentaminen, tuotanto,
suunnittelu, valmistus, integrointi, kokoonpano, asennus, tarkastus, testaus, laadunvalvonta.

"Tuotantolaitteet" (Production equipment) (1 9) tarkoittaa "kehitystd" tai yhtd tai useampaa "tuotannon" vaihetta
varten erikoisesti suunniteltuja tai muunnettuja tydkaluja, mallineita, asettimia, tuurnia, muotteja, suulakkeita,
kiinnittimid, suuntausmekanismeja, testilaitteita sekd muita koneita ja niiden osia.

"Tuotantoympérists" (Production facilities) (9) tarkoittaa laitteita ja niitd varten erityisesti suunniteltuja
ohjelmistoja, jotka on yhdistetty kokonaisuudeksi "kehitysti" tai yhti tai useampaa "tuotannon" vaihetta varten.

"Tutkan hajaspektri" (Radar spread spectrum) (6) tarkoittaa kaikkia modulointitekniikoita, jotka hajauttavat

suhteellisen kapean taajuuskaistan signaalien energian laajemman taajuuskaistan yli kiyttien satunnaista tai
puolisatunnaista koodausta.

"Tutkan taajuushyppely" (Radar frequency agility) (6) tarkoittaa kaikkia tekniikoita, jotka vaihtavat
puolisatunnaisessa jérjestyksessé pulssitutkan lihettimen kantoaaltotaajuutta pulssien valilld tai pulssiryhmien
vélilld enemmén kuin mit4 on pulssin kaistanleveys.
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"Tyhj6atomisointi” (Vacuum atomization) (1) tarkoittaa prosessia, jossa sulasta metallivirrasta aikaansaadaan
tyhj6ssd nopeasti kehittyvin kaasun avulla ldpimitaltaan noin 500 mikrometrii tai sitd pienempid pisaroita.

"Tdyden auktoriteetin digitaalinen moottorin ohjaus" ("FADEC") (Full Authority Digital Engine Control) (7 9)
tarkoittaa kaasuturbiini- tai yhdistelmétahtimoottorien elektronista ohjausjérjestelmis, joka kiyttas digitaalista
tietokonetta ohjaamaan moottorin tyéntdvoiman tai akselin ulostulotehon sé4tdmiseen tarvittavia muuttujia koko
moottorin toiminta-alueella polttoaineen sy&ton aloittamisesta sen sulkemiseen.

"UFg-korroosiota kestivii aineita" (Materials resistant to corrosion by UF;) (0) voivat olla kyseessd olevasta
erotusprosessista riippuen kupari, ruostumaton teris, alumiini, alumiinioksidi, alumiiniseokset, nikkeli tai seos,
joka sisaltad vahintdsin 60 painoprosenttia nikkelis sekéi UF¢-kestivii fluorattua hiilivetypolymeerid.

"Verkkoliityntdohjain" (Network access controller) (4) tarkoittaa fyysisti liitant44 hajautettuun
tietoliikenneverkkoon. Se kiyttd4 yhteistd siirtotiets, joka toimii kauttaaltaan samalla "digitaalisella
siirtonopeudella” ja jakaa piitteille siirtovuoroja (esim. vuoromerkkien tai kuulostelun avulla). Muista
riippumatta se valitsee tietopaketit tai tietoryhmit (esim. IEEE 802), jotka sille on osoitettu. Se on kokoonpano,
Jjoka voi olla liitettyna tietokone- tai tietoliikennelaitteeseen viestintiyhteyden luomiseksi.

"Vikasietoisuus" (Fault tolerance) (4) on tietokonejarjestelman kyky minki tahansa laitteisto- tai
"ohjelmisto"komponenttinsa minké tahansa hirién jélkeen jatkaa toimintaansa ilman ihmisen viliintuloa tietylld
suoritustasolla, joka takaa toiminnan jatkumisen, tietojen sdilymisen ja toiminnan palautumisen ennalleen tietyn
ajan kuluessa.

"Viritettdvd" (Tunable) (6) tarkoittaa "laserin" kyky4 tuottaa jatkuvaa kiht6tehoa kaikilla aallonpituuksilla usean
"laser"transition alueella. Viiva"laser" tuottaa diskreetteji aallonpituuksia yhdelld "laser"transitiolla eik siti
katsota "viritettdviksi".

"Ydinreaktori" (Nuclear reactor) (0) tarkoittaa laitteita, jotka ovat reaktoriastian sisll tai jotka on liitetty
suoraan siihen, laitteita, jotka kontrolloivat syddmen tehotasoa sekd komponentteja, jotka normaalisti sisaltivit
reaktorin syddmen priméérijézhdytetts tai joutuvat suoraan kosketukseen sen kanssa tai ohjaavat sen kulkua.

"Yhdistelmapyoropsytd" (Compound rotary table) (2) tarkoittaa poytis, jolla tydkappaletta voidaan pyrittis tai
kallistaa kahden ei-yhdensuuntaisen akselin suhteen, ja joita voidaan ohjata samanaikaisesti "riviivaohjausta”
varten.

"Yhdistetty teoreettinen tehokkuus" ("CTP") (Composite theoretical performance) (3 4) on laskentatehokkuuden
mitta, joka ilmoitetaan miljoonina teoreettisina operaatioina sekunnissa (Mtops), ja joka on saatu
"laskentaelementtien” ("CE") laskentatehokkuuksien yhdistimisti kayttien.

Huom: Katso ryhmd 4, tekninen huomautus.

"Yhteen kytketyt tutka-anturit" (Interconnected radar sensors) (6) tarkoittaa, etti kaksi tai useampi tutka-anturi
on kytketty yhteen, kun ne vaihtavat keskeniin tietoa tosiaikaisesti.

"Yhteiskanavamerkinanto" (Common channel signalling) (5) on merkinantomenetelms, jossa puhelinkeskusten
vililld yhdelld kanavalla vilitetdsn tunnuksella varustettujen viestien avulla merkinantotietoa, joka koskee useita
piirejd tai puheluja, sekd muuta esim. verkonhallintaan liittyv tietoa.

"Yksispektriset kuva-anturit" (Monospectral imaging sensors) (6) ovat kykenevia hankkimaan kuvatietoa
yhdest erillisestd spektrikaistasta.

"Yleinen keskeytysviive" (Global interrupt latency time) (4) tarkoittaa aikaa, joka tietokonejérjestelmalti kuluu
siihen, ettd se havaitsee jonkin tapahtuman aiheuttaman keskeytyksen, kisittelee sen ja siirtyy suorittamaan toista
muistissa olevaa tehtévii, joka palvelee keskeytysti.



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 31

"Adriviivaohjaus" (Contouring control) (2) tarkoittaa kahden tai useamman liikkeen "numeerista ohjausta”
kiskyilld, jotka mairittivit seuraavan vaadittavan aseman seki tarvittavat syStténopeudet tihén asemaan
siirtymiseksi. Sy&tténopeuksia vaihdellaan toistensa suhteen halutun #4riviivan aikaansaamiseksi (viite ISO/DIS

2806-1980).
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TASSA LIITTEESSA KAYTETYT AKRONYYMIT JA LYHENTEET

Akronyymi tai lyhenne, jota kiytetddn madritellyists termeistd 15ytyy 'timén liitteen termien mésritelmista'.

AKRONYYMI TAI MERKITYS

LYHENNE

ABEC Annular Bearing Engineers Committee

AGMA American Gear Manufacturers' Association

AHRS attitude and heading reference systems (asennon ja suunnan referenssijarjestelmit)

AISI American Iron and Steel Institute

ALU arithmetic logic unit (aritmetiikkayksikko)

ANSI American National Standards Institute

ASTM the American Society for Testing and Materials

ATC air traffic control (lennonjohto)

AVLIS Atomic Vapour Laser Isotope Separation (atomih&yryn laserviritykseen perustuva
isotooppierotus)

CAD computer-aided-design (tietokoneavusteinen suunnittelu)

CAS Chemical Abstracts Service

CCITT International Telegraph and Telephone Consultative Committee (kansainvilinen neuvoa-
antava lennétin- ja puhelinkomitea)

CDhU control and display unit (ohjaus- ja niyttoyksikks)

CEP circular error probable (yhtildisen todennikdisyyden ympyra)

CNTD controlled nucleation thermal deposition (saéideltavd ydintymislimp&hajoaminen)

CRISLA Chemical Reaction by Isotope Selective Laser Activation (isotooppiselektiiviselld laserilla
aktivoitu kemiallinen reaktio)

CVD chemical vapour deposition (kemiallinen kaasufaasipinnoitus)

Cw chemical warfare (kemiallinen sodankiynti)

CW (for lasers) continuous wave (jatkuva aalto (laserit))

DME distance measuring equipment (etdisyydenmittauslaite)

DS directionally solidified (suunnatusti kiinteytetty)

EB-PVD electron beam physical vapour deposition (elektronisuihkun avulla tapahtuva fysikaalinen
kaasufaasipinnoitus)

EBU European Broadcasting Union

ECM electro-chemical machining (sahkokemiallinen tydsto)

ECR electron cyclotron resonance (elektroni-syklotroni-resonanssi)

EDM electrical discharge machines (kipinity&stokoneet)

EEPROMS electrically erasable programmable read only memory (elektronisesti pyyhittivi ohjelmoitava
lukumuisti)

EIA Electronic Industries Association

EMC electromagnetic compatibility (sshkémagneettinen mukautuvuus)

FFT Fast Fourier Transform (Nopea Fourier-muunnos)

GLONASS global navigation satellite system (globaali navigointisatelliittijirjestelmi)

GPS global positioning system (globaali paikannusjarjestelmi)

HBT hetero-bipolar transistors (heterobipolaaritransistori)

HDDR high density digital recording (suurtiheyksinen digitaalitallennus)

HEMT high electron mobility transistors (korkean elektroniliikkuvuuden transistorit)

ICAO International Civil Aviation Organisation (Kansainvilinen siviili-ilmailujérjests)

IEC International Electro-technical Commission (Kansainvilinen sdhkétekniikan toimikunta)

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV instantaneous-field-of-view (hetkellinen nikskentti)

ILS instrument landing system (mittarilaskeutumisjérjestelma)

IRIG inter-range instrumentation group (monialueinstrumentointiryhm)

ISAR inverse synthetic aperture radar (ké4nteinen synteettinen apertuuritutka)
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vB

AKRONYYMI TAI MERKITYS

LYHENNE

ISO International Organization for Standardization (Kansainvilinen standardisoimisjirjestd)

ITU International Telecommunication Union (Kansainvélinen televiestintiliitto)

JIS Japanese Industrial Standard

JT Joule-Thomson

LIDAR light detecting and ranging (valoon perustuva havainnointi ja etdisyyden mittaus)

LRU line replaceable unit (linjahuollossa vaihdettava yksikks)

MAC message authentication code (sanoman autentikointikoodi)

Mach ratio of speed of an object to speed of sound (after Emst Mach) (kohteen nopeuden suhde
d4nen nopeuteen (Ernst Machin mukaan))

MLIS: - Molecular laser Isotopic separation (molekyylien laserviritykseen perustuva isotooppien
erotus)

MLS microwave landing systems (mikroaaltolaskeutumisjérjestelmit)

MOCVD metal organic chemical vapour deposition (metalliorgaaninen kemiallinen kaasufaasipinnoitus)

MRI magnetic resonance imaging (magneettiresonanssikuvaus)

MTBF mean-time-between-failures (keskimairiinen vikavili)

Mtops million theoretical operations per second (miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnissa)

MTTF mean-time-to-failure (keskiméiriinen vioittumisaika)

NBC Nuclear, Biological and Chemical (ydin-, biologinen tai kemiallinen)

NDT non-destructive test (ainetta rikkomaton testi)

PAR precision approach radar (tarkkuusldhestymistutka)

PIN personal identification number (henkilskohtainen tunnusnumero)

ppm parts per million (miljoonasosa)

PSD power spectral density (tehon spektritiheys)

QAM quadrature-amplitude-modulation (kvadratuuri-amplitudi-modulaatio)

RF radio frequency (radiotaajuus)

SACMA Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR synthetic aperture radar (synteettinen apertuuritutka)

SC single crystal (yksikide-)

SLAR sidelooking airborne radar (sivukulmatutka)

SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers (Elokuva- ja televisioalan insingdrien
yhdistys)

SRA shop replaceable assembly (korjaamolla vaihdettava kokoonpano)

SRAM static random access memory (staattinen luku-/Kirjoitusmuisti)

SRM SACMA Recommended Methods (SACMA:n suosittelemat menetelmit)

SSB single sideband (yksisivukaista)

SSR secondary surveillance radar (toisiovalvontatutka)

TCSEC trusted computer system evaluation criteria (luotettavien tietokonejérjestelmien
varmennuskriteerit)

TIR total indicated reading (koko niyttdalue)

uv ultraviolet (ultravioletti

UTS ultimate tensile strength (murtovetolujuus)

VOR very high frequency omni-directional range (VHF-monisuuntamajakka)

YAG yttrium/aluminium garnet (yttrium/alumiinigranaatti)
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RYHMA 0 - YDINAINEET, LAITTEISTOT JA LAITTEET

0A

0A001

Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

Y dinreaktorit" ja niitd varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut komponentit seuraavasti:

a.

"Ydinreaktorit”, jotka voivat ylldpitii siddettivai jatkuvaa ytimien
halkeamisketjureaktiota;

Sellaiset metalliset astiat tai niiden merkitt4vit rakenne-elementit, jotka on
erityisesti suunniteltu tai valmistettu siséltdiméa#n "ydinreaktorin” sydan, mukaan
lukien reaktoripaineastian kansi;

Kisittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu polttoaineen
viemiseksi "ydinreaktoriin" tai polttoaineen poistamiseksi sielti;

Saitosauvat, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu halkeamisprosessin
sadtimiseksi "ydinreaktorissa", sauvojen tuki- ja ripustusrakenteet, sditosauvojen
kiyttokoneistot ja ohjausputket;

Paineputket, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu siséltiméén
"ydinreaktorin" polttoaine-elementteji ja primadrijaghdytettd yli 5,1 MPa:n
kéyttdpaineessa;

Putket tai putkisarjat, jotka on valmistettu zirkoniummetallista tai seoksesta, jossa
hafniumin painosuhde zirkoniumiin on pienempi kuin 1:500, ja jotka on erityisesti
suunniteltu tai valmistettu kéytettiviksi "ydinreaktorissa";

Jaghdytepumput, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorin"
primédrijaghdytteen kierrittimiseksi;

"Ydinreaktorin sisdosat', jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kaytettiviksi
"ydinreaktorissa", mukaan lukien sydidmen tukirakenteet, polttoainekanavat, termiset
suojat, verholevyt, sydanritilit ja diffuuserilevyt;

Huom: 0A4001.h kohdassa 'ydinreaktorin sisdosat' tarkoittaa mitd tahansa
reaktoriastiassa olevaa merkittiviid rakennetta, jolla on yksi tai useampi
seuraavanlaisista tehtcivistd: sydimen tukeminen, polttoaineen paikallaan
Dpitdminen, primddrijddhdytteen virtauksen ohjaus, toimiminen
reaktoriastian sdteilysuojana ja syddmessd olevien instrumentointilaitteiden
ohjaaminen.

Liammdnvaihtimet (hdyrystimet), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
kéytettdviksi "ydinreaktorin" priméérijaihdytyspiirissé;

Neutronien ilmaisin- ja mittauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
"ydinreaktorin" syddmessi vallitsevan neutronivuon méérittdmiseen.
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0B

0B001

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

Laitokset "luonnonuraanin”, "kdyhdytetyn uraanin" ja "erityisten halkeamiskelpoisten
aineiden" isotooppien erotusta varten ja niit4 varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut
laitteet ja komponentit seuraavasti:

a. Laitokset, jotka on erityisesti suunniteltu "luonnonuraanin", "kdyhdytetyn uraanin"
ja "erityisten halkeamiskelpoisten aineiden" isotooppien erotusta varten, seuraavasti:

Kaasusentrifugierotuslaitos

Kaasudiffuusioerotuslaitos

Aerodynaaminen erotuslaitos

Kemialliseen vaihtoon perustuva erotuslaitos

Ionivaihtoon perustuva erotuslaitos

AtomihSyryn "laser"viritykseen perustuva isotooppierotuslaitos (AVLIS)
Molekyylien "laser"viritykseen perustuva isotooppierotuslaitos (MLIS)
Plasmaerotuslaitos

Séhkdmagneettinen erotuslaitos

WRONAD AW

b. Kaasusentrifugit sek# rakenteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai

valmistettu kdytettiviksi kaasusentrifugierotusprosessissa, seuraavasti:

Huom: 0B001.b kohdassa 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineella' tarkoitetaan
Jotakin seuraavista:

a Maraging-terds, jonka murtovetolujuus on 2 050 MPa tai suurempi;

b. Alumiiniseokset, joiden murtovetolujuus on 460 MPa tai suurempi;
tai

c. "Kuitu- tai sdiemateriaalit”, joiden "ominaiskimmomoduuli" on
suurempi kuin 3,18 x 10° m ja "ominaisvetolujuus" suurempi kuin
76,2x 10° m;

1. Kaasusentrifugit;
2. Tdydelliset roottorikokoonpanot;

3. Roottoriputkisylinterit, joiden seinien paksuus on 12 mm tai pienempi ja
halkaisija 75 mm:n ja 400 mm:n vilill4 ja jotka on valmistettu 'korkean
lujuus/tiheys -suhteen aineista’;

4. Renkaat tai palkeet, joiden seinimén paksuus on 3 mm tai pienempi sekd
halkaisija 75 mm:n ja 400 mm:n vilill4 ja jotka on suunniteltu tukemaan
paikallisesti roottoriputkea tai liittiméén useita putkia yhteen ja jotka on
valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';

5. Halkaisijaltaan 75 mm:n ja 400 mm:n vililld olevat ohjauslevyt, jotka on
tarkoitettu asennettavaksi roottoriputken sisdén ja jotka on valmistettu 'korkean
lujuus/tiheys -suhteen aineista';

6. Halkaisijaltaan 75 mm:n ja 400 mm:n vililld olevat roottoriputken ylé- tai
alalaipat, jotka on valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';

7. "UFg-korroosiota kestdvisti aineista" valmistettuun tai sellaisella suojattuun
koteloon ripustetut magneettiset ripustuslaakerit, jotka koostuvat rengasmaisesta
magneetista ja jotka sisltdvit vaimentavan viliaineen ja joissa magneetti
kytkeytyy napakappaleeseen tai toiseen roottorin ylakanteen kiinnitettyyn
magneettiin;
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8.

10.

11.

12.

13.

Erityisvalmisteiset laakerit, jotka koostuvat vaimentimelle asennetusta
laakeritappi-kuppi-kokoonpanosta;

Sylintereistd koostuvat molekylaariset pumput, joihin on sisdisesti koneistettu
tai puristettu kierrerihlaus ja sisiisesti koneistettu porausreiki;

Monivaiheisten vaihtovirralla toimivien hystereesi- (tai reluktanssi-) moottorien
renkaan muotoiset moottoristaattorit tahtikdyttédn tyhjdssi taajuusalueella
600-2 000 Hz ja tehoalueella 50-1 000 VA,

Kaasusentrifugin roottoriputkikokoonpanon sentrifugikotelo, joka koostuu
Jjlykdstd sylinteristd, jonka seindmén paksuus on enintiisn 30 mm ja jonka
paidyt on tarkkuuskoneistettu ja valmistettu "UFq-korroosiota kestivistd
aineista” tai suojattu niillg;

Sis#halkaisijaltaan enint44n 12 mm:n putkista koostuvat kauhakerasjat, jotka on
valmistettu "UF¢-korroosiota kestivists aineista” tai suojattu niilld, UFs-kaasun
poistamiseksi sentrifugiroottoriputken siséltd Pitot'n putken
toimintaperiaatteella;

Taa_,uusmuuntlmet (konvertterit tai invertterit), jotka on erityisesti suunniteltu
tai valmistettu syottiméin kaasusentrlfugmkastukseen tarkoitettuja moottorin
staattoreita ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja téllaisia muuntimia
varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. Monivaiheinen ulostulo 600-2 000 Hz;

b. Taajuuden hallinta parempi kuin 0,1 %;

¢. Harmoninen kokonaissérd pienempi kuin 2 % ja

d. Hy®tysuhde yli 80 %;

c. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
kaasudiffuusioerotusprosessia varten, seuraavasti:

L.

Huokoisista metallisista, polymeerisista tai keraamisista "UF¢-korroosiota
kestévistd aineista” valmistetut kaasudiffuusiosulut, joiden huokosten koko on
10 nm:n ja 100 nm:n vililld ja paksuus 5 mm tai vihemmin seki putkimaisten
muotojen halkaisija 25 mm tai pienempi;

Kaasudiffuusioyksikdn kotelot, jotka on valmistettu “UFg¢-korroosiota kestivisti
aineista” tai suojattu niills;

Kompressorit (pakkosydtts-, keskipakois- ja aksxaahvxrtaustyyppxa) tai
kaasupuhaltlmet jOlden UF¢-imuteho on 1m*/min tai suurempi ja poistopaine
enintin 666,7 kPa ja jotka on tehty "UF¢-korroosiota kestivistd aineista” tai
suojattu nnlla

Pyorivien akselien tiivisteet kompressoreihin ja puhaltimiin, jotka on méaritelty
0B001.c.3 kohdassa ja suunmteltu salpakaasun sisdénvuotonopeudelle, joka on
pienempi kuin 1 000 cm*/min;

Ldmménvaihtimet, jotka on valmistettu alumiinista, kuparista, nikkelisti tai yli
60 prosenttia nikkelis sisaltdvists seoksista taikka niiden metallien
kombinaatioista verhoiltuina putkina ja jotka on suunniteltu toimimaan
normaalin ilmanpaineen alapuolella vuotonopeudella, joka rajoittaa paineen
nousun pienemmaéksi kuin 10 Pa tunnissa 100 kPa:n paine-eron vallitessa;

Paljetiivisteilld varustetut venttiilit, jotka on valmistettu "UF¢-korroosiota
kestévisti aineista” tai suojattu niilld ja joiden halkaisija on 40 mm:n ja
1 500 mm:n valilla;
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Raonmuotoisista kaarevista kanavista tehdyt erotussuuttimet, joiden
kaarevuusside on pienempi kuin 1 mm ja jotka ovat UF-korroosiokestoisia
seki joissa on veitsenterd, joka erottaa suuttimen ldpi virtaavan kaasun kahdeksi
virraksi;

Tangentiaalisen siséinmenovirtauksen pyorittdmét sylinteriméiset tai
kartiomaiset putket (pySrreputket), jotka on valmistettu "UFg-korroosiota
kestdvistd aineista” tai suojattu niill4 ja joiden halkaisija on 0,5 cm:n ja 4 cm:n
vililld, pituus/halkaisija -suhde pienempi kuin 20:1 ja joilla on yksi tai useampi
tangentiaalinen sisd&nmenoaukko;

Kompressorit (pakkosydtto-, keskipako- ja aksiaalivirtaustyyppis) tai
kaasupuhaltimet, joiden UFg-imuteho on vihintisin 2 m*/min ja jotka on
valmistettu "UF¢-korroosiota kestivisti aineista” tai suojattu niilld, ja niitd
varten tarkoitetut pydrimisakselien tiivisteet;

"UFg-korroosiota kestévisti aineista” valmistetut tai niilld suojatut
lammdnvaihtimet;

"UF¢-korroosiota kestévistd aineista” valmistetut tai niilld suojatut
aerodynaamisten erotuselementtien kotelot py&rreputkia tai erotussuuttimia
varten;

Paljeventtiilit, jotka on valmistettu "UFg-korroosiota kestivistd aineista” tai
suojattu niilld ja joiden halkaisija on 40 mm:n ja 1 500 mm:n vililld;

Prosessijirjestelmét UFg-kaasun erottamiseksi kantokaasusta (vety tai helium)

1 ppm:n tai alhaisempaan UF¢-pitoisuuteen, mukaan lukien:

a. Kryogeeniset limmonvaihtimet ja kryoerottimet, jotka kykenevit toimimaan
153 K (-120 C) asteen tai siti alhaisemmissa lampétiloissa;

b. Kryogeeniset jaghdytysyksikét, jotka kykenevit toimimaan 153 K
(-120 C) asteen tai sitd alhaisemmissa limpétiloissa;

c. Erotussuutin- tai pydrreputkiyksikst UF¢-kaasun erottamiseksi
kantokaasusta;

d. UFs-kylmiloukut, jotka pystyvit toimimaan 253 K (-20 C) asteen tai sitd
alhaisemmissa ldmpétiloissa;

Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kemialliseen
vaihtoon perustuvaa erotusprosessia varten, seuraavasti:

1.

Nopeavaihtoiset neste-neste-pulssikolonnit, joiden saosaika vaihetta kohti on
30 sekuntia tai lyhyempi ja jotka kestivit vahvaa suolahappoa (esim. sopivista
muoviaineista kuten fluorihiilipolymeereisti tai lasista valmistetut tai niilld
vuoratut);

Nopeavaihtoiset neste-neste-keskipakokontaktorit, joiden saosaika vaihetta
kohti on 30 sekuntia tai lyhyempi ja jotka kestévit vahvaa suolahappoa (esim.
sopivista muoviaineista kuten fluorihiilipolymeereista tai lasista valmistetut tai
niilld vuoratut);

Vahvoja suolahappoliuoksia kestévit sahkokemialliset pelkistyskennot, jotka
soveltuvat yhden valenssitilan uraanin pelkistdmiseen toiseen valenssitilaan;
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4. Sahkokemialliset pelkistyskennojen systtslaitteet Ut*-jonien erottamiseksi
orgaanisesta virrasta ja ne prosessivirran kanssa kosketuksissa olevat laitteet,
Jotka on valmistettu sopivista aineista (esim. lasi, fluorihiilipolymeerit,

polyfenyylisulfaatti, polyeetterisulfoni ja hartsikyllastetty grafiitti) tai suojattu
niilld;

5. Hyvin puhdistetun uraanikloridiliuoksen tuottamiseen tarkoitetut syotén
valmistelujérjestelmit, jotka koostuvat puhdlstukseen tarkoitetuista liuotus-,
uutm ja/tai ioninvaihtolaitteista sekd U*®- tai U™*-uraanin pelkistimiseen
U*-uraaniksi soveltuvista elektrolyyttisistd kennoista;

6. Uraanin hapettamisjirjestelmét U*-uraanin hapettamiseksi U**-uraaniksi;

Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu ioninvaihtoon
perustuvaa erotusprosessia varten, seuraavasti:

1. Nopeasti reagoivat ioninvaihtohartsit, kalvomaiset tai huokoiset
makroverkkomaiset hartsit, joissa aktiiviset kemialliset vaihtoryhmit on
rajoitettu ei-aktiivisen huokoisen tukirakenteen pinnoitteeksi, ja muut
komposiittirakenteet miss4 tahansa sopivassa muodossa, mukaan lukien

_partikkelit ja kuidut, joiden halkaisija on 0,2 mm tai pienempi ja suunniteltu
vaihtopuoliintumisaika on alle 10 sekuntia ja jotka kestévét vahvaa suolahappoa
ja kykenevit toimimaan 373 K-473 K (100 C-200 C) asteen lampétila-alueella;

2. (Sylinterinmuotoiset) ioninvaihtokolonnit, joiden halkaisija on suurempi kuin
1 000 mm ja jotka on valmistettu vahvaa suolahappoa kestévisti aineista (esim.
titaani tai fluorihiilimuovit) tai suojattu niilld ja jotka kykenevit toimimaan
373 K-473 K (100 C-200 C) asteen lampétila-alueella ja yli 0,7 MPa:n
paineessa;

3. Ioninvaihtotakaisinvirtausjérjestelmt (kemialliset tai séhk&kemialliset hapetus-
tai pelkistysjarjestelmit) kemiallisten pelkistys- tai hapetusaineiden
talteenottamiseksi ioninvaihtoon perustuvissa rikastuskaskadeissa;

AtomihSyryn "laser"viritykseen perustuvaa isotooppierotusmenetelmis (AVLIS)
varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

1. Uraanin hdyrystimiseen soveltuvat suuritehoiset kaista- tai
pyyhkdisyelektronisuihkutykit, joiden tuottama teho on enemmin kuin
2,5 kW/cm;

2. Sulan uraanin tai uraaniseosten kisittelyyn soveltuvat sulan uraanimetallin
kisittelyjarjestelmit, jotka koostuvat sopivista korroosiota ja 1dmpdi kestavista
aineista (esim. tantaalista, yttriumoksidilla pallystetystd grafiitista, muiden
harvinaisten maametallien oksideilla pazllystetystd grafiitista tai niiden
seoksista) valmistetuista tai suojatuista upokkaista ja upokkaiden
jédhdytyslaitteista;

HUOM: KATSO MYOS 2A225 KOHTA.

3. Tuote- ja jatekerddjajarjestelmit, jotka on valmistettu uraanimetallihdyryn tai
nestemiisen uraanin korroosiota ja limpd4 kestdvistd aineista, kuten
yttriumoksidilla paillystetystd grafiitista tai tantaalista, tai pinnoitettu niill3;

4. Erotusyksikdn kotelot (sylinterinmuotoiset tai suorakulmaiset astiat), joihin
voidaan sijoittaa uraanimetallin hyrystin, elektronisuihkutykki ja tuote- ja
jatekeragjat;
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5. Uraani-isotooppien erottamiseen soveltuvat "laserit" tai "laser"jérjestelmiit,
joissa oleva taajuusspektrin stabilaattori mahdollistaa pitkéaikaisen kéyton;
HUOM: KATSO MYOS 6A005 JA 6A205 KOHTA.

h.  Molekyylien "laser"viritykseen perustuvaa isotooppien erotusprosessia (MLIS) tai
isotooppiselektiivisell laserilla aktivoitua kemiallista reaktiota (CRISLA) varten
erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

1. Aéntd nopeammilla virtauksilla toimivat paisuntasuuttimet, joilla voidaan
jadhdyttad UFg:n ja kantokaasun seokset 150 K (- 123 C) asteeseen tai siti
alhaisempaan limpétilaan ja jotka on valmistettu "UF¢-korroosiota kestivistd
aineista”;

2. Uraanipentafluoridin (UF;) ker##jit, jotka koostuvat suodatin-, térméys-, tai
syklonityyppisisté kera#jistd tai niiden yhdistelmisti ja jotka on valmistettu
"UFs-/UFg-korroosiota kestivisti aineista”;

3. Kompressorit, jotka on valmistettu "UF¢-korroosiota kestivist aineista” tai
suojattu niilld, ja niihin soveltuvat pydrimisakselien tiivisteet;

4, Laitteet UFs:n (kiinted aine) fluoraamiseksi UFg:ksi (kaasu);

5. Prosessijérjestelmit UFq:n erottamiseksi kantokaasusta (esim. typest tai

argonista) mukaan lukien:

a. Kryogeeniset limménvaihtimet ja kryogeeniset erottimet, jotka kykenevit
toimimaan 153 K (-120 C) asteen tai sité alhaisemmissa lmpétiloissa;

b. Kryogeeniset jadhdytinyksikét, jotka kykenevit toimimaan 153 K
(-120 C) asteen tai sitd alhaisemmissa limpétiloissa;

c. UFekylmiloukut, jotka kykeneviit toimimaan 253 K (-20 C) asteen tai siti
alhaisemmissa limpétiloissa;

6. Uraani-isotooppien erottamiseen soveltuvat "laserit" tai "laser"jirjestelmat,
joissa oleva taajuusspektrin stabilaattori mahdollistaa pitkdaikaisen kiyton;
HUOM: KATSO MYOS 6A005 JA 6A205 KOHTA.

i. Plasmaerotusmenetelma varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja
komponentit seuraavasti:

1. Ionien tuottamiseen tai kiihdyttimiseen soveltuvat mikroaaltoteholéhteet ja
antennit, joiden ulostulotaajuus on enemmén kuin 30 GHz ja keskimééréinen
ulostuloteho suurempi kuin 50 kW;

2. Radiotaajuusioninvirityskelat, jotka toimivat yli 100 kHz:n taajuuksilla ja
kykenevit késittelemé4n yli 40 kW:n keskimadraisen tehon;

3. Uraaniplasman synnyttdmiseen soveltuvat jarjestelmét;

4.  Sulan uraanin tai uraaniseosten ksittelyyn soveltuvat sulan metallin
késittelyjarjestelmit, jotka koostuvat sopivista korroosiota ja ldmpoé kestévistd
aineista (esim. tantaalista, yttriumoksidilla paéllystetystd grafiitista, muiden
harvinaisten maametallien oksideilla pasllystetysté grafiitista tai niiden
seoksista) valmistetuista tai suojatuista upokkaista ja upokkaiden
jaahdytyslaitteista;

HUOM: KATSO MYOS 24225 KOHTA.
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5. Tuote- ja jitekerdjit, jotka on valmistettu uraanihSyryn korroosiota ja limpda
kestévisti aineista, kuten yttriumoksidilla pidllystetysti grafiitista tai tantaalista,
tai suojattu niilld;

6. Erotusyksikon (sylinterimiinen) kotelo, johon voidaan sijoittaa
uraaniplasmalahde, radiotaajuinen ajokela ja tuote- ja jitekerdijit, ja joka on
tehty sopivasta ei-magneettisesta aineesta (esim. ruostumattomasta teriksest);

j Sahkémagneettista isotooppierotusmenetelmii varten erityisesti suunnitellut tai
valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

1. Joko yhden tai useita ionisuihkuja synnyttivét ionilihteet, jotka koostuvat
hoyrylahteestd, ionisaattorista ja suihkun kiihdyttimests, jotka on valmistettu
sopivasta ei-magneettisesta aineesta (esim. grafiitista, ruostumattomasta
terdksesti tai kuparista) ja jotka kykenevit tuottamaan 50 mA:n tai suuremman
kokonaisionivirran;

2. Rikastetun tai kdyhdytetyn uraani-ionisuihkun kerdyslevyt, jotka koostuvat
kahdesta tai useammasta raosta ja kerdystaskusta ja jotka on valmistettu
sopivista ei-magneettisista aineista (esim. grafiitista tai ruostumattomasta
terdksestd);

3. Uraanin sihkdmagneettisten erotusyksikdiden tyhjskotelot, jotka on valmistettu
ei-magneettisista aineista (esim. ruostumattomasta teriiksestd) ja suunniteltu
toimimaan 0,1 Pa:n tai sitd alhaisemmissa paineissa;

4. Magneettinapakappaleet, joiden ldpimitta on suurempi kuin 2 m;

5. Ionilahteisiin tarvittavat suurjénniteteholdhteet, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
a. Kykenevit toimimaan jatkuvasti;
b. Ulostulojénnite 20 000 V tai suurempi;
c. Ulostulovirta 1 A tai suurempi ja
d. Jannitteen stabiilisuus parempi kuin 0,01% kahdeksan tunnin jakson aikana;
HUOM: KATSO MYOS 3A227 KOHTA.

6. Magneettien teholihteet (suuritehoiset, tasavirta-), joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
a. Kykenevit toimimaan jatkuvasti siten, ettd ulostulovirta on 500 A tai
suurempi jénnitteen ollessa 100 V tai suurempi; ja
b. Virran tai jdnnitteen stabiilisuus parempi kuin 0,01 % kahdeksan tunnin
jakson aikana.
HUOM: KATSO MYOS 3A226 KOHTA.

0B002 Kohdassa 0B001 méériteltyja isotooppierotuslaitoksia varten erityisesti suunnitellut tai
valmistetut, "UFg-korroosiota kestavists aineista” tehdyt tai niilld suojatut apujirjestelmit,
laitteet ja komponentit seuraavasti:

a. Autoklaavit, uunit tai jarjestelmét, joita kéytetdan UFe:n sySttimiseen
rikastusprosessiin;
b. Kiinteyttimet (desublimaattorit) tai kylméloukut, joita kdytetdan UF¢:n poistamiseen

rikastusprosessista myshemp#i limmittimalla tapahtuvaa siirtoa varten;
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Tuote- ja jateasemat UF¢:n siirtdmiseksi sdilytysastioihin;

Nesteytys- tai kiinteytysasemat, joita kiytetdn poistamaan UF,
vékevdintiprosessista puristamalla ja jadhdyttimélla UFs nestemiiseen tai kiintesisn
olomuotoon;

Putkisto- ja kokoojajérjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu UFg:n kisittelyyn
kaasudiffuusio-, sentrifugi- ja aerodynaamisen erotuslaitoksen kaskadissa;

1. Tyhjsjakoputket tai tyhjokokoojat, joiden imukyky on 5 m*/min tai suurempi;

tai

2. TyhjSpumput, jotka on erityisesti suunniteltu kéytettiviksi UFg:tta sisiltivissd
ilmakehdissi;

UFg-massaspektrometrit/ioniléhteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu

ottamaan jatkuvatoimisesti néytteiti UFs-kaasun sybtteestd, tuotteesta tai jitteestd ja

joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Yhden atomimassayksikon erotuskyky, kun mitattava massa on suurempi kuin
320 atomimassayksikkdi;

2. lonildhteet, jotka on valmistettu nichrome- tai monel-metallista tai vuorattu
niillé taikka p#llystetty nikkelills;

3. Elektronipommitukseen perustuva ionisointildhde; ja

4. Isotooppianalyysiin soveltuva kokoojajirjestelma.

Uraanin konversiolaitos ja erityisesti sitd varten suunnitellut tai valmistetut laitteet

mERMOAs R

seuraavasti:

Jarjestelmit, joilla uraanimalmikonsentraatit voidaan muuttaa UOj:ksi;
Jdrjestelmit, joilla UO; voidaan muuttaa UF:ksi;

Jérjestelmit, joilla UO; voidaan muuttaa UO,:ksi;

Jarjestelmit, joilla UO, voidaan muuttaa UF,:ksi;

Jarjestelmit, joilla UF, voidaan muuttaa UFg:ksi;

Jarjestelmit, joilla UF, voidaan muuttaa uraanimetalliksi;

Jarjestelmit, joilla UF voidaan muuttaa UO,:ksi;

Jarjestelmit, joilla UFs voidaan muuttaa UF,:ksi;

Jérjestelmit, joilla UO, voidaan muuttaa UC1,:ksi.

Raskaan veden, deuteriumin ja deuteriumyhdisteen tuotanto- tai konsentrointilaitos ja siti
varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

a.

Raskaan veden, deuteriumin tai deuteriumyhdisteen tuotantolaitos seuraavasti:
1. Vesi-rikkivety-erotuslaitokset;
2. Ammoniakki-vety-erotuslaitokset;
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b.

Laitteet ja komponentit seuraavasti:

1.

Hienohiiliterdksesta (esim. ASTM A 516) valmistetut vesi-rikkivety-
erotustornit, joiden ldpimitta on 6 m:n ja 9 m:n vilill4 ja jotka voivat toimia

2 MPa:n tai sitd suuremmassa paineessa seké joiden korroosiovara on 6 mm tai
enemmin;

Rikkivetykaasun (yli 70 prosenttia H,S:44 sisiltdvin kaasun) kierritykseen
soveltuvat yksivaiheiset pienipaineiset (0,2 MPa) keskipakopuhaltimet tai
kompressorit, joiden tilavuusvirta on 56 m*/s tai suurempi niiden toimiessa
1,8 MPa:n imua vastaavassa tai suuremmassa paineessa ja jotka on varustettu
H,S-mérkakdytton suunnitelluilla tiivisteills;

Ammoniakki-vety-erotustornit, joiden korkeus on 35 m tai suurempi ja lapimitta
1,5 m:n ja 2,5 m:n vilill ja jotka voivat toimia suuremmissa paineissa kuin
15 MPa;

Tornien sisdiset osat, mukaan lukien kosketuspinnat, ja vaihepumput, mukaan
lukien upotettavat pumput, jotka soveltuvat raskaan veden valmistukseen
ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;

Ammoniakkikrakkerit, joiden kdyttSpaine on yhtd suuri tai suurempi kuin
3 MPa ja jotka soveltuvat raskaan veden valmistukseen
ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;

Infrapuna-absorptioanalysaattorit, jotka kykeneviit jatkuvaan
vety-deuterium-suhteen mittaamiseen, kun deuteriumpitoisuus on 90 prosenttia
tai enemmin;

Katalyyttipolttimet, joilla vikevdity deuterium muutetaan raskaaksi vedeksi
ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;

Taydelliset jarjestelmit tai niiden kolonnit, joilla parannetaan raskaan veden
laatua, raskaan veden deuteriumpitoisuuden konsentroimiseksi
reaktoriluokkaan,

0B005 "Ydinreaktorin" polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos ja siti
varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet.

Huom:

"Ydinreaktorin" polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu

laitos sisdltdd laitteet, jotka:

a. Tavallisesti ovat suoraan yhteydessd ydinaineiden tuotantovirtaan tai
suoraan prosessoivat tai valvovat sitd

b. Sulkevat ydinaineet ilmatiiviisti suojakuoren sisddin;

c. Tarkistavat suojakuoren eheyden tai sulkemisen ilmatiiviyden tai

d. Tarkistavat suljetun politoaineen viimeistelyn.
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0B006 "Ydinreaktorin" siteilytettyjen polttoaine-elementtien jilleenkisittelylaitos ja sitd varten
erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit.

Huom: 0B006 kohtaan kuuluvat:

a "Ydinreaktorin" sdteilytettyjen polttoaine-elementtien jalleenkdsittelylaitos
sekd laitteet ja komponentit, jotka tavallisesti ovat suoraan yhteydessdi
sdteilytettyyn polttoaineeseen ja pddasiallisiin ydinaineiden ja
Jfissiotuotteiden prosessivirtoihin ja suoraan ohjaavat niitd;

b.  Polttoaine-elementtien paloittelu- tai pilkkomiskoneet, ts. kauko-ohjatut
laitteet, jotka leikkaavat, paloittelevat, pilkkovat tai katkovat
"ydinreaktorien" sdteilytettyjd polttoainekokoonpanoja, -nippuja tai
-sauvoja;

c.  Liuotinastiat, kriittisyysturvalliset tankit (esim. pienildpimittaiset tankit,
rengasmaiset tai laattatankit), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
"ydinreaktorien" sdteilytetyn polttoaineen liuottamiseen ja jotka kykenevit
kestdmdidn kuumia, voimakkaasti sydvyttavid nesteitd ja joita voidaan
tayttdad ja huoltaa kauko-ohjatusti;

d. Vastavirtauuttimet ja ioninvaihtoprosessilaitteet, jotka on erityisesti
suunniteltu tai valmistettu kéytettiviksi sciteilytetyn "luonnonuraanin”,
"koyhdytetyn uraanin” tai "erityisten halkeamiskelpoisten aineiden”
Jdlleenkdsittelylaitoksissa;

e. Sdilytys- tai varastoastiat, jotka on erityisesti suunniteltu
kriittisyysturvallisiksi ja kestimddn typpihapon syovyttévia vaikutuksia;
Huom: Sdilytys- tai varastoastioilla voi olla seuraavat ominaisuudet:

1. Seindmien tai sisdrakenteiden booriekvivalenttipitoisuus
(laskettuna 0C004.:dd koskevassa huomautuksessa olevan
kaavan mukaisesti kaikkien olennaisten elementtien
osalta) vihintdidn kaksi prosenttia;

2. Sylinterimdisen astian halkaisija korkeintaan 175 mm;
tai

3. Joko laatta- tai rengasmaisen astian leveys korkeintaan
75 mm.

f Prosessin valvontainstrumentointi, joka on erityisesti suunniteltu tai
valmistettu sdteilytetyn "luonnonuraanin®, "kéyhdytetyn uraanin tai
"erityisten halkeamiskelpoisten aineiden” jélleenkdsittelyn valvontaan tai
ohjaamiseen.

0B007 Plutoniumin konversiolaitos ja sitd varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet
seuraavasti:

a.  Jérjestelmit plutoniumnitraatin muuttamiseksi plutoniumoksidiksi;
b.  Jérjestelmit plutoniummetallin tuottamiseksi.
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0C Materiaalit

0C001 "Luonnonuraani" tai "k&yhdytetty uraani" tai torium metallina, seoksena, kemiallisena
yhdisteend tai konsentraattina ja mik4 tahansa muu aine, joka sisiltd4 yhti tai useampaa edelld
mainituista;

Huom: 0C001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

a.  Neljd grammaa tai véhemmdn "luonnonuraania” tai "koyhdytettyd uraania”,
kun se on instrumenttien anturoivassa osassa;
b.  Erityisesti seuraaviin rauhanomaisiin, ei-ydinteknisiin sovellutuksiin kaytetty
"koyhdytetty uraani";
1. Suojaus;
2. Pakkaus;
3. Painolastit, joiden massa on pienempi kuin 100 kg;
4. Vastapainot, joiden massa on pienempi kuin 100 kg,
c. Vihemmdin kuin viisi prosenttia toriumia sisdltévdt seokset;
d Toriumia sisdltivdt keraamiset tuotteet, jotka on valmistettu muuta kuin
ydinteknistd kayttod varten.
0C002 "Erityinen halkeamiskelpoinen aine"

Huom: 0C002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi méicirdd, joka on neljé "tehollista
grammaa" tai vdhemmdn kyseistd ainetta, kun se on instrumenttien anturoivassa
osassa.

0C003 Deuterium, raskas vesi (deuteriumoksidi) ja muut deuteriumyhdisteet seki deuteriumia

sisiltdvit seokset ja liuokset, joissa deuterium-vety-isotooppisuhde ylittdd arvon 1:5 000.

0C004 Reaktoriluokan grafiitti, jonka puhtaustaso on vihemmin kuin 5 miljoonasosaa

"booriekvivalenttia" ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,5 g/cma.

HUOM: KATSO MYOS 1C107 KOHTA.

Huom. I:  0C004 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi:

a.  grafiittivalmisteita, joiden massa on pienempi kuin 1 kg, lukuun ottamatta
sellaisia jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kdytettdviksi
ydinreaktorissa,

b.  grdfiittijauhetta.

Huom. 2:  0C004 kohdassa "booriekvivalentti” (BE) (Boron equivalent) médritelléidin
epdpuhtauksille summana BE;:ista (lukuun ottamatta BEy;;:ia, koska hiilté ei
lasketa epdpuhtaudeksi) mukaan lukien boorin, jolloin
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0C0004

0C005

0D

0D001

0E

0E001

huom.2  jatkuu

BE; (ppm) = CF x alkuaineen Z konsentraatio ppm-yksikiind,
jossa CF on muunnoskerroin = -

o pja oz ovat vastaavat boorin ja alkuaineen Z termiset
neutronikaappausvaikutusalat (barn-yksikéind); Ap ja Az ovat boorin ja alkuaineen
Z atomipainot.

Kaasudiffuusiokalvojen valmistukseen erityisesti valmistetut UFs-korroosiota kestivit yhdisteet
tai jauheet (esim. nikkeli tai seos, joka siséltds 60 painoprosenttia tai enemmin nikkeli,
alumiinioksidi ja tdysin fluoratut hiilivetypolymeerit), joiden puhtaus on 99,9 painoprosenttia tai
enemmin ja joissa keskiméardinen partikkelikoko on vahemmin kuin 10 mikrometrii mitattuna
ASTM (American Society for Testing and Materials) B 330 - standardin mukaisesti ja joissa
partikkelit ovat hyvin samankokoisia.

Ohjelmistot

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu tdssd ryhmassa médriteltyjen
tavaroiden "kehittdmistd", "tuotantoa" tai "kaytt64" varten.

Teknologia

"Teknologia" ydinteknologiahuomautuksen mukaisesti tissd ryhméssd médriteltyjen tavaroiden
"kehittimista", "tuotantoa" tai "k#ytt4" varten.
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RYHMA 1 - MATERIAALIT, KEMIKAALIT, "MIKRO-ORGANISMIT" JA "TOKSIINIT"

1A
1A001

1A002

1A003

Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit
Seuraavat fluoratuista yhdisteistd valmistetut komponentit:

a.  "llma-aluksiin" tai avaruuskiyttoon erityisesti suunnitellut tiivisteet, tiivisterenkaat,
tiivisteaineet tai polttoainekalvot, joiden valmistuksessa on kiytetty yli 50 painoprosenttia
1C009.b tai 1C009.c kohdassa maéritettyjd materiaaleja;

b.  Pietsosdhkoiset polymeerit ja sekapolymeerit, jotka on valmistettu 1C009.a kohdassa
médritellyistd vinyylideenifluorideista:
1. Levyn tai kalvon muodossa; ja
2. Joiden paksuus on yli 200 mikrometris;

c.  "llma-aluksiin", 'ohjuksiin' tai avaruuskaytton erityisesti suunnitellut tiivisteet,
tiivisterenkaat, venttiilien istukat tai kalvot, jotka on valmistettu fluoroelastomeerista,
joka sisaltdd ainakin yhden vinyylieetteriryhmén ainesosana.

Huom: 14001.c kohdassa 'ohjus’ tarkoittaa tdydellisid rakettijdrjestelmid ja
miehittdmdttomid ilma-alusjdrjestelmid.

Seuraavat "komposiitti"rakenteet tai -laminaatit:
Huom: KATSO MYOS 1A202,9A010 ja 94110 KOHTA.

a.  Joilla on orgaaninen "matriisi" ja jotka on valmistettu 1C010.c, 1C010.d tai 1C010.¢
kohdassa madritellyistd materiaaleista; tai

b.  Joilla on metalli- tai hiili"matriisi" ja jotka on valmistettu:

1. Hiili"kuitu- tai -sdiemateriaaleista”, joiden:
a. "Ominaiskimmokerroin" ylittas 10,15 x 10° m; ja
b. "Ominaismurtovetolujuus” ylittid 17,7 x 10* m; tai

2. 1C010.c kohdassa médritellyistd materiaaleista.

Huom. 1: 14002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi hartsilla kylldstetyistd hiili"kuitu- tai
-sdiemateriaaleista” valmistettuyja komposiitti-rakenteita tai -laminaatteja, jotka on
tarkoitettu lentokoneiden rakenteiden tai laminointien korjaukseen edellyttiien,
ettei niiden koko ylitd 1 m’.

Huom. 2: 14002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmiita tai puolivalmiita tuotenimikkeita,

Jotka on erityisesti suunniteltu seuraaviin puhtaasti siviilitarkoituksiin:

a. Urheilutarvikkeisiin;
b.  Autoteollisuuteen;
c. Tydstokoneteollisuuteen;

d.  Lddkinndllisiin kdyttotarkoituksiin.,

1C008.2.3 kohdassa médritellyistd fluoraamattomista polymeereistd valmistetut kalvot, levyt,
teipit tai nauhat:

a. Joiden paksuus ylittdd 0,254 mm; tai

b.  Jotka on pinnoitettu tai laminoitu hiilell4, grafiitilla, metallilla tai magneettisilla aineilla.

Huom: 14003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmisteita, jotka ovat pinnoitettu tai
laminoitu kuparilla ja suunniteltu elektronisten piirilevyjen tuotantoon.
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1A004

1A005

1A102

1A202

1A225

Muut kuin asetarvikelistassa médritellyt suojaus- ja ilmaisinlaitteet ja komponentit seuraavasti:
Huom: KATSO MYOS 2B351 JA 2B352 KOHTA.

a.  Kaasunaamarit, suodatinrasiat ja niiden puhdistuslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu
tai muunnettu suojaamaan biologisia vaikuteaineita tai "sotilaskdyttén muunneltuja"
radioaktiivisia aineita tai kemiallisen sodankdynnin (CW) vaikuteaineita vastaan, ja niitd
varten erityisesti suunnitellut komponentit;

b.  Suojapuvut, kiisineet ja jalkineet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
suojaamaan biologisia vaikuteaineita tai "sotilaskiytt6on muunneltuja" radioaktiivisia
aineita tai kemiallisen sodankidynnin (CW) vaikuteaineita vastaan;

c.  Ydinalan, biologisen ja kemian alan (NBC) ilmaisinjirjestelmat, jotka on erityisesti
suunniteltu tai muunnettu ilmaisemaan tai tunnistamaan biologisia vaikuteaineita tai
"sotilaskdytt66n sovitettuja" radioaktiivisia aineita tai kemiallisen sodankdynnin (CW)
vaikuteaineita, ja niiti varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Huom: 14004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a.  Henkilokohtaisia sdteilyannoksen valvontamittareita;
b.  Laitteita, joiden suunnittelu tai toiminta on rajoitettu suojaamaan niitd .

vaaroja vastaan, jotka ovat ominaisia siviiliteollisuudelle, kuten kaivos-,
louhinta-, maatalous-, lidke-, lddkintd-, eldinlddkintd-, ympdristo-, jatteiden
kdsittelylle tai elintarviketeollisuudelle.

Vartalohaarniskat, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin ne, jotka on
valmistettu sotilasstandardien tai -laatuvaatimusten mukaisesti tai vastaavat suoritusarvoiltaan
niita.

Huom: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

Huom. 1: 14005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi yksittdisia vartalohaarniskoja ja niiden
lisavarusteita, kun ne ovat kdyttéjansd mukana hénen henkilokohtaista
suojautumistaan varten.

Huom. 2: 14005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi vartalohaarniskoja, jotka on suunniteltu
antamaan suojaa vain edestépdin kohdistuvia, muiden kuin sotilasrdjihteiden
sirpaleita ja rdjéhdystd vastaan.

9A004 kohdassa médriteltyihin avaruuteen laukaisussa kiytettdviin kantoraketteihin tai 9A104
kohdassa médriteltyihin luotainraketteihin tarkoitetut toistokylléstetyt pyrolisoidut
hiili-hiilikomponentit.

Muut kuin 1A002 kohdassa miiritellyt, komposiittirakenteet putkina, joilla on seuraavat
ominaisuudet:

Huom: KATSO MYOS 9A010 JA 9A110 KOHTA.

a.  niiden sisghalkaisija on 75 ja 400 mm vilillg; ja
b.  ne on valmistettu 1C010.a tai b tai 1C210.a kohdassa médritellyistd "kuitu- ja
sdiemateriaaleista" tai 1C210.c kohdassa madritellyistd hiiliprepregimateriaaleista.

Platinoidut katalyytit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmisteltu edistdméén vedyn ja veden
vilistd isotooppien vaihtoreaktiota tritiumin ottamiseksi talteen raskaasta vedestd tai raskaan
veden tuottamiseksi.
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1A226

1A227

1B.

1B001

Erikoisaineet, joita voidaan kiyttd4 raskaan veden erottamiseen tavallisesta vedest ja joilla on
molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.  ne on tehty fosforipronssiverkosta, joka on kasitelty kemiallisesti vettyvyyden
parantamiseksi; ja
b.  ne on suunniteltu kiytettdvaksi tyhjstislauskolonneissa.

Korkeatiheyksiset (lyijylasista tai muusta aineesta valmistetut) siteilysuojaikkunat, joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet sek ndit4 varten erityisesti suunnitellut puitteet:

a. 'kylma (siteilylts suojattu) ala’ on suurempi kuin 0,09 m*
b. tiheys suurempi kuin 3g/cm® ja
c.  paksuus 100 mm tai suurempi.

Tekn. huom:
14227 kodassa termilld 'kylmd ala’ tarkoitetaan ikkunan ldpindkyvdd alaa, joka on altistuneena
alhaisimmalle sdteilytasolle mallisovelluksessa.

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

Seuraavat 1A002 tai 1C010 kohdassa méériteltyjen kuitujen, prepregien, preformien tai
"komposiittien" tuotantolaitteet ja niit4 varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:
Huom: KATSO MYOS 1B101 JA 1B201 KOHTA.

a.  Kuitujen kéiimintdkoneet, joissa kddmittdvien kuitujen asettelu-, kiedonta- ja
kidmintiliikkeet ovat koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa kolmen tai useamman akselin
suhteen ja jotka on erityisesti suunniteltu "komposiitti"rakenteiden tai -laminaattien
valmistukseen "kuitu- tai siiemateriaaleista";

b.  Nauhapéllystys- tai rohdin-asettelukoneet, joissa teipin, rohtimien tai levyjen asemointi-
ja asetteluliikkeet ovat koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa kahden tai useamman akselin
suhteen ja jotka on erityisesti suunniteltu "komposiittisten" lentokoneenrunko- tai
‘ohjus'rakenteiden valmistukseen;

Huom: 1B001.b kohdassa 'ohjus’ tarkoittaa téydellisid rakettijdirjestelmid ja
miehittdmdttomid ilma-alusjdrjestelmid.

c. "Komposiitti"rakenteiden valmistukseen tarkoitetut monisuuntaiset ja monidimensioiset
kutoma- taj punontakoneet kuitujen kudontaa, punontaa tai palmikointia varten sekd
ndiden koneiden adapterit ja muunnossarjat;

Huom: 1B001.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi tekstiilikoneita, joita ei ole
muunnettu ylld mainittuja loppukdyttdjd varten.
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1B001

1B002

1B003

1B101

Jjatkuu
d.  Seuraavat lujitekuitujen tuotantoa varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut laitteet:

1. Laitteet, joilla polymeerikuituja (kuten polyakryylinitriili, raion, hartsi tai
polykarbosilaani) muutetaan hiilikuiduiksi tai piikarbidikuiduiksi, mukaan lukien
erikoislaitteet, joilla kuituja jinnitetdsn kuumennuksen aikana;

2.  Laitteistot, joilla valmistetaan piikarbidikuituja pinnoittamalla kuumennettuja
kuitusubstraatteja alkuaineilla tai yhdisteilld kemiallista kaasufaasipinnoitus-
menetelmii (CVD) kéyttéen;

3. Laitteet, joilla mirkidkehritdsn tulenkestiivid keraameja (kuten alumiinioksidia);

4.  Laitteet, joilla esikuituja sisiltivi alumiini muutetaan ldmpokisittelylld
alumiinioksidikuiduiksi;

e. Laitteet, joilla tuotetaan kuumasulatusmenetelmilld 1C010.e kohdassa médriteltyjd
prepregej;

f. Ainetta rikkomattomat tarkastuslaitteet, joilla voidaan tarkastella valmistusvirheitd
kolmessa ulottuvuudessa ultradsini- tai rontgentomografiaa kéyttden, ja jotka on erityisesti
suunniteltu "komposiitti"materiaaleja varten.

1C002.a.2, 1C002.b tai 1C002.c kohdassa midriteltyjen metalliseosten, metalliseosjauheiden tai
seostettujen materiaalien tuottamiseen erityisesti suunnitellut jirjestelmit ja niiden komponentit,
jotka on erityisesti suunniteltu kontaminaation vilttimiseen.

Huom:  KATSO MYOS 1B102 KOHTA.

Titaanin tai alumiinin tai niiden seosten "superplastista muovausta" tai "diffuusioliittdmistd"
varten tarkoitetut tySkalut, suuttimet, muotit tai kiinnikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu:

a. Lentokoneiden runko- tai avaruusalusten rakenteiden valmistamiseen;

b. "Lentokoneiden" tai avaruusalusten moottorien valmistamiseen; tai

c.  Niitd rakenteita tai moottoreita varten erityisesti suunniteltujen komponenttien
valmistamiseen.

Seuraavat, muut kuin 1B001 kohdassa maéritellyt laitteet rakenteellisten komposiittien
"tuotantoa" varten sekd niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:
Huom: KATSO MYOS 1B201 KOHTA.

Huom: 1B101 kohdassa mddriteltyihin komponentteihin ja varusteisiin siscltyvdit muotit,
tuurnat, suukappaleet, kiinnittimet ja tyckalut komposiittirakenteiden,
-laminaattien ja niiden valmisteiden preformien puristamista, kovettamista,
valamista, sintraamista tai liittdmistd varten.

a.  Kuidunk#dmintikoneet, joissa kuidun asemointi-, kddrint4- ja kddmintéliikkeet voidaan
koordinoida ja ohjelmoida kolmen tai useamman akselin suhteen ja jotka on suunniteltu
valmistamaan komposiittirakenteita tai -laminaatteja kuitu- tai sdiemateriaaleista, sekd
koordinoinnin ja ohjelmoinnin ohjaukset;
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1B101

1B102

1B115

Jjatkuu

b.

Nauhapiillystyskoneet, joissa nauhan tai levyn asettelu- ja asemointiliikkeet voidaan
koordinoida ja ohjelmoida kahden tai useamman akselin suhteen ja jotka on suunniteltu
komposiittisten lentokoneiden ja "ohjusten" runkorakenteiden valmistusta varten;

Seuraavat "kuitu- tai sdiemateriaalien" "tuotantoa" varten suunnitellut tai muunnetut
laitteet:

1.  Laitteet, joilla muunnetaan polymeerikuituja (esim. polyakryylinitriilid, raionia tai
polykarbosilaania), erityisesti kuitua kuumennuksen aikana jéannittden;

2. Laitteet, joiden avulla kuumennettuja sdiesubstraatteja hyrypinnoitetaan
alkuaineilla tai yhdisteilld;

3. Laitteet, joiden avulla voidaan mirkékehriti tulenkestévid keraameja (kuten esim.
alumiinioksidia);

Laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu kuitujen erityispintakasittely varten tai

9C110 kohdassa midriteltyjen prepregien ja preformien tuottamista varten.

Huom: 1B101.d kohtaan sisdltyvdt valssaimet, venytyslaitteet, pddllystyslaitteet,
leikkurit ja meistimuotit,

Muut kuin 1B002 kohdassa méiritellyt metallijauheen “tuotantolaitteet”, joita voidaan

kayttdd 1C011.a, 1CO11.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 kohdassa tai asetarvikeluettelossa
médriteltyjen pallomaisten tai hivennettyjen materiaalien “tuotantoon” valvotussa ymparistossa.
Huom:  KATSO MYOS 1B115.b KOHTA.

Huom: 1B102 kohtaan sisdltyviit:

a. Plasmageneraattorit (suuritaajuinen kaarisuihku), joita voidaan kdyttdd
aikaansaamaan sputteroituja tai pallomaisia metallijauheita siten, ettd prosessi
tehdddin argon-vesiympdristéssd;

b. Sahkopurkauslaitteistot, joita voidaan kéyttid aikaansaamaan sputteroituja tai
pallomaisia metallijauheita siten, ettd prosessi tehdddn argon-vesiympdristossd;
c.  Laitteet, joita voidaan kayttid pallomaisten alumiinijauheiden "tuotantoon”

pulverisoimalla sula suojakaasussa (esim. typessd).

Seuraavat muut kuin 1B002 tai 1B102 kohdassa méiiritellyt laitteet ajoaineiden ja niiden
ainesosien tuotantoa varten ja niiti varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

”Tuotantolaitteet” 1C011.a, 1C011.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa
médriteltyjen nestemdisten ajoaineiden ja niiden ainesosien “tuotantoa”, kisittelyi tai
vastaanottotestausta varten;

*Tuotantolaitteet” 1C011.a, 1C011.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa
méériteltyjen kiinteiden ajoaineiden ja niiden ainesosien
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1B11S

1B116

1B117

1B118

1B119

1B201

b.  jatkuu

“tuotantoa”, kisittelyd, sekoittamista, kovettamista, valamista, préssédysti, tydstimist,

puristamista tai vastaanottotestausta varten.

Huom: 1B115.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi erdsekoittimia, jatkuvatoimisia
sekoittimia tai neste-energiamyllyjd. Erdsekoittimien, jatkuvatoimisten
sekoittimien ja neste-energiamyllyjen valvonnan osalta katso 1B117, 1B118
Jja 1B119 kohta.

Huom. 1:  Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu asetarvikkeiden tuotantoa varten: katso
asetarvikeluettelo. '

Huom. 2:  1B115 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi boorikarbidin "tuotantoon”, kasittelyyn ja
hyvdksymistestaukseen tarkoitettuja laitteita.

Erityisesti suunnitellut suuttimet, joilla tuotetaan pyrolyysimenetelmélld muodostuvia aineita
muotille, tunrnalle tai muulle substraatille vilituotekaasuista, jotka hajoavat
1573 K (1300 C)-3 173 K (2 900 C) asteen ldmpétila-alueella ja 130 Pa:n—20 kPa:n paineessa.

Erisekoittimet, joiden on pystyttivi sekoittamaan tyhjossd painealueella nollasta
13 326 kPa:iin ja joiden sekoituskammion limpétilaa voidaan s##ti ja joilla on kaikki
seuraavista ominaisuuksista:

a.  Kokonaistilavuuskapasiteetti 110 litraa tai enemmén,; ja
b.  Ainakin yksi keskustasta sivuun asennettu sekoitus/vaivausvarsi.

Jatkuvatoimiset sekoittimet, joiden on pystyttiva sekoittamaan tyhjdssé painealueella nollasta
13 326 kPa:iin ja joiden sekoituskammion ldmpétilaa voidaan sdtds ja joilla on kaikki
seuraavista ominaisuuksista :

a.  Kaksi tai useampia sekoitus/vaivausvarsia; ja
b.  Niiden sekoituskammio voidaan avata.

Neste-energiamyllyt, joita voidaan kéyttd4 1C011.a, 1C011.b tai 1C111 kohdassa tai
asetarvikeluettelossa médriteltyjen aineiden jauhamiseen tai hienontamiseen.

Seuraavat muut kuin 1B001 tai 1B101 kohdassa méritellyt kuidunkdémintdkoneet ja niihin
liittyvit laitteet:

a.  Kuidunkdi@mintikoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. kuitujen asemointi, kddrintd ja kddmintd on koordinoitu ja ohjelmoitu kahden tai
useamman akselin suhteen;
2. ne on erityisesti suunniteltu komposiittirakenteiden tai -laminaattien valmistamiseen
"kuitu- tai séiemateriaaleista"; ja
3. ne pystyvit kdimimiin 75-400 mm:n lapimittaisia ja 600 mm:n pituisia tai
suurempia lieridmiisii roottoreita,

b.  1B201.a kohdassa médriteltyjen kuidunkéigmintikoneiden koordinointi- ja
ohjelmointilaitteet;

c. 1B201.a kohdassa médriteltyjen kuidunkdsmintikoneiden tarkkuustuurnat.
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1B225

1B226

1B227

1B228

1B229

Elektrolyysikennot fluorin tuotantoa varten, joiden tuotantokapasiteetti on suurempi kuin 250 g
fluoria tunnissa.

Sahkomagneettiset isotooppierottimet, jotka on suunniteltu toimimaan tai varustettu yhdelli tai
useilla ionildhteilld, joilla voidaan saada aikaan 50 mA:n tai suurempi ionisuihkun
kokonaisvirta.

Huom: 1B226 kohta sisdltdd erottimet:
a.  Jotka pystyvit rikastamaan pysyvid isotooppeja;
b.  Joissa ionildhteet ja -kerddjdt ovat kummatkin magneettikentdssd, sekd ne
konfiguraatiot, joissa ne ovat kentcn ulkopuolella.

Ammoniakin syntetisointikonvertterit tai ammoniakin syntetisointiyksikét, joissa synteesikaasu
(typpi ja vety) saadaan korkeapaineisesta ammoniakki/vety-vaihtokolonnista ja syntetisoitu
ammoniakki palautetaan samaan kolonniin.

Kryogeeniset vetytislauskolonnit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Ne on suunniteltu toimimaan 35 K (-238 C) asteen tai sit4 alhaisemmissa sisdisissd
lampétiloissa;

b. Ne on suunniteltu toimimaan 0,5-5 MPa:n sisdisessi paineessa;

c. Ne on valmistettu joko:
1. 300-sarjan vdharikkisestd ruostumattomasta teriiksesti, jonka austeniittinen ASTM:n

(tai vastaavan standardin) mukainen raeckokoluku on 5 tai suurempi; tai

2. Vastaavista kryogeenisistd ja vetyd (H,) kestdvisti materiaaleista; ja

d. Sisghalkaisija on 1 m tai suurempi ja tehollinen pituus 5 m tai pitempi.

Seuraavat vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnit seki niiden 'sis#kosketuspinnat':

Huom: Erityisesti raskaan veden tuottamista varten suunnitellut tai valmistetut kolonnit:
katso 0B004 kohta.
a. Vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. niiden kéyttdpaine on 2 MPa tai suurempi;

2. neon valmistettu hiiliterdksests, jonka austeniittinen ASTM:n (tai vastaavan
standardin) mukainen raekokoluku on § tai suurempi; ja
3. niiden halkaisija on 1.8 m tai suurempi;

b.  1B229.a kohdassa médriteltyjen vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnien 'sisikosketuspinnat'.
Tekn. huom:
Kolonnien 'sisdkosketuspinnat’ ovat segmentoituja pohjia, joiden tehollinen halkaisija
koottuna on 1,8 m tai enemmdn; ne on suunniteltu helpottamaan vastavirtakosketusta ja
ne on valmistettu ruostumattomista terdksistd, joiden hiilipitoisuus on 0,03 prosenttia tai
vihemmdn. Pohjat voivat olla seula-, venttiili-, kello-, ja ritildpohjia.
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1B230

1B231

1B232

1B233

Nesteammoniakkiin liuotetun vékevin tai laimean kaliumamidikatalyytin (KNH,/NH;)
kierrattimiseen kykenevét pumput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a.  Ne ovat ilmatiiviitd (so. hermeettisesti suljettuja),
b. Pumppausteho on suurempi kuin 8,5 m*/h; ja
c.  Jompi kumpi seuraavista ominaisuuksista:
1. Ne on tarkoitettu viikevien (1 % tai suurempi pitoisuus) kalivmamidilivosten
kierréttimiseen 1,5-60 MPa:n kiyttdpaineella; tai
2. Laimeiden (pitoisuus vahemman kuin 1 %) kaliumamidiliuosten kierrittimiseen
20-60 MPa:n kéyttdpaineella.

Seuraavat tritiumlaitokset tai -tehtaat ja niissi kiytettdvit laitteet:

a. Laitokset tai tehtaat, joissa tuotetaan, otetaan talteen, uutetaan, rikastetaan tai kisitellasn
tritiumia,

b.  Tritiumlaitosten tai -tehtaiden laitteet seuraavasti:
1. Vedyn tai heliumin jaghdytysyksikét, joissa limpétila saadaan lasketuksi 23 K
(-250 C) asteeseen tai alhaisemmaksi ja joiden limm&npoistokyky on suurempi
kuin 150 W;
2. Vetyisotooppien varastointi- ja puhdistusjirjestelmit, joissa varastointiin tai
puhdistukseen kiytetid4n metallihydrideji.

Turboh&yrystimet tai turboh$yrystin-kompressoriyhdistelmit, joilla on molemmat seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Ne on tarkoitettu kiytettiviksi siten, ettd ulostulolimpétila on 35 K (-238°C) tai
alhaisempi; ja
b.  Ne on tarkoitettu tuottamaan vetykaasua 1 000 kg/h tai enemmiin.

Litiumisotooppien erotukseen kiytettivit laitokset tai tehtaat ja niissd kiytettivit laitteet
seuraavasti:

a.  Laitokset tai tehtaat litiumisotooppien erottamiseen;

b.  Laitteet lititumisotooppien erottamiseen seuraavasti:
1. Erityisesti litiumamalgaameja varten suunnitellut pakatut neste-neste erotuskolonnit,
2. Elohopea- tai litumamalgaamipumput,
3. Litiumamalgaamielektrolyysikennot,
4. Haihduttimet vakevii littumhydroksidiliuoksia varten.
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1C

1C001

Materiaalit
Tekn. huom.

Metallit ja metalliseokset:
Ellei toisin sdddetd, 1C001-1C012 kohdassa sanat ‘metalli’ ja 'metalliseos’ kattavat seuraavat
raa'at ja puolivalmistemuodot:

Raa'at muodot:

Anodit, harkot, kanget (mukaan lukien lovetut kanget ja lankaharkot), valanteet, lohkareet,
raakatangot, briketit, katodit, kiteet, kuutiot, rouheet, jyviset, valuharkot, kokkareet, pelletit,
raakametalliharkot, pulveri, sulakuoret, valurakeet, valssausaihiot, puristusharkot, sieni,
sauvat;

Puolivalmistemuodot (riippumatta siitd ovatko ne pinnoitettuja, pédllysteityja, porattuja tai

lavistettyja):

a. Taotut tai tyOstetyt materiaalit, jotka on valmistettu valssaamalla, vetimalld,
suulakepuristamalla, takomalla, kylmdpursottamalla, meistimdlld, rouhimalla,
hiventdmdlld, ja jauhamalla, so.: kulmakiskot, kourut, pyoryldt, kiekot, poly, hiutaleet, foliot
Ja ohutlevy, taos, levy, pulveri, puristeet ja meistot, nauha, renkaat, tangot (mukaan lukien
paljaat hitsauslangat, valssilangat, ja valssivanungit), muotometallit, profiilit, levyt ja putket
(mukaan lukien putkikehdt, nelickanget, ja ontot palkit), vedetyt tai puristetut langat;

b. Valettu materiaali, joka on tuotettu valamalla hiekka-, suulake-, metaili-, kipsi- tai muun
tyyppiselld muotilla, mukaan lukien korkeapainevalokset, sintratut muodot ja
pulverimetallurgialla aikaansaadut muodot.

Valvonnan tavoitetta ei tule kumota viemdlld muita kuin lueteltuja muotoja, joiden vditetciéin
olevan lopullisia tuotteita, vaikka ne kéytinndssd ovat raakoja muotoja tai
puolivalmistemuotoja.

Seuraavat sihkdmagneettisia aaltoja absorboiviksi erityisesti suunnitellut materiaalit tai
itseisjohtavat polymeerit:
Huom: KATSO MYOS 1C101 KOHTA.

a.  Materiaalit, jotka absorboivat yli 2 x 10°, mutta alle 3 x 10" hertsin taajuuksia;
Huom 1:  1C001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a. Luonnon- tai synteettisistd kuiduista rakentuvia hiustyyppisid
absorboivia materiaaleja, joiden absorptiokyky on saatu aikaan
ei-magneettisella tayteaineella;

b.  Absorboivia materiaaleja, joilla ei ole lainkaan magneettista haviotd,
Jja joiden kohtauspinta ei ole muodoltaan taso, mukaan lukien
pyramidi-, kartio-, kiila- sekd poimuiset pinnat;

c. Tasopintaisia absorboivia materiaaleja:

1. Jotka on valmistettu:

a. Taipuisista tai jaykistd vaahtomuoveista, joissa
tiyteaineena on hiili, tai orgaanisista materiaaleista,
sideaineet mukaanlukien, jotka antavat metalliin verrattuna
Yli 5 %:n kaiun kaistalla, joka on yli + 15 % kohtaavan
energian keskitaajuudesta, ja jotka eivat kestd yli 450 K
(177 C) asteen lampdtiloja; tai
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1C001

1C002

a. Huom1: «c. 1.  jatkuu

b. Keraamisista materiaaleista, jotka antavat metalliin
verrattuna yli 20 %:n kaiun kaistalla, joka on yli
* 15 % kohtaavan energian keskitaajuudesta, ja jotka eivit
kestd 800 K (527 C) asteen ylittivid lampotiloja;
Tekn. huom:
1C001.a kohdan 1.c.1 huomautuksessa tarkoitettujen
absorptiotestindytteiden tulee olla nelibitd, joiden sivun pituus
on vdhintddn 5 keskitagjuuden aallonpituutta, ja ne tulee
asettaa sdteilevin elementin kaukokenttcicin.
2. Joiden vetolujuus on pienempi kuin 7 x 10° N/m’; ja
3. Puristuslujuus on pienempi kuin 14 x 10° N/m’;
d.  Sintratusta ferriitistd valmistetut tasopintaiset absorboivat materiaalit
joiden:
1. Ominaispaino ylittid 4,4; ja
2. Maksimitoimintalimpétila on 548 K (275 C) astetta.
Huom 2:  Mikddn 1C001.a kohtaa koskevassa huomautuksessa 1 ei vapauta maaliin
sisallytettyji magneettisia materiaaleja, joiden tarkoitus on tehddi se
absorbtiokykyiseksi.

b. Materfaalit, jotka absorboivat yli 1,5 x 10 Hz:n, mutta alle 3,7 x 10" Hz:n taajuuksia, ja
jotka eivit ldpdise nikyvii valoa;

c. Itseisjohtavat polymeerimateriaalit, joiden 'kokonaissahkonjohtokyky" ylittéi
10 000 S/m (siemensid metrié kohti) tai 'pintaresistiivisyys' on alle 100 ohmia/m?, ja jotka
perustuvat johonkin seuraavista polymeereisti:

1. Polyaniliini;

2. Polypyroli;

3. Polytiofeeni;

4. Polyfenyleenivinyleeni; tai
5. Polytienyleenivinyleeni.

Tekn. huom.
'Kokonaissdhkonjohtokyky' ja 'pintaresistiivisyys' tulee mdidritelld
ASTM D-257:n tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti,

Seuraavat metalliseokset, metalliseosjauheet tai seostetut materiaalit:
Huom: KATSO MYOS 1C202 KOHTA.

Huom: 1C002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi metalliseoksia, metalliseosjauheita tai
seostettuja materiaaleja, jotka on tarkoitettu substraattien pinnoitukseen.

a. Seuraavat metalliseokset:

1. Seuraavat nikkeli- tai titaanipohjaiset aluminidiseokset raaka-aineena tai
puolivalmisteina:

a.  Nikkelialuminidit, jotka sisltivit vihintdsin 15 painoprosenttia alumiinia,
korkeintaan 38 painoprosenttia alumiinia ja vahintdsn yhden
liséseosalkuaineen;

b.  Titaanialuminidit, jotka sisaltdvat 10 painoprosenttia tai enemmén alumiinia

ja vdhintéén yhden lisiseosalkuaineen;
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1C002

a.

jatkuu

2.

Tekn

Seuraavat metalliseokset, jotka on valmistettu 1C002.b kohdassa maritellyists
metalliseosjauheista tai hiukkasmaisista materiaaleista:

a.  Nikkeliseokset, joiden:
1. Jannitysmurtumaiks on 10 000 tuntia tai enemmin
923 K (650 C) asteen limpétilassa rasituksen ollessa 676 MPa; tai
2. Low cycle -visymisikd on 10 000 jaksoa tai enemmén
823 K (550 C) asteen lampétilassa maksimirasituksen ollessa
1 095 MPa;

b.  Niobiumseokset, joiden:
1. Jannitysmurtumaiki on 10 000 tuntia tai enemmin
1073 K (800 C) asteen lampétilassa rasituksen ollessa 400 MPa; tai
2. Lowcycle -visymisiki on 10 000 jaksoa tai enemmin
973 K (700 C) asteen limpétilassa maksimirasituksen ollessa

700 MPa;
c.  Titaaniseokset, joiden:
1. Jénnitysmurtumaiki on 10 000 tuntia tai enemméin

723 K (450 C) asteen ldmpdotilassa rasituksen ollessa 200 MPa; tai
2. Low cycle -visymisiki on 10 000 jaksoa tai enemmén

723 K (450 C) asteen lampétilassa maksimirasituksen ollessa

400 MPa;

d.  Alumiiniseokset, joiden vetolujuus on:
1. 240 MPa tai enemmén ldmpétilan ollessa 473 K (200 C) astetta; tai
2. 415 MPa tai enemmén lampétilan ollessa 298 K (25 C) astetta;

e.  Magnesiumseokset, joiden vetolujuus on 345 MPa tai enemmin ja
sy6pymisnopeus on vihemmiin kuin 1 mm/vuosi 3 %:sessa natriumkloridin
vesiliuoksessa mitattuna ASTM-standardin G-31 tai vastaavan kansallisen
standardin mukaisesti;

. huom:

Metalliseokset 1C002.a kohdassa ovat niitd, joissa mainitun metallin
painoprosentti on suurempi kuin minkddn muun aineen.

Jéannitysmurtumaikd mitataan ASTM-standardin E-139 tai vastaavien standardien
mukaisesti.

Vasymisikd mitataan ASTM-standardin E-606 'Recommended Practice for
Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing' mukaisesti tai vastaavien
kansallisten standardien mukaisesti. Testauksen tulee olla aksiaalinen,
keskimddrdisen jannityssuhteen 1 ja jannityksen keskityskertoimen (K,) 1.
Keskimddrdinen jinnityssuhde mddritellddn maksimijénnityksen ja
minimijdnnityksen erotuksen sekd maksimijénnityksen osamddirdnd,
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1C002 jatkuu

b.

Seuraavat metalliseosjauheet tai hiukkasmaiset materiaalit, joita kiytetdéin 1C002.a
kohdassa médritellyissd materiaaleissa:

1. Jotka on tehty jostakin seuraavista seossysteemeistd:

Tekn. huom:
Seuraavissa kaavoissa X tarkoittaa yhtd tai useampaa seosalkuainetta.

a.  Nikkeliseokset (Ni-Al-X, Ni-X-Al), jotka ovat turbiinimoottorien osiksi
sopivia, eli joissa on vahemman kuin 3 (valmistusprosessin aikana lisétty#)
kooltaan yli 100 pm olevaa epimetallipartikkelia 10° seospartikkelia kohti;

b.  Niobiumseokset (Nb-Al-X tai Nb-X-Al, Nb-Si-X tai Nb-X-Si,

Nb-Ti-X tai Nb-X-Ti);
c. Titaaniseokset (Ti-Al-X tai Ti-X-Al);
d.  Alumiiniseokset (Al-Mg-X tai Al-X-Mg, Al-Zn-X tai Al-X-Zn,
Al-Fe-X tai Al-X-Fe); tai
e. Magnesiumseokset (Mg-Al-X tai Mg-X-Al); ja
2. Jotka on valmistettu kontrolloiduissa olosuhteissa jollakin seuraavista prosesseista:

a. "Tyhj6éatomisointi";

b. "Kaasuatomisointi";

c. "Pydrivé atomisointi"”;

d. "Liimiyssammutus";

e. "Sulakehréys" ja "jauhatus";

f. "Sulaerotus" ja "jauhatus"; tai

g. "Mekaaninen seostus";

Seostetut materiaalit hienontamattomina hiutaleina, nauhoina tai ohuina tankoina, jotka
on tuotettu kontrolloidussa ympiristdssi "ldiméyssammutus”-, "sulakehréys"- tai
"sulaerotus"menetelmalld, ja joita kytetdzn 1C002.b kohdassa maériteltyjen
metalliseosjauheiden tai hiukkasmaisten materiaalien valmistuksessa.

1C003  Kaikentyyppiset ja -muotoiset magneettiset metallit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Suhteellinen alkupermeabiliteetti 120 000 tai enemmén ja paksuus 0,05 mm tai

vihemmin;
Tekn. huom:

Alkupermeabiliteetin mittaus on suoritettava tdysin hehkutetuilla materiaaleilla.
Magnetostriktiiviset metalliseokset, joiden:

1. Magnetostriktiivinen saturaatio on enemmén kuin 5 x 10*; tai

2. Magnetomekaaninen kytkentikerroin (k) on enemmén kuin 0,8; tai
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1C003

1C004

1C005

jatkuu

c.  Amorfiset tai 'nanokiteiset' metalliseosnauhat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Koostumuksesta vahintién 75 painoprosenttia on rautaa, kobolttia tai nikkelig;
2. Magneettisen induktion saturaatio (B) on 1,6 T tai enemman; ja
3. Jokin seuraavista:

a. Nauhapaksuus on 0,02 mm tai vihemmén; tai

b.  Ominaisresistanssi on 2 x 10" ohmi cm tai enemmin.
Tekn. huom;
1C003.C kohdassa 'nanokiteiset’ materiaalit ovat sellaisia materiaaleja, joiden
réntgendiffraktiolla médritelty kideraekoko on 50 nm tai vihemmdin.

Uraani-titaaniseokset tai volframiseokset, joilla on rauta-, nikkeli- tai kuparipohjainen "matriisi"
jajoiden:

Tiheys ylittid 17,5 g/em?®;
Elastisuusraja ylittd4 880 MPa;
Murtolujuus ylittds 1 270 MPa; ja
Venym4 ylittdd 8 %.

o o

Seuraavat yli 100 m pitkt tai yli 100 g:n painoiset "suprajohtavat" "komposiitti"- johtimet:

a.  Monikuituiset "suprajohtavat" "komposiitti"johtimet, jotka sisaltdvat yhden tai useamman
niobium-titaanikuidun:
1. Joka on istutettu muuhun "matriisiin" kuin kupari- tai kuparipohjaiseen
"matriisiin"; tai
2. Jonka poikkileikkauksen pinta-ala on vihemmin kuin 0,28 x 10" mm? (pydreiden
kuitujen halkaisija on vahemmin kuin 6 pm);

b. Yhdesti tai useammasta, muusta kuin niobium-titaanista valmistetusta "suprajohtavasta"
kuidusta koostuvat "suprajohtavat" "komposiitti"johtimet:
1. Joiden "kriittinen limpétila" magneettisen induktion nollapisteessd ylittdd 9,85 K
(263,31 C) astetta, mutta on vihemman kuin 24 K (-249,16 C) astetta;
2. Joiden poikkileikkauksen pinta-ala on vihemmaén kuin 0,28 x 10* mm?% ja
3. Jotka pysyvit "suprajohtavassa" tilassa 4,2 K (-268,96 C) asteessa, kun ne
asetetaan magneettikenttdin, jonka magneettinen induktio on 12 T.
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1C006 Seuraavat nesteet ja voiteluaineet:
a.  Hydraulinesteet, jotka sisiltdvit perusainesosanaan jotain seuraavista yhdisteisti tai
aineista:
1. Synteettiset pii-hiili-vety-6ljyt, joiden:
1C006.a.1 kohdassa pii-hiili-vety-6ljyt sisdltévit pelkdstddn piitd, vetyd ja hiiltd.
a.  Leimahduspiste ylittds 477 K (204 C) astetta;
b.  Jahmepiste on 239 K (-34 C) astetta tai alempi;
c.  Viskositeetti-indeksi on 75 tai enemmin; ja
d. Terminen stabiliteetti on 616 K (343 C) astetta; tai
2. Kloori-fluori-hiili-yhdisteet:
Tekn. huom:
1C006.a.2 kohdassa kloori-fluori-hiili-yhdisteet sisdltévit pelkdstdcdn klooria,
Sluoria ja hiiltd.
a.  Joilla ei ole leimahduspistetti;
b.  Joiden itsesyttymislampétila on yli 977 K (704 C) astetta;
c.  Joiden jihmepiste on 219 K (-54 C) astetta tai alempi;
d.  Joiden viskositeetti-indeksi on 80 tai enemmin; ja
e.  Joiden kichumispiste on 473 K (200 C) astetta tai korkeampi;
b.  Voiteluaineet, jotka sisiltivit perusainesosanaan jotain seuraavista yhdisteisti tai
aineista:
1. Fenyleeni- tai alkyylifenyleenieetterit tai -tioeetterit tai niiden seokset, jotka
siséltavit enemmén kuin kaksi eetteri- tai tioeetterifunktiota tai niiden seosta; tai
2. Fluoratut silikoninesteet, joiden kinemaattinen viskositeetti on vihemmin kuin
5000 mm?s (5 000 senttistokea) 298 K (25 C) asteen limpétilassa mitattuna;
c.  Hoyrystys- tai vaahdotusnesteet, joiden puhtaus ylittid 99,8 %, jotka siséltavit
100 millilitrassa vahemmén kuin 25 kooltaan 200 pm tai suurempaa partikkelia, ja jotka
on valmistettu vahintdéin 85-prosenttisesti jostakin seuraavista yhdisteisti tai aineista:
I. Dibromitetrafluorietaani;
2. Polyklooritrifluorietyleeni (vain 6ljyiset tai vahamaiset muunnokset); tai
3. Polybromitrifluorietyleeni;
d.  Elektroniikan fluori-hiili-jd&hdytysnesteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Sisiltavit 85 painoprosenttia tai enemmén jotakin seuraavista tai niiden seoksista:
a.  Monomeerimuotoisia perfluoripolyalkylieetteri-triatsiineja tai
perfluorialifaatti-eettereit;
b.  Perfluorialkyyliamineita;
c.  Perfluorisykloalkaaneja; tai
d.  Perfluorialkaaneja;
2. Tiheys 298 K (25 C) asteessa on 1,5 g/ml tai enemmiin;
Nestemdisessi tilassa 273 K (0 C) asteessa; ja
4. Sisgltdvit 60 painoprosenttia tai enemmin fluoria.

w



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 60

1C006

1C007

Jjatkuu

Tekn. huom:

1C006 kohdassa:

a.  Leimahduspiste mddritetddn ASTM D-92:n kuvaamalla Cleveland Open cup- tai
vastaavilla kansallisilla menetelmilld.

b Jdhmepiste mddritetdin ASTM D-97:n kuvaamalla tai vastaavilla kansallisilla
menetelmilld.

c. Viskositeetti-indeksi mddritetddn ASTM D-2270:n kuvaamalia tai vastaavilla kansallisilla
menetelmilld.

d Terminen stabiliteetti mddritetddn seuraavalla koemenettelylld tai vastaavilla
kansallisilla menetelmilld:
20 ml testattavaa nestettd asetetaan 46 ml:n vetoiseen ruostumattomasta tercksestd
(tyyppid 317) valmistettuun kammioon, joka sisdltdic yhden tyokaluteréksisen (M-10),
Yhden terdksisen (52100) ja yhden laivapronssisen (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn)
nimellislapimitaltaan 12,5 mm kuulan.
Kammio tyhjennetddn typen avulla ja suljetaan (yhden) ilmakehdn paineeseen, ja
lampotila nostetaan 644 + 6 K (371 + 6 C) asteeseen kuudeksi tunniksi, Néytettd pidetéicin
termisesti stabiilina, jos kaikki seuraavat ehdot téyttyvat:

1. Kunkin kuulan paino vihenee vihemmdn kuin 10 mg kuulan pinnan yhti mm’
kohti;
2. Alkuperdisen, 311 K (38 C) asteessa mddiritetyn viskositeetin muutos on véihemmdn
kuin 25 %; ja ' ’
3. Kokonaishappo- tai -emdisluku on vahemmdin kuin 0,40. ‘ ;
e Itsesyttymislampatila madritetidn ASTM E-659:n kuvaamalla tai vastaavilla kansallisilla
menetelmilld.

Seuraavat keraamiset perusmateriaalit, keraamiset ei-"komposiitti"materiaalit, keraamiset
"matriisi""komposiitti"materiaalit ja viliaineet:
Huom: KATSO MYOS 1C107 KOHTA.

a.  Yksinkertaisten tai kompleksisten titaaniboridien perusmateriaalit, joiden metallisten
epédpuhtauksien kokonaismérd, tarkoituksellisia lisdaineita lukuunottamatta, on
vihemmin kuin 5 000 ppm, keskimé&rdinen partikkelikoko on 5 mikrometrig tai
vahemmin, ja korkeintaan 10 % hiukkasista on kooltaan suurempia kuin 10 mikrometris;

b.  Titaaniborideista koostuvat keraamiset ei-"komposiitti"materiaalit raaka-aineena tai
puolivalmisteina, joiden tiheys on 98 % tai enemmin teoreettisesta tiheydests;
Huom: 1C007.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi hioma-aineita.

c.  Keraami-keraami-"komposiitit", joilla on lasi- tai oksidi"matriisi" ja jotka on lujitettu
jonkin seuraavien jirjestelmien kuiduilla:
1. Si-N;
2. Si-C;
3. Si-Al-O-N;tai
4, Si-O-N;
joiden ominaismurtovetolujuus ylittss 12,7 x 10° m;

d.  Keraami-keraami -"komposiitti"materiaalit, joilla on tai ei ole jatkuvaa metallifaasia, ja
jotka sisdltavit hienojakoisena minki tahansa kuitumaisen tai whiskers-tyyppisen
materiaalin hiukkasia tai faaseja, ja joissa "matriisin" muodostavat piin, zirkoniumin tai
boorin karbidit tai nitridit;
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e. Seuraavat viliaineet (erikoispolymeeri- tai metalliorgaaniset materiaalit), jotka on
tarkoitettu 1C007.c kohdassa méériteltyjen materiaalien jonkin faasin tai faasien
valmistamiseen: ;

1. Polydiorganosilaanit (piikarbidin valmistukseen);

2. Polysilatsaanit (piinitridin valmistukseen);

3. Polykarbosilatsaanit (pii-, hiili- ja typpikomponentteja siséltivien keraamisten
aineiden valmistukseen).

f. Keraami-keraami "komposiitti"materiaalit, joilla on oksidi- tai lasi"matriisi", joka on
lujitettu jonkin seuraavien jérjestelmien jatkuvilla kuiduilla:

1. A1203; @
2.  Si-C-N.
Huom: 1C007.f kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "komposiitteja", jotka siséltéviit
ndiden jdrjestelmien kuituja, joiden vetolujuus on vihemmdn kuin 700 Mpa
1273 K (1 000 C) asteen ldmpotilassa tai virumisvastus on enemmdn kuin
1 %:n virumisvenymd 100 Mpa:n kuormallaja 1 273 K (1 000 C) asteessa
100 tunnin aikana.
1C008 Seuraavat fluoraamattomat polymeeriset aineet:
a. 1. Bismaleimidit;
2. Aromaattiset polyamidi-imidit;
3. Aromaattiset polyimidit;
4. Aromaattiset polyeetteri-imidit, joiden lasiutumislampétila (T,) ylittad
513 K (240 C) astetta kiyttden standardissa ASTM D 3418 kuvattua
kuivamenetelmis;
Huom: 1C008.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi sulamattomia
muottipuristusjauheita tai puristeita.

b.  Termoplastiset nestekidesekapolymeerit, joilla pehmenemisldmpétila ylittds 523 K
(250 C) astetta mitattuna ASTM D-648:n menetelmd A:n mukaisesti tai vastaavalla
kansallisella menetelmilli 1,82 N/mm? kuormituksen alaisena, ja jotka koostuvat:

1. Jostakin seuraavista aineista:
a. Fenyleeni, bifenyleeni tai naftaleeni; tai
b.  Metyyli-, tertifdri-butyyli- tai fenyylisubstituoitu fenyleeni, bifenyleeni tai
naftaleeni; ja
2. Jostakin seuraavista hapoista:
a. Tereftaalihappo;
b.  6-hydroksi-2-naftoehappo; tai
¢.  4-hydroksibentsoehappo;
c. Seuraavat polyaryleeni-eetteri-ketonit:
1. Polyeetteri-eetteri-ketoni (PEEK);
2. Polyeetteri-ketoni-ketoni (PEKK);
3. Polyeetteri-ketoni (PEK),
4. Polyeetteri-ketoni-eetteri-ketoni-ketoni (PEKEKK);
d.  Polyaryleeniketonit;
e.  Polyaryleenisulfidit, joissa aryleeniryhmi on bifenyleeni, trifenyleeni tai jokin niiden

yhdistelmists;
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f. Polybifenyleenieetterisulfoni.

Tekn. huom: ~

Lasittumisiampdtila (T,) 1C008 kohdan materiaaleille méiritetdin ASTM D 3418:ssa kuvatulla
tavalla kuivamenetelmas kéyttéen.

Seuraavat kisittelemittomit fluoratut yhdisteet:

a.  Vinyylideenifluoridin sekapolymeerit, joilla ilman venytystd on 75 % tai enemmén
betakiderakennetta;

b.  Fluoratut polyimidit, jotka sis#ltdvit 10 painoprosenttia tai enemmén sitoutunutta fluoria;
c.  Fluoratut fosfatseeni-elastomeerit, jotka sisiltdvat 30 painoprosenttia tai enemmén

sitoutunutta fluoria.

Seuraavat "kuitu- tai séiemateriaalit", joita voidaan kiyttdd "komposiitti"rakenteissa tai -
laminaateissa, joilla on orgaaninen "matriisi", metalli"matriisi" tai hiili"matriisi":
Huom: KATSO MYOS 1C210 KOHTA.

a.  Orgaaniset "kuitu- tai sdiemateriaalit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. "Ominaiskimmokerroin" ylittdd 12,7 x 108 m; ia
2. "Ominaismurtovetolujuus" ylitta4 23,5 x 10* m;
Huom: 1C010.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi polyetyleenid.

b.  Hiilipohjaiset "kuitu- tai sdiemateriaalit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. "Ominaiskimmokerroin"” ylittdd 12,7 x 10% m; ja
2. "Ominaismurtovetolujuus" ylitta 23,5 x 10* m;
Huom: 1C010.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi lentokoneiden rakenteiden tai

laminointien korjaukseen tarkoitettuja kuitu- tai sdiemateriaaleista
valmistettua kudosta, jonka yksittéisten arkkien koko ei ylitd
50 cm x 90 cm.
Tekn. huom:
1C010.b kohdassa mainittujen materiaalien ominaisuudet tulee mddrittdd SACMA:n
(Suppliers of Advanced Composite Materials Association) suosittelemia menetelmid SRM
12-17 tai vastaavia kansallisia vetokokeita kdyttéen, kuten japanilaista JIS-R-7601
(Japanese Industrial Standard) 6.6.2 kohta, ja perustua erdn keskiarvoon.
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c.

Ep#orgaaniset "kuitu- tai siiemateriaalit", joiden:

1. "Ominaiskimmokerroin" ylitt4 2,54 x 10° m; ja

2. Sulamis-, hajoamis- tai hirmistymispiste on yli 1 922 K (1 649 C) astetta
neutraalissa ymparistossd;

Huom: 1C010.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

1. Epdjatkuvia, monifaasisia, monikiteisic alumiinioksidikuituja
katkeena tai mattona, jotka siscltivit 3 painoprosenttia tai enemmdin
piitd ja joiden ominaiskimmomoduuli on vihemmdn kuin 10 x 10° m;
Molybdeeni- ja molybdeeniseoskuituja;

Boorikuituja;

Epdjatkuvia keraamisia kuituja, joiden sulamis-, hajoamis- tai
hdrmistymispiste on alempi kuin 2,043 K (1 770 C) astetta
neutraalissa ympdristdssd.

AN

"Kuitu- tai siiemateriaalit":

1. Jotka koostuvat joistakin seuraavista:
a. 1C008.a kohdassa médritellyistd polyeetteri-imideists; tai
b. 1C008.b - 1C008.f kohdassa mééritellyistd materiaaleista; tai

2. Jotka koostuvat joistakin 1C010.d.1.a tai b kohdassa médritellyistd materiaaleista ja
joihin on "sekoitettu" muita, 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa méiriteltyja
kuituja;

Seuraavat muovi- tai hartsikylldstetyt kuidut (prepregit), metalli- tai hiilipinnoitteiset
kuidut (preformit) tai hiilikuitu-preformit:

1. Jotka on valmistettu 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa mééritellyistd "kuitu-
tai sdiemateriaaleista";

2. Jotka on valmistettu orgaanisista tai hiilipohjaisista "kuitu- tai siiemateriaaleista":

a.  Joiden "ominaismurtovetolujuus” ylittda 17,7 x 10* m;

b.  Joiden "ominaiskimmokerroin" ylitta 10,15 x 10° m;

c. Joita ei ole médritelty 1C010.a tai 1C010.b kohdassa; ja

d Jotka on kyllastetty 1C008 tai 1C009.b kohdassa maéritellyilld
materiaaleilla, joiden lasittumisldmpétila (T,) ylittad 383 K (110 C) astetta,
tai fenoli- tai epoksihartseilla, joiden lasittumislimpétila (T,) on 418 K
(145°C) tai enemman.

Huom: 1C010.e kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a Epoksihartsi"matriisilla” kylidstettyja hiili"kuitu- tai
-sdiemateriaaleja” (prepregejd), jotka on tarkoitettu lentokoneiden
rakenteiden tai laminaattien korjaamiseen, jossa yksittdisten
prepegiarkkien koko ei yliti 50 cm x 90 cm.

b.  Prepregejd, jotka on kylldistetty fenoli- tai epoksihartseilla ja joiden
lasittumisldampotila (Ty) on vihemmdn kuin 433 K (160°C) ja
kovettumislampdotila alempi kuin lasittumisldmpotila.

Tekn. huom:

Lasittumislampotila (T,) 1C010.e kohdan materiaaleille madritetdaén ASTM D 3418:ssa
kuvatulla tavalla kuivamenetelmdad kéyttden. Lasittumislampétila fenoli- ja
epoksihartseille mddritetéidn ASTM D 4065:ssd kuvatulla tavalla 1 Hz tagjuudella ja
kuumentamisnopeudella 2 K (°C) minuutissa kuivamenetelmdid kéiyttcen.
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Seuraavat metallit ja yhdisteet:
Huom: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO JA 1C111 KOHTA.

a.  Metallit, joiden hiukkaskoko on vihemman kuin 60 pm riippumatta siitd ovatko ne
pallomaisia, hivennettyjd, pallomaisia, hiutaloituja tai jauhettuja, jotka on valmistettu
materiaalista, joka sisiltdd 99 % tai enemmin zirkoniumia, magnesiumia ja ndiden
seoksia;

Tekn. huom: ~

Hafniumin luontainen pitoisuus zirkoniumissa (tyypillisesti 2 - 7 prosenttia) lasketaan

zirkoniumin kanssa.

Huom: 1C011.a kohdassa luetellut metallit tai seokset ovat valvonnanalaisia
riippumatta siitd onko metallit tai seokset kapseloitu alumiiniin,
magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

b.  Boori tai boorikarbidi, jonka puhtaus on 85 % tai suurempi ja hiukkaskoko
60 mikrometrid tai vihemmiin;
Huom: 1C011.b kohdassa listatut metallit tai seokset ovat valvonnanalaisia
riippumatta siitd onko metallit tai seokset kapseloitu alumiiniin,
magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

c. Guanidiininitraatti.

d.  Nitroquanidiini (NQ) (CAS 556-88-7).
Seuraavat materiaalit:

Tekn. huom:

Nditd materiaaleja kdytetddn tyypillisesti ydinldmpéléihteissa.

a.  Plutonium missi tahansa muodossa, jonka plutonium-238 isotooppipitoisuus on enemmsn
kuin 50 % painosta;

Huom: 1C012.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a. Toimituksia, joissa plutoniumsisdlté on 1 g tai vihemmdin,
b. Toimituksia, joissa on 3 "tehollista grammaa” tai vithemmdn

instrumentin anturoivassa osassa.

b. "Aiemmin erotettu" neptunium-237 miss# tahansa muodossa.
Huom: 1C012.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi toimituksia, joissa neptunium-
237 sisdlto on 1 g tai vihemmdn.

Muut, kuin 1C001 kohdassa médritellyt, "ohjuksissa" ja niiden alajarjestelmissé kayttokelpoiset
materiaalit ja laitteet, jotka pienentivét havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta, ultravioletti-,
infrapuna- tai akustista havaittavuutta.

Huom. 1:  1CI101 kohta sisdltdd:

a.  Rakennemateriaalit ja pinnoitteet, jotka on erityisesti kehitetty pienentdmdicin
tutkaheijastuvuutia;

b. Pinnoitteet, mukaan lukien maalit, jotka on erityisesti kehitetty vithentimdiéin
tai muuntamaan sdteilyn heijastuvuutta tai emissiivisyyttd spektrin
mikroaalto-, infrapuna- tai ultraviolettialueella;

Huom. 2:  1CI101 kohta ei siscllé pinnoitteita, kun niitd kaytetddn satelliittien ldimmén
kontrollointiin.



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 65

1C102

1C107

1C111

9A004 kohdassa madriteltyihin avaruuteen laukaisussa kiytettiviin kantoraketteihin tai
9A104 kohdassa médriteltyihin luotainraketteihin tarkoitetut toistokylléstetyt pyrolisoidut hiili-
hiilimateriaalit.

Seuraavat, muut kuin 1C007 kohdassa médritellyt grafiitti- ja keraamiset materiaalit:

a.

Hienorakeiset toistokiteytetyt massagrafiitit, joiden kappaletiheys on 1,72 g/cm? tai
suurempi, 288 K (15 C) asteen ldmpétilassa mitattuna, ja joiden hiukkaskoko on
100 mikrometrié tai vihemmiin ja, joita voidaan kdytt4d "ohjusten” suuttimissa ja
ilmakehé4n palaamaan suunniteltujen alusten kérkikartioissa;

Huom: Katso myos 0C004 kohta

Pyrolyyttiset tai kuituvahvisteiset grafiitit, joita voidaan kaytt44 "ohjusten" suuttimissa ja
ilmakehédn palamaan suunniteltujen alusten kirkikartioissa.
Huom: Katso myss 0C004 kohta.

Keraamiset komposiittimateriaalit (dielektrisyysvakio pienempi kuin 6 taajuusalueilla
100 Hz-10 000 MHz), joita kéytetsn "ohjusten" tutka-antennien suojakuvuissa;

Kokonaisina tydstettévit piikarbidivahvisteiset polttamattomat keraamit, joita kiytetisin
"ohjusten" kirkikartioissa.

Seuraavat, muut kuin 1C011 kohdassa médritellyt ajoaineet tai ajoaineiden raaka-aineina

kaytettdvit kemikaalit:
a.  Ajoaineet:
1. Muu kuin asetarvikeluettelossa mainittu alumiinipallojauhe, jonka tasakokoiset

hiukkaset ovat ldpimitaltaan alle 200 pm ja alumiinipitoisuus 97 painoprosenttia tai
korkeampi, jos vdhintadn 10 prosenttia kokonaispainosta muodostuu hiukkasista,
joiden lapimitta on alle 63 um, ISO -standardin 2591:1988 tai vastaavien
kansallisten standardien mukaisesti;

Tekn. huom:

Hiukkaskoko 63 um (ISO R - 565) vastaa raekokoa 250 (Tyler) tai 230 (ASTM -
Standardi E - 11).

2. Muut kuin asetarvikeluettelossa mainitut metalliset ajoaineet, joiden pallomaisten,
hivennettyjen, sferoidisten, hiutaloitujen tai jauhettujen hiukkasten koko on alle
60 um ja jotka sisiltidvit 97 painoprosenttia tai enemmin seuraavista:

a. Zirkonium;

b.  Beryllium;

¢.  Magnesium; tai

d.  Edelld kohdissa a—c médriteltyjen metallien seokset;
Tekn. huom:

Hafniumin luontainen pitoisuus zirkoniumissa (tyypillisesti 2-7 prosenttia)
lasketaan zirkoniumin kanssa.

3. Seuraavat nestemdiset hapettimet:
a.  Dityppitrioksidi
b.  Typpidioksidi/dityppitetroksidi
¢.  Dityppipentoksidi
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b.  Polymeeriset aineet:
1.  Karboksyylipditteinen polybutadieeni (CTPB);
2. Hydroksyylipdatteinen polybutadieeni (HTPB), muu kuin asetarvikeluettelossa
maédgritelty;
3.  Polybutadieeniakryylihappo (PBAA);
4. . Polybutadieeniakryylihappoakrylonitriili (PBAN);

c. Muut ajoaineiden lisé- ja apuaineet:
1. KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA butaseeni;
Trietyleeniglykolidinitraatti (TEGDN);
2-nitrodifenyyliamiini;
Trimetylolietaanitrinitraatti (TMETN);
Dietyleeniglykolidinitraatti (DEGDN);
Muut kuin asetarvikeluettelossa méritellyt ferroseenijohdannaiset.

AT ol

Huom: Muut gjoaineet ja kemialliset ainesosat, joita 1C111 kohdassa ei ole mddritelty:
katso asetarvikeluettelo.

Maraging-terdkset (terikset, joille on tunnusomaista korkea nikkelipitoisuus, hyvin alhainen
hiilipitoisuus seki seostusaineiden tai erkaumien kiyttd vanhenemis-karkenemisen
aikaansaamiseksi), levyini tai putkina, joiden (seinimén) paksuus on 5 mm tai vihemmin ja
joiden murtovetolujuus on 1 500 MPa tai suurempi 293 K (20 C) asteen ldmpétilassa mitattuna.
Huom: KATSO MYOS 1C216 KOHTA.

Wolframi, molybdeeni ja ndiden metallien seokset tasakokoisina pallomaisina tai atomisoituina
hiukkasina, joiden ldpimitta on 500 mikrometrié tai pienempi ja pitoisuus 97 % tai suurempi,
joita kiytetiin "ohjusten" moottoreiden komponenttien, esim. limp&suojusten, suuttimien
pohjarakenteiden, suuttimien kurkkujen ja tydntovektorin ohjauspintojen valmistukseen.

Titaanistabiloitu ruostumaton dupleksiterds (Ti-DSS), jolla on kaikki seuraavista:

a. Kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Sisgltdd 17,0 — 23,0 painoprosenttia kromia ja 4,5 — 7,0 painoprosenttia nikkeli;
2. Titaanipitoisuus suurempi kuin 0,10 painoprosenttia; ja
3. Ferriittis-austeniittinen mikrorakenne (toiselta nimeltién kaksiosainen
mikrorakenne), josta vahintén 10 tilavuusprosenttia on austeniittia (ASTM-
standardin E-1181-87 tai vastaavien kansallisten standardien mukaan); ja

b. Jokin seuraavista muodoista:
1. Harkko tai tanko, jonka mitat ovat joka suunnassa 100 mm tai enemmaén;
2. Levy, jonka leveys on 600 mm tai enemmén ja paksuus 3 mm vai véhemmin; tai
3. Putki, jonka ulompi halkaisija on 600 mm tai enemmén ja seiniméan paksuus 3 mm

tai vihemmén.
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Seuraavat metalliseokset, joita ei ole maéritelty 1C002.a.2.c tai d kohdassa:

a. Alumiiniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1. murtovetolujuus voi olla 460 MPa tai enemmin 293 K (20 C) asteen limpétilassa;
ja
2. ovat putkina tai tiysmetallisina tankoina (my®s takeina), joiden ulkohalkaisija on
yli 75 mm;
b.  Titaaniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1.  murtolujuus voi olla 900 MPa tai enemmain 293 K (20 C) asteen lampétilassa; ja
2. ovat putkina tai kiintein3 tankoina (my®&s takeina), joiden ulkohalkaisija on
suurempi kuin 75 mm.

Tekn. huom:
Lujuusmddritelmd kattaa seokset sekd limpokdsittelemdttomind ettd kdsiteltyind.

Seuraavat, muut kuin 1C010.a, b tai e kohdassa mééritellyt "kuitu- tai siiemateriaalit" tai
prepregit:

a.  Hiili- tai aramidi’kuitu- ja -sdiemateriaalit!, joilla on jompi kumpi seuraavista
ominaisuuksista:
1. "ominaiskimmokerroin" on 12,7 x 10% m tai suurempi; tai
2. "ominaismurtovetolujuus" on 235 x 10° m tai suurempi;
Huom: 1C210.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi aramidi'kuitu- ja
-sdiemateriaaleja’, joissa on 0,25 prosenttia tai enemmdn esteripohjaista
sdiepinnan muuntoainetta;

b.  Lasikuitupitoiset 'kuitu- ja -sdiemateriaalit”, joilla on molemmat seuraavista
ominaisuuksista:
1. "ominaiskimmokerroin" on 3,18 x 10° m tai suurempi; ja
2. "ominaismurtovetolujuus” on 76,2 x 10> m tai suurempi;

c. 1C210.a tai b kohdassa midritellyistd hiili- tai lasi'kuitu- tai sdiemateriaaleista’

valmistetut enintisin 15 mm:n levyiset (prepregit) Thermoset-hartsikyllastetyt
yhtédjaksoiset "langat", "esilangat", "rohtimet" tai "teipit".

Tekn. huom:

Hartsi muodostaa komposiitin matriisin.

Huom: 1C210 kohdassa 'kuitu- tai sdiemateriaaleilla’ tarkoitetaan vain yhtdjaksoisia

non

monofilamentteja, "lankoja”, "esilankoja”, "rohtimia" tai "teippejd”.
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1C216

1C225

1C226

1C227

1C228

1C229

Muu kuin 1C116 kohdassa médritelty maraging-teris, jonka murtovetolujuus voi
293 K (20 C) asteen lampatilassa ylittds arvon 2050 Mpa.

Huom:  1C216 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kappaleita, joiden mikddn lineaarinen
ulottuvuus ei ole suurempi kuin 75 mm.

Tekn. huom:

Lujuusmddritelmd kattaa maraging-terdkset sekd limpokdsittelemdttoming ettd

lampékdsiteltyind.

Boori, joka on rikastettu boori-10-isotoopilla (‘°B) suurempaan kuin luonnolliseen
isotooppipitoisuuteen, seuraavasti: alkuaineboori, yhdisteet, booria sisaltavit seokset, niistd
valmistetut tuotteet, kaikesta edelld mainitusta syntyv jéte tai romu.

Huom: 1C225 kohdassa booria sisdltiviin seoksiin kuuluvat booripitoiset materiaalit.
Tekn. huom:

Boori-10:n luonnollinen isotooppipitoisuus on noin 18,5 painoprosenttia

(20 atomiprosenttia).

Volframi, volframikarbidi ja seokset, joissa on enemmén kuin 90 painoprosenttia volframia, ja

joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.  neovat sylinterin muotoisia kappaleita, joiden sisdldpimitta on 100-300 mm
(sylinterisegmentit mukaan lukien); ja

b.  niiden massa on suurempi kuin 20 kg.

Huom: 1C226 ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka on erityisesti suunniteltu

kdytettavdksi painoina tai gammasddekollimaattoreina.

Kalsium, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista;

a. painosta on vahemmin kuin 1 000 miljoonasosaa muita metalliepipuhtauksia kuin
magnesiumia; ja
b.  vihemmin kuin 10 miljoonasosaa painosta booria.

Magnesium, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.  painosta on vihemman kuin 200 miljoonasosaa muita metalliepipuhtauksia kuin
kalsiumia; ja

b.  vdhemmin kuin 10 miljoonasosaa painosta booria.

Vismutti, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. puhtaus on 99,99 painoprosenttia tai enemmin; ja
b.  hopeapitoisuus on pienempi kuin 10 miljoonasosaa.
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1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

Berylliummetalli, yli 50 painoprosenttia berylliumia sisiltivit seokset, berylliumyhdisteet,
niisté tehdyt valmisteet sekd kaikista edelld mainituista syntyva jite tai romu.

Huom: 1C230 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a.  Rontgenlaitteiden metalli-ikkunat tai porarei'isssd kdytettivit sondit;
b. Valmiit tai puolivalmiit oksidiprofiilit, jotka on erityisesti suunniteltu
elektronikkakomponenttiosiksi tai elektroniikkapiirien substraateiksi;
c. Berylli (beryllium-alumiinisilikaatti) smaragdeina tai akvamariineina.

Hafniummetalli, enemmin kuin 60 painoprosenttia hafniumia sisiltéivit seokset, enemmin kuin
60 painoprosenttia hafniumia siséltévit hafniumyhdisteet, niistd tehdyt valmisteet seki kaikesta
edelld mainitusta syntyvi jéte tai romu.

Helium-3 (3He), helium-3:a sisiltévit seokset ja mitd tahansa edelld mainittua ainetta sisiltavit
tuotteet tai laitteet.

Huom: 1C232 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi tuotetta tai laitetta, joissa on vihemmdin
kuin 1 g helium-3-isotooppia.

Litium, joka on rikastettu 6-isotoopilla (°Li) suurempaan kuin luonnolliseen
isotooppipitoisuuteen seki rikastettua litiumia sisaltivit tuotteet tai laitteet, seuraavasti: seokset
(lejeeringit), yhdisteet, litiumia sisiltavit seokset, niistd tehdyt valmisteet, seki kaikesta edelld
mainitusta syntyvi jéte tai romu.

Huom: 1C233 ei aseta valvonnanalaiseksi termoluminesenssiannosmittareita.
Tekn. huom:

Litiumin 6-isotoopin pitoisuus luonnossa on noin 6,5 painoprosenttia

(7,5 atomiprosenttia).

Zirkonium, jonka hafnium-pitoisuus on vihemmin kuin 1 paino-osa hafniumia

per 500 osaa zirkoniumia seuraavasti: metallina, enemman kuin 50 painoprosenttia zirkoniumia
siséltdvind seoksina tai yhdisteind, ndistd tehtyind valmisteina seki kaikkena edelld mainitusta
syntyvini jitteend tai romuna.

Huom: 1C234 ei aseta valvonnanalaiseksi zirkoniumia, joka on enintdicin
0,10 mm paksuisena folioina.

Tritium, tritiumyhdisteet ja tritiumia sisaltavit seokset, joissa tritiumatomien lukumésirisuhde

vetyatomeihin ylittdd 1:1000 sekd mit4 tahansa edelld mainittua ainetta siséltavit tuotteet ja
laitteet.

Huom: 1C235 ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita ja laitteita, joissa on vahemmdn kuin
1,48 x 10° GBq (40 Ci) tritiumia.
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1C236

1C237

1C238

1C239

1C240

Alfa-hiukkasia emittoivat radionuklidit, joiden alfa-hiukkasten puoliintumisaika on 10 pdivii tai
pitempi mutta lyhyempi kuin 200 vuotta, seuraavissa muodoissa:

a Alkuaine,

b.  Yhdisteet, joiden kokonais-alfa-aktiivisuus on 37 GBq/kg (1 Ci/kg) tai suurempi,
c Seokset, joiden kokonais-alfa-aktiivisuus on 37 GBq/kg (1 Ci/kg) tai suurempi,
d Mit4 tahansa edelld mainittua ainetta sisdltdvit tuotteet tai laitteet.

Huom: 1C236 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita tai laitteita, jotka siséltévdt alle
3,7 GBq (100 millicurietd) alfahiukkasaktiivisuutta.

Radium-226 (226Ra), radium-226-lejeeringit, radium-226-yhdisteet, radium-226:a sisaltavit
seokset, mistd ja mit4 tahansa edelld mainittua ainetta sisiltidvit tuotteet tai laitteet.

Huom: 1C237 kohta ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a.  Lddketieteessd kdytettivit applikaattorit,
b. Tuotteet tai laitteet, jotka sisdltévit vihemmdn kuin
0.37 GBq (10 millicurietd) radium-226:a.

Klooritrifluoridi (CIF;).

Muut kuin asetarvikeluettelossa maritellyt voimakkaat rdjahteet tai niitd enemman kuin
2 painoprosenttia sisaltivit seokset tai aineet, joiden kidetiheys on suurempi kuin 1,8 g/cm’ ja
rdjahdysnopeus yli 8 000 m/s.

Muut kuin 0C005 kohdassa mééritellyt nikkelijauheet ja huokoinen metallinen nikkeli
seuraavasti:

a.  Nikkelijauheet, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
1. nikkelipitoisuus on 99,0 painoprosenttia tai suurempi; ja
2. keskimadrdinen hiukkaskoko on pienempi kuin 10 mikrometria mitattuna
American Society for Testing and Materials (ASTM) B330 -standardilla;

b. 1C240.a kohdassa mééritellyistd materiaaleista tuotettu huokoinen metallinen nikkeli.

Huom: 1C240 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a. Sdikeiset nikkelijauheet;
b. Yksinkertaiset huokoiset nikkelilevyt, joiden koko on 1 000 cmi’ tai
vihemmdin.

Tekn. huom.

1C240.b kohdassa tarkoitetaan huokoista metallia, joka muodostuu, kun

1C240.a kohdassa tarkoitettuja materiaaleja puristetaan kokoon ja sintrataan siten, ettd
saadaan metallista materiaalia, jossa hienot huokoset jatkuvat koko rakenteen ldpi.
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1C350

Seuraavat kemikaalit, joita voidaan kdyttdd myrkyllisten kemiallisten aineiden esiaineina:
Huom: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO JA 1C450 KOHTA.

Tiodiglykoli (111-48-8)
Fosforioksikloridi (10025-87-3)
Dimetyylimetyylifosfonaatti (756-79-6)
Metyylifosfonodifluoridi (676-99-3):
KATSO ASETARVIKELUETTELO
5 Metyylifosfonodikloridi (676-97-1)
6.  Dimetyylifosfiitti (868-85-9)
7.  Fosforitrikloridi (7719-12-2)
8.  Trimetyylifosfiitti (121-45-9)
9.  Tionyylikloridi (7719-09-7)
10. N-metyyli-3-piperidinoli (3554-74-3)
I1.  2-N,N-di-isopropyyliamino-etyylikloridi (96-79-7)
12.  2-N,N-di-isopropyyliamino-etaanitioli (5842-07-9)
13.  3-kinuklidinoli (1619-34-7)
14, Kaliumfluoridi (7789-23-3)
15. 2-kloorietanoli (107-07-3)
16. Dimetyyliamiini (124-40-3)
17. Dietyylietyylifosfonaatti (78-38-6)
18. Dietyyli-N,N-dimetyyli-fosforoamidaatti (2404-03-7)
19. Dietyylifosfiitti (762-04-9)
20. Dimetyyliamiinihydrokloridi (506-59-2)
21. Etyylifosfonidikloridi (1498-40-4)
22. Etyylifosfonodikloridi (1066-50-8)
23. Etyylifosfonodifluoridi (753-98-0):
KATSO ASETARVIKELUETTELO
24. Vetyfluoridi (7664-39-3)
25. Metyylibentsilaatti (76-89-1)
26. Metyylifosfonidikloridi (676-83-5)
27.  2-N,N-di-isopropyyliamino-etanoli (96-80-0)
28.  Pinakolyylialkoholi (464-07-3)
29.  O-etyyli-2-N,N-di-isopropyyli-aminoetyyli-metyylifosfoniitti (57856-11-8): KATSO
ASETARVIKELUETTELO
30. Trietyylifosfiitti (122-52-1)
31. Arseenitrikloridi (7784-34-1)
32. Bentsiilihappo (76-93-7)
33. Dietyylimetyylifosfoniitti (15715-41-0)
34. Dimetyylietyylifosfonaatti (6163-75-3)
35. Etyylifosfonidifluoridi (430-78-4)
36. Metyylifosfonidifluoridi (753-59-3)
37. 3-kinuklidinoni (3731-38-2)
38. Fosforipentakloridi (10026-13-8)
39.  Pinakoloni (3,3-dimetyyli-2-butanoni) (75-97-8)
40. Kaliumsyanidi (151-50-8)
41.  Kaliumvetyfluoridi (7789-29-9)
42.  Ammoniumvetyfluoridi (1341-49-7)
43. Natriumfluoridi (7681-49-4)
44. Natriumvetyfluoridi (1333-83-1)
45.  Natriumsyanidi (143-33-9)
46.  Trietanoliamiini (102-71-6)
47.  Fosforipentasulfidi (1314-80-3)

Eal o
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1C350

1C351

jatkuu

48. Di-isopropyyliamiini (108-18-9)

49. Dietyyliaminoetanoli (100-37-8)

50. Natriumsulfidi (1313-82-2)

51. Dirikkidikloridi (10025-67-9)

52. Rikkikloridi (10545-99-0)

53. Trietanoliamiinihydrokloridi (637-39-8)

54. N,N-di-isopropyyli2-aminoetyylikloridihydrokloridi (4261-68-1).

Ihmispatogeenit, zoonoosit ja "toksiinit" seuraavasti:

a.  Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyind
eldvind viljelmind" tai materiaalina, joka sisiltds eldvad materiaalia, johon on istutettu tai
Jjoka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmill:

1 Chikungunya-virus;

2 Krimin verenvuotokuumevirus;

3 Dengue-virus;

4.  Itdinen hevos-enkefaliittivirus (EEE);

5.  Ebola-virus;

6 Hantaan-virus;

7 Junin-virus;

8 Lassa-kuumevirus;

9 Lymfosyté4rinen korionmeningiittivirus;

10.  Machupo-virus;

11. Marburg-virus;

12.  Apinarokkovirus;

13.  Rift Valley-kuumevirus;

14.  Puutiais-enkefaliittivirus;

15.  Isorokkovirus (kaikki alatyypit),

16.  Venezuelan hevos-enkefaliittivirus (VEE);

17.  Léantinen hevos-enkefaliittivirus (WEE);

18.  White pox-virus;

19. Keltakuumevirus;

20. Japanin enkefaliittivirus;

b.  Seuraavat riketsiat, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyini
elavini viljelmind" tai materiaalina, joka sisilt4d elivad materiaalia, johon on
tarkoituksellisesti istutettu tai joka on saastutettu sellaisilla viljelmilla:

1. Coxiella burnetii;

2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana; Rickettsia quintana);
3. Rickettsia prowasecki;

4. Rickettsia rickettsii;

c. Seuraavat bakteerit, niin leonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyind
eldvind viljelmind" tai materiaalina, joka sisiltd4 elivia materiaalia, johon on istutettu tai
joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmilla:

Bacillus anthracis;

Brucella abortus;

Brucella melitensis;

Brucella suis;

Chlamydia psittaci;

Clostridium botulinum;

ARSI
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1C351 ¢c.  jatkuu

7. Francisella tularensis;

8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomalilei);
10.  Salmonella typhi;

11.  Shigella dysenteriae;

12.  Vibrio cholerae;

13.  Yersina pestis;

d.  Seuraavat "toksiinit" ja niiden "toksiinialayksiké6t":
1.  Botulinus -toksiinit;
Huom: 1C351.d.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmisteen muodossa
olevia botulinus -toksiineja, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
L Ne ovat ihmisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja

lddkevalmisteita;
2. Ne on pakattu ldikevalmisteina jakelua varten;
3 Valtion viranomainen on antanut luvan niiden markkinointiin
lddkevalmisteina.
2. Clostridium perfringens -toksiinit;
3. Conotoksiini;
4, Risiini;
5. Saxitoksiini;
6.  Shigatoksiini;
7.  Staphylococcus aureus -toksiinit;
8. Tetrodotoksiini;
9. Verotoksiini;
10.  Mikrosystiini (Cyanginosiini);
11.  Aflatoksiinit
Huom: 1C351 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "rokotteita” tai "immunotoksiineja”
1C352 Seuraavat eldinpatogeenit:
a, Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyin

eldvind viljelmind" tai materiaalina, joka sisiltii elivid materiaalia, johon on istutettu tai
joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmills:

1. Afrikkalainen sikaruttovirus;
2. Lintuinfluenssavirukset, jotka ovat:
a. Lajittelemattomia; tai

b. Seuraavat EY:n direktiivissd 92/40/ETY (EYVL N:o L16, 23.1.1992, 5. 19)
erittdin patogeenisina maritelty;ja:

1. A-tyypin virukset, joiden IVPI (intravenous pathogenicity index,
patogeenisyysindeksi suonensisisesti annettuna) on 6 viikkoa
vanhoissa kanoissa suurempi kuin 1,2; tai

2. A-tyypin viruksien alatyypit H5 tai H7, joissa on
nucletiidisekvenssoinnin avulla osoitettu olevan useita eméksisid
aminohappoja hemaglutiinin katkaisupaikassa;

Bluetongue-virus;
Suu- ja sorkkatautivirus;
Vuohirokkovirus;

kW
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1C352

1C353

1C354

a.  jatkuu

6.  Valeraivotautivirus (Aujeszkin tauti);

7.  Sikaruttovirus; .

8.  Lyssavirus (rabiesryhmin virukset);

9.  Newcastlen tautivirus;

10. Pikkumdirehtijirutto-virus (peste des petits ruminants);
11.  Sian enterovirus tyyppi 9 (swine vesicular -tautivirus);
12. Nautaruttovirus;

13. Lammasrokkovirus;

14.  Teschenin tautivirus;

15.  Suutulehdusvirus (VS-virus);

b.  Mycoplasma-mycoidit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko
"eristettyind eldvind viljelmind" tai materiaalina, joka sisélt44 eldvdd materiaalia, johon on
istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmilld.

Huom: 1C352 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "rokotteita”.

Seuraavat geneettisesti muunnetut "mikro-organismit":

Geneettisesti muunnetut "mikro-organismit" tai 1C351.a—c, 1C352 tai 1C354 kohdassa
méiriteltyjen organismien patogeenisuuteen liittyvid nukleiinihapposekvensseji siséltava
geneettinen materiaali;

Geneettisesti muunnetut "mikro-organismit” tai 1C351.d kohdassa médriteltyjd
"toksiineja" tai niiden "toksiinialayksikéiti" koodaavia nukleiinihapposekvenssejd
sisdltdvd geneettinen materiaali.

Seuraavat kasvipatogeenit:

a.

Seuraavat bakteerit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyind
eldvini viljelmind" tai materiaalina, joka sisdltdd eldvid materiaalia, johon on istutettu tai
joka on tarkoituksellisesti saastutettu sellaisilla viljelmilla:

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas campestris pv. citri, jotka sisiltdvit Xanthomonas campestris pv.
citrin tyypeiksi A, B, C, D, E kutsuttuja lajikkeita tai jotka muuten luokitellaan
Xanthomonas citriksi, Xanthomonas campestris pv. aurantifoliaksi tai
Xanthomonas campestris pv. citrumeloksi;

Seuraavat sienet, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyiné
eldvini viljelmind" tai materiaalina, joka sisaltdd eldvid materiaalia, johon on istutettu tai
joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmilld:

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp.tritici);

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea / Pyricularia oryzae).

R
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1C450 Toksiset kemikaalit tai tokiisten kemikaalien valmistusaineet seuraavasti;
HUOM: KATSOMYOS 1C350,1C351.d. JA ASETARVIKELUETTELO

a. toksiset kemikaalit seuraavasti:

1. amiton: O,0-dietyyli-S-2-N,N-dietyyliaminoetyyli-fosforotiolaatti (78-53-5) ja

vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat, '

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometyyli)-1-propeeni (382-21-8),

3.  KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA

 BZ: 3-kinuklidinyylibentsilaatti (6581-06-2),

4.  fosgeeni: karbonyylidikloridi (75-44-5),

5. kloorisyanidi (506-77-4),

6.  vetysyanidi (74-90-8),

7. Kklooripikriini: trikloorinitrometaani (76-06-2),

b.  toksisten kemikaalien valmistusaineet seuraavasti:

1. muut kuin asetarvikeluettelossa tai kohdassa 1C350 luetellut kemikaalit, jotka
siséltévit fosforiatomin, johon on sitoutunut yksi metyyli-, etyyli-n-propyyli- tai
isopropyyliryhmé, mutta ei muita hiiliatomeja,

Huom:  1C450.b.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavaa: Fonofos:
O-etyyli-S-fenyylietyylifosfonotiolotionaatti (944-22-9),

2. N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai
isopropyyli-] fosforamidodihalidit,

3. dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-N,N-dialkyyli-[metyyli-,
etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-fosforoamidaatit, muut kuin
dietyyli-N,N-dimetyyli- fosforoamidaatti, joka luetellaan kohdassa
1C350,

4. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai
isopropyyli-]-aminoetyylikloridit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin
N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi tai N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi
hydrokloridi, jotka luetellaan kohdassa 1C350,

5. 2-N,N-dialkyyli-{metyyli-, etyyli-, n-propyyli- isopropyyli-]-aminoetanolit ja
vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetanoli
(96-80-0) ja N,N-dietyyliaminoetanoli
(100-37-8), jotka luetellaan kohdassa 1C350,

Huom: 1C450.b.5 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a.  2-N,N-dimetyyliaminoetanoli (108-01-0) ja vastaavat
protonoidut suolat,
b.  2-N,N-dietyyliaminoetanoli (100-37-8) ja vastaavat protonoidut
suolat,

6. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai
isopropyyli-]-aminoetaanitiolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin
N,N-di-isopropyyliaminoetaanitioli, joka luetellaan kohdassa 1C350,

7. etyylidietanoliamiini (139-87-7),

8. metyylidietanoliamiini (105-59-9).
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1D

1D001

1D002

1D101

1D103

1D201

1E

1E001

1E002

Ohjelmistot

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 18001 - 1B003 kohdassa
médriteltyjen laitteiden "kehittimistd", "tuotantoa” tai "kayttod" varten.

"Ohjelmistot" sellaisten laminaattien tai "komposiittien" "kehittdmist4" varten, joilla on
orgaaninen "matriisi", metalli"matriisi" tai hiili"matriisi".

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 18101, 1B102, 1B115, 1B117,
1B118 tai 1B119 kohdassa méériteltyjen tuotteiden "kayttd4" varten.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu analysoimaan pienennettyi havaittavuutta, kuten
tutkaheijastavuutta, ultravioletti-, infrapuna- tai akustista havaittavuutta.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 1B201 kohdassa médriteltyjen tuotteiden

"kayttod" varten.

Teknologia

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A001.b, 1A001.c, 1A002-1A005,
1B tai 1C kohdassa madriteltyjen tuotteiden tai materiaalien "kehittimista" tai "tuotantoa”
varten.

Muu teknologia:

a. "Teknologia" polybentsotiatsolien tai polybentsoksatsolien "kehittamisti" tai "tuotantoa"
varten;

b.  "Teknologia" vdhintdén yhden vinyylieetterimonomeerin sisiltavien

fluoro-elastomeeriyhdisteiden "kehittdmistd" tai "tuotantoa" varten;
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1E101

1E102

jatkuu
c. "Teknologia" seuraavien perusmateriaalien tai ei-"komposiittisten" keraamisten
materiaalien suunnittelua tai "tuotantoa" varten:
1. Perusmateriaalit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a.  Jokin seuraavista koostumuksista:

1. Yksinkertaiset tai kompleksiset zirkoniumoksidit ja kompleksiset
pii- tai alumiinioksidit;

2. Yksinkertaiset boorinitridit (kuutiomaiset kidemuodot);

3. Yksinkertaiset tai kompleksiset pii- tai boorikarbidit; tai

4. Yksinkertaiset tai kompleksiset piinitridit;

~ b.  Metallisten epdpuhtauksien kokonaisméird, haluttuja lisdaineita lukuun
ottamatta, on vahemmain kuin:

1. 1000 ppm yksinkertaisissa oksideissa tai karbideissa; tai

2. 5,000 ppm kompleksisissa yhdisteissi tai yksinkertaisissa nitrideissé;
ja

c.  Jotka ovat jokin seuraavista:

1. Zirkoniumoksidi, jonka keskimé#érdinen hiukkaskoko on enintéén
1 pum ja jonka hiukkasista enintddn 10 prosenttia on suurempia kuin 5
pm:

2. Muu perusmateriaali, jonka keskimédrdinen hiukkaskoko on 5 um tai
vihemmin ja korkeintaan 10 % hiukkasista on kooltaan suurempia
kuin 10 pm; tai

3. Joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Hiutaleiden pituuden ja paksuuden suhde ylittdd 5;
b.  Erilliskidekuitujen pituuden ja ldpimitan suhde ylittaa
10 alle 2 pm:n ldpimitoilla; ja
c.  Jatkuvat tai katkotut kuidut ovat lapimitaltaan alle 10 pm;
2. Keraamiset ei-"komposiitti"materiaalit, jotka koostuvat 1E002.c.1 kohdassa
kuvatuista materiaaleista;
Huom: 1E002.C.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "teknologiaa” hioma-
aineiden kehitystd ja tuotantoa varten.
d.  "Teknologia" aromaattisten polyamidikuitujen "tuotantoa" varten;
e. "Teknologia" 1C001 kohdassa méiriteltyjen materiaalien installointia, yllépitoa tai

korjausta varten;

f. "Teknologia" 1A002, 1C007.c tai 1C007.d kohdassa méiriteltyjen

"komposiitti"rakenteiden, -laminaattien tai -materiaalien korjausta varten.

Huom: 1E002.f kohta ei aseta valvonnanalaiseksi siviililentokoneiden rakenteiden
korjaamiseen tarvittavaa "teknologiaa”, jossa kdytetddn hiili"kuitu- tai-
sdiemateriaaleja” ja hartseja, jotka sisdltyvit lentokonevalmistajan
kdsikirjoihin.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A102, 1B001, 1B101, 1B115,
1B116, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 - 1C117, 1D101 tai 1D103 kohdassa méériteltyjen
tuotteiden "kdytt64" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D001, 1D101 tai 1D103 kohdassa
midriteltyjen "ohjelmistojen" "kehittdmisti" varten.
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1E103

1E104

1E201

1E202

1E203

"Teknologia", jonka avulla siddetiddn ldmpétilaa, painetta tai kaasukoostumusta auto- tai
hydroklaaveissa silloin kun niité kéytet4sn "komposiittien" tai osittain kisiteltyjen
"komposiittien" "valmistukseen".

"Teknologia", jonka avulla tuotetaan pyrolyysimenetelmalld muodostuvia aineita muotille,

telineelle tai muulle substraatille vilituotekaasuista, jotka hajoavat limp&tilan ollessa 1 573 K

(1300 C)-3 173 K (2 900 C) astetta ja paineen 130 Pa—20 kPa.

Huom: 1E104 kohta sisdltdd "teknologian” viliainekaasujen seostamiseksi,
virtausnopeudet ja prosessiohjauksen ajoitukset sekd parametrit.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A002, 1A202, 1A225-1A227,
1B201, 1B225~1B233, 1C002.a.2.c tai d, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C240 tai
1D201 kohdassa médriteltyjen tuotteiden "kéytt64" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A202 tai 1A225-1A227 kohdassa
midriteltyjen tuotteiden "kehittimistd" tai "tuotantoa" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D201 kohdassa mriteltyjen
"ohjelmistojen” "kehittdmistd" varten.
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RYHMA 2 - MATERIAALIN KASITTELY

2A

2A001

2A225

Jirjestelmit, laitteet ja komponentit

Huom: Hiljaiset laakerit: katso asetarvikeluettelo.
Seuraavat kitkaa véhentivit laakerit ja laakerointijérjestelmit ja niiden komponentit:

Huom: 24001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuulia, joille valmistajan mddrittelemd

toleranssi on ISO 3290:n mukaisesti luokkaa 5 tai huonompi.

Kuulalaakerit tai massiivirullalaakerit, joiden valmistajan marittelemit toleranssit ovat
ABEC 7:n, ABEC 7P:n, ABEC 7T:n (Annular Bearing Engineers Committee) tai ISO
Standardin Luokan 4 (tai vastaavien standardien) mukaiset tai niiti paremmat, ja joiden
renkaat, kuulat tai rullat on valmistettu monelmetallista tai berylliumista;

Huom: 24001.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartiorullalaakereita.

Muut kuulalaakerit tai massiivirullalaakerit, joiden valmistajan ma#rittelemit toleranssit
ovat ABEC 9:n, ABEC 9P:n (Annular Bearing Engineers Committee) tai ISO Standardin
Luokan 2 (tai vastaavien standardien) mukaiset tai paremmat.

Huom: 24001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartiorullalaakereita.

Aktiiviset magneettilaakerijirjestelmat, jotka kiyttavit jotain seuraavista:
Materiaaleja, joiden vuontiheys on 2,0 T tai enemmén ja my6tSraja suurempi kuin
414 MPa;

2. Tayss#hkomagneettisia 3D yksinapaisia esimagnetointikonstruktioita
toimimoottoreita varten; tai

3. Korkeita limpétiloja (430 K (177°C) tai enemmin) kestdvid asentoantureita.

Nestemdisid aktinidimetalleja kestévisti aineista tehdyt upokkaat seuraavasti:

Upokkaat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
vetoisuus 150 cm® — 8 000 cm® ; ja

2. valmistusaineena tai vuorauksena jokin seuraavista aineista (pitoisuus
98 painoprosenttia tai suurempi):

Kalsiumfluoridi (CaFy,

Kalsiumsirkonaatti (metasirkonaatti) (CaZrOs);

Keriumsulfidi (Ce,S;);

Erbiumoksidi (erbia) (Er,03;)

Hafniumoksidi (hafnia) (HfO,);

Magnesiumoksidi (MgO);

Typetetty niobi-titaani-volframiseos (noin 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W),

Yttriumoksidi (yttria) (Y,0s);

Zirkoniumoksidi (zirkonia) (ZrO,);

SERrh® Qe O R

Upokkaat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1. vetoisuus on 50 cm*~2 000 cm® ;ja

2. valmistus- tai vuorausaineena on tantaali (pitoisuus 99,9 painoprosenttia tai
suurempi);
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2A226
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c. Upokkaat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. vetoisuus on 50 cm® - 2 000 em®;
2. valmistus- tai vuorausaineena tantaali, jonka pitoisuus on 98 painoprosenttia tai
suurempi; ja

3. pinnoitettu tantaalikarbidilla, -nitridill4 tai -boridilla tai jollakin ndiden yhdisteells.
Venttiilit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  ‘'nimelliskoko' 5 mm tai suurempi;

b.  paljetiiviste; ja

c.  kokonaisuudessaan valmistettu tai vuorattu alumiinilla, alumiiniseoksella, nikkelill4 tai
nikkeliseoksella, jonka painosta on enemmén kuin 60 % nikkelis.

Tekninen huom:
Niiden venttiilien osalta, joiden sisddnmenon ja ulostulon halkaisijat ovat erilaiset, kohdassa
24226 ‘nimelliskoolla’ tarkoitetaan pienintd halkaisijaa.

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

Tekn. huom:

1. Adriviiva-akselien kokonaismdicirdcin ei lasketa yhdensuuntaisia dériviivasivuakseleita,
(esim. vaakakaraisen avarruskoneen w-akselia, tai pyorivid sivuakselia, jonka keskilinja on
samansuuntainen pyorivin pddakselin kanssa). Pyérivien akselien ei tarvitse pyoréhtid yli
360 astetta. Pyorivdd akselia voi kayttiid lineaarinen laite (esim. ruuvi tai hammastanko).

-2, Akselien nimedmisen tulee olla ISO 841 standardin (International Standard, Numerical

Control Machines - Axis and Motion Nomenclature) mukainen.
3. 2B001 - 2B009 kohdassa "kieppikara” katsotaan pyoriviksi akseliksi.

4. Taattuja paikannustarkkuustasoja, jotka poikkeavat ISO 230/2:n (1988)" tai vastaavien
kansallisten standardien mukaisesti tehdyistd mittauksista, voidaan kdytti
tydstokonemalleille erillisten konetestien sijasta. Taatulla paikannustarkkuudella
tarkoitetaan sen jdsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille toimitettua tarkkuusarvoa,

Johon viejd on sijoittautunut konemallin tarkkuuden edustajana.

Taattujen arvojen mddrittiminen
a. valitse viisi arvioitavan mallin konetta;
b.  Mittaa ISO 230/2:n (1998)" mukaisesti lineaarisen akselin tarkkuudet;
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2B

2B001

Taattujen arvojen médrittiminen jatkuu

C.

d

Mddirittele jokaisen koneen jokaisen akselin A-arvo. A-arvon laskemismenetelmdi
on kuvattu ISO-standardeissa; )

Maarittele jokaisen akselin A-arvon keskiarvo. Tdstd keskiarvosta A tulee mallin
kunkin akselin mainittu arvo (Ax Ay...);

Koska 2 ryhmdd koskevassa luettelossa viitataan jokaiseen lineaariseen akseliin,
mainittuja arvoja on oltava yhtd monta kuin lineaarisia akseleita;

Jos sellaisen tydstokonemallin, jota ei ole asetettu valvonnanalaiseksi 2B001.a—
2B001.c tai 2B201 kohdissa, jollekin akselille on mddritelty hiomakoneita koskeva
6 mikronin ja jyrsintékoneita ja sorveja koskeva 8 mikronin tarkkuus A tai titd
parempi tarkkuus, valmistajan olisi vahvistettava tarkkuustaso kerran
kahdeksassatoista kuukaudessa.

Seuraavat ty6stokoneet ja niiden yhdistelmdt, jotka on tarkoitettu tydstdmazn (tai leikkaamaan)
metalleja, keraamisia aineita tai "komposiitteja" ja jotka valmistajan teknisten eritelmien
mukaan voidaan varustaa "numeerisella ohjauksella";

Huom:  KATSO MYOS 2B201 KOHTA.
a. Tydstokoneet sorvaamista varten, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Paikannustarkkuus "kaikkine kéytettévissd olevine kompensointeineen" on saman
suuruinen tai vihemman (parempi) kuin 6 mikrometrid ISO 230/2:n (1988)' tai
vastaavien kansallisten standardien mukaisesti maériteltynd mink tahansa
lineaarisen akselin suuntaan; ja

2. Kaksi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
"ddriviivachjauksessa"; :

Huom: 2B001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kontaktilinssien valmistusta

varten kehitettyjd sorveja.
b.  Tydstdkoneet jyrsintdi varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. a.  Paikannustarkkuus "kaikkine kdytettdvissi olevine kompensointeineen" on
saman suuruinen tai vihemmén (parempi) kuin 6 mikrometria ISO 230/2:n?
tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti méariteltyni minki
tahansa lineaarisen akselin suuntaan; ja

b.  Kolme lineaarista ja yksi py6rivé akseli, joita voidaan samanaikaisesti
koordinoida "4driviivaohjauksessa";

2. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
"ddriviivaohjauksessa"; tai

3. Tarkkuusporakoneiden paikannustarkkuus, "kaikkine kaytettévissa olevine

kompensointeineen" on saman suuruinen tai vihemmén (parempi) kuin
4 mikrometrid ISO 230/2:n” tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti
médriteltynd minki tahansa akselin suuntaan;
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c. Tyostokoneet hiontaa varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
. a. Paikannustarkkuus "kaikkine kiytettdvissi olevine kompensointeineen" on
saman suuruinen, tai vihemman (parempi) kuin 4 mikrometris ISO 230/2:n’
tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti ma#riteltynd minka
tahansa lineaarisen akselin suuntaan; ja

b. Kolme lineaarista ja yksi pyorivé akseli, joita voidaan samanaikaisesti
koordinoida "##riviivaohjauksessa"; tai
2. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
"ddriviivaohjauksessa";
Huom: 2B001.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia hiomakoneita:
1. Ulkopuolisia, sisdpuolisia tai ulko-sisdpuolisia pydrohiomakoneita,
Joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a Kone on rajoitettu vain pyoréhiontaan; ja
b.  Hiomakoneen tyskappaleen maksimikoko on ulkohalkaisijaltaan
tai pituudeltaan 150 mm.
2. Koneita, jotka on erityisesti suunniteltu mallinehiomakoneeksi, ja
Joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a C-akselia kaytetéidn pitdmddn hiomalaikkaa kohtisuorassa
tydpintaan ndhden; tai
b.  A-akseli on konfiguroitu hiomaan nokkarumpuja;
3. Tyokalu- tai leikkuuterien hiomakoneita, joita kdytetddn ainoastaan
tyckalujen tai leikkuuterien valmistusta varten;

4. Kampiakselin tai nokka-akselin hiomakoneet;
5. Pintahiomakoneet.

d.  Langattomat kipinatySstékoneet (EDM), joilla on kaksi tai useampia pydrivid akseleita,
joita voidaan samanaikaisesti koordinoida "#driviivaohjauksessa";

e. Metallin, keraamisten aineiden tai "komposiittien" koneistukseen tarkoitetut koneet:
1. Jotka kayttavit:
a. Vesi- tai muuta nestesuihkua, mukaan lukien ne, jotka kayttavit
hiomalisiaineita;
b. Elektronisuihkua; tai
c. "Laser"sddetts; ja

2. Joissa on kaksi tai useampia pyorivii akseleita:
a. Joita voidaan samanaikaisesti koordinoida "ddriviivaohjauksessa"; ja
b.  Joiden paikannustarkkuus on vihemmén (parempi) kuin 0,003 astetta.

f. Syvireikdporauskoneet ja sorvit, jotka on muunnettu sopiviksi syvareiképoraukseen, joilla
maksimi poraussyvyys ylittdd 5 000 mm, seki niité varten erityisesti kehitetyt
komponentit.

2B003 "Numeerisesti ohjatut" tai kdsiohjatut tydstdkoneet ja niitd varten erityisesti suunnitellut

komponentit, ohjaukset ja lislaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu hdyldamasn,
viimeistelemé#n, hiomaan tai hoonaamaan karkaistuja (R, = 40 tai yli) lierishammaspy®rid,
ruuvipyorii tai kaksoisruuvipyorid, joiden jakohalkaisija on enemmaén kuin 1 250 mm ja
hampaan leveys on 15 % jakohalkaisijasta tai enemman, ja jotka on koneistettu AGMA 14:n
laatuisiksi tai paremmiksi (vastaa ISO 1328:n 3 luokkaa).
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2B004

2B005

Seuraavat kuuma"isostaattiset puristimet", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet ja niit4
varten erityisesti suunnitellut komponentit ja lisilaitteet:
Huom: KATSO MYOS 2B104 ja 2B204 KOHTA.

a. Suljetussa tilassaan saddettévi lampétila, ja kammiotilan sisdldpimitta on 406 mm tai
enemman; ja
b.  Jokin seuraavista:
1. MaksimitySpaine ylittdd 207 MPa;
2. Saddettavi lampdtila ylittdd 1 773 K (1 500 C) astetta; tai
3. Joissa on edellytykset hiilivetykylldstykseen ja syntyvien kaasumaisten
hajoamistuotteiden poistoon.

Tekn. Huom:

Kammion sisdldpimitta tarkoittaa sen tilan kokoa, jossa sekd tydlampétila ettd tyépaine

saavutetaan, eikd siihen sisdllytetd kiinnittimia. Tamd mitta on joko painekammion

sisdhalkaisija tai eristetyn kuumakammion sisihalkaisija ja on se, joka on pienempi, riippuen

siitd kumpi kammioista on toisen sisdlld.

Huom: Erityisesti suunnitellut suulakkeet, muotit ja laitteet: katso kohdat 1B003, 9B009 ja
asetarvikeluettelo.

Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet pinnoitusta, prosessointia ja pinnoitteen laadun
prosessin aikaista ohjausta varten, joilla aikaansaadaan epéorgaanisia pinnoitteita tai
pintamodifikaatioita johtamattomille substraateille kiyttien menetelmis, jotka on kuvattu
2E003.f kohdan jéljessi olevassa taulukossa ja siihen liittyvissd huomautuksissa, seki niti
laitteita varten erityisesti suunnitellut automaattiset kuljetus-, sijoitus-, késittely- ja
ohjauskomponentit:

a. "Ohjelmallisesti ohjatut" tuotantolaitteet kemiallista kaasufaasipinnoitusta varten (CVD),
Joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
Huom: KATSO MYOS 2B105 KOHTA.
1. Jokin seuraavista prosessin muunnoksista:
a. Syke-CVD (pulsating CVD);
b. Séddeltdva ydintymis-limpohajoaminen (CNTD); tai
c. Plasma-CVD; ja
2. Jokin seuraavista:
a. Sisaltdvat pydrivit tyhjotiivisteet (0,01 Pa tai vdhemman); tai
b. Sisaltdvat prosessin aikaisen kerrospaksuuden sdddon;

b. "Ohjelmallisesti ohjatut" ioni-istutustuotantolaitteet, joiden ionisuihkun virta on 5 mA tai
enemmén,;

c. "Ohjelmallisesti ohjatut" tuotantolaitteet elektronisuihkun avulla tapahtuvaa fysikaalista
kaasufaasipinnoitusta varten (EB-PVD), joihin sisiltyvien tehojérjestelmien nimellisteho
ylittdd 80 kW ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Nesteldhteen pinnan "laser"s44tdjirjestelms, joka tarkasti ohjaa tankojen
sybttdnopeutta; tai

2. Tietokoneohjattu nopeuden seuranta, jolla ohjataan kahta tai useampaa elementtia
sisiltdvin pinnoitteen kasvunopeutta ja joka perustuu hdyryvirrassa olevien
ionisoitujen atomien fotoluminesenssiin;
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d.  "Ohjelmallisesti ohjatut" plasmaruiskutustuotantolaitteet, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
1. Toimivat sdddettdvissd alennetussa paineessa (10 kPa tai vihemmén, mitattuna 300
mm:n siséltd suuttimen ulostulon yldpuolelta) tyhjokammiossa, joka ennen
suihkutusprosessia voidaan tyhjentdd 0,01 Pa:iin asti; tai
2. Sisiltdvit prosessin aikaisen kerrospaksuuden sigdén;

€. "Ohjelmallisesti ohjatut" sputterointituotantolaitteet, joiden virtatiheys voi olla
0,1 mA/mm?® tai suurempi, kun pinnoitusnopeus on 15 pm tunnissa tai suurempi;

f. "Ohjelmallisesti" ohjatut katodikaaripinnoitustuotantolaitteet, jotka sisaltavi
sihkdmagneeteista koostuvan hilan kaaren pisteen ohjaamiseksi katodilla;

g "Ohjelmallisesti ohjatut" ionipinnoitustuotantolaitteet, jotka mahdollistavat jonkin
seuraavan prosessin aikaisen mittauksen:

1.  Kerrospaksuuden mittauksen substraatin pi4lti ja pinnoitusnopeuden s34don; tai
2. Optisten ominaisuuksien mittauksen.
Huom: 2B005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi leikkaus- tai tydstotyokaluja varten

erityisesti suunniteltuja kaasufaasipinnoitus-, katodikaari-, sputterointipinnoitus-,
ionipddllystys- tai ioni-istutuslaitteita.

Seuraavat dimensioiden tarkastus- ja mittausjérjestelmit tai -laitteet:

a.  Tietokoneohjatut, "numeerisesti ohjatut" tai "ohjelmallisesti ohjatut"
mittatarkastuskoneet, joiden kolmen dimension pituuden (tilavuuden) "mittauksen
epédvarmuus” on (1,7 + L/1000) um tai pienempi (L on mitattu pituus millimetrein#)
standardin ISO 10360-2 mukaisesti testattuna;

Huom: KATSO MYOS 2B206 KOHTA.

b. Seuraavat lineaarisen ja kulmasiirtyméin mittausinstrumentit:
1. Lineaariset mittausinstrumentit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. Kosketuksettomat mittausjarjestelmit, joiden "resoluutio” on 0,2 um tai
vihemméin (parempi) 0,2 mm:n mittausalueella;
b.  Lineaariset differentiaalimuuntajajérjestelmit, joilla on molemmat
seuraavista ominaisuuksista:
1. "Lineaarisuus" on 0,1 % tai vdhemmin (parempi) mittausalueella, joka

on 5 mm tai pienempi; ja
2. Rydminti on 0,1 % tai vihemmaén (parempi) péivéssé testaushuoneen
vakioldmpdtilassa + 1 K astetta; tai

c. Mittausjéir{estelmét, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Sisaltdvit "laserin”; ja
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2B006 b.

1. c. jatkuu

2. Siilyttavit vahintdin 12 tuntia normaalilimpétilan + 1K asteen
vaihtelualueella ja normaalipaineessa kaikki seuraavat ominaisuudet:
a. "Resoluution" 0,1 mikrometri4 tai vahemman (paremman) koko
mittausalueella; ja
b. "Mittauksen epidvarmuuden” (0,2 + L/2 000) mikrometrii tai
véhemmén (paremman) (L on mitattu pituus millimetreini);

Huom: 2B006.b.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi
interferometrimittausjdrjestelmid, joilla ei ole suljetun tai avoimen
piirin takaisinkytkentdd, ja jotka sisaltavat "laserin” 9/()'st6koneen,
mittatarkastuskoneen tai vastaavien laitteiden luistin liikkeen virheits.

2. Kulman mittausinstrumentit, joiden "kiertymiskulman poikkeama" on 0,00025
astetta tai vahemman (parempi);
Huom: 2B006.b.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi optisia instrumentteja,
kuten autokollimaattoreita, jotka kdyttivt kollimoitua valoa peilin
kulmasiirtyman ilmaisemiseen.

Laitteet, joilla mitataan pinnan epétasaisuutta mittaamalla optista sirontaa kulman
funktiona ja joiden herkkyys on 0,5 nm tai pienempi (parempi).

Huom. 1 Tybstokoneet, joita voidaan kiyttia mittausasemina ovat valvonnanalaisia,
Jos niiden ominaisuudet tayttcivét tai ylittavit tyostokoneille tai
mittausasemille mddritellyt kriteerit.

Huom. 2:  Mittausasema on 2B006 kohdan mukaan valvonnanalainen, jos se ylittcidi
valvontakynnyksen missd tahansa toiminta-alueellaan.

2B007 "Robotit" ja niitd varten erityisesti suunnitellut ohjausyksikét ja "patetydvilineet":
Huom: KATSOMYOS 2B207 KOHTA.

a.

Kykenevit tosiaikaisesti tdyteen kolmiulotteiseen kuvan kisittelyyn tai tiyteen
kolmiulotteiseen 'nikokentin analysointiin' tuottaakseen tai muuntaakseen "ohjelmia" tai
numeerista ohjelmatietoa;

Tekninen huom.

'Nékokentdn analysointiin' liittyvd rajoitus ei sisclld kolmannen ulottuvuuden
approksimointia annetusta kulmasta eikd rajoitettua harmaasavyjen tulkinnan avulla
tapahtuvaa syvyyden tai pintarakenteen havaitsemista (2 1/2 D) hyvaksyttyjen tehtivien
suorittamiseksi.

On erityisesti suunniteltu vastaamaan kansallisia turvallisuusstandardeja, joita sovelletaan
rdjéhtdvien sotatarvikkeiden ympiristossi;

On erityisesti suunniteltu tai mitoitettu kestdmén siteily4 jonka kokonaisséteilyméiri on

enemmiin kuin 5 x 10° Gy (Pii) ilman, ett4 toimivuus huononee.
Tekn. Huom:

Termilld Gy (Pii) tarkoitetaan kilojouleina ilmaistuna energiamdidrdd, jonka suojaamaton
piindyte imee itseensd, kun se altistetaan ionisoivalle sdteilylle.

On erityisesti suunniteltu toimimaan yli 30 000 m:n korkeuksissa.



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 86

2B008

2B009

2B104

2B105

Seuraavat erityisesti tydstokoneita tai 2B006 tai 2B007 kohdan mukaan valvonnanalaisia
laitteita varten suunnitellut kokoonpanot, yksikét tai tyokalut:

a.  Lineaariset aseman takaisinkytkentiiyksikét (esim. induktiiviset laitteet, kalibroidut
asteikot, infrapunajérjestelmat tai "laser' JarJestelmat), joiden kokonaistarkkuus on
vahemman (parempi) kuin (800 + (600 x L x 10*)) nm (L on tehollinen pituus
millimetrein);

Huom: "Laser"jdrjestelmdt: katso myds huomautusta 2B006.b1 kohdassa.

b.  Pyordhdysaseman takaisinkytkentiyksikot, esim. induktiiviset laitteet, kalibroidut
asteikot, infrapunajérjestelmit tai "laser"jarjestelmit, joiden "tarkkuus" on vihemmin
(parempi) kuin 0,00025 astetta;

Huom: "Laser"jdrjestelmdit: katso myds huomautusta 2B006.b1 kohdassa.

c. "Yhdistelmépy6ropoydat” ja "kieppikarat”, joilla valmistajan spesifikaatioiden mukaan
voidaan parantaa tydst6koneiden laatua yli niiden tasojen, jotka on mééritelty 2B
kohdassa.

Dreijaussorvxt ja painesorvit, jotka valmistajan teknisen spesifikaation mukaan voidaan varustaa
"numeerisella ohjaus"yksikdilld tai tietokoneohjauksella ja joilla on kaikki seuraavat:
Huom: KATSO MYOS 2B109 JA 2B209 KOHTA.

a. Kaksi tai useampia ohjattavaa akselia, joista vahintdin kahta voidaan samanaikaisesti
koordinoida "dériviivachjauksessa"; ja
b.  Valssausvoima enemmén kuin 60 kN,

Tekn. huom:
Koneet, joissa yhdistyvit dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot, katsotaan 2B009 kohdan
tarkoituksessa painesorveiksi.

Muut kuin 2B004 kohdassa médritellyt "isostaattiset puristimet", joilla on kaikki seuraavat:
Huom: KATSO MYOS 2B204 KOHTA.

a. Suurin toimintapaine 69 MPa tai enemmin;

b. Suunniteltu saavuttamaan ja yllipitiméin 873 K (600°C) asteen kontrolloitua limpdtilaa
tai tit4 korkeampaa limpétilaa; ja

¢.  Kammion sisdhalkaisija 254 mm tai suurempi.

Muut kuin 2B005.a kohdassa mééritellyt CVD-uunit, jotka on suunniteltu tai muunnettu hiili-
hiilikomposiittien tiivistimiseen.
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2B109

2B116

2B117

Seuraavat, muut kuin 2B009 kohdassa mééritellyt painesorvit ja erityisesti suunnitellut
komponentxt
Huom: KATSO MYOS 2B209 KOHTA.

a. Painesorvit, joilla on kaikki seuraavat:

1. Jotka valmistajan teknisen eritelmén mukaan voidaan varustaa "numeerisella
ohjauksella" tai tietokoneohjauksella, silloinkin kun niiti ei ole varustettu sellaisilla
yksikoilld; ja

2. Joissa on useampi kuin kaksi akselia, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
"##riviivaohjauksessa".

b.  2B009 tai 2B109.a kohdassa méiritettyji painesorveja varten erityisesti suunnitellut
komponentit.

Huom: 2B109 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi koneita, joita ei voida kéyttid 94005,
94007.a tai 94105.a kohdissa méiriteltyjen tydntévoimakomponenttien ja
-laitteiden (kuten moottorikoppien) tuottamiseen.

Tekn. huom:
Koneet, joissa yhdistyvit dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot, katsotaan 2B109 kohdan
tarkoituksessa painesorveiksi.

Seuraavat tirinidntestausjirjestelmat sek laitteet ja komponentit niitd varten:

a. TarmantestauSJarJestelmat joissa kéytetiin takaisinkytkentd- tai suljetun silmukan
tekniikkaa, joissa on digitaalinen ohjain, jolla koejirjestelméd voidaan tdrisyttdd 10 g:n
rms tai suuremmalla tehollisarvolla koko taajuusalueella 20-2 000 Hz ja tuottaa 50 kN:n
tai sitd suurempia voimia 'paljaalla alustalla' mitattuna;

b.  Digitaaliset ohjaimet, joissa on erityisesti suunnitellut tirinéntestausohjelmistot, joiden
"tosiaikainen kaistanleveys" on suurempi kuin 5 kHz ja jotka on suunniteltu 2B116.a
kohdassa mainittujen tirinintestausjérjestelmien kéytta varten;

c. Téristimet (tarlstmyksxkot), vahvistimien kanssa tai llman, ]0111a voidaan tuottaa 50 kN:n
tai suurempi tirindvoima 'paljaalla alustalla' mitattuna ja joita voidaan kéyttds 2B116.a
kohdassa mainituissa tirindntestausjérjestelmissa;

d.  Koekappaleen kannatinrakenteet ja elektroniset yksikét, jotka on suunniteltu yhdistiméazn
useita erillisid téristinyksikoitd jarjesteimiksi, joka pystyy tuottamaan 50 kN:n tai
suuremman yhdistetyn tehollisen voiman 'paljaalla alustalla’ mitattuna ja joita voidaan
kdyttad 2B116.a kohdassa mainituissa tdrinéintestausjirjestelmiss.

Tekn. huom:
2B116 kohdassa 'paljaalla alustalla’ tarkoitetaan tasaista poytdd tai pintaa ilman kiinnittimid
tai sovitteita.

Prosessinohjaus- ja muut laitteet, paitsi 2B004, 2B005a, 2B104 tai 2B105 kohdassa méritellyt,
jotka on suunniteltu tai muunneltu rakettien suuttimien ja ilmakehd#n palaamaan tarkoitettujen
alusten karkikartioiden komposiittirakenteiden tiivistimalld tai pyrolysoimalla tapahtuvaa
valmistusta varten.
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2B119 Tasapainotuskoneet ja niihin liittyvit laitteet seuraavasti:

Huom: KATSO MYOS 2B219 KOHTA.

a. Tasapainotuskoneet, joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

1. Niilld ei voi tasapainottaa roottoreita’kokoonpanoja, joiden massa on suurempi

kuin 3 kg;

2. Niilld on voitava tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja nopeuksilla, jotka ovat

suurempia kuin 12 500 kierrosta minuutissa;

3. Niilld on voitava korjata epétasapaino kahdessa tai useammassa tasossa; ja

4,  Niilld on voitava tasapainottaa siten, ettd jidnndsepitasapaino on 0,2 g mm

roottorin massan kutakin kiloa kohden;

Huom: 2B119.a ei aseta valvonnanalaiseksi hammashoitolaitteita tai muita
lackinnallisid laitteita varten suunniteltuja tai muunnettuja
tasapainotuskoneita.

b.  2B119.a kohdassa médriteltyjen koneiden kanssa kéytettavaksi suunnitellut tai muunnetut

ilmaisinpaét. ‘

Tekn. huom:

Ilmaisinpaddt tunnetaan toisinaan nimelld tasapainotuslaitteisto.

2B120 Liikesimulaattorit tai pyorityspoydit, joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

a. Kaksi akselia tai enemmaén;

b.  Liukurenkaat, joilla voidaan vilittiid sihkdtehoa ja/tai signaalitietoa; ja

c.  Joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Yksittdisen akselin osalta kaikki seuraavista:

a.  Kulmanopeus 400 astetta/s tai enemman taikka 30 astetta/s tai vihemmin; ja
b.  Kulmanopeuden erottelukyky 6 astetta/s tai vahemman ja tarkkuus 0,6
astetta/s tai vihemman;

2. Huonoin kulmanopeuden stabiilisuus sama tai parempi (vidhemman) kuin plus tai

miinus 0,05 prosenttia keskiarvotettuna 10:1le tai useammalle asteelle; tai

3. Asemointitarkkuus 5 kaarisekuntia tai parempi.

Huom: 2B120 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi tydstékoneita tai lddkinndllisid laitteita
varten suunniteltuja tai muunnettuja pyéropoytid. Tyostokoneiden pyordpoytien
valvonnan osalta katso 2B008 kohta.

2B121 Muut kuin 2B120 kohdassa médritellyt asemointipoydit (laitteet tismélliseen py6roasemointiin

mink3 tahansa akselin osalta), joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

a.  Kaksi akselia tai enemmaén; ja
b.  Asemointitarkkuus 5 kaarisekuntia tai parempi.

Huom: 2B121 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi tyostokoneita tai lddkinnallisid laitteita
varten suunniteltuja tai muunnettuja pydropoytid. Tyostokoneiden pyordpoytien
valvonnan osalta katso 2B008 kohta.

2B122 Lingot, joilla voidaan saavuttaa yli 100 g:n kiihdytys ja joissa on liukurenkaat, joilla voidaan
vilittdd sahkotehoa ja signaalitietoa.
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2B201 Seuraavat, muut kuin 2B001 kohdassa maritellyt tydstokoneet, Jotka on tarkoitettu tydstdméin
(tai leikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai "komposiitteja" ja jotka valmistajan teknisten
spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa elektronisilla laitteilla kahden tai useamman akselin
samanaikaista "dériviivaohjausta” varten;

a. Tybstokoneet jyrsintid varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
Paikannustarkkuus "kalkkme kdytettdvissd olevine kompensomtemeen" on saman
suuruinen, tai vihemmaén (parempi) kuin 6 pm ISO 230/2:n (1988)' tai vastaavien
kansallisten standardien mukaisesti méériteltyjd minka tahansa lineaarisen akselin
suuntaan; tai

2. Kaksi tai useampi akseli, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
ddriviivaohjauksessa;
Huom: 2B201.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi jyrsintikoneita, joilla on
seuraavat ominaisuudet:

a.  X-akselin litkkuma on suurempi kuin 2 m; ja
b.  X-akselin kokonaispaikannustarkkuus on enemméin (huonompi) kuin
30 um.

b.  Tydstokoneet hiontaa varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Paikannustarkkuus "kaikkine kiytettdvissd olevine kompensomtemeen on saman
suuruinen tai vihemman (parempi) kuin 4 pm ISO 230/2:n (1988)° tai vastaavien
kansallisten standardien mukaisesti m#riteltyjd mink4 tahansa lineaarisen akselin
suuntaan; tai

2. Kaksi tai useampia py6rivid dériviiva-akseleita.

Huom: 2B001.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia hiomakoneita:

a.  Ulkopuolisia, sisdpuolisia tai ulko-sisépuolisia pybréhiomakoneita,

Joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1 Kone on rajoitettu vain pyéréhiontaan;
2. Hiomakoneen tydkappaleen maksimikoko on ulkohalkaisijaltaan
tai pituudeltaan 150 mm.
3. Korkeintaan kahta akselia voidaan samanaikaisesti koordinoida
"ddriviivaohjauksessa"; ja
4.  Eisisdlld c-ddriviiva-akselia

b.  Mallinetyéstikoneet, joissa on vain x, y ja c akselit ja c-akselia
kdytetdidn pitdmddn hiomalaikkaa kohtisuorassa tyépintaan néihden ja
a-akseli on konfiguroitu hiomaan nokkarumpuja;

c Tyokalu- tai leikkuuterien hiomakoneita, jotka on varustettu erityisesti
suunnitelulla "ohjelmistolla" tyékalujen tai leikkuuterien valmistusta
varten, tai

d Kampiakselin tai nokka-akselin hiomakoneet.

Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi
neuvoteltava sen jisenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
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2B204

2B206

2B207

Muut kuin 2B004 tai 2B104 kohdassa méiritellyt "isostaattiset puristimet" ja niihin liittyvit
laitteet seuraavasti:

a. "isostaattiset puristimet", joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. kykenevit saavuttamaan 69 MPa tai suuremman maksimitoimintapaineen;
2. kammion siséhalkaisija on suurempi kuin 152 mm;

b. 2B204.a kohdassa mé#riteltyjd "isostaattisia puristimia" varten erityisesti suunniteltut
muotit ja ohjauslaitteet.

Tekn. Huom:

2B204 kohdassa kammion sisdmitta on sen kammion mitta, jossa saavutetaan sekd
toimintaldmpotila ettd toimintapaine, eikd siind oteta huomioon kiinnittimid. Ilmoitettu mitta on
sisdhalkaisijoista pienempi, eli painekammion tai eristetyn uunikammion sisdhalkaisija,
riippuen siitd, kumpi kammio on toisen sisdlld.

Seuraavat, muut kuin 2B006 kohdassa m#éritellyt, mittatarkastuskoneet, -instrumentit ja
jarjestelmat:

a. Tietokoneohjatut, "numeerisesti ohjatut" tai ohjelmallisesti ohjatut mittatarkastuskoneet,
joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Kaksi tai useampia akseleita; ja
2. Yhden dimension pituuden "mittauksen epdvarmuus” on
(1,25 + L/1 000) um tai pienempi (parempi) testattuna anturilla, jonka "tarkkuus"
on pienempi (parempi) kuin 0,2 pm (L on mitattu pituus millimetreind); (Viite:

VDI/VDE 2617 Osat 1 ja 2);
b.  Lineaarisen ja kulmasiirtymén samanaikaiseen tarkasteluun kykenevit jirjestelmiit, joilla
on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. "Mittauksen epivarmuus” miti tahansa lineaarista akselia pitkin on 3,5 um tai
vihemmin (parempi) 5 mm matkalla; ja
2. "Kiertymiskulman poikkeama" on 0,02 astetta tai vihemmin.

Huom. I:  Tydstokoneet, joita voidaan kéiyttid mittauskoneina ovat valvonnanalaisia, jos
niiden ominaisuudet téyttiviit tai ylittavdt tyostékoneille tai mittausasemille
mddritellyt kriteerit.

Huom. 2:  2B206 kohdassa mdidritelty kone on valvonnanalainen, jos se ylittid
valvontakynnyksen missé tahansa toiminta-alueellaan.

Tekn. Huom;

1. Mittauksen epdvarmuuden mddrittimiseen kéytetyn anturin tulee olla kuvattu VDI/VDE

2617:n 2, 3 ja 4 osassa.

2. Kaikki 2B206 kohdassa esitetyt mittausarvot tarkoittavat positiivista tai negatiivista

poikkeamaa viitearvosta, eivit koko valystd.

Seuraavat muut kuin 2B007 kohdassa mééritellyt "robotit", "péitetyovilineet" ja
"ohjausyksikot":

a. "Robotit" ja "padtetydvilineet", jotka on erityisesti suunniteltu tiyttiméin voimakkaiden
rdjihteiden késittelyd koskevat kansalliset turvaméairaykset (tdyttivit esimerkiksi
voimakkaita rajahteitd koskevat sihkosainnokset);
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2B207

2B209

2B219

2B225

jatkuu

b.  ohjausyksikét, jotka on erityisesti suunniteltu 2B207.a kohdassa midriteltyji "roboiteja"
ja "pditetyovilineitd" varten.

Seuraavat, muut kuin 2B009 ja 2B109 kohdassa maéritellyt painesorvit ja dreijaussorvit, jotka
kykenevit painesorvin toimintoihin, seka karat:

a.  Koneet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Kolme tai useampia valsseja (aktiivisia tai ohjaavia); ja
2. Jotka valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa
"numeerisella ohjaus"yksikéilla tai tietokoneohjauksella;

b. Roottorin muotoilukarat, jotka on suunniteltu muotoilemaan lieriémiisi roottoreita, joiden
sisdldpimitta on 75 mm ja 400 mm vilill.

Huom: 2B209.a kohta sisdltdd koneet, joissa on vain yksi metallin muotoiluun suunniteltu
valssi ja kaksi lisdvalssia, jotka kannattelevat karaa, mutta eivit suoraan osallistu
muodonmuutosprosessiin.

Seuraavat kiinte#t tai kannettavat, vaaka- tai pystysuuntaiset keskipakovoimaan perustuvat
monitasotasapainotuskoneet:

a.  Joustavien, vahintdsin 600 mm pitkien roottoreiden tasapainottamiseen tarkoitetut
keskipakovoimaan perustuvat monitasotasapainotuskoneet, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

1. Pyorihdyshalkaisija tai akselitapin halkaisija suurempi kuin 75 mm;
2. Massankisittelykyky 0,9-23 kg; ja
3. Kierrosnopeus tasapainotettaessa yli 5 000 kierrosta minuutissa;

b.  Onttojen lieriéméisten roottorinosien tasapainottamiseen tarkoitetut
keskipakotasapainotuskoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Akselitapin halkaisija suurempi kuin 75 mm;

2. Massankisittelykyky 0,9-23 kg;

3. Kykeneviit tasapainottamaan niin, etti jiinndsep4tasapaino kussakin tasossa on
enintddn 0,010 kg x mm/kg; ja

4, Ovat hihnakéyttoisid.

Kaukokisittelylaitteet, joita voidaan kéyttdd kaukotydskentelyyn radiokemiallisessa erotuksessa
tai kuumakammiot, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a. pystyvit ldpdisemédn 0,6 m paksun tai paksumman kuumakammion seinén (seinén lipi

tyoskentely); tai

b. pystyvét kurottamaan 0,6 m paksun tai paksumman kammion seinn yli (seinén yli
tyOskentely).

Tekn. huom:

Kaukokdsittelylaitteilla vilitetiidin operaatiorin liikkeet kayttovarteen ja pddtetydkaluun. Ne voivat
olla 'isantd-orja'-tyyppisid tai niitd kéytetcidin ohjaimella tai ndppdimistolta.
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2B226

2B227

2B228

Kontrolloidun ympiériston (tyhjio- tai inerttikaasu)induktiouunit ja niiden teholihteet
seuraavasti:

Huom: KATSO MYOS 3B KOHTA.

a.  Uunit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Voidaan kayttdd yli 1 123 K (850 C) asteen lampétiloissa;
2. Induktiokelojen halkaisija on 600 mm tai pienempi; ja
3. Kiytetdsn 5 kW:n tai suuremmalla sy6ttoteholla;

b.  Erityisesti 2B226.a kohdassa mééritetyille uuneille suunnitellut teholihteet, joiden
maédritelty teho on 5 kW tai suurempi.

Huom: 2B226.a kohdassa ei tarkoiteta puolijohdekiekkojen valmistukseen suunniteltuja
uuneja.

Seuraavat kontrolloidun ympiriston metallurgiset sulatus- ja valu-uunit sek niihin liittyvit
laitteet:

a.  Valokaaritoistosulatus- ja valu-uunit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. niiden sulavaelektrodikapasiteetti on 1 000 cm® — 20 000 cm® ; ja
2. nekykenevit toimimaan yli 1 973 K (1 700 C) asteen sulatusldmpétiloissa;

b.  Elektronisuihkusulatusuunit seké plasmasumutus- ja sulatusuunit, joilla on molemmat
seuraavat ominaisuudet:
1. niiden teho on 50 kW tai suurempi; ja
2. ne kykenevit toimimaan yli 1 473 K (1 200 C) asteen sulatusldmpétiloissa.

c.  2B227a. tai b. kohdissa olevia uuneja varten erityisesti konfiguroidut tietokoneohjaus- ja
valvontajérjestelmit.

Seuraavat roottorien valmistus- tai kokoonpanolaitteet, roottorien suoruuden varmistavat
laitteet, sekd paljemuovaustuurnat ja muotit:

a.  Roottorien kokoonpanolaitteet, kaasusentrifugien roottorilohkojen, ohjauslevyjen ja
pédtylaippojen kokoamiseen;
Huom: 2B228.a kohtaan sisdltyviit tarkkuustuurnat, puristimet ja
kutistussovituskoneet;

b.  Roottorien suoruuden varmistavat laitteet, joiden avulla kaasusentrifugien roottorien
lohkot linjataan yhteiselle akselille;
Tekn. huom.
2B228.b kohdassa tdllaiset laitteet koostuvat yleensd tietokoneeseen kytketyistd
tarkkuusmittapdistd, joiden avulla tietokone ohjaa roottoriputkilohkojen linjaukseen
kaytettiivien, esimerkiksi paineilmakdyttoisten, iskumdntien toimintaa.

c.  Paljemuovaustuurnat ja muotit, joiden avulla valmistetaan yksikierteisid palkeita.
Tekn. huom:
2B228.c. kohdassa tarkoitetuilla palkeilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
Sischalkaisija 75400 mm;
Pituus 12,7 mm tai suurempi;
Yhden kierteen syvyys yli 2 mm; ja
Valmistusaineina lujat alumiiniseokset, maraging-terds tai lujat "kuitu- tai
sdiemateriaalit".

AN W~
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2B230

2B231

2B232

2B350

"Paineldhettimet", jotka pystyvit mittaamaan absoluuttista painetta alueella 0-13 kPa ja joilla on
molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.  Painetta anturoiva elementti on valmistettu tai suojattu alumiinilla tai alumiiniseoksella,
nikkelill4 tai enemmaén kuin 60% nikkeliZ sisdltdvilld nikkeliseoksella; ja

b.  joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Mitta-alue enintdédn 13 kPa ja 'tarkkuus’ parempi kuin £1 % tdydesti mitta-
alueesta; tai
2. Kokonaismitta-alue 13 kPa tai suurempi ja ‘tarkkuus' parempi kuin 130 Pa.

Tekn. huom:
2B230 kohdassa 'tarkkuuteen’ sisdltyy epdlineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus ympdriston
lampdtilassa.

Tyhjépumput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Systtéliitdnndn smahalkalsga on 380 mm tai suurempi;
b.  Pumppausnopeus 15 m*/s tai suurempi ja
c.  Niiden avulla pystytid4dn saamaan aikaan parempi kuin 13 mPa:n lopullinen tyhjé.

Tekn. huom:
1 Pumppausnopeus mddritetdcn mittauspisteessd typpikaasulla tai ilmalla.
2. Lopullinen tyhjé mddritellddn pumpun syotepddssd sydteputken ollessa suljettuna.

Monivaiheiset kevyet kaasutykit tai muut suumopeustykkl_;ar_]estelmat (kédmeihin perustuvat,
sihkdmagneettiset, ja sihkdtermiset tyypit ja muut pitkille kehitetyt jarjestelmit), joiden avulla
ammukset voidaan kiihdyttds 2 km/s tai suurempiin nopeuksiin.

Seuraavat kemikaalien valmistuslaitokset ja laitteet:

a. Sekoma_]llla tai ilman niitd varustetut reaktioastiat, joiden sisatilavuus on suurempi kuin
0,1 m* (100 1) ja pienempi kuin 20 m® (20 000 1), joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat
suoraan kosketukseen valmistettavan tai siilytettivin kemikaalin (kemikaalien) kanssa,
on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmin kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmén kuin

20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereistd;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

Nikkelista tai seoksista, joissa on enemmén kuin 40 painoprosenttia nikkeli;

Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

NN

b.  Sekoittajat, joita kiytetddn ylldmainituissa reaktioastioissa tai reaktoreissa, joissa kaikki
sekoittajan pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai saxlytettavan
kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemman kuin
20 painoprosenttia kromia;
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2B350

b.

jatkuu

2. Fluoripolymeereisti;

3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4. Nikkelistd tai seoksista, joissa on enemmén kuin 40 painoprosenttia nikkelis;
5. Tantaalista tai tantaaliseoksista;

6.  Titaanista tai titaaniseoksista; tai

7.  Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

Varastosdilidt, sailiot tai kerdysastiat, joiden sisatilavuus on suurempi kuin 0,1 m® (100 I),
joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai siilytettavin
kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
Metalliseoksista, joissa on enemmin kuin 25 painoprosenttia nikkeli4 ja enemmin
kuin 20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereist;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

Nikkelistd tai seoksista, joissa on enemmin kuin 40 painoprosenttia nikkelis;
Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

NonawN

Limm&nvaihtimet tai lauhduttimet, joiden limménvaihtopinta on vihemmin kuin 20 m?,
joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai siilytettavin
kemikaalien (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista;

1. Seoksista, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelii ja enemmsn kuin
20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereisti;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Grafiitista;

Nikkelistd tai seoksista, joissa on enemmén kuin 40 painoprosenttia nikkeli;
Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista taj titaaniseoksista;

Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

Piikarbidista; tai

Titaanikarbidista;

S0P NALBE LN

e

Tislaus- tai imeytyskolonnit, joiden sisghalkaisija on suurempi kuin 0,1 m; joissa kaikki
pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien)
kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

Seoksista, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelii ja enemmin kuin
20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereisti;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Grafiitista;

Nikkelistd tai seoksista, joissa on enemman kuin 40 painoprosenttia nikkeli;
Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

e RN ol o

Kauko-ohjatut tdyttlaitteet, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen

valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista

materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmin kuin
20 painoprosenttia kromia; tai

2. Nikkelisti tai seoksista, joissa on enemmin kuin 40 painoprosenttia nikkelis;
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jatkuu

g.

Monitiivisteventtiilit, joihin siséltyy vuodonilmaisuventtiili, paljetiivisteventtiilit,
takaisku- tai diafragmaventtiilit, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan
kosketukseen valmistettavan tai siilytettivin kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on
valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmaén kuin 25 painoprosenttia nikkeli4 ja enemmdn kuin
20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereisti;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Nikkelist tai seoksista, joissa on enemmén kuin 40 painoprosenttia nikkelis;
Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkoniumista tai zirkoniumseok‘sista;

R ol ad o

Moniseindmaiset putkistot, joihin siséltyy vuodonilmaisuventtiili, joiden kaikki pinnat,
jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai sdilytettivin kemikaalin
(kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemman kuin
20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereist;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Grafiitista;

Nikkelistd tai seoksista, joissa on enemmin kuin 40 painoprosenttia nikkelig;
Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkonjumista tai zirkoniumseoksista;

e BN bl o

Monitiivisteiset, hihnavetoiset, magneettivetoiset, palje- tai dlafragmapumput joiden
valmistajan ilmoittama maksxmwtrtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m*/h, tai
vakunmlpumput joiden valmistajan ilmoittama maksxmlvmausnopeus on suurempi kuin
5m’h (vakioldmpétilassa (0 C, 273 K astetta) ja -ilmanpaineessa (101,30 kPa)), jossa
kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin
(kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on énemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemman kuin
20 painoprosenttia kromia;

Keraameista;

Ferropiisti;

Fluoripolymeereisti;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Grafiitista,

Nikkelisti tai seoksista, joissa on enemmén kuin 40 painoprosenttia nikkelis;
Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

0. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

SORENOL A LN

Erityisesti suunnitellut, 1C350 kohdassa miériteltyjen kemikaalien havittimiseen

tarkoitetut polttolaitokset, joissa on erityisesti suunnitellut jatteen systtdjdrjestelmat,

erityiset kisittelylaitteet ja keskiméérdinen polttokammion ldmpétila suurempi kuin

1273 K (1 000 C) astetta, joissa kaikki jitteensyottojirjestelmén pinnat, jotka tulevat

suoraan kosketukseen jitetuotteiden kanssa, on valmistettu tai vuorattu (pinnoitettu)

seuraavilla materiaaleilla:

1. Seokset, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmin kuin
20 prosenttia kromia;

2. Keraamit; tai

3. Nikkeli tai seokset, joissa on enemmin kuin 40 painoprosenttia nikkelig.
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2B351

2B352

Seuraavat myrkyllisten kaasujen valvontajérjestelmét ja niiden erikoisilmaisimet:

a.

b.

Jotka on suunniteltu jatkuvaan toimintaan ja joita kiytetddn ilmaisemaan kemiallisia
taisteluaineita tai 1C350 kohdassa méériteltyja kemikaaleja pitoisuuksina, jotka ovat
vihemmén kuin 0,3 mg/m®; tai

Jotka on tarkoitettu ilmaisemaan yhdisteits, joilla on koliiniesteraasia estiva aktiivisuus.

Seuraavat biologisten aineiden kisittelyyn soveltuvat laitteet:

a.

Taydelliset biologiset turvatilat, joiden turvataso on P3 ja P4;

Tekn._huom:

P3 ja P4 (BL3, BL4, L3, L4) turvatasot on mddritelty WHO:n (World Health
Organization) Laboratorion bioturvakdsikirjassa (Laboratory biosafety manual) (Geneve
1983).

Fermenttorit, joilla voidaan kasvattaa patogeenisid "mikro-organismeja", viruksia tai
tuottaa toksiineja ilman aerosolien muodostusta, ja joiden kokonaiskapasiteetti on
véhintdin 100 litraa;

Tekn. huom:

Fermenttoreihin kuuluvat bioreaktorit, kemostaatit sekd jatkuvan virtausperiaatteen
Jdrjestelmdit.

Keskipakoerottimet, jotka pystyvit jatkuvaan erotukseen ilman aerosolimuodostusta, ja
Joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet: ‘

1. Virtausnopeus ylittd 100 litraa tunnissa;

2. Komponentit ovat kiillotettua ruostumatonta terésti tai titaania;

3. Kaksin- tai moninkertaiset tiivistesulut hdyrysteriloitavalla alueella; ja

4.  Steriloitavissa hoyrylld paikalla ja suljettuna;

Tekn. huom:

Keskipakoerottimet sisdltdvat dekantterit.

Risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteet, jotka pystyvit jatkuvaan erotukseen ilman
aerosolimuodostusta, ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

1. Suodatuspinnan koko vihintiin 5 m%; ja

2. Steriloitavissa paikalla;

Hoyrysteriloitavat kylmékuivauslaitteet, joiden kondensaatiokapasiteetti ylittda 50 kg
jé#td 24 tunnissa ja enintddn 1 000 kg ja4td 24 tunnissa;

Seuraavat laitteet, jotka sisaltavit tai sisiltyvit P3 tai P4 turvatiloihin:
1. Itsendisen ilmanvaihdon puoli- ja kokosuojapuvut;
2. Biologiset suojakaapit tai eristysvarusteet, jotka tayttivit vastaavat
suoritusvaatimukset;
Huom: 2B352.1.2 kohdassa isolaattoreihin kuuluvat joustavat isolaattorit,
kuivakaapit, anaerobikammiot, hansikaskaapit ja
laminaarivirtaushuuvat.

Kammiot, jotka on suunniteltu "mikro-organismeilla" tai "toksiBineilla" tehtavid
aerosolialtistuskokeita varten ja joiden kammiotilavuus on 1 m’ tai suurempi.
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2C

2D

2D001

2D002

2D101

2D201

2D202

Materiaalit

Ei ole.

Ohjelmistot

Muut kuin 2D002 kohdassa mééritetyt "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai

muunnettu 2A001 tai 2B001-2B009 kohdassa midriteltyjen laitteiden "kehittdmista",
"tuotantoa" tai "kéytt64" varten.

Elektronisten laitteiden "ohjelmistot", mys kun ne pysyvasti ovat elektronisessa laitteessa tai
jérjestelmissi, ja jotka mahdollistavat ndiden laitteiden tai jirjestelmien toiminnan
"numeerisena ohjaus"yksikkoni ja pystyvit johonkin seuraavista:

a.  Koordinoimaan samanaikaisesti useampaa kuin nelji akselia "ddriviivaohjauksessa"; tai

b.  "Tosiaikaisesti kisittelem#in" tietoa tySkalun reitin, sySttdnopeuden ja karan tietojen
muuttamiseksi tydstéoperaation aikana jollakin seuraavista tavoista:
1. Automaattinen tydstdohjelman tietojen laskenta ja muuttaminen tySstdmisté varten
kahden tai useamman akselin suunnassa mittaussyklien ja alkutietojen avulla;
tai
2. "Adaptiivinen s##t3", jossa prosessin optimoimiseksi enemmén kuin yksi

fysikaalinen suure mitataan ja kisitelldsn laskentamallin (-strategian) avulla yhden
tai useamman tyostékéskyn muuttamiseksi.

Huom; 2D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja”, jotka on erityisesti
suunniteltu tai muunnettu tydstokoneille, jotka eivit ole 2 ryhmdn mukaan
valvonnanalaisia.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2B104, 2B105, 2B109, 2B116,
2B117 tai 2B119 — 2B122 kohdassa médriteltyjen laitteiden "kéyttod" varten.
Huom: KATSO MYOS 9D004 KOHTA.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 tai 2B227
kohdassa méiriteltyjen laitteiden "kiytto4" varten.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2B201 kohdassa midriteltyjen
laitteiden "kehittdmistd", "tuotantoa" tai "kiyttod" varten.
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2E Teknologia

2E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A, 2B tai 2D kohdassa méériteltyjen
laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittimistd" varten.

2E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A tai 2B kohdassa mériteltyjen
laitteiden "tuotantoa" varten.

2E003 Seuraavat muut "teknologiat":

a. "Teknologia" "numeerisen ohjaus"yksikén integroituna osana olevan tydstdohjelmien
laatimiseksi tai muuntamiseksi tarvittavan interaktiivisen grafiikan kehittdmista varten;

b.  Seuraavat "teknologiat" metalliteollisuuden valmistusprosesseja varten:

1. Seuraavia prosesseja varten erityisesti suunniteltujen tySkalujen, muottien tai
kiinnittimien suunnittelu"teknologia":
a.  "Superplastinen muovaus";
b. "Diffuusioliittdiminen"; tai
c. "Suoravaikutteinen hydraulipuristus™;

2.  Tekninen tieto, joka koostuu alla luetelluista prosessimenetelmisti tai niiden
parametreista, ja jolla ohjataan:

a.  Alumiiniseosten, titaaniseosten tai "superseosten" "superplastisen
muovauksen":
1. Pinnan valmistelua;
2. Jdnnityksen tasoa;
3.  Lampdétilaa;
4, Painetta;
b. "Superseosten" tai titaaniseosten "diffuusioliittimisen":
1. Pinnan valmistelua;
2. Lampétilaa;
3. Painetta;
c.  Alumiiniseosten tai titaaniseosten "suoravaikutteista hydraulipuristuksen":
1. Painetta;
2. Jakson aikaa;
d.  Titaaniseosten, alumiiniseosten tai "superseosten" "kuumaisostaattisen
puristuksen":
1. Lampétilaa;
2. Painetta;

3. Jakson aikaa;
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2E003

2E101

2E201

2E301

jatkuu

C.

"Teknologia" lentokoneen runkorakenteiden valmistukseen tarkoitettujen hydraulisfen
venytysmuovauskoneiden ja niiden muottien "kehittdmista" tai "tuotantoa" varten;

"Teknologia" "numeerisessa ohjaus"yksik&ss# olevasta suunnittelutiedosta tuotettavien
tybstokonekaskyjen (esim. tydstdohjelmien) ohjelmakehittimien "kehittimist4" varten;

"Teknologia" valmistusosaston toimintojen kehittyneen pastsksenteon tukemiseksi
"numeerisiin ohjaus"yksik&ihin asiantuntijajérjestelmi sisallyttavien
integrointi"ohjelmistojen" "kehittimisti" varten;

"Teknologia", jolla epdorgaanisilla paillystyspinnoitteilla tai epdorgaanisilla
pinnanmuunnospinnoitteilla (méritelty seuraavan taulukon 3 sarakkeessa) pinnoitetaan
Johtamattomia substraatteja (miiritelty seuraavan taulukon 2 sarakkeessa) seuraavan
taulukon 1 sarakkeessa médritellyilld ja Teknisessd Huomautuksessa kuvatuilla
prosesseilla.

Huom: Taulukko ja tekniset huomautukset on esitetty 2E301 kohdan jélkeen.

"Teknologia" Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B004, 2B009, 2B104, 2B109,
2B116 tai 2D101 kohdassa maériteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kéytto4" varten.

"Teknologia" Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A225, 2A226, 2B001, 2B006,
2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 - 2B232,
2D201 taj 2D202 kohdassa midriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kiiytt54" varten.

"Teknologia" Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B350—-2B352 kohdassa méériteltyjen
tuotteiden "kdyttod" varten.
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TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT

1. Pinnoitusprosessi (1)’ 2. Substraatti 3. Pinnoitetulos
A. Kemiallinen kaasu- "superseokset"” aluminidit sis#isiin kanaviin
faasipinnoitus(CVD)
Keraflmiset aineet silisidit
(19) ja vahan karbidit
laajenevat lasit dielektriset kerrokset (15)
(14) timantti
timantin kaltainen
hiili (17)
hiili-hiili-, silisidit
keraami- ja karbidit
metalli- tulenkestivit metallit
"matriisi" "komposiitit" niiden sekoitukset (4)

dielektriset kerrokset (15)
aluminidit

seostetut aluminidit (2)
boorinitridi
Volframikarbidi- karbidit
kovametalli(16), volframi
piikarbidi (18) niiden sekoitukset (4)
dielektriset kerrokset (15)
molybdeeni ja dielektriset kerrokset (15)
molybdeeniseokset
beryllium ja dielektriset kerrokset (15)
berylliumseokset timantti

anturi-ikkunamateriaalit (9)

timantin kaltainen hiili (17)

dielektriset kerrokset (15)
timantti
timantin Kkaltainen hiili (17)

Suluissa olevat numerot viittaavat timén taulukon jéljessé oleviin huomautuksiin.



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 101

TAULUKKO - PINNOJITUSTEKNIIKAT

2.  Substraatti

1.  Pinnoitusprosessi (1) 3. Pinnoitetulos
B. Terminen hoyrystys-
fysikaalinen hSyrypinnoitus
(TE-PVD)
B.l1. PVDtai "superseokset"” seostetut silisidit
EB-PVD seostetut aluminidit (2)
MCrAIX (5)

keraamiset aineet (19) ja
véihin laajenevat lasit (14)

korroosionkestivi terds (7)

hiili-hiili-,
keraami- ja
metalli-
"matriisikompo-
siitit"

volframikarbidi-
kovametalli (16)
piikarbidi (18)
molybdeeni ja
molybdeeniseokset

beryllium ja berylliumseokset

anturi-ikkunamateriaalit (9)

titaaniseokset (13)

muunnettu zirkoniumoksidi (12)
silisidit

aluminidit

niiden sekoitukset(4)

dielektriset kerrokset (15)

MCrAIX (5)

muunnettu zirkoniumoksidi (12)
niiden sekoitukset (4)

silisidit

karbidit

tulenkestévit metallit

niiden sekoitukset(4)
dielektriset kerrokset (15)

boorinitridi
karbidit
volframi

niiden sekoitukset(4)
dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)
boridit

beryllium

dielektriset kerrokset (15)

boridit
nitridit
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B.2.

TAULUKKOQO - PINNOITUSTEKNIIKAT

Pinnoitusprosessi (1)

Toniavusteinen resistiivinen
kuumennus PVD (ioni
pinnoitus)

2. Substraatti

Keraamiset aineet (19)
ja vihidn laajenevat lasit (14)

hiili-hiili-,
keraamiset ja metalli-
"matriisi" "komposiitit"

volframikarbidi-
kovametalli (16),
piikarbidi

molybdeeni ja
molybdeeniseokset

beryllium ja
berylliumseokset

anturi-ikkunamateriaalit (9)

3. Pinnoitetulos

dielektriset kerrokset (15)
timantin kaltainen hiili (17)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)
timantin kaltainen hiili (17)

B.3. "Laser"- PVD

Keraamiset aineet (19) ja vdhin
laajenevat lasit (14)

hiili-hiili-, keraami- ja metalli-
"matriisi" "komposiitit"

volframikarbidi-
kovametalli (16),
piikarbidit

molybdeeni ja
molybdeeniseokset

beryllium ja berylliumseokset

anturi-ikkunamateriaalit (9)

silisidit
dielektriset kerrokset (15)
timantin kaltainen hiili (17)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)
timantin kaltainen hiili




2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 103

vB
TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT
1. Pinnoitusprosessi (1) 2. Substraatti 3. Pinnoitetulos
B.4. Katodikaari- "superseokset" seostetut silisidit
Purkaus PVD seostetut aluminidit (2)
MCrAIX (5)
polymeerit (11) ja boridit
"komposiitit", joilla on karbidit
orgaaninen "matriisi" nitridit
timantin kaltainen hiili (17)
C. Hiilletyslaatikko- karkaisu hiili-hiili-, silisidit
(Katso edelld kohta A. muun keraami- ja metalli-"matriisi" karbidit
kuin laatikko-karkaisun "komposiitit" niiden sekoitukset (4)
osalta) (10)
titaaniseokset (13) silisidit
aluminidit
seostetut aluminidit (2)
tulenkestivit metallit ja niiden silisidit
seokset (8) oksidit
D.  Plasmaruiskutus "superseokset" MCrAIX (5)
muunnettu zirkoniumoksidi (12)
niiden sekoitukset (4)

muovattava nikkeligrafiitti

' muovattavat Ni-Cr-Al-pitoiset aineet
muovattavat Al-Si-polyesteri
seostetut aluminidit (2)

alumiiniseokset (6) MCrAIX (5)
muunnettu zirkoniumoksidi (12)
silisidit
niiden sekoitukset (4)
tulenkestavit metallit ja aluminidit
seokset (8) silisidit
karbidit
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TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT

1. Pinnoitusprosessi (1) 2. Substraatti

D.  (jatkoa) korroosionkestévit terdkset (7)

titaaniseokset (13)

3. Pinnoitetulos

MCrAIX (5)
muunnettu zirkoniumoksidi

(12)
niiden sekoitukset (4)

karbidit

aluminidit

silisidit

seostetut aluminidit (2)
muovattava nikkeligrafiitti
muovattavat Ni-Cr-Al-pitoiset
aineet

muovattava Al-Si-polyesteri

E. Lietepinnoitus tulenkestévit metallit ja seokset

fuusatut silisidit

6)) fuusatut aluminidit paitsi
ldmmitysvastus-elementit
hiili-hiili-, silisidit
keraami- ja karbidit
metalli-"matriisi" niiden sekoitukset (4)
"komposiitit"
F. Sputterointi "superseokset" seostetut silisidit

keraamiset aineet ja
vihin laajenevat lasit (14)

seostetut aluminidit (2)
jalometallimuunnetut aluminidit
3)

MCrAIX (5)

muunnettu zirkoniumoksidi (12)
platina

niiden sekoitukset (4)

silisidit

platina

niiden sekoitukset (4)
dielektriset kerrokset (15)

timantin kaltainen hiili (17)
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TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT

2. Substraatti

1. Pinnoitusprosessi (1) 3. Pinnoitetulos

F.

(jatkoa)

titaaniseokset (13)

hiili-hiili-,
keraami- ja metalli-
"matriisi" "komposiitit"

volframikarbidi-
kovametalli (16)
piikarbidi (18)

molybdeeni ja molybdeeniseokset

beryllium ja berylliumseokset

anturi-ikkunamateriaalit (9)

tulenkestidvit metallit ja seokset

®

boridit

nitridit

oksidit

silisidit

aluminidit

seostetut aluminidit (2)
karbidit

silisidit

karbidit

tulenkestdvit metallit
niiden sekoitukset (4)
dielektriset kerrokset (15)
boorinitridi

karbidit

volframi

niiden sekoitukset (4)
dielektriset kerrokset (15)
boorinitridi

dielektriset kerrokset (15)

boridit
dielektriset kerrokset (15)
berylium

dielektriset kerrokset (15)
timantin kaltainen hiili (17)

aluminidit
silisidit
oksidit
karbidit
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TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT

1. Pinnoitusprosessi (1) 2. Substraatti 3. Pinnoitetulos
G. Ioni-istutus korkean ldmpétilan Kromi-, tantaali- tai niobium-
laakeriterdkset i (Columbium)lisgaineet
titaaniseokset (13) Boridit
' Nitridit
beryllium ja Boridit
berylliumseokset
volframikarbidi- Karbidit

kovametalli (16) Nitridit
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10.

PINNOITUSTEKNIIKKOJA KUVAAVAAN TAULUKKOON LITTYVAT HUOMAUTUKSET

Termi 'pinnoitusprosessi' siséltad, paitsi alkuperdisen pinnoituksen, myds sen korjauksen tai
uusimisen.

Termi 'seostettu aluminidipinnoitus' siséltidd yksi- ja monivaiheiset pinnoitukset, joissa substraatti
pinnoitetaan ensin tai samanaikaisesti aluminidipinnoituksen kanssa muulla alkuaineella tai -aineilla
silloinkin, kun niilld alkuaineilla pinnoitetaan jotain muuta prosessia kéyttien. Se ei kuitenkaan sisilld
yksivaiheista hiiletyslaatikkokarkaisuprosessia, jota kiytetdin useampaan kertaan seostetun aluminidin
aikaansaamiseksi substraatin pinnalle.

Termi 'jalometallimuunnettu aluminidipinnoitus' sisilti4 monivaiheiset pinnoitukset, joissa
jalometallia tai jalometalleja aikaansaadaan substraatin pinnalle jollakin muulla prosessilla ennen
aluminidipinnoitusta.

Termi 'niiden sekoitukset’ siséltdd suodatettuja aineita, lajiteltuja seoksia seki lisd- ja
monikerrospinnoitteita ja niitd aikaansaadaan yhden tai useamman taulukossa mainitun prosessin
avulla.

'McrAlX' tarkoittaa metalliseospinnoitetta, jossa M vastaa kobolttia, rautaa, nikkelid tai niiden
yhdistelmii ja X vastaa hafniumia, yttriumia, piit4, tantaalia missé tahansa méa#rissd tai muuta
tarkoituksellista lisdainetta yli 0,01 painoprosenttia erilaisissa suhteissa ja yhdistelmissd, paitsi:
a. CoCrAlY-pinnoitteet, jotka siséltéivit vihemmén kuin 22 painoprosenttia kromia, vihemmaén
kuin 7 painoprosenttia alumiinia ja vihemmén kuin 2 painoprosenttia yttriumia;
b.  CoCrAlY-pinnoitteet, jotka sisiltdvét 22-24 painoprosenttia kromia
1012 painoprosenttia alumiinia ja 0,5-0,7 painoprosenttia yttriumia;
c.  NiCrAlY-pinnoitteet, jotka sisaltivit 21-23 painoprosenttia kromia,
10-12 painoprosenttia alumiinia ja 0,9-1,1 painoprosenttia ytriumia.

Termi 'alumiiniseos' tarkoittaa metalliseoksia, joiden murtovetolujuus on 190 MPa tai enemmén
mitattuna 20 C (293 K) asteen limpétilassa.

Termi 'korroosionkestdvi terds' tarkoittaa AISI (American Iron and Steal Institute) 300- sarjaa tai
vastaavia kansallisia standarditeriksii.

"Tulenkestévit metallit ja seokset' sisdltivit seuraavia metalleja ja niiden seoksia: niobium
(Columbium), molybdeeni, volframi ja tantaali.

'Anturi-ikkunamateriaaleja’ ovat seuraavat: alumiinioksidi, pii, germanium, sinkkisulfidi,
sinkkiselenidi, galliumarsenidi, timantti, galliumfosfidi, safiiri ja seuraavat metallihalidit:
zirkoniumfluoridista ja hafniumfluoridista koostuvat anturi-ikkunamateriaalit, joiden lipimitta ylittad
40 mm.

Kiinteiden turbiininsiipilevyjen yksivaiheinen hiiletyslaatikkokarkaisu"teknologia" ei ole
valvonnanalaista 2 ryhméssg.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PINNOITUSTEKNIIKKOJA KUVAAVAAN TAULUKKOON LUTTYVAT HUOMAUTUKSET

Seuraavat polymeerit: polyimidi, polyesteri, polysulfidi, polykarbonaatit ja polyuretaanit.

"Muunnettu zirkoniumoksidi' tarkoittaa, ettd siind on muiden metallien oksideja lisiaineena, kuten
kalsiumoksidi, magnesiumoksidi, ytriumoksidi, hafniumoksidi ja harvinaisten maametallien oksidit
jne. zirkoniin asti, joita kiiytetd4in stabiloimaan tiettyji kiteisid faaseja ja faasikombinaatioita.
Lampderistyspinnoitukset, jotka on valmistettu zirkoniumoksidista, joka on muunnettu kalsiumoksidia
tai magnesiumoksidia sekoittamalla tai fuusaamalla, eivit ole valvonnanalaisia.

"Titaaniseokset' tarkoittaa vain ilmailu- tai avaruuskayttoon tarkoitettuja seoksia, joiden

murtovetolujuus on 900 MPa tai enemmén mitattuna 20 C (293 K) asteen ldmpétilassa.

'Vihin laajenevat lasit' tarkoittaa laseja, joiden limpélaajenemiskerroin on 1 x 107 K™ tai vahemmiin
mitattuna 20 C (293 K) asteen lampétilassa.

'Dielektriset kerrokset' ovat pinnoitteita, jotka rakentuvat eristysmateriaalien useista kerroksista, joissa
eri taitekertoimen omaavien materiaalien interferenssiominaisuuksia halutulla tavalla kédytetdsn
heijastamaan, ldhettiméén tai absorboimaan eri aallonpituuskaistoja. Dielektriset kerrokset tarkoittavat
enemmin kuin neljis dielektristd kerrosta tai dielektristid/metalli"komposiitti"kerrosta.

'Volframikarbidikovametalli' ei sisélli lastuamis- ja muovaustydkalumateriaaleja, joilla on seuraava
koostumus: volframikarbidi/(koboltti,nikkeli), titaanikarbidi/(koboltti, nikkeli), kromikarbidi/nikkeli-
kromi tai kromikarbidi/nikkeli.

"Teknologiaa", joka on erityisesti tarkoitettu pinnoittamaan timantin kaltaisella hiilelld seuraavia, ei
valvota:

magneettiset levyasemat ja magneettipait, polykarbonaattisilmalasit, kertakdyttStuotteiden valmistukseen
kiytettiivit laitteet, leipomovilineet, hanaventtiilit, kaiuttimien akustiset kalvot, moottorien osat autoihin,
teritySkalut, l4vistyspuristinmatriisit, kameroihin tai teleskooppeihin tarkoitetut korkealaatuiset linssit,
toimistoautomaatiolaitteet, mikrofonit tai lddkinnélliset laitteet.

'Piikarbidi' ei sisllé terdtyokaluihin tai muototeriin kiytettdvid aineita.

Tissd tarkoitetut 'keraamiset substraatit' eivit sisilld keraamisia aineita, joissa on vahintéin
5 painoprosenttia savea tai sementtid erillising ainesosina tai yhdistein4.
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PINNOITUSTEKNIIKKOJA KUVAAVAAN TAULUKKOON LITTYVAT TEKNISET
HUOMAUTUKSET

Taulukon 1 sarakkeessa mainitut prosessit maritelldsin seuraavasti:

Kemiallinen kaasufaasipinnoitus (CVD) on pinnoitus- tai pinnan muunnosprosessi, jossa metallia,
metalliseosta, "komposiittia", dielektristi ainetta tai keraamia depositioidaan kuumennetulle
substraatille. Kaasumaiset reagoivat aineet hajoavat tai yhdistyvit substraatin vilittdméssi
laheisyydessi, jonka seurauksena haluttu alkuaine, metalliseos tai yhdiste asettuu substraatille.
Hajoamisen tai kemiallisen reaktioprosessin tarvitsema energia saadaan substraatin 1immésts,
hohtopurkaus plasmasta tai "laser"sateilytyksests.

Huom. 1: CVD sisiltdd seuraavat prosessit: suunnatun kaasuvirtauksen ei-pakkauspinnoitus,
sykkivd CVD, sdddettivi ydintymislimpshajoaminen (CNTD), plasma- tai plasma-
avusteinen CVD.

Huom.2: Pakkaus tarkoittaa jauheseokseen upotettua substraattia.

Huom.3: Kaasumaiset, reagoivat aineet, joita kiyteti#in ei-pakkausprosessissa tuotetaan
kayttdmilld samoja perusreaktioita ja parametreja, kuin pakkauspinnoitusprosessissakin,
paitsi ettd siini pinnoitettava substraatti ei ole kosketuksissa jauheseokseen.

Terminen hdyrystys-fysikaalinen hdyrypinnoitus (TE-PVD = Thermal Evaporation-Physical Vapour
Deposition) on pinnoitusprosessi, joka suoritetaan tyhj&ssa paineen ollessa alle 0,1 Pa, jossa termisti
energiaa kéytetddn hGyrystimaan pinnoitusmateriaalia. Téssé prosessissa hdyrystyneet ainesosat
kondensoituvat tai depositioituvat sopivasti asetetun substraatin pinnalle.

Kaasujen lisddminen tyhjékammioon pinnoitusprosessin aikana on tavallinen prosessin muunnos.
Ioni- tai elektronisiteen tai plasman kiytt$ aktivoimaan tai avustamaan pinnoitusprosessia on myds
tavallinen tdmén tekniikan muunnos. Monitorien kéytté mahdollistamaan prosessin aikana optisten

ominaisuuksien tai pinnoitteen paksuuden mittauksen voi olla ndiden prosessien lisépiirre.

Eri TE-PVD prosessit ovat seuraavat:

1. Elektronisuihku-PVD -prosessissa kéytetéizin elektronisuihkua kuumentamaan ja hoyrystamésn
pinnoitteen muodostavaa materiaalia.
2. loniavusteinen resistiivinen-kuumennus-PVD -prosessissa kiytetian resistiivisid

kuumennuslahteitd yhdessa iskeytyvén(-vien) ionisite(id)en kanssa tuottamaan kontrolloidun ja
yhtendisen hoyrystyneiden pinnoiteaineksien vuon.

3. "Laser"hoyrystys-(PVD) kdytta joko pulssi- tai jatkuvan aallon lasersiteits hoyrystimésn
pinnoituksen muodostavia materiaaleja;
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PINNOITUSTEKNIIKKOJA KUVAAVAAN TAULUKKOON LIUTTYVAT TEKNISET
HUOMAUTUKSET

Taulukon 1 sarakkeessa mainitut prosessit — jatkoa:

b.

C.

4, Katodikaaripinnoitus(-PVD) kéyttdd kuluvaa katodia, joka on pinnoitteen muodostavaa
materiaalia sekd kaaripurkausta, joka aikaansaadaan koskettamalla hetkellisesti sen pintaa
maaliipaisimella. Ohjaamalla kaarta erotetaan katodin pinnasta ionisoitua plasmaa. Anodina voi
olla joko kartio, joka on kiinnitetty katodin l&heisyyteen, eristeen tai kammion lipi. Substraatin
(jénnite)biassointia kéytetdin ndkyméttdmissi tapahtuvaan pinnoitukseen.

Huom: Tam4 médritelmi ei koske satunnaista katodikaaripinnoitusta biassoimattomia
substraatteja kdytettiessi.

5. Ioni-pinnoitus (-PVD) on TE-PVD -prosessin muunnos, jossa plasma- tai ionildhdetts kaytetésin
ionisoimaan pinnoitettavia aineksia ja negatiivinen biasjannite johdetaan substraattiin
pinnoitusaineksien erottamiseksi plasmasta. Reagoivien aineksien kiyttiminen, kiinteiden
aineiden hdyrystiminen prosessikammiossa ja monitorien kéyttt mahdollistamaan prosessin
aikaisen, pinnoitteen optisten ominaisuuksien ja paksuuden mittaamiseksi ovat tavallisia
prosessin muunnoksia.

Pakkasementointi on pinnan muunnos- tai pinnoitusprosessi, jossa substraatti upotetaan jauheseokseen
(pakkaan), joka koostuu:

1. Depositioitavista metallijauheista (tavallisesti alumiinia, kromia, piiti tai niiden yhdistelmi);
2. Aktivaattorista (tavallisesti halidisuola); ja
3. 'Reagoimattomasta aineesta, useimmiten alumiinioksidista.

Substraatti ja jauheseos asetetaan retorttiin, joka kuumennetaan 757 C (1030 K) - 1102 C (1375 K)
asteeseen riittdviksi ajaksi pinnoitteen aikaansaamiseksi.

Plasmaruiskutus on pinnoitusprosessi, jossa plasmaa tuottavaan ja ohjaavaan sumuttimeen sydtetién
pinnoitemateriaalia jauheena tai lankana, ne sulatetaan ja kiihdytetééin substraattia kohden.
Plasmaruiskutus on joko matalapaineessa tai suurinopeuksista plasmaruiskutusta.

Huom. 1:  Matalapaineella tarkoitetaan alle ilmakehén painetta.
Huom. 2:  Suurinopeuksisella tarkoitetaan kaasun l&htdnopeutta suuttimesta, kun se ylittad 750 m/s
laskettuna 20 C (293 K) asteen ldmpétilassa ja 0,1 MPa paineessa.

Lietepinnoitus on pinnan muunnos- tai pinnoitusprosessi, jossa orgaanisen aineen sitomaa metalli- tai
keraamijauhetta riippuu nesteessd ja sumuttamalla, kastamalla tai maalaamalla se aikaansaadaan
substraatille, jota seuraa ilmassa tai uunissa tapahtuva kuivaus seki lamp&kisittely halutun pinnoitteen
aikaansaamiseksi.
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PINNOITUSTEKNIIKKOJA KUVAAVAAN TAULUKKOON LIUTTYVAT TEKNISET
HUOMAUTUKSET

Taulukon 1 sarakkeessa mainitut prosessit — jatkoa:

f. Sputterointi on pinnoitusprosessi, joka perustuu "liikem&rén siirto" -ilmiédn, jossa positiiviset ionit
kiihdytetézin sahkokentéssé kohti pinnoitemateriaalin pintaa. Iskeytyvien ionien kineettinen energia on
riittdvd irroittamaan atomeja sen pinnasta ja pinnoittamaan sopivasti asetettua substraattia.

Huom. 1: Taulukko viittaa vain triodi-, magnetroni- tai reaktiiviseen sputterointiin, jota kiytetisn
lisd&médn pinnoitteen kiinnittymisti ja depositionopeutta ja radiotaajuudella
voimistettuun sputterointiin, jota kdytetiin mahdollistamaan ei-metallisten
pinnoitemateriaalien hdyrystimisen.

Huom.2: Matalaenergisii (alle 5 keV) ioniséteitd voidaan kiyttis aktivoimaan depositiota.
g loni-istutus on pinnan muunnospinnoitusprosessi, jossa seostettava elementti ionisoidaan, kiihdytetisn

potentiaaligradientin l4pi ja istutetaan substraatin pinnan tietylle alueelle. Tdma sislti4 prosessit,
Joissa joni-istutus suoritetaan samanaikaisesti elektronisuihku-PVD:114 tai sputteroinnilla.
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RYHMA 3 - ELEKTRONIIKKA

3A Jérjestelmiit, laitteet ja komponentit

Huom. 1: Sellaisten 34001 tai 34002 kohdassa kuvattujen laitteiden, kokoonpanojen ja
komponenttien, 34001.a.3 - 34001.a.10 tai 34001.a.12 kohdassa kuvattuja
lukuun ottamatta, jotka on erityisesti suunniteltu, tai joilla on samat
toiminnalliset ominaisuudet kuin jollain muulla laitteella, valvonnanalaisuus
mddrdytyy ndiden muiden laitteiden mukaan.

Huom. 2: 3A4001.a.3 - 34001.a.9 tai 34001.a.12 kohdassa kuvattujen integroitujen piirien,

Jotka on ohjelmoitu ei-muutettavasti, tai jotka on suunniteltu erityistd toimintoa

varten, valvonnanalaisuus mddirdytyy niiden muiden laitteiden mukaan, joita

varten ne on tarkoitettu.

Huom: Milloin valmistaja tai vientiluvan hakija ei pysty mddrittelemdidn
ndiden muiden laitteiden valvonnanalaisuutta, valvonnanalaisuus
mddrdytyy 34001.a.3 - 34001.a.9 tai 34001.a.12 kohdan mukaan.
Jos integroitu piiri on piipohjainen 34001.a.3 kohdassa kuvattu
"mikrotietokonepiiri" tai mikro-ohjainpiiri, jonka operandin (tiedon)
sanan pituus on 8 bittid tai vidhemmdn, integroidun piirin
valvonnanalaisuus médraytyy 34001.a.3 kohdan mukaan.

3A001 Elektroniset komponentit seuraavasti:
a. Seuraavat yleiskayttoiset integroidut piirit:

Huom. 1:  (Valmiiden tai puolivalmiiden) piikiekkojen, joissa toiminto on mdidritelty,
valvonnanalaisuus arvioidaan 34001.a kohdan parametrien mukaan.

Huom. 2:  Integroidut piirit siséltavat seuraavat tyypit:
"Monoliittiset integroidut piirit";
"Integroidut hybridipiirit";
"Integroidut monipalapiirit";
"Integroidut kalvopiirit", integroidut pii-safiiripiirit mukaan lukien;
"Optiset integroidut piirit”,

1. Integroidut piirit, jotka on suunniteltu tai mitoitettu kestimizin jompaa kumpaa
seuraavista;

a. Siiteilys kokonaisannoksena 5 x 103 Gy (Pii) tai enemmin; tai
b.  Siteily4, jonka annosnopeus 5 x 106 Gy (Pii)/s tai enemmin;

2. "Mikroprosessoripiirit", "mikrotietokonepiirit", mikro-ohjainpiirit, integroidut
muistipiirit, jotka on valmistettu yhdistepuolijohteesta, analogia-digitaalimuuntimet,
digitaali-analogiamuuntimet, sihk&optiset tai "optiset integroidut piirit"
"signaalinksittely4" varten, kéyttdjén ohjelmoitavat logiikkapiirit, integroidut
hermoverkkopiirit, sellaiset asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on
tuntematon tai jotka on tarkoitettu laitteisiin, joiden
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valvonnanalaisuus on tuntematon, nopea Fourier-muunnos (FFT)-prosessorit,

elektronisesti pyyhittavit ohjelmoitavat lukumuistit (EEPROMSit), pikamuistipiirit

taikka staattiset luku-/kirjoitusmuistit (SRAMit), jotka on joko

a.  suunniteltu toimimaan yli 398 K (125°C) limpétiloissa;

b.  suunniteltu toimimaan alle 218 K (-55°C) lampétiloissa; tai

c.  mitoitettu toimimaan koko limpétila-alueella 218 K (-55°C) — 398 K
(125°C);

Huom: 34001.a.2 kohta ei koske siviiliautoihin tai juniin tarkoitettuja

integroituja piirejd.

"Mikroprosessoripiirit", "mikrotietokonepiirit" ja mikro-ohjainpiirit, joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

Huom: 3A4001.a.3 kohta sisdltdid digitaaliset signaaliprosessorit, digitaaliset
matriisiprosessorit ja digitaaliset apuprosessorit.
a. "Yhteenlaskettu teoreettinen tehokkuus” ("CTP") on 3 500 miljoonaa

teoreettista operaatiota sekunnissa (Mtops) tai enemmén ja
aritmetiikkayksikon hakuleveys 32 bittid tai enemmén;

b.  Valmistettu yhdistepuolijohteesta ja toimii kellotaajuudella, joka ylittda
40 MHz; tai

c. Rinnakkaisen prosessorin ulkoista liitdntd4 varten on useampia kuin yksi
tieto- tai kdskyvayl4 tai sarjaliikenneportti, joiden siirtonopeus ylittas
2,5 Mbyte/s;

Integroidut muistipiirit, jotka on valmistettu yhdistepuolijohteista;

Seuraavat integroidut analogia-digitaalimuunnin- tai digitaali-
analogiamuunninpiirit:
a. Analogia-digitaalimuuntimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
Huom:  KATSO MYOS 3A101 KOHTA.
1. Resoluutio 8 bittid tai enemmin mutta alle 12 bittii ja
'kokonaismuuntoaika' alle 10 ns;
2. Resoluutio 12 bittid ja 'kokonaismuuntoaika' alle 200 ns; tai
3. Resoluutio yli 12 bitti4 ja 'kokonaismuuntoaika' alle 2 mikrosekuntia;

b.  Digitaali-analogiamuuntimet, joiden resoluutio on 12 bittid tai enemmin ja
"asettumisaika" alle 10 ns;

1. N:nbitin resoluutio vastaa 2":n vertailutason kvantisointia.

2. 'Kokonaismuuntoaika' on néytteenotiotaajuuden kddnteisluku.

S#hkdoptiset tai "optiset integroidut piirit" "signaalinkisittelyd" varten, joilla on
kaikki seuraavat:

a.  Yksi tai useampi sisdinen "laser"diodi;

b. Yksi tai useampi sisdinen valoa ilmaiseva elementti; ja

c.  Optisia aaltoputkia;

Kiayttdjéaohjelmoitavat logiikkapiirit, joilla on jokin seuraavista;

a.  Ekvivalenttinen kiytettivissi oleva porttiluku yli 30 000 (2 siséénmenoa
porttia kohti);
b. Tyypillinen perusportin etenemisviive vihemmén kuin 0,4 ns; tai

c.  Tilanvaihtotaajuus ylittas 133 MHz;
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Huom: 34001.a.7 kohtaan sisdltyvit:
- Yksinkertaiset ohjelmoitavat logiikkapiirit (SPLD:1)
- Monimutkaiset ohjelmoitavat logiikkapiirit (CPLD:1)
- Kentdlld ohjelmoitavat porttimatriisipiirit (FPGA:1)
- Kayttgjdohjelmoitavat logiikkaverkot (FPLA:t)
- Kentdlld ohjelmoitavat yhdyskomponentit (FPIC:1)

Huom: "Kéyttdjdohjelmoitavat logiikkapiirit’ tunnetaan myds nimelld
*kentdlld ohjelmoitavat porttimatriisipiirit’ tai *kéyttdjdohjelmoitavat
logiikkaverkot’.

Ei kdytossd;

Integroidut hermoverkkopiirit;

Asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon, tai jotka on
tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on valmistajalle tuntematon ja joilla
on jokin seuraavista;

a.  Liitospisteiden lukumaarj ylittad 208;

b. Tyypillinen "perusportin etenemisviive" on véhemmin kuin 0,35 ns; tai

c.  Toimintataajuus ylittdd 3 GHz;

Muut digitaaliset integroidut piirit kuin 3A001.a.3 - 3A001.a.10 tai 3A001.a.12

kohdassa kuvatut, jotka perustuvat yhdistepuolijohteisiin ja joilla on jokin

seuraavista:

a.  Ekvivalenttinen porttiluku on enemmin kuin 3 000 (2 sisd&nmenoa porttia
kohti); tai

b.  Kellotaajuus ylittd4 1,2 GHz;

Nopea-Fourier-muunnos -prosessorit (FFT), joilla on jokin seuraavista:

a.  Nimellinen suoritusaika 1 024 pisteen kompleksiselle FFT-muunnokselle on
vihemmin kuin 1 ms;

b.  Nimellinen suoritusaika N:n pisteen, muun kuin 1 024 pisteen,
kompleksiselle FFT-muunnokselle on vihemmén kuin N logy N/10 240 ms,

jossa N on pisteiden lukuméiérs; tai
c. Perhosldpimenoarvo on 5,12 MHz;

b. Mikroaalto- tai millimetriaaltolaitteet:

1.

Seuraavat elektroniset tyhjéputket ja katodit:

Huom: 34001.b.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi putkia, jotka on
suunniteltu tai mitoitettu toimimaan ITU:n (International
Telecommunication Union) allokoimilla kaistoilla tagjuuksilla, jotka
eivdt ylitd 31 GHz.

a.  Seuraavat kulkuaaltoputket pulssi- tai jatkuville aalloille:
1. Jotka toimivat korkeammilla taajuuksilla kuin 31 GHz;
2. Joiden hehkukatodien kdynnistysaika nimelliseen RF-tehoon asti on
vihemmin kuin 3 sekuntia;
3. Kytketyt onteloputket tai niiden muunnokset, joiden "hetkellinen
kaistanleveys" on enemmén kuin 7 % tai huipputeho ylittad 2,5 kW;
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4.  Kierukkaputket tai niiden muunnokset, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  "Hetkellinen kaistanleveys" on enemmén kuin puoli oktaavia tai
enemmén ja nimellisen keskimé#riisen ldhtstehon
(kilowatteina) ja maksimitoimintataajuuden (gigahertseing) tulo
on enemmin kuin 0,5;

b.  "Hetkellinen kaistanleveys" on yksi oktaavia tai alle ja
nimellisen keskimé#riisen ldht6tehon (kilowatteina) ja
maksimitoimintataajuuden (gigahertsein) tulo on enemmén
kuin 1; tai

c.  Ovat "avaruuskelpoisia";

b.  Ristikenttivahvistinputket, joiden vahvistus on enemmaén kuin 17 dB,

c.  Elektroniputkien kylléstetyt katodit, jotka tuottavat nzimellisisséi olosuhteissa
jatkuvan emissiovirran tiheyden, joka ylittd4 5 A/cm ;

2. Integroidut mikroaaltopiirit tai moduulit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a.  Ne "sisdltavit monoliittisid integroituja piireji", ja
b.  Niiden toimintataajuus ylittd4 3 GHz;
Huom: 34001.b.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi piirid tai moduleita,
Jotka on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan ITU:n (International
Telecommunication Union) allokoimilla kaistoilla taajuuksilla, jotka

eivat ylitd 31 GHz.
3. Mikroaaltotransistorit, jotka on mitoitettu toimimaan yli 31 GHz:n taajuuksilla;
4. Seuraavat puolijohde-mikroaaltovahvistimet:

a.  Jotka toimivat yli 10,5 GHz:n taajuuksilla ja joiden hetkellinen kaistanleveys
on yli puoli oktaavia; tai
b.  Jotka toimivat yli 31 GHz:n taajuuksilla;

5. Elektronisesti tai magneettisesti viritettivit kaistanpéisto- tai kaistanestosuotimet,
joissa on enemmin kuin 5 viritettdvis resonaattoria, jotka voidaan virittid
vihemmissi kuin 10 mikrosekunnissa taajuuskaistalle, jonka £, /fiin on 1,5:1,
ja joiden:

a. Padstokaistan leveys on enemmin kuin 0,5 % keskitaajuudesta; tai
b. Estokaistan leveys on vihemmdn kuin 0,5 % keskitaajuudesta;

6.  Mikroaaltokokoonpanot, jotka pystyvit toimimaan yli 31 GHz:n taajuuksilla;

7. Sekoittajat ja muuntimet, jotka on suunniteltu ulottamaan 3A002.c, 3A002.¢ tai
3A002.f kohdassa médriteltyjen laitteiden taajuusalueen kohdissa mainittujen
rajojen ulkopuolelle;

8.  Mikroaaltotehovahvistimet, jotka sisiltivit 3A001.b kohdassa médriteltyjd putkia
ja joilla on kaikki seuraavat:
a.  Toimintataajuudet ovat yli 3 GHz;
b. Keskimairdinen ulostulon suhde tiheyteen on 80 W/kg; ja

c. Tilavuus on vidhemmain kuin 400 cm3;
Huom: 34001.5.8 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on
suunnitelty tai mitoitettu toimimaan ITU:n allokoimalla kaistalla.
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c. Seuraavat akustiset aaltolaitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Pinta-akustiset aaltolaitteet ja matalatila-akustiset laitteet (eli
"signaalinkdsittely"laitteet, jotka kiyttavat hyviakseen materiaalien elastisten
aaltojen kulkua), joilla on jokin seuraavista:
a. Kantoaallon taajuus ylittidi 2,5 GHz;
b.  Kantoaallon taajuus ylittds 1 GHz, mutta ei 2,5 GHz ja jolla on jokin
seuraavista: ‘
1. Taajuuden sivukeilan vaimennus ylittd4 55 dB;
2. Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina ja
kaistanleveys megahertseind) on enemmén kuin 100;
3. Kaistanleveys suurempi kuin 250 MHz; tai

4.  Dispersiivinen viive on enemmén kuin 10 mikrosekuntia; tai
c.  Kantoaallon taajuus 1 GHz tai vdhemman ja jokin seuraavista:
1. Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina ja

kaistanleveys megahertseing) on enemmén kuin 100
2. Dispersiivinen viive on enemmin kuin 10 mikrosekuntia; tai
3. Taajuuden sivukeilan vaimennus ylittd4 55 dB ja kaistanleveys
suurempi kuin 50 MHz;

Kappaleakustiset (tila-akustiset) laitteet (eli "signaalinkdsittely"laittet, jotka
kayttavat hyvikseen elastisia aaltoja), jotka sallivat signaalien suoran prosessoinnin
yli 1 GHz:n taajuuksilla;

Akusto-optiset "signaalinkisittely"laitteet, jotka kiyttdvit hyvikseen ddniaaltojen
(kappale- tai pinta-aaltojen) ja valoaaltojen vuorovaikutusta, ja jotka sallivat
signaalien tai kuvien suoran kisittelyn, mukaan lukien spektrianalyysi, korrelaatio
tai konvoluutio;

d.  Elektroniset laitteet tai piirit, jotka siséltivit "suprajohtavista” materiaaleista valmistettuja
komponentteja, ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan ainakin yhden
"suprajohtavan” ainesosansa "kriittisen ldmp&tilan" alapuolella, ja joilla on jokin
seuraavista:

1.

Virtakytkentd digitaalipiireissd, joissa kiytetdin "suprajohtavia" portteja, joiden
porttikohtaisen viiveen (sekunteina) ja porttikohtaisen tehoh#vion (watteina) tulo
on vihemman kuin 10-14 J; tai

2. Taajuuden valinta kaikilla taajuuksilla kéyttden resonanssipiirejd, joiden Q-arvo
ylittdd 10 000;
e. Seuraavat suurenergialaitteet:
1. Seuraavat paristot ja valosidhkéiset paneelit:

Huom: 34001.e.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi paristoja, joiden tilavuus

on 27 cm3 tai vihemmdin (esim. standardoidut C-parit tai
RI4-paristot).
a.  EnsiOparit tai -paristot, joiden 'energiatiheys' ylittad 480 Wh/kg ja jotka on
mitoitettu toimimaan limpé&tila-alueella alle 243 K (-30 C) ja yli 343 K (70
C) astetta;
b.  Uudelleenladattavat parit ja paristot, joiden 'energiatiheys' ylittad 150 Wh/kg
75:n lataus- ja purkamiskerran jilkeen, kun purkausvirta on C/5 tuntia (C on
nimelliskapasiteetti ampeeritunteina)
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ja ne toimivat lampétila-alueella alle 253 K (-20 C) ja yli 333 K (60 C)
astetta;

Tekn. huom:

‘Energiatiheys' saadaan kertomalla keskimddrdinen teho watteina (keskimdicirciinen

Jjdnnite voltteina kertaa keskimddrdinen virta ampeereina) ajalla (tunteina), joka

kuluu purkautumiseen 75 %:iin avoimen piirin jénnitteestd, jaettuna parin (tai

pariston) kokonaismassalla kiloina.

c.  "Avaruuskelpoiset" ja siteilyd kestivit valosihkiset paneelit, joiden
ominaisteho ylittia 160 W/m? 301 K (28 C) asteen toimintalimpétilassa ja
volframivalaistuksessa, joka on 1 kW/m? 2 800 K (2 527 C) asteessa;

Seuraavat suurenergiset varauskondensaattorit:

Huom:  KATSO MYOS 3A201.a KOHTA

a.  Kondensaattorit, joiden toistotiheys on alle 10 Hz (kertatoimiset
kondensaattorit) ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Nimellisjénnite 5 kV tai enemmén;
2. Energiatiheys 250 J/kg tai enemman; ja
3. Kokonaisenergia 25 kJ tai enemmin;.

b.  Kondensaattorit, joiden toistotiheys on 10 Hz tai enemmén (toistuvatoimiset
kondensaattorit) ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Nimellisjdnnite on 5 kV tai enemmn;

2. Energiatiheys on 50 J/kg tai enemmin;

3.  Kokonaisenergia on 100 J tai enemmdén; ja
4.  Lataus-purkuiké on 10 000 tai enemmin;

"Suprajohtavat" sihkdmagneetit tai solenoidit, jotka on erityisesti suunniteltu
taysin ladattaviksi tai purettaviksi alle 1 sekunnissa ja joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
Huom:  KATSO MYOS 3A201.b KOHTA
Huom: 34001.e.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "suprajohtavia”
sdhkomagneetteja tai solenoideja, jotka on erityisesti suunniteltu
magneettiresonanssikuvausta (MRI) varten lddketieteellisiin
laitteisiin.
a. Purkauksen aikana luovutettu maksimienergia on enemmaén kuin 10 kJ
ensimméisen sekunnin aikana;
b.  Virtakddmien siséldpimitta on yli 250 mm; ja
c. Magneettisen induktion nimellisarvo on enemmain kuin 8 T tai
"kokonaisvirrantiheys" kdamissi on yli 300 A/mm?;

Pyorivisybtteiset akselin absoluuttisen asennon kooderit, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

Resoluutio on parempi kuin 1 osa 265 000:sta (18 bitin resoluutio) koko alueella;
tai
Tarkkuus on parempi kuin =+ 2,5 kaarisekuntia;

Yleiskayttoiset elektroniset laitteet:

a.

Seuraavat nauhoituslaitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut testinauhat:

Analogiset instrumentointinauhurit, mukaan lukien ne, jotka mahdollistavat myds
digitaalisten signaalien tallentamisen (esim. kiyttamalld suuritiheyksisen
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digitaalisen tallennuksen (HDDR) mahdollistavaa moduulia), joilla on jokin

seuraavista ominaisuuksista:

a.  Kaistanleveys ylittdd 4 MHz kullakin elektronisella kanavalla tai nauhan
raidalla;

b.  Kaistanleveys ylittdd 2 MHz kullakin elektronisella kanavalla tai nauhan
raidalla ja raitojen mair4 ylittds 42; tai

c. Soveltuvan IRIG:n (International Range Instrumentation Group) tai EIA:n
(Electronic Industries Association) suosituksen mukaisesti mitattu
aika(taso)siirtymévirhe on alle + 0,1 mikrosekuntia;

Huom: Analogisia nauhureita, jotka on erityisesti suunniteltu

siviilivideotarkoituksiin ei katsota instrumentointinauhureiksi.

Digitaaliset videonauhurit, joiden digitaaliliitinndn maksimisiirtonopeus ylitt44

360 Mbit/s;

Huom: 34002.a.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi digitaalisia
videonauhureita, jotka on erityisesti suunniteltu televisionauhoituksiin
kayttien sellaista signaalimuotoa, johon saattaa sisdltyd ITU:n
(International Telecommunication Unit), IEC:n International
Technical Commission), SMPTE:n (Society of Motion Picture and
Television Engineers), EBU:n (European Broadcasting Unit) tai
IEEE:n (Institute of Electrical and Electronic Engineers) standardien
tai suositusten mukainen tiivistetty signaalimuoto
siviilitelevisiosovelluksissa.

Viistopyyhkaisytekniikkaa tai kiintedpia-tekniikkaa kdyttiavit digitaaliset

instrumentointinavhurit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Digitaaliliitinnédn maksimisiirtonopeus ylittdd 175 Mbit/s; tai

b.  Ovat "avaruuskelpoisia";

Huom: 34002.a.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi analogisia nauhureita,
Jjotka on varustetty HDDR-konversioelektroniikalla ja jotka on
tarkoitettu vain digitaalisen tiedon nauhoittamiseen.

Laitteet, joiden digitaalisen liitdinnin maksimisiirtonopeus ylittds 175 Mbit/s ja
jotka on suunniteltu muuntamaan digitaaliset videonauhurit
instrumentointinauhureina kdytettdviksi;

Aaltomuodon digitointilaitteet ja transienttitallentimet, joilla on seuraavat

ominaisuudet:

a.  Digitointinopeus on 200 miljoonaa néytteenottoa sekunnissa tai enemmén ja
resoluutio 10 bitti tai enemmén; ja

b.  Jatkuva kisittelykyky 2 Gbit/s tai enemmin;

Tekn. huom:

Laitteille, joissa on rinnakkaisvéyldarkkitehtuuri jatkuva kdsittelykyky on suurin

sanansiirtonopeus kerrottuna sanan bittien lukumddralld.

Jatkuva kasittelykyky tarkoittaa suurinta tiedonsiirtonopeutta, jonka laite voi

tulostaa massamuistiin tietoa menettimdttd samalla kun se ylldpitdd

ndytteenottonopeutta ja analogia-digitaalimuunnosta.

Elektroniset "taajuussyntesoija"kokoonpanot, joiden "taajuuden vaihtoaika" yhdeiti
valitulta taajuudelta toiselle on vihemman kuin 1 ms;

Seuraavat "signaalianalysaattorit":

2.

"Signaalianalysaattorit", jotka kykenevit analysoimaan yli 31 GHz:n taajuuksia;

"Dynaamiset signaalianalysaattorit", joiden "tosiaikainen taajuuskaista” ylittdd

25,6 kHz;

Huom: 34002.c.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi niitd "dynaamisia
signaalianalysaattoreita”, jotka kdyttdvit vain "vakiosuhteisia
kaistasuotimia" (kutsutaan myds oktaavi- tai osaoktaavisuotimiksi).
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d.

Taajuussyntesoivat signaaligeneraattorit, joiden tuottamien liht6taajuuksien tarkkuus ja
lyhyen tai pitkén aikavilin stabiilius on sisdisen perustaajuuden ohjaama, siitd johdettu tai
sen mi4rddma, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Syntesoitu maksimitaajuus ylittds 31 GHz;
2. "Taajuuden vaihtoaika" yhdelti valitulta taajuudelta toiselle on vihemmin kuin

1 ms; tai
3. Yksisivukaistan (SSB) vaihekohina on parempi kuin - (126 + 20 log oF —

20 logyf) dBc/Hz, jossa F on toimintataajuuden poikkeama hertseiné ja f on

toimintataajuus megahertseini;
Huom: 34002.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, joissa ldhtétaajuus
aikaansaadaan joko laskemalla yhteen tai vihentimdilld toisistaan kahden
tai useamman kideoskillaattorin tagjuuksia ja kertomalla siten saatu tulos.

Verkkoanalysaattorit, joiden maksimitoimintataajuus ylittds 40 GHz;

Mikroaaltotestivastaanottimet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Maksimitoimintataajuus ylittii 40 GHz; ja
2. Ne kykenevit mittaamaan samanaikaisesti seki amplitudia etté vaihetta;

Atomitaajuusstandardit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Pitkén aikavilin (vanhenemis-) stabiilius on vdhemmin (parempi) kuin 1 x 10-11
kuukaudessa; tai
2. Ne ovat "avaruuskelpoisia".
Huom: 34002.g.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ei-"avaruuskelpoisia”
rubidiumstandardeja.

3A101 Seuraavat, muut kuin 3A001 kohdassa mééritellyt elektroniset laitteet, laitteet ja komponentit:

a.

"Ohjuksissa" kdyttokelpoiset analogia-digitaalimuuntimet, jotka on suunniteltu
vastaamaan sotilasspesifikaatioiden kovaan kiyttd6n tarkoitettujen laitteiden vaatimuksia;

Kiihdyttimet, joilla pystytddn lhettdimésn sihkdmagneettista siteily4, joka tuotetaan

2 MeV:n energiaan tai sen yli kiihdytettyjen elektronien jarrutussiteilyn (bremsstrahlung)

avulla, sekd niitd kijhdyttimid sisaltavat jarjestelmit.

Huom: 3A4101.b kohdassa ei mddritelld laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu
ladketieteellisiin tarkoituksiin.

3A201 Seuraavat muut kuin 3A001 kohdassa méiritellyt elektroniset komponentit:

a.

Kondensaattorit, joilla on joko 1. tai 2. kohdassa luetellut ominaisuudet:

1. a.  Nimellisjénnite suurempi kuin 1,4 kV
b.  Energian varastointikyky suurempi kuin 10 J
c.  Kapasitanssi suurempi kuin 0,5 pF ja
d. Sarjainduktanssi vihemman kuin 50 nH; tai
2. a.  Nimellisjannite suurempi kuin 750 V
b.  Kapasitanssi suurempi kuin 0,25 pF ja

c. Sarjainduktanssi vihemman kuin 10 nH;
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b.  "Suprajohtavat"” solenoidisihkémagneetit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Pystyvdt muodostamaan yli 2 T:n magneettikentti;

2.  Pituuden suhde sisihalkaisijaan on suurempi kuin 2;

3.  Sisihalkaisija yli 300 mm; ja

4.  Magneettikenttd poikkeaa vahemmin kuin 1 % tasaisesta kentdstd sisdtilavuuden

keskeisen puoliskon (50 %) alueella;

Huom: 3A4201.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi magneetteja, jotka on erityisesti
suunniteltu lddketieteellisten ydinmagneettiseen resonanssiin (NMR)
perustuvien kuvanmuodostusjdrjestelmien 'osiksi'. Sana 'osiksi' ei
vdlttdmattd tarkoita saman toimituksen fyysistd osaa; erilliset toimitukset
ovat sallittuja eri IGhteistd, mikdli niihin liittyvissd vientiasiakirjoissa
selvdsti mainitaan, ettd toimitukset lihetetddn kuvanmuodostusjdrjestelman

‘osiksi'.
c.  Seuraavat vildhtivat rontgensalamageneraattorit tai pulssitoimiset elektronikiihdyttimet,
joilla on joko a. tai b. kohdassa luetellut ominaisuudet:
1. a Kiihdyttimen huippuelektronienergia on 500 keV tai suurempi, mutta pienempi
kuin 25 MeV; ja
b.  'Hyvyysluku' (K) on 0,25 tai suurempi; tai
2. a.  Kiihdyttimen huippuelektronienergia on 25 MeV tai suurempi; ja
b.  Huipputeho on suurempi kuin 50 MW

Hyom: 34201.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kithdyttimid, jotka ovat muuhun kuin
elektronisuihku- tai rontgensciteilytykseen (esimerkiksi elektronimikroskopiaan)
suunniteltujen laitteiden komponentteja eikd niitd, jotka on suunniteltu
lddketieteellisidi laitteita varten:

Tekn. huom: v

1. 'Hywyysluku' K on mddritelty seuraavasti:

K=17x107*%Q

V on huippuelektronienergia miljoonina elektronivoltteina.

Jos elekeronipulssin kesto on pienempi tai yhtd suuri kuin 1 mikrosekunti, Q on
kithdytetty kokonaisvaraus coulombeina. Jos elektronipulssin kesto on suurempi kuin

1 mikrosekunti, Q on 1 mikrosekunnissa kiihdytetty maksimisahkovaraus.

Q on yhtd kuin elektronivirran i integraali ajan t suhteen (| O=lidy), jossa i on sciteen
virta ampeereina ja t aika sekunneissa.

2. 'Huipputeho' = (huippujdnnite voltteina) x (sditeen huippuvirta ampeereina).

3. Mikroaaltokiihdytysonteloihin perustuvissa koneissa pulssin kesto on pienempi
kahdesta seuraavasta: 1 us tai yhden mikroaaltomodulaattorin pulssin tuottaman
titvistetyn pulssipaketin kesto.

4. Mikroaaltokiihdytysonteloihin perustuvissa koneissa sciteen huippuvirta on tiivistetyn
Dpulssipaketin keskimddrdinen virta sen keston aikana.
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3A225

3A226

3A227

3A228

Muut kuin 0B001.c.13 kohdassa médritellyt taajuusmuuntimet tai generaattorit, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

a, Monivaiheulostulo kykenee antamaan 40 W tai suuremman tehon;
b.  Kykenee toimimaan 600 - 2 000 Hz:n taajuusalueella;

c.  Harmoninen kokonaissir6 on parempi (pienempi) kuin10 %; ja

d.  Taajuuden s4td on parempi (pienempi) kuin 0,1 %.

Tekn. huom:

34225 kohdan taajusmuuntimia kutsutaan myos konverttereiksi tai inverttereiksi.

Muut kuin 0B001.j.6 kohdassa mainitut tasavirtasuurteholihteet, joilla on molemmat seuraavat
ominaisuudet:

a.  Nekykenevit 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan 100 V:n tai korkeamman
Jjénnitteen 500 A:n tai suuremmalla virralla; ja
b.  Niiden jénnitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 8 tunnin jakson aikana.

Muut kuin 0B001.j.5 kohdassa médritellyt tasavirtakorkeajdnniteldhteet, joilla on molemmat
seuraavat ominaisuudet:

a.  Ne kykenevit 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan 20 kV tai korkeamman
Jjannitteen 1 A:n tai suuremmalla virralla; ja
b.  Niiden jénnitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 8 tunnin jakson aikana

Seuraavat kytkinlaitteet:

a.  Kylmikatodiputket, olivatpa ne sitten kaasutiytteisii tai ei, jotka toimivat Kipindvilin
tavoin ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne sisiltivit kolme tai useampia elektrodeja;
2. Huippuanodijénnitteen nimellisarvo on 2,5 kV tai enemmin;
3. Huippuanodivirran nimellisarvo on 100 A tai enemmén; ja

4. Anodin viiveaika on 10 ps tai lyhyempi;
Huom: 34228 kohtaan siscltyvit kaasukryptonputket ja tyhjosprytronputket.

b.  Liipaistavat kipinivilit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Anodiviiveaika on 15 ps tai lyhyempi; ja
2. huippuvirran nimellisarvo 500 A tai enemmin;

c.  Nopeatoimiset kytkinmodulit tai -kokoonpanot, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Huippuanodijénnitteen nimellisarvo on suurempi kuin 2 kV;
2. Huippuanodivirran nimellisarvo on 500 A tai enemmin; ja
3. Kytkentiaika on 1 ps tai vdhemmin.
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3A229

3A230

3A231

3A232

Seuraavat laukaisulaitteet ja vastaavat suurvirtapulssigeneraattorit:
Huom: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

a. Réjahtivien sytyttimien laukaisulaitteet, jotka on suunniteltu laukaisemaan 3A232
kohdassa mairiteltyjd valvonnanalaisia monipistesytyttimia;

b.  Moduulirakenteiset sihkopulssigeneraattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
Ne on suunniteltu liikkuviksi tai vaativissa olosuhteissa kaytettéviksi;

Ne on koteloitu polytiiviisti;

Pystyvit luovuttamaan energiansa alle 15 ps:ssa;

Liht6virta on suurempi kuin 100 A;

"Nousuaika' on lyhyempi kuin 10 ps alle 40 ohmin kuormituksella.

Mikéin ulottuvuus ei ole suurempi kuin 254 mm,;

Paino on alle 25 kg; ja

Ne on mddritelty kiytettiviksi laajalla lampétila-alueella (223 K (-50 C)-373 K
(100 C) astetta) tai sopiviksi "avaruussovelluksiin".

Huom: 3A4229.b kohtaan sisdltyvét ksenonsalamavalon kdyttslaitteet.

Tekn. huom: :
34229.b.5 kohdassa 'nousuaika' on aikavdili, jonka kuluessa virran amplitudi kasva
10 prosentista 90 prosenttiin, kun kuorma on resistiivinen.

P NN P LN

Erittdin nopeat pulssigeneraattorit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.  Léhtdjédnnite on yli 6 V alle 55 ohmin resistiiviselld kuormalla; ja

b.  'Pulssin nousuaika' on Iyhyempi kuin 500 ps.

Tekn, huom:

34230 kohdassa' pulssin nousuaika’ médritellicin ajaksi, jonka kuluessa jannite nousee
10 prosentista 90 prosenttiin jannitteen amplitudista.

Neutronigeneraattorijérjestelmét, mukaan lukien putket, joilla on molemmat seuraavat

ominaisuudet:

a.  Ne on suunniteltu toimimaan ilman ulkoista tyhj6jarjestelmés; ja

b.  Hyvaksikéyttavit sihkostaattista kithdytystd tritium-deuteriumydinreaktion
synnyttdmiseen.

Seuraavat sytyttimet ja monipistesytytinjarjestelmt:
Huom: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

a.  Seuraavat sihkdisesti ohjattavat rdjahtévit sytyttimet:
1. Réjahtévd siltajohdin (EB);
2. Rdij4htavi siltajohdinlanka (EBW);
3.  Iskulaukaisin;
4, Réjahtavit kalvosytyttimet (EFI);

b.  Jérjestelyt, joita kiyttden voidaan yhdella tai usealla sytyttimelld sytyttdd rdjahdyspinta

yli 5 000 mm?:n alalla yhdelld laukaisusignaalilla lihes samanaikaisesti, sytytyksen
ajoitus levidd koko pinta-alalle vihemmassé kuin 2,5 ps:ssa.



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 123

3A232

3A233
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3B001

jatkuu

Huom: Tdmd kohta ei aseta valvonnanalaiseksi sytyttimid, joissa kéytetddn vain
ensidrdjdhteitd, esimerkiksi lyijyatsidia.

Tekn. huom:

34232 kohdassa kaikki kyseiset sytyttimet kdyttdviit pientd séhkojohdinta (siltavastusta,
siltavastuslankaa tai kalvoa), joka kaasuuntuu réjéhdysmdisesti, kun nopea, voimakas
Sdhkoinen pulssi kulkee sen ldpi. Muissa kuin iskulaukaisin-tyypeissd rdjéhtdvd johdin
kdynnistid kemiallisen rdjihdyksen siihen yhteydessd olevassa voimakkaassa rdjihteessd, esim.
PETN:ssd (pentaerytritoltetranitraatissa). Iskulaukaisimissa schkdjohtimen kaasuuntuminen
tyontdd piikin tai iskurin sytyttimen vdlin yli ja iskurin térmdys rdjihteeseen kdynnistdd
kemiallisen sytytyksen. Joissakin malleissa iskurin kdyttévoimana on magneettinen voima.
Termid rdjéhtavad kalvo voidaan kayttdd joko EB- tai iskurityyppisistd sytyttimista.

Seuraavat, muut kuin 0B002.g kohdassa mééritellyt massaspektrometrit, jotka kykenevit
mittaamaan atomipainoltaan 230 tai raskaampia ioneja, ja joiden resoluutio on parempi kuin
2 osaa 230:st4 ja niiden ionildhteet:

a.  Induktiivisesti kytketyt plasmamassaspektrometrit (1CP/MS = Inductively Coupled
Plasma Mass Spectrometers);

b.  Hehkupurkausmassaspektrometrit (GDMS = Glow Discharge Mass Spectrometers);

c.  Termistd ionisaatiota kiyttiviit massaspektrometrit (TIMS = Thermal Ionization Mass
Spectrometers);

d. . Elektronipommitusmassaspektrometrit, joiden lihdekammio on tehty, vuorattu tai
pallystetty UF¢-kestivilld materiaaleilla;

e. Molekyylisuihkumassaspektrometrit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Lahdekammio on valmistettu, vuorattu tai paillystetty ruostumattomalla terdkselld
tai molybdeenill ja varustettu kylmiloukulla, joka kykenee jashtyméin 193 K
(-80 C) asteeseen tai sen alle; tai
2. Lihdekammio on valmistettu, vuorattu tai paallystetty UF g-kestavilld

materiaaleilla;

f. Massaspektrometrit, jotka on varustettu aktinideja tai aktinidifluorideja varten
kdytettdviksi suunnitellulla mikrofluorausionilédhteelld.

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

Seuraavat puolijohdekomponenttien tai -materiaalien valmistuslaitteet ja niitd varten erityisesti
suunnitellut osat ja komponentit:

a.  Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut" epitaksikasvatusta varten suunnitellut laitteet:

1.  Laitteet, jotka kykenevit tuottamaan 75 mm:n tai pidemmalld matkalla kerroksia,
joiden kerrospaksuuden vaihtelu on alle = 2,5 %;

2. Reaktorit, jotka suorittavat metalliorgaanista kemiallista kaasufaasipinnoitusta
(MOCVD) ja jotka on erityisesti suunniteltu yhdistepuolijohdekiteiden
kasvatukseen kayttien kohtien 3C003 tai 3C004 mukaan valvonnanalaisten
materiaalien vilistd kemiallista reaktiota;

3. Molekyylisuihku-epitaksikasvatuslaitteet, jotka kayttavit kaasu- tai kiinteitd
lahteits;
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b.  "Ohjelmallisesti ohjatut laitteet", jotka on suunniteltu ioni-istutusta varten ja joilla on

jokin seuraavista:

1. Siteen energia (kiihdytysjénnite) ylittdd 1 MeV;

2. Ne on erityisesti suunniteltu ja optimoitu toimimaan pienemmélld kuin 2 keV:n
siteen energialla (kiihdytysjannitteelld);

3 Mahdollistavat kuvion suoran istutuksen; tai

4.  Kykenevit suorittamaan korkeaenergistd happi-istutusta kuumennettuun
puolijohde"substraattiin";

c. Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut" anisotrooppiset plasmakuivasyovytyslaitteet:
1. Laitteet, joissa on kasetista-kasettiin toiminta ja sySttokammiot ja joissa on jokin
seuraavista:

a. Magneettinen rajoitus; tai
b.  Elektroni-syklotroniresonanssi (ECR);
2. Laittet, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.e kohdan mukaan valvonnanalaisia
laitteita varten ja joissa on jokin seuraavista:
a. Magneettinen rajoitus; tai
b.  Elektroni-syklotroniresonanssi (ECR);

d.  Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut" plasma-CVD -laitteet:
1. Laitteet, joissa on kasetista-kasettiin toiminta ja sySttokammiot ja joissa on jokin
seuraavista:
a.  Magneettinen rajoitus; tai
b. = Elektroni-syklotroniresonanssi (ECR);

2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.e kohdan mukaan valvonnanalaisia
laitteita varten ja joissa on jokin seuraavista:
a.  Magneettinen rajaus; tai
b.  Elektroni-syklotroniresonanssi (ECR);

e. "Ohjelmallisesti ohjatut" automaattisyottdiset monikammioiset puolijohdekiekkojen
kasittelyjarjestelmat, joilla on kaikki seuraavat:
1. Menetelmit kiekkojen sydttod ja ulosottoa varten ja joihin voidaan liittdd enemmén
kuin kaksi puolijohdeprosessilaitetta; ja
2. Suunniteftu muodostamaan tyhj&ssi toimiva integroitu jérjestelma useiden
kiekkojen perikkiistd prosessointia varten.
Huom: 3B001.e kohta ei aseta valvonnanalaiseksi automaattisia kiekkojen

robottikdsittelijoitd, joita ei ole suunniteltu toimimaan tyhjdssd.

f. Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut” litografialaitteet:

1. Askeltavat kohdistus- ja valotuslaitteet (suora kohdistus kiekkoon) tai kohdistus- ja
pyyhkdisy- (skanneri) laitteet kiekkojen prosessointia varten, jotka kayttavét foto-
optisia tai réntgenmenetelmis ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Valolshteen aallonpituus lyhyempi kuin 350 nm; tai



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 125

3B001

3B002

f.

h.

1. jatkuu
b.  Ne pystyvit tuottamaan kuvion, jonka 'pienin erottuva kuvion' koko on
0,5 pum tai vihemmdn;
Tekn. huom:

'Pienimmdin erottuvan kuvion' koko lasketaan seuraavalla kaavalla:

(aallonpituus mikrometreind) x (K kerroin)
MRF =

numeerinen aukko

Jjossa: K kerroin = 0,7
MRF on pienin erottuva kuvion koko.

2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu maskien valmistukseen tai
puolijohdekomponenttien prosessointiin kdyttden poikkeutettua ja fokusoitua
elektronisuihkua, ionisuihkua tai "laser"sédettd, ja joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:

a.  Suihkun tai siteen pisteen koko on pienempi kuin 0,2 pm;

b.  Kykenevit tuottamaan kuvioita, joiden viivaleveys on vihemmaén kuin 1 pm;
tai

c. Kohdistustarkkuus on parempi kuin = 0,20 pm (3 sigmaa).

Maskit tai retikkelit, jotka on suunniteltn 3A001 kohdassa miériteltyji integroituja piirejd
varten;

Monikerrosmaskit, joissa on vaihesiirtokerros.

Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut" testauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu valmiiden tai
puolivalmiiden puolijohteiden ja erityisesti niitd varten suunniteltujen komponenttien ja
tarvikkeiden testaamiseen:

Laitteet transistorien S-parametrien testaukseen yli 31 GHz:n alueella;

Integroitujen piirien ja niistd muodostuvien kokoonpanojen testauslaitteet, jotka
kykenevit suorittamaan toiminnallista (totuustaulu-) testausta yli 333 MHz:n
'bittikuvionopeudella’;
Huom: 3B002.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on erityisesti
suunniteltu testaamaan:
1. Koti- tai viihdekdyttiion tarkoitettujen laitteiden "elektronisia
kokoonpanoja" tai "kokoonpano"luokkia;
2. Valvonnan ulkopuolisia "elektronisia komponentteja", "elektronisia
kokoonpanoja” tai integroituja piirejd.
Tekn. huom:
Tdssd kohdassa “bittikuvionopeudella’ tarkoitetaan testauslaitteen digitaalisen toiminnan
suurinta tagjuutta. Néin ollen se vastaa suurinta tietonopeutta, jonka testauslaite voi
saavuttaa muussa kuin multipleksoidussa toimintatilassa. Se tunnetaan myos nimilld
testinopeus, suurin digitaalinen taajuus ja suurin digitaalinen nopeus.

Laitteet 3A001.b.2 kohdassa maériteltyjen integroitujen mikroaaltopiirien testaukseen.
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3C001

3C002

3C003

3C004

Materiaalit

Hetero-epitaksimateriaalit, jotka koostuvat "substraatista", jonka p#ille on epitaksiasti

kasvatettu useita kerroksia seuraavia aineita:

a.  Pii;

b. Germanium, tai

¢.  QGalliumin tai indiumin III/V-yhdisteet.
III/V-yhdisteet ovat monikiteisic valmisteita tai binaarisia tai kompleksisia yksikiteisid
valmisteita, jotka koostuvat Mendelejevin jaksollisen luokitustaulun ryhmien IlIA ja VA
alkuaineista (esim. galliumarsenidi, galliumalumiiniarsenidi, indiumfosfidi).

Seuraavat estopinnoitemateriaalit ja valvonnanalaisilla estopinnoitemateriaaleilla pinnoitetut
"substraatit":

a.  Positiiviestopinnoitteet, joiden spektrivaste on erityisesti sovitettu (optimoitu) alle 350
nm:n aallonpituuksille;

b.  Kaikki estopinnoitteet, jotka on tarkoitettu kéytettiviksi elektroni- tai ionisuihkun kanssa
ja joiden herkkyys on 0,01 mikrocoulombia/mm? tai parempi;

c.  Kaikki rontgenestopinnoitteet, joiden herkkyys on 2,5 mJ/mm? tai parempi;

d.  Kaikki pintakuvausteknologiaa varten optimoidut estopinnoitteet, 'piitetyt' resistit mukaan
lukien.
Tekn. huom:
"Piittcimis 'tekniikka on prosessi, jossa kdytetdcn estopinnoitteen pinnan oksidointia
parantamaan sen ominaisuuksia sekd mdrkd- ettd kuivakehityksessd.

Seuraavat orgaanis-epdorgaaniset yhdisteet:
a. Metalliorgaaniset alumiini-, gallium- tai indiumyhdisteet, joiden (perusmetallin) puhtaus
(metalleista) on parempi kuin 99,999 %;

b.  Arseeniorgaaniset, antimoni-orgaaniset ja fosfori-orgaaniset yhdisteet, joiden puhtaus
(epdorgaanisista aineista) on parempi kuin 99,999 %.

Huom: 3C003 kohta asettaa valvonnanalaiseksi vain yhdisteet, joiden metallinen, osittain
metallinen tai ei-metallinen elementti on suoraan liittynyt hiileen molekyylin
orgaanisessa 0sassa.

Fosfori-, arseeni- tai antimonihydridit, joiden puhtaus on parempi kuin 99,999 %, my6s
jalokaasuilla tai vedylld laimennettuina.
Huom: 3C004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi hydridejd, jotka sisdltavit

20 mooliprosenttia tai enemmdn jalokaasuja tai vetyd.
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3D001

3D002

3D003

3D101

3E

3E001

Ohjelmistot

"Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 3A001.b - 3A002.g tai 3B kohdassa miriteltyjen
laitteiden "kehittdmist4" tai "tuotantoa" varten.

"Ohjelmistot”, jotka on erityisesti tarkoitettu 3B kohdassa méériteltyjen ohjelmallisesti
ohjattujen"” laitteiden "kiytt64" varten.

"Ohjelmistot" puolijohdekomponenttien ja integroitujen piirien tietokoneavusteista suunnittelua
(CAD) varten, joilla on jokin seuraavista:

a. Suunnittelusdantdj tai piirien verifiointisaantsj4;

b.  Fyysisesti kytkettyjen piirien simulointia; tai

c.  'Litografiaprosessin simulaattoreita' suunnittelua varten.
Tekn. huom:
Litografiaprosessin simulaattori on "ohjelmisto"paketti, jota kdiytetdicin
suunnitteluvaiheessa mddrittelemddn toisiaan seuraavat litografia-, syovytys- ja
pinnoitusvaiheet, jotka muuntavat maskin kuviot erityisiksi topografisiksi johtimien,
eristeiden ja puolijohdemateriaalien kuvioiksi.

Huom 1:  3D003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja”, jotka on erityisesti
suunniteltu kaavioiden syittod, logiikan simulointia, komponenttien sijoittelua ja
langoitusta, layoutin verifiointia tai kuviongenerointinauhaa varten.

Huom 2:  Kirjastot, suunnitteluparametrit sekd niihin liittyvit tiedot
puolijohdekomponenttien ja integroitujen piirien suunnittelua varten kdsitetciéin
"teknologiaksi".

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 3A101.b kohdassa mairiteltyjen
laitteiden "kdyttd4d" varten.

Teknologia

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A, 3B tai 3C kohdassa miriteltyjen
laitteiden ja materiaalien "kehittimist4d" ja "tuotantoa" varten.

Huom: 3E001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavien komponenttien "kehittcimistc"
tai "tuotantoa” tarvittavaa teknologiaa:
a.  Mikroaaltotransistorit, jotka on tarkoitettu toimimaan alle 31 GHz:n
alueella;
b.  34001.a.3 - 34001.a.12 kohtien mukaan valvonnanalaiset integroidut piirit,
Joilla on seuraavat ominaisuudet:

1. Perustuvat 0,7:n mikrometrin tai karkeampaan "teknologiaan”; ja
2. Eivat sisdllid ‘monikerrosrakenteita’.
Tekn. huom:

Termi 'monikerrosrakenteet’ 3E001 kohdan b.2 huomautuksessa ei sisclld
komponentteja, joissa on korkeintaan kaksi metallikerrosta ja kaksi
monikiteistd piikerrosta.
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3E002

3E101

3E102

3E201

Muu "teknologia” seuraavien komponenttien "kehittdmistd" ja "tuotantoa" varten:

a.
b.

w@mo Ao

Tyhjé-mikroelektroniset komponentit;

Heterorakenteiset puolijohdekomponentit, kuten korkean elektroniliikkuvuuden

transistorit (HEMT), heterobipolaaritransistorit (HBT), kvanttikuoppa- tai

superhilakomponentit;

"Suprajohtavat" elektroniset komponentit.

Elektronisten komponenttien timanttifilmisubstraatit.

Piieristyssubstraatit integroiduille piireille, joissa eristysaineena on piidioksidi.

Piikarbidisubstraatit elektronisille komponenteille.

Muu kuin 3E001 kohdassa mééritelty "teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen

mukaisesti sellaisten “mikroprosessoripiirien”, "mikrotietokonepiirien" ja mikro-

ohjainpiirien "kehittimistd" ja "tuotantoa" varten, joiden “yhdistetty teoreettinen

tehokkuus™ ("CTP") on 530 miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnissa (Mtops) tai

enemman ja joiden aritmeettisloogisen yksikon hakuleveys on 32 bittid tai enemmén.

Huom: 3E001 kohtaa koskeva valvonnan soveltamatta jéttdmistd koskeva
huomautus koskee myds 3E002.g kohtaa.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A001.a.1 tai 2, 3A101 tai 3D101
kohdassa médiriteltyjen laitteiden ja "ohjelmistojen" "kaytt64" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3D101 kohdassa méériteltyjen
"ohjelmistojen" "kehittdmistd" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A201,
3A225-3A233 kohdassa méidriteltyjen laitteiden "kaytt64" varten.
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RYHMA 4 - TIETOKONEET

4A

4A001

4A002

Huom. 1:  Tietokoneet, niihin liittyvdt laitteet tai "ohjelmistot", jotka suorittavat
tietoliikenteen tai "paikallisverkon” toimintoja, tulee arvioida myos
5 ryhmdn 1 osa (Tietoliikenne) toimintaparametreja vasten.

Huom. 2:  ORjausyksikéitd, jotka yhdistévit suoraan keskusyksikon, "keskusmuistin” tai

levyohjaimien vaylid tai kanavia, ei katsota

5 ryhmadn 1 osa (Tietoliikenne) mddrittelemiksi

tietoliikennelaitteiksi,

Huom. :  Pakettikytkentidi varten erityisesti suunniteltujen "ohjelmistojen”
valvonnanalaisuus: katso 5D001 kohta.

Huom.3:  Tietokoneet, niihin liittyvat laitteet tai "ohjelmistot”, jotka suorittavat salausta,
salauksen analysointia tai sertifioitavissa olevaa monitasoista turvallisuuden
valvontaa tai sertifioitavissa olevaa kdyttéoikeuden rajaamista tai jotka rajoittavat
sdhkomagneettista mukauwtuvuutta (EMC), tulee arvioida myos 5 ryhmdn 2 osa
("Tiedon suojaus") toimintaparametreja vasten.

Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

Seuraavat elektroniset tietokoneet ja niihin liittyvit laitteet seki niit4 varten erityisesti
suunnitellut "elektroniset kokoonpanot" ja komponentit:
Huom: KATSO MYOS 4A101 KOHTA.

a.  Jotka on erityisesti suunniteltu niin, etts niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Mitoitettu toimimaan ympirdivissa lampotilassa alle 228 K (-45 C) astetta tai yli
358 K (85 C) astetta;
Huom: 4A4001.a.1 kohta ei koske siviiliajoneuvo- tai -rautatiesovelluksiin

erityisesti suunniteltuja tietokoneita.

2. Kestéviit siteilyd yli jonkin seuraavista rajoista:
a.  Kokonaisannos 5 x 10° Gy (Pii);
b.  Annosnopeus 5 x 10° Gy (Pii)/s; tai
c. Kertahiirié 1 x 107 virhetta/bit/vrk;

b.  Joilla on 5 ryhmin 2 osassa ("Tiedon suojaus") médritellyt rajat ylittédvid ominaisuuksia
tai toimintoja.
Huom: 4A001.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi elektronisia tietokoneita ja
niihin liittyvid laitteita, kun kaytidjalla on ne mukanaan henkilokohtaista
kayttdd varten.

Seuraavat "hybriditietokoneet" seki niitd varten erityisesti suunnitellut "elektroniset
kokoonpanot" ja komponentit:
Huom:  KATSO MYOS 4A102 KOHTA.

a.  Jotka sisiltavit 4A003 kohdassa madriteltyja "digitaalisia tietokoneita";
b.  Jotka sisiltivit analogia-digitaalimuuntimia, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. 32 kanavaa tai enemmin; ja
2. 14 bitin resoluutio (merkkibitin lisiksi) tai enemmén ja muunnosnopeus
200 000 muunnosta sekunnissa tai enemmin.
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4A003

Seuraavat "digitaaliset tietokoneet", "elektroniset kokoonpanot" ja niihin liittyvit laitteet seks
niit3 varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom. 1: 44003 kohta sisdltdd seuraavat:

a. Vektoriprosessorit;

b.  Matriisiprosessorit;

c.  Digitaaliset signaaliprosessorit;

d.  Logiikkaprosessorit;

e Laitteet "kuvan laadun parantamista” varten;
JA Laitteet "signaalinkdsittelyd" varten.

Huom. 2:  Muihin laitteisiin tai jérjestelmiin sisdltyvien 44003 kohdassa kuvattujen
"digitaalisten tietokoneiden" ja niihin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus
mdidrdytyy ndiden muiden laitteiden tai jarjestelmien valvonnanalaisuuden mukaan
edellyttden, ettd:

a. "Digitaaliset tietokoneet" tai niihin liittyvdt laitteet ovat néiden muiden
laitteiden tai jérjestelmien toiminnan kannalta valttamdttomid;

b. "Digitaaliset tietokoneet" tai niihin liittyvdt laitteet eiviit ole néiden muiden

laitteiden tai jdrjestelmien olennaisin osa; ja

Huom. 1:  Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen "signaalin
kdisittely” - tai "kuvan laatua parantavien" laitteiden
valvonnanalaisuuden mddrittelee ndiden muiden laitteiden
valvonnanalaisuus, vaikka ne ylittdisivitkin olennaisimman
osan kriteerin, mikdli ne suorittavat vain ndiden muiden
laitteiden vaatimia toimintoja.

Huom. 2:  Tietoliikenteessd kdytettivien "digitaalisten tietokoneiden" ja
nithin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus: katso 5 ryhmd
1 osa (Tietoliikenne).

C. "Digitaalisten tietokoneiden" ja niihin liittyvien laitteiden "teknologia” on
mddritelty 4E kohdassa.

a. Jotka on suunniteltu tai muunnettu "vikasietoisiksi";

Huom: 4A003.a kohdan tarkoituksia varten ei "digitaalisia tietokoneita" tai niihin
liittyvid laitteita katsota suunnitelluiksi tai muunnetuiksi "vikasietoisiksi”, jos
ne kéyttavat: '

L "Keskusmuistin" virheenpaljastus- tai virheenkorjausalgoritmeja;

2. Kahden "digitaalisen tietokoneen” vilistd kytkentdd siten, ettd
aktiivisen keskusyksikon pettdessd vapaana oleva ja sen toimintaa
peilaava keskusyksikké voi jatkaa jérjestelmdn toimintaa;

3. Kahden keskusyksikon vdlistd tiedonsiirtokytkentdd tai yhteistd
muistiyksikkdd siten, ettd yksi keskusyksikko voi suorittaa muita
tehtivid kunnes toinen keskusyksikko pettdd, jolloin ensinmainittu
ottaa hoitaakseen jiirjestelmdin toiminnan, tai

4.  Kahden keskusyksikon synkronointia "ohjelmistojen” avulla siten, ettd
yksi keskusyksikkd huomaa milloin toinen pettdd ja voi ottaa
huolehtiakseen sen tehtdvit.

b. "Digitaaliset tietokoneet", joiden "yhteenlaskettu teoreettinen tehokkuus" ("CTP") ylittaa
6 500 miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnissa (Mtops);
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4A003

4A004

4A101

4A102

jatkuu

c.  Seuraavat "elektroniset kokoonpanot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
nostamaan tehokkuutta laskentayksikoitd ("CE") lisdamalli siten, ettd yhdistetty
"yhteenlaskettu teoreettinen tehokkuus" ylittas 4A003.b kohdan rajan;

Huom. 1:  4A003.c kohtaa sovelletaan ainoastaan kokoonpanoihin ja ohjelmoitaviin
keskindiisiin kytkentoihin, jotka eivit yliti 44003.b kohdassa mddriteltyd
rajaa, kun ne toimitetaan erillisind "elektronisina kokoonpanoina”. Sitd ei
sovelleta "elektronisiin kokoonpanoihin", joiden rakenne rajoittaa niiden
kayton 44003.d tai 44003.e kohdan mddrittelemind liittyvind laitteina.

Huom. 2:  4A4003.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi tuotteita tai tuoteperheitd
varten erityisesti suunniteltuja elektronisia kokoonpanoja, jotka
maksimikokoonpanossaan eiviit ylitid 44003.b kohdan rajaa.

d.  Grafiikan kiihdyttimet tai grafiikkaprosessorit, joiden "kolmiulotteinen vektorinopeus"
ylittdd 3 000 000;

e.  Laitteet, jotka suorittavat analogia-digitaalimuunnoksia tai digitaali-analogiamuunnoksia
ja jotka ylittévit 3A001.a.5 kohdassa mainitut rajat;

f. Ei kdytossi;

g.  Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu "digitaalisten tietokoneiden" tai niihin liittyvien
laitteiden vilistd ulkoista keskiniisliitdntd4 varten, joka sallii viestiliikenteen
tiedonsiirtonopeudella, joka ylittid 80 Mbyte/s.

Huom: 44003.g kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi sisdisid liitdntdlaitteita
(esim. emolevyjd ja véylid), passiivisia kytkentdlaitteita,
"verkkoliityntiohjaimia” tai "tietoliikenneohjaimia’.

Seuraavat tietokoneet ja niitd varten erityisesti suunnitellut niihin liittyvit laitteet, "elektroniset
kokoonpanot" ja komponentit:

a. "Systoliset matriisitietokoneet";
b. "Hermoverkkotietokoneet";
c. "Optiset tietokoneet".

Muut kuin 4A001.a.1 kohdassa miiritellyt analogiset tietokoneet, "digitaaliset tietokoneet" tai
digitaaliset differentiaalianalysaattorit, jotka on suunniteltu kovaan kiyttd6n ja suunniteltu tai
muunnettu 9A004 kohdassa méériteltyjen avaruuteen laukaisussa kéytettévien kantorakettien tai
9A104 kohdassa médriteltyjen luotainrakettien kdyttod varten.

Hybriditietokoneet, jotka on erityisesti suunniteltu 9A004 kohdassa maériteltyjen avaruuteen
laukaisussa kéytettivien kantorakettien tai 9A104 kohdassa médriteltyjen luotainrakettien
mallintamista, simulointia tai konstruktioiden integrointia varten.

Huom: Tétd valvonnanalaisuutta sovelletaan ainoastaan, kun laitteita toimitetaan
7D103 tai 9D103 kohdassa mddriteltyjen "ohjelmistojen” kanssa.
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4B

4C

4D

4D001

4D002

4D003

4E

4E001

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

Ei ole.

Materiaalit

Ei ole.

Ohjelmistot

Huom: Muissa ryhmissd kuvattujen laitteiden "kehittdmistd", "tuotantoa" tai "kdyttod"
varten tarkoitettujen "ohjelmistojen” valvonnanalaisuutta kdsitellddn kyseisissd
ryhmissd. Tdssd ryhmdssd kuvattujen laitteiden "ohjelmistojen”
valvonnanalaisuutta kdsitellddn tissd kohdassa.

4A001 - 4A004 tai 4D kohdassa méiriteltyjen laitteiden, materiaalien tai "ohjelmistojen"
"kehittimistd", "tuotantoa" tai "kdyttod" varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut
"ohjelmistot".

4E kohdassa médritellyn "teknologian" tukemiseen erityisesti suunnitellut tai muunnetut
"ohjelmistot".

Seuraavat erityiset "ohjelmistot™:

a.  "Lahdekieliset" kdyttojirjestelmé"ohjelmistot", "ohjelmistojen" kehittimis-tydkalut ja
ké#ntdjat, jotka on erityisesti suunniteltu "monitietovirtakisittelyd" varten;

b.  "Asiantuntijajarjestelmét" tai "ohjelmistot" "asiantuntijajirjestelmien” piitelmikoneita
varten, jotka sisiltavit molemmat seuraavista:
1. Ajasta riippuvat siinnot; ja
2. Perusalkiot sdnt6jen ja faktojen aikaominaisuuksien késittelyd varten;

c. "Ohjelmistot”, joilla on 5 ryhmén 2 osa ("Tiedon suojaus") rajat ylittdvid ominaisuuksia
tai toimintoja;
Huom: 4D003.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kayttdjdlli ainoastaan
henkilokohtaista kiyttod varten mukanaan olevia "ohjelmistoja”.

d.  Kiyttojarjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu "tosiaikaista késittelyd" suorittaville
laitteille, jotka takaavat lyhemmin kuin 20 ps:n "yleisen keskeytysviiveen".

Teknologia

Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti "teknologia", joka on tarkoitettu 4A tai

4D kohdassa méériteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittamist4", "tuotantoa" tai "kaytt6d"
varten.
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YHDISTETTYA TEOREETTISTA TEHOKKUUTTA ("CTP") KOSKEVA TEKNINEN HUOMAUTUS

"CE"
Fp
XP

t
XOR
CPU
TP
"CTP"

*rﬂgpu

Tissid teknisessd huomautuksessa kivtetyt lvhenteet:

"laskentayksikkd" (tyypillisesti aritmetiikkaprosessori)

liukuva pilkku

kiinted pilkku

suoritusaika

eksklusiivinen OR

keskusyksikkd

teoreettinen tehokkuus (yhden "laskentaclementin")

"yhdistetty teoreettinen tehokkuus" (useiden "laskentaelementtien")
efektiivinen laskentanopeus

sananpituus

sananpituuden korjaus

kertomerkki

Suoritusaika 't' ilmaistaan mikrosekunteina ja TP ja "CTP" ilmaistaan miljoonina teoreettisina
operaatioina sekunnissa (Mtops) ja WL ilmaistaan bitteind.

"CTP":n laskentatavan kuvaus

"CTP" on laskentatehokkuuden mitta ilmaistuna Mtops:eina. Seuraavat kolme vaihetta tarvitaan
yhdistettidessd "CE":t "CTP":n laskemiseksi:

1. Laske kunkin laskentayksikon ("CE") efektiivinen laskentanopeus R;

2. Kiyti sanan pituuden korjausta (L) efektiiviselle laskentanopeudelle (R), jolloin saat
teoreettisen tehokkuuden (TP) kullekin laskentayksikélle;

3. Mikaili laskentayksikoitd on useampia kuin yksi, yhdisti teoreettiset tehokkuudet "CTP":n
saamiseksi.

Yksityiskohdat niille kolmelle vaiheelle on esitetty seuraavissa kappaleissa.

Huom. 1.: Jos usealla "CE":114 on sek yhteisi ettd omia alamuistijérjestelmid, "CTP":n
laskenta suoritetaan hierarkkisesti kahdessa vaiheessa; yhdisté ensin "CE"-ryhmét
joilla on yhteistd muistia ja laske sitten ryhmien "CTP" kéyttden laskentatapaa
usealle "CE":lle, joilla ei ole yhteistd muistia.

Huom.2.: "CE'":t4, jonka toiminta rajoittuu systtoon/tulostukseen ja ympéryslaitteiden
toimintoihin (esim. levy-yksikén, kommunikointi- ja néyttopaiteohjaimet) ei
yhdistetd "CTP"-laskentaan.
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YHDISTETTYA TEOREETTISTA TEHOKKUUTTA ("CTP") KOSKEVA TEKNINEN HUOMAUTUS

Seuraavassa taulukossa osoitetaan miten kullekin "laskentayksikolle" lasketaan efektiivinen laskentanopeus

R):

Vaihe 1: Efektiivinen laskentanopeus R

"CE":t, joissa on:
Huom: Jokainen "CE" on evaluoitava erikseen

Efektiivinen laskentanopeus R

vain XP 1
3 * (txp add)
Jos yhteenlaskukisky4 ei ole:
Rep)
1
(txp mul:)
Jos yhteenlaskua tai kertolaskua ei ole,
valitse nopein aritmeettinen operaatio:
1
3* 1,
ks. huom. X ja Z
vain FP Max 1 , 1
(pr) U add Yo mut
ks. huom. X jaY
Seké FP ettd XP Laske molemmat arvot
(R) Rxp, pr
Yksinkertaiset logiikkaprosessorit, joissa ei ole 1
aritmetiikkakéskyja.
3* tog

Jossa tj,, 0n ekslusiivisen-tai-késkyn toteutusaika
tai mikali sitd ei ole, nopeimman loogisen
operaation suoritusaika.

Ks. huom. X ja Z

Erikoislogiikkaprosessorit, jotka eivit kiyti
mitdin mainituista loogisista operaatioista.

R=R'* WL/64

Jossa R’ on tulosten lukumaiir4 sekunnissa, WL
on loogisen operaation kohteen bittien
lukumér ja 64 suure, joka normalisoi tuloksen
64 bitin operaatioksi.




2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 135

YHDISTETTYA TEOREETTISTA TEHOKKUUTTA ("CTP") KOSKEVA TEKNINEN HUOMAUTUS

Huom. W:

Huom. X:

Huom. Y:

Huom. Z:

Liukuhihnakésittely4 suorittavalle "CE":lle, joka suorittaa yhden aritmeettisen tai loogisen
operaation jokaisen kellon jaksolla kanavan tultua téyteen, voidaan méaéritells liukuhihnanopeus.
Efektiivinen laskentanopeus (R) sellaiselle "CE":1le on se, kumpi liukuhihna- tai ei-
liukuhihnanopeudesta on nopeampi.

"CE":lle, joka suorittaa useita tietyntyyppisid operaatioita yhden syklin aikana (esim. kaksi
yhteenlaskua tai kaksi samanlaista loogista operaatiota), toteutusaika t saadaan:

syklin aika
t =

identtisten operaatioiden méairi konesyklin aikana

"CE":it4, jotka suorittavat useita, erilaisia aritmeettisia operaatioita yhden konesyklin aikana, on
késiteltivd useampana erillisend "CE":ni (esim. jos "CE" suorittaa yhteenlaskua ja kertolaskua
yhden syklin aikana, késitelldzn sitd kahtena "CE":n4, joista toinen suorittaa yhteenlaskua ja
toinen kertolaskua).

Jos yksi "CE" suorittaa seki skalaari- ettd vektorilaskentaa, kiytetizn niisti nopeamman
suoritusajan arvoa.

Jos "CE":ss4 ei ole FP-yhteenlaskua eikd FP-kertolaskua, mutta se suorittaa FP jakolaskun:

1

Rp =
tfpdiv

Jos "CE" suorittaa FP ka#nteisarvo-operaation, mutta ei FP yhteenlaskua, FP kertolaskua eiki
FP jakolaskua, niin

1
Rﬁ,=

tﬁ;»ktiﬁnteisarvo

Jos mitd&n mainituista FP-operaatioista ei ole, FP = 0.

Yksinkertaisissa loogisissa operaatioissa, yksi kisky suorittaa yhden loogisen manipulaation
korkeintaan kahden tietynpituisen operandin kesken. Monimutkaisissa loogisissa operaatioissa
yksi kisky suorittaa useita loogisia manipulaatioita ja tuottaa yhden tai useamman tuloksen
kahdesta tai useammasta operandista.
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YHDISTETTYA TEOREETTISTA TEHOKKUUTTA ("CTP") KOSKEVA TEKNINEN HUOMAUTUS

Vaihe 2:

Tulokset olisi laskettava kaikille operandin pituuksille ottaen huomioon sek liukuhihna-

operaatiot (jos niit4 on) ettd ei-liukuhihnaoperaatiot, kdyttden nopeinta kiskyn suoritusaikaa

kullekin operandin pituudetle ja perustuen:

1.  Liukuhihna- tai rekisteristd-rekisteriin-operaatioon. Epétavallisen lyhyet suoritusajat,
etukdteen médritylle operandille tai operandeille (esim. kertominen 0:1la tai 1:118) jétetdsn
huomioimatta. Ellei rekisteristd-rekisteriin-operaatioita ole, siirry (2) kohtaan.

2.  Nopeampaan rekisteristd-muistiin- tai muistista-rekisteriin-operaatioista; jos nditdkéan ei
ole, siirry (3) kohtaan.
3. Muistista-muistiin-operaatioon.

Jokaisessa ylldmainitussa tapauksessa kéytd valmistajan ilmoittamaa nopeinta suoritusaikaa.

TP kullekin kiiytettivissd oleva]lye operandin pituudelle WL

Muunna efektiivinen nopeus R (tai R") sanan pituuden korjaustermilld L seuraavasti:

TP=R*L,
jossa L =(1/3 + WL/96)

Huom: Téssd kaavassa sanan pituus WL on operandin pituus bitteind. (Jos operaatio
o kéyttdd erilaisia operandin pituuksia, valitse niistd pisin sanan pituus.)

"CTP":n laskennassa mantissa-ALUn ja exponentti-ALUn yhdistelmé liukuvan
pilkun prosessorissa tai -yksikossi kisitetdin yhdeksi "CE":ksi, jossa sanan pituus
(WL) on bittien lukumiiri datan esityksessi (tyypillisesti 32 tai 64).

Tatd korjausta ei suoriteta niille erikoislogiikkaprosessoreille, jotka eivit kidytd XOR-kdsky4 ja
siind tapauksessa TP = R.

Valitse maksimiarvot saaduista TP:n arvoista:

jokaiselle vain XP "laskentayksikolle" (Ryp);

jokaiselle vain FP "laskentayksikélle" (Rg);

jokaiselle XP ja FP "laskentayksikolle" (R);

jokaiselle yksinkertaiselle logiikkaprosessorille, joka ei kéytd aritmeettisia operaatioita; ja
jokaiselle erikoislogiikkaprosessorille, joka ei kdytd mitddn mainittuja aritmeettisia tai
loogisia operaatioita.
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YHDISTETTYA TEOREETTISTA TEHOKKUUTTA ("CTP") KOSKEVA TEKNINEN HUOMAUTUS

Vaihe 3:  Keskusvyksikdiden "CTP" ja laskentayksiksiden yhdistiminen

Keskusyksikélle, jossa on vain yksi "CE":
"CTP"=TP.

("CE™t, jotka suorittavat sek kiinteéin etts liukuvan pilkun operaatioita
TP = max (TPy, TPg,))

Usean, samanaikaisesti toimivan "CE":n yhdistelmille "CTP" lasketaan seuraavasti:

Huom. 1.:

Huom. 2.:

Huom. 3.:

Huom. 4.:

Huom. 5.:

Yhdistelmille, jotka eivit salli kaikkien "CE":iden toimia samanaikaisesti, kiytetéiin
suurimman "CTP"-arvon tuottavan kombinaation arvoa. Kunkin osallistuvan "CE":n TP
lasketaan teoreettisena maksimiarvona, ennen "CTP"-arvon ma#rittimisti.

Huom: Samanaikaisesti toimivien "CE":iden kombinaatioiden méirittelemiseksi,
tuota kiskysekvenssi, joka kiynnistid operaatioita useassa "CE":ss4 alkaen
hitaimmasta (se, joka tarvitsee eniten syklejé operaation suorittamiseen) ja
pédéttyen nopeimpaan "CE":hen. Jokaisella sekvenssin syklill4 kyseisen
syklin aikana toiminnassa olevien "CE":iden kombinaatio on mahdollinen
kombinaatio. Késkysekvenssin on huomioitava kaikki laitteisto- ja/tai
arkkitehtuuriesteet paillekkiisissi operaatioissa.

Yksi integroitu piiri tai piirikortti voi siséltis useamman "CE":n.

Samanaikaisia operaatioita katsotaan olevan, jos valmistaja tietokoneen kisikirjassa tai
esitteessd ilmoittaa rinnakkaisista tai samanaikaisista operaatioista tai suorituksista.

"CTP"'-arvoja ei yhdisteti "CE"-kombinaatioille, jotka ovat keskendin kytkettyja
paikallisverkkojen, kaukoverkkojen, yhteisten sy&ttd/tulostus-liitintSjen/laitteiden,
sy6ttd/tulostus-ohjainten ja minké tahansa ohjelmalla toteutetun kommunikoinnin kautta.

"CTP"-arvot on yhdistettévi usealle "CE":lle, jotka on erityisesti suunniteltu parantamaan
tehokkuutta ja jotka toimivat samanaikaisesti ja kdyttavit samoja samanaikaisesti toimivia
yhden tai useamman muistin ja ”CE”:n yhdistelmii kéyttéien erityisesti suunniteltua
laitteistoa.

Tédmi yhdistdminen ei koske kokoonpanoja, jotka on kuvattu kohdassa 4A003c.

"CTP"=TP, +Cy, * TP, +...C, * TP,,
jossa TP:t on jérjestetty arvon mukaan, TP;:n ollessa suurin, TP,:n toiseksi suurin,..., ja

TP, pienin. C; on kerroin, joka miéritelldsn "CE":iden kytkennin vahvuuden perusteella
seuraavasti:

Usealle samanaikaisesti ja samaa muistia kiiyttaville "CE™:lle:

Cz = C3 = C4 T Cn = 0,75
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Huom. 1.: Jos ylldolevalla tavalla laskettu "CTP"-arvo ei ylitd 194 MTops, seuraavaa kaavaa voidaan kayttdd
C;:n laskemiseen:

jossa m = yhteisti muistia kiyttivien "CE":iden tai "CE"-ryhmien miiri.
J y 8%

edellyttden, etti:

1. Minkéin "CE":n tai "CE"-ryhmén TP; ei ylitd 30 MTops,

2. "CE":t tai "CE"-ryhmat kiyttévit keskusmuistia (cache-muistia lukuun ottamatta) yhden
kanavan kautta,

3. Vainyksi "CE" tai "CE"-ryhmi voi kéyttd4 kanavaa kerrallaan.

Huom: Tama ei koske nimikkeiti, jotka ovat 3 ryhmédn mukaan valvonnanalaisia.

Huom.2.: "CE":tkiyttdvit samaa muistia, jos ne kdyttivit yhteistd puolijohdemuistinsegmenttid. Tama
muisti voi sisiltdd cache-muistin, keskusmuistin tai muun sisdisen muistin. Ulkoiset
muistiyksikdt, kuten levymuistit, nauhamuistit tai RAM-levyt eivit sisélly tihén.

Usealle "CE™lle tai "CE":iden ryhmille, jotka eivit kdytd samaa muistia, mutta liittyvit toisiinsa yhdelld tai
useammalla tietovaylalla:

G 0,75*k  (i=2, .., 32) (katso huomautusta alla)
0,60 *k; (i=33,..,64)

0,45*k  (i=65,...,256)

0,30*k;  (i>256)

I

o

Ci:n arvo perustuu "CE":iden lukum&éraén, ei solmujen lukumé#réan.

jossa ki= min (§/K, 1), ja

K;= 20 MByte/s normalisointikerroin

Si= maksimi kaikkien yhteistd muistia kiyttdvén i:nteen "CE":hen tai "CE"-ryhmién
kytkettyjen tietovéylien tiedonsiirtonopeuksien summasta (MByte/s).

Laskettaessa C;:td "CE"-ryhmiille ensimmaisen "CE":n numero ma4r44 asianmukaisen rajan Ci:lle.
Esimerkiksi yhdisteltdesséd ryhmis, jotka kukin koostuvat kolmesta "CE":std, 22. ryhm siséltdd "CE"g4.,
"CE"6s:n ja "CE"66:n. Asianmukainen raja C;:lle tdssd ryhmissé on 0,60.

Yhdisteleminen ("CE":iden tai "CE"-ryhmien) olisi tehtéivd nopeimmasta hitaampaan; eli:
TP >TP,>...> TP, ja

siind tapauksessa, ettd TP; = TP;,; suurimmasta pienimpésn; eli:
Ci > Ci+l

Huom: Kerrointa k; ei kiiytetd "CE":ille 2-12 jos "CE":n tai "CE"-ryhmén TP; on enemmén kuin
50 Mtops; eli C; "CE":lle 2-12 on 0,75.
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RYHMA 5 - TIETOLIKENNE JA "TIEDON SUOJAUS"

1 Osa - TIETOLIIKENNE

S5A1

5A001

Huom. 1.

Huom. 2:

Tietoliikennelaitteita tai -jdrjestelmid varten erityisesti kehitettyjen komponenttien,
"laserien", testaus- ja "tuotanto"laitteiden, materiaalien ja ohjelmien
valvonnanalaisuus on mddritelty 5 ryhmdn 1 osassa.

"Digitaaliset tietokoneet", niihin liittyvit laitteet tai "ohjelmistot", milloin ne ovat
olennaisia tdssd ryhmdssd kuvattujen tietoliikennelaitteiden toiminnalle ja tukevat
niitd, katsotaan erityisesti tdtd tarkoitusta varten kehitetyiksi komponenteiksi,
edellyttien, ettd ne ovat valmistajan tavanomaisesti toimittamia vakiotyyppeja.
Timd koskee myds tietokonejérjestelmid toimintaa, hallintoa, ylldpitoa, teknisti
suunnittelua tai laskutusta varten.

Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

a.

Tietoliikennelaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai
piirteistd:

L.

2.
3

Erityisesti suunniteltu kestdméin ydinrdjdhdyksestd aiheutuvia hetkellisid
elektronisia vaikutuksia tai séhkomagneettista pulssia;

Erityisesti suojattu kestimain gamma-, neutroni- tai ioniséteilyd; tai
Erityisesti suunniteltu toimimaan lampétila-alueen 218 K (-55°C) -397 K
(124°C) ulkopuolella. ;

Huom: 5A4001.a.3 kohta koskee vain elektronisia laitteita.

Huom: 54001.a.2 ja 54001.a.3 kohta ei koske satelliiteissa kéytettiviksi

suunniteltuja tai muutettyja laitteita.

Tietoliikenteen siirtolaitteet ja jérjestelmit ja niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit tai tarvikkeet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai
piirteista:

1.

Vedenalaiset viestintdjérjestelmit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Akustinen kantoaaltotaajuus, joka on alueen 20~60 kHz ulkopuolella;
b.  Kiyttavit sihkdmagneettista kantoaaltotaajuutta alle 30 kHz; tai

c.  Kiyttivit elektronista keilanohjaustekniikkaa;

Radiolaitteet, jotka toimivat 1,5-87,5 MHz:n kaistalla ja joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:

a.  Sisaltivit adaptiivisen tekniikan, joka antaa paremman hiiridsignaalien
vaimennuksen kun 15 dB; tai
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b. Sisiltiviat kaikki seuraavat:

1. Ennakoivat ja valitsevat automaattisesti kanavakohtaisia taajuuksia ja
"digitaalisia kokonaissiirtonopeuksia" optimoidakseen lahetysti; ja
2. Sisiltavit lineaarisen tehovahvistinkonfiguraation, joka kykenee

tukemaan useampia signaaleja samanaikaisesti 1 kW:n tai
suuremmalla l3htsteholla 1,5-30 MHz:n taajuusalueella tai 250 W:n
tai suuremmalla J3htoteholla 30-87,5 MHz:n taajuusalueella, yhden tai
useamman oktaavin "hetkellisen taajuuskaistan" yli, siten ettd
ulostulon yliaalto- ja sérdsisiltd on parempi kuin -80 dB;

3. Radiolaitteet, jotka kéyttdvit "hajaspektritekniikkaa", mukaan lukien
"taajuushyppely"tekniikka ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Hajautuskoodit ovat kéyttdjdn ohjelmoitavissa; tai
b.  Lzhetettdvén kaistan kokonaisleveys on vihintddn 100 kertaa minké tahansa
informaatiokanavan kaistan leveys ja se ylittdd 50 kHz;
Huom: 5A4001.5.3.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi radiolaitteita,
Jjotka on erityisesti suunniteltu kdytettiviksi siviilikaytossd
olevissa solukkoradiojdrjestelmissd.

Huom: 5A4001.b.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on
suunniteltu toimiviksi 1,0 Watin tai sitd alemmalla ulostuloteholla.

4. Digitaalisesti ohjatut radiovastaanottimet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a. Yli 1 000 kanavaa,
b.  Alle 1 ms:n "taajuuden vaihtoaika";

c.  Tutkivat tai pyyhkivit automaattisesti osaa sihkomagneettisesta spektristi;
ja

d.  Jotka identifioivat vastaanotetut signaalit tai ldhettimen tyypin; tai
Huom: 5A4001.b.4 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi radiolaitteita,

Jotka on erityisesti suunniteltu kdytettaviksi siviilikaytossa
olevissa solukkoradiojdrjestelmissd

5. Kayttidvat digitaalisia "signaalin k#sittely"toimintoja puheen koodaukseen alle
2 400 bit/s nopeuksilla;
c. Seuraavat optiset tiedonsiirtokaapelit, optiset kuidut ja varusteet niitd varten:
1. YIi 500 m pitkt optiset kuidut, jotka valmistajan ilmoituksen mukaan kykenevit
kestimiiin vetolujuuskokeessa yli 2 x 10° N/m:n tai tita suurempaa vetorasitusta;
Tekn. huom:

Vetolujuuskoe: on-line tai off-line tuotaniotesti, jossa kuituun dynaamisesti
kohdistetaan ennalta mddrdtty vetorasitus

0,53 metrin matkalla kuidun kulkiessa nopeudella 2-5 m/s kahden n. 150 mm
ldpimittaisen vetopyérdn vdlilld ympdristén ldmpotilan ollessa 293 K (20°C) ja
suhteellisen kosteuden 40 %. Vastaavia kansallisia standardeja voidaan kayttdd
vetolujuuskoetta suoritettaessa.
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SA101

5B1

5B001
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2. Optiset kaapelit ja varusteet vedenalaista kdyttod varten;
Huom.: 5A4001.c.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi norminmukaisia
siviilikdyttoon tarkoitettuja tietoliikennekaapeleita ja varusteita.
Huom. 1:  Veden alla kdytettivien yhdyskaapelien ja niiden liittimien osalta
katso 84002a.3 kohta.
Huom. 2:  Kuituoptiset aluksen rungon léipiviennit tai liittimet: katso
84002.c kohta.

d.  "Elektronisesti ohjattavat vaiheistetut ryhm#antennit", jotka toimivat yli 31 GHz:n
alueella;
Huom: 54001.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "elektronisesti ohjattavia
vaiheistettuja ryhmdantenneja" laskeutumis-jcrjestelmissé, joissa on ICAO:n

mikroaalloilla toimivat laskeutumisjérjestelmdt (MLS) kattavien standardien
mukaiset instrumentit.

Kaukomittaus- tai kaukohallintalaitteet, joita voidaan kiyttid "ohjuksissa".

Huom: 54101 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu
mallilentokoneiden, -veneiden tai -ajoneuvojen kéiyttdd varten ja joiden scihkdisen
kentdn voimakkuus 500 metrin etdisyydelld ei ole enempdid kuin 200 mikrovolttia
metrid kohti,

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

a. Laitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet, jotka on erityisesti
suunniteltu SA001, 5B001, 5D001 tai 5E001 kohdassa médriteltyjen laitteiden,
toimintojen tai ominaisuuksien "kehittimistd", "tuotantoa" tai "k#ytto4d" varten.

Huom: 5B001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi optisten kuitujen ja "optisten
kuitujen preformien" karakterisointilaitteita, joissa ei kéiytetd
puolijohde"laseria"

b.  Laitteet ja niit4 varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet, jotka on erityisesti

suunniteltu seuraavien tietoliikenteen tai "ohjelmallisesti ohjattujen keskuslaitteiden"
siirtolaitteiden "kehittamiseen":

1. Laitteet, jotka kiyttdvit digitaalitekniikkaa, mukaan lukien "asynkroninen
siirtomuoto"("ATM"), jotka on suunniteltu toimimaan "digitaalisella
siirtonopeudella”, joka ylittid 1,5 Gbit/s,

2. Laitteet, jotka kdyttavit "laseria" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Siirrossa kéytetty aallonpituus ylittdd 1 750 nm;

b.  Suorittavat "optista vahvistusta”;

c. Kiéyttavat koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista
ilmaisutekniikkaa (jota kutsutaan myds optiseksi heterodyne- tai
homodynetekniikaksi);

d.  Kiyttavit analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittdd 2,5 GHz;

Huom:  5B001.b.2.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kaupallisten
TV-jirjestelmien "kehittdmist"” varten erityisesti suunniteltuja
laitteita.

3. Laitteet, jotka kdyttivét "optista kytkent4s";
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5C1

SD1

5D001
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4.  Radiolaitteet, jotka kayttavit kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM),
jonka taso ylittds 128; tai

5. Laitteet, jotka kéyttévit "yhteiskanavamerkinantoa" joko ei-liitinnaisell4 tai
ndenniisliitinniiselld toimintamuodolla.

Materiaalit

Ei ole.

Ohjelmistot

a. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5A001 tai 5B001 kohdassa
madériteltyjen laitteiden, toimintojen tai ominaisuuksien "kehittimista", "valmistusta" tai
"kéyttod" varten;

b.  "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu SE001 kohdassa mééritellyn

"teknologian" tukemiseen;

c. Seuraavat erityiset "ohjelmistot";
1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu toteuttamaan
5A001 tai 5SB001 kohdassa mériteltyjen laitteiden ominaisuuksia, toimintoja tai
piirteits, '

2. "Ohjelmistot", jotka mahdollistavat 5D001 kohdassa méiriteltyjen
tietoliikenne"ohjelmistojen" "lihdekoodin" selvittimisen;

3. "Ohjelmistot", muussa kuin konekielisessd muodossa, joka on erityisesti
suunniteltu "dynaamisesti adaptiivista reititysti" varten.

d. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu seuraavien tietoliikenteen

siirtolaitteiden tai "ohjelmallisesti ohjattujen" keskuslaitteiden "kehittamisti" varten:

1. Laitteet, jotka kayttivit digitaalitekniikkaa, mukaan lukien "asynkroninen
siirtomuoto” ("ATM"), ja jotka on suunniteltu toimimaan yli 1,5 Gbit/s "digitaalisella
kokonaissiirtonopeudella";

2. Laitteet, jotka kayttivit "laseria" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Siirrossa kéytetty aallonpituus ylittis 1 750 nm; tai
b.  Kayttavit analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittis 2,5 GHz;
Huom: 5D001.d.2.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi"ohjelmistoja”, jotka on
erityisesti suunniteltu tai mumnettu kaupallisten TV-jdrjestelmien
"kehittimistd" varten.
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5D001

5D101

SE1

5E001

d.  jatkuu
3. Laitteet, jotka kdyttévit "optista kytkentss"; tai

4.  Radiolaitteet, jotka kéyttivit kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM),
jonka taso ylittad 128.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu SA101 kohdassa mériteltyjen
laitteiden "kiytt64" varten.

Teknologia

a.  "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, joka on tarkoitettu 5A001,
5B001 tai 5D001 kohdassa méériteltyjen laitteiden, toimintojen tai piirteiden tai
"ohjelmistojen" "kehittdmistd", "tuotantoa" tai "kdytt6d" varten (toimintaa lukuun
ottamatta); :

b.  Seuraavat erityiset "teknologiat":

1.  Satelliiteissa kiytettéiviiksi erityisesti suunniteltujen tietoliikennelaitteiden
"kehitystd" tai "tuotantoa" varten "tarvittava" "teknologia";

2. "Kehittdmistd" tai "kdyttod" varten tarvittava "teknologia” sellaisia
"laser"tietoliikennetekniikoita varten, joilla kyetidn automaattisesti seuraamaan
signaaleja ja ylldpitimé4n yhteyttd ilmakehin ulkopuolella tai vedenpinnan alla;

3. "Teknologia" digitaalisten solukkoradiojérjestelmien kehittimisti varten;

4.  "Teknologia" "hajaspektri" tekniikoiden, "taajuushyppely” tekniikat mukaan
lukien, "kehittdmistd" varten.

c. "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, joka on tarkoitettu seuraavien
tietoliikenteen tai "ohjelmallisesti ohjattujen keskuslaitteiden" siirtolaitteiden, -jérjestelmien
tai -materiaalien "kehittimiseen" tai "tuotantoon":

1. Laitteet, jotka kiiyttivit digitaalitekniikkaa, mukaan lukien "asynkroninen
siirtomuoto" ("ATM"), ja jotka on suunniteltu toimimaan yli 1,5 Gbit/s "digitaalisella
kokonaissiirtonopeudella”;

2. Laitteet, jotka kéyttavit "laseria” ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. Siirrossa kéytetty aallonpituus ylitti#is 1 750 nm;
b. Suorittavat "optista vahvistusta” kiyttimilld praseodyymikylléstettyjd
fluoridikuituvahvistimia (PDFFA);
c.  Kayttivit koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista
ilmaisutekniikkaa (jota kutsutaan my3s optiseksi heterodyne- tai
homodynetekniikaksi);
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d.  Kayttavit aallonpituusjakoon perustuvaa kanavointitekniikkaa, jossa on
enemmén kuin 8 optista kantoaaltoa yksittéisessd optisessa ikkunassa; tai

e.  Kiyttivit analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittéd 2,5 GHz,
Huom: SE001.c.2.e kohta ei aseta kaupallisten
TV-jéirjestelmien "kehittdmiseen” tai "tuotantoon" tarkoitettua
"teknologiaa".

3. Laitteet, jotka kdyttavat "optista kytkentdd"

4.  Radiolaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Kayttavit kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso
ylittds 128; tai -
b. Joiden tulo- tai I&htStaajuus ylittds 31 GHz; tai
Huom: 5SE001.c.4.b ei aseta valvonnanalaiseksi ITU:n (International
Telecommunications Union) allokoimalla kaistalla toimiviksi
suunniteltujen tai muunnettyjen laitteiden "kehittdmiseen" tai
“tuotantoon" tarkoitettua "teknologiaa".

5. Laitteet, jotka kyttavit "yhteiskanavamerkinantoa" joko ei-liitinnaisell tai

ndenndisliitinndiselld toimintamuodolla.

SE101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 5A101 kohdassa médriteltyjen
laitteiden "kehittdmistd", "tuotantoa” ja "kayttod" varten.
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2 Osa - "TIEDONSUOJAUS"

SA2

5A002

Huom. 1:  "Tiedonsuojaus" -laitteiden, -"ohjelmistojen”, jarjestelmien, sovelluskohtaisten
"elektronisten kokoonpanojen”, moduulien, integroitujen piirien, komponenttien tai
toimintojen valvonnanalaisuus mddritellddn 5 ryhmdn 2 osassa, my0s siind
tapauksessa, ettd ne ovat muiden laitteiden komponentteja tai niiden "elektronisia
kokoonpanoja”.

Huom. 2: 5 ryhmd - 2 osa ei aseta valvonnan alaiseksi tuotteita, jotka ovat kiyttdjén hallussa
héinen henkilokohtaista kéyttoddn varten.

Huom. 3:  Salausta koskeva huomautus

54002 ja 5D002 kohdat eivdit aseta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka tiyttava kaikki
seuraavat edellytykset:

a Ovat yleisesti yleison ostettavissa rajoituksitta véhittdismyyntipisteissd
varastosta jollain seuraavista tavoista:
1. Kasikauppa;
2. Postimyynti;
3. Elektronisesti tapahtuva myynti; tai
4. Puhelinmyynti;

b. Kayntdja ei voi helposti muuntaa salauksen toiminnallisuutta;

c Tuotteet on suunniteltu kdyttdjcin kdyttoonotettaviksi ilman merkittavdd
toimittajan tukea;

d. Tuotteet eiviit sisdlld "symmetristd algoritmia”, jonka kédyttdmdn avaimen
pituus ylittdd 64 bittid; ja

e Tuotteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat tarvittaessa saatavilla ja
PYYnndstd esitetddin toimivaltaisille viranomaisille siind jasenvaltiossa, johon
viejd on sijoittautunut, jotta voidaan varmistaa edelld a - d kohdassa
kuvattujen ehtojen téyttyminen.

Tekn. huom:
5 ryhmd - 2 osa, pariteettibittejd ei lasketa avaimen pituuteen.

Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

a. Seuraavat jarjestelmat, laitteet, sovelluskohtaiset "elektroniset kokoonpanot", moduulit tai
integroidut piirit "tiedon suojausta” varten ja muut niit varten erityisesti suunnitellut
komponentit:

Huom: Satelliittinavigointijéirjestelmien vastaanottolaitteet, jotka sisdltavit tai
kayttavat salauksen purkua (so. GPS tai GLONASS): katso 74005 kohta.
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1. Jotka on suunniteltu tai muunnettu kiyttdmain digitaalitekniikkaan perustuvaa
"salausta” suorittamaan mitd tahansa muuta salaustoimintaa kuin autentikointia tai
digitaalista allekirjoitusta ja jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Tekn. huom:

1. Autentikointi ja digitaalinen allekirjoitus sisdltavdt niihin liittyvdt
avaimenhallintatoiminnot.

2. Autentikointiin sisdltyy kaikki sellainen valvonta, jossa ei salata tiedostoja tai
tekstid lukuun ottamatta sita, mika liittyy suoraan salasanojen,
henkilokohtaisten tunnusnumeroiden tai vastaavan tiedon suojaamiseen
Iuvattoman pddisyn estamiseksi. ‘

3 "Salaus" ei sisdlld "kiinteitd” tiedon pakkaus- tai koodaustekniikoita.

Huom: 54002.a.1 kohtaan sisdltyvit laitteet, jotka on suunniteltu tai muumnettu
kayttamadn "salausta”, jossa digitaalitekniikan soveltamisessa kiytetdin
analogisia periaatteita.

a. "Symmetrinen algoritmi", joka kéyttid yli 56 bitin avaimenpituutta tai

b.  "Epidsymmetrinen algoritmi", jossa algoritmin turvallisuus perustuu johonkin

seuraavista:

1. Yl 512 bitin kokonaislukujen tekijsihin jako (esimerkiksi RSA)

2. Diskreettien logaritmien laskenta #4rellisen kannan suuremmassa kuin
512 bitin yksikkdryhmassi (esim. Diffie-Hellman Z/pZ:ssd); tai

3. Diskreetit logaritmit muissa kuin 5A002.a.1.b.2 kohdassa mainitussa
suuremmassa kuin 112 bitin ryhmissd (esimerkiksi Diffie-Hellman
elliptiselld kayralla),

2. Jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan salauksen analysointitoimintoja;
3. Eikéytossi,

4.  Jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vihentiméén informaatiota kuljettavien
signaalien paljastavia vuotoja enemmaén kuin on tarpeen terveyden, turvallisuuden tai
elektromagneettisia hiiriditd koskevien standardien vuoksi;

5. Jotka on suunniteltu tai muunnettu kiyttiméaéin salaustekniikkaa
"hajaspektri"jarjestelmien hajautuskoodin, mukaan lukien "taajuushyppely”
Jjarjestelmdn hyppelykoodi, tuottamiseksi;

6.  Jotka on suunniteltu tai muunnettu takaamaan sertifioitu tai sertifioitavissa oleva
"monitasoinen suojaus" tai kiyttdjin oikeuksien rajoitus tasolla, joka ylittds
TCSEC:n (Trusted Computer System Evaluation Criteria) B2 luokan tai vastaavat
vaatimukset;

7. Tiedonsiirtokaapelijérjestelmét, jotka on suunniteltu tai muunnettu salakuuntelun
ilmaisemiseen mekaanista, sdhkoistd tai elektronista tapaa kéyttéen.
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Huom:

54002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a.

"Henkilokohtaisia dlykortteja”, joiden salaus on rajoitettu koskemaan
niiden kdyttod laitteissa ja jérjestelmissd, jotka tidmdn huomautuksen
b-f kohdan mukaan ovat valvonnan wlkopuolella. Jos "henkilokohtainen
dlykortti” soveltuu useisiin toimintoihin, kunkin toiminnon valvonta
arvioidaan erikseen.

Kuluttgjille tarkoitettuja yleisradioldhetysten, maksutelevision tai
vastaavien rajoitetun yleisén lihetysten vastaanottolaitteita, joissa ei ole
digitaalista salausta, lukuun ottamatta niitd, joita kéytetiin laskutusta
koskevia tai ohjelmakohtaisia tietoja takaisin yleisradioldhetysten
lhettdjille;

Laitteet, joiden salauskykyyn kéiyttéja ei voi vaikuttaa ja jotka on
erityisesti suunniteltu ja rajoitettu mahdollistamaan jotain seuraavista:
L Kopioinnilta suojatun ohjelmiston kéiyticiminen;
2. Pddsy johonkin seuraavista:
a Kopioinnilta suojattuihin, vain luettavissa oleviin
vélineisiin tai
b. Salatussa muodossa véilineille tallennettuun informaatioon
(esimerkiksi tekijiinoikeuksien suojaamisen yhteydessd),
kun viline tarjotaan myytivéiksi yleisélle tdysin samassa
muodossa tai
3. Kopioinnilta suojattujen audio/video-tietojen kerran tapahtuva
kopiointi.

Salauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ja rajoitettu pankki- tai
'rahaliikenteen’ laitteisiin;

Tekn. huom:

‘Rahaliikenne’ 54002 kohdan huomautuksessa d siscltiid maksujen tai
luottojen kerdidmisen ja suoritukset.

Siviilikdyttoon tarkoitettuja (esim. kaupallisissa
solukkoradiopuhelinjdrjestelmissd kéytettavid) salaustoimintoja
sisaltavia kannettavia tai siirrettdvid radiopuhelimia, jotka eivdt pysty
pddstd-pddhdn-salaukseen;

Langattomat puhelimet, jotka eivit pysty pédsti-pédhén-salaukseen ja
Jjoiden suurin tehollinen vahvistamaton langaton toimintaetdisyys (eli
Yksittdinen linkiton hyppy pdditteen ja tukiaseman vdlilld) on valmistajan
antamien tietojen mukaan alle 400 metrid.

5B2 Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

5B002 a.  Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu:

1.

2.

5A002, 5B002, 5SD002 tai SE002 kohdassa mé#riteltyjen laitteiden tai toimintojen
"kehittdmistd" varten, mukaan lukien mittaus- tai testauslaitteet;

5A002, 5B002, SD002 tai 5SE002 kohdassa méériteltyjen laitteiden tai toimintojen
"tuotantoa" varten, mukaan lukien mittaus-, testaus-, huolto- tai tuotantolaitteet;
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b.  Mittalaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 5A002 tai 5SD002 kohdassa méériteltyjen
"tiedon suojaus"toimintojen arviointia ja kelpuuttamista varten.

Materiaalit

Eiole.

Ohjelmistot

a.  5A002, 5B002 tai 5SD002 kohdassa miériteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen”
"kehittdmistd", "tuotantoa” tai "k&ytt64" varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut
"ohjelmistot";

b.  5E002 kohdassa méiriteltyd "teknologiaa” tukemaan erityisesti suunnitellut tai muunnetut
"ohjelmistot";

c. Seuraavat erityiset "ohjelmistot":
1. "Ohjelmistot", joilla on SA002 tai 5B002 kohdassa médriteltyjen laitteiden
ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja;
2. "Ohjelmistot" 5D002.c.1 kohdassa méiriteltyjen "ohjelmistojen” sertifiointia

varten.
Huom: 5D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a. "Ohjelmistoja”, joita tarvitaan 54002 kohdan huomautuksen
mukaan valvonnan ulkopuolelle jdtettyjen laitteiden "kiytossa";
b. "Ohjelmistoja”, jotka mahdollistavat 54002 huomautuksen
mukaan valvonnan ulkopuolella olevien laitteiden toimintoja.
Teknologia

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 5A002, 5B002 tai 5D002 kohdassa
médriteltyjen laitteiden tai "ohjelmien" "kehittimistd", "tuotantoa" tai "kaytt6a" varten.
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RYHMA 6 - ANTURIT JA LASERIT

6A Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

6A001 Akustiikka

a. Seuraavat meriakustiset jérjestelmit, laitteet tai erityisesti niitd varten suunnitellut

komponentit:

1. Seuraavat aktiiviset (Iihettdvit tai l3hettivit ja vastaanottavat) jarjestelmit, laitteet
ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom:

64001.a.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a. Vertikaalisesti laitteesta alaspdin toimivia syvyysluotaimia,
Jotka eivdt sisdlld + 20 astetta ylittivdd keilaustoimintoa ja ovat

" rajoitetut mittaamaan veden syvyyltd tai etdisyyttd uponneisiin

tai hautautuneisiin kohteisiin tai paikallistamaan kalaparvia;

b.  Sewraavia akustisia majakoita:
1. Akustiset hitimajakat;
2. Adnimajakat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaisen

aseman paikantamista tai siihen palaamista varten.

a. Leveipeittoiset batymetriset kartoitusjdrjestelmit merenpohjan topografian
kartoitusta varten, joilla on kaikki seuraavat:

1. Suunniteltu mittaamaan vertikaalisesta suunnasta
20 astetta ylittivissd kulmassa;

2. Suunniteltu mittaamaan syvyyksié yli 600 metrid vedenpinnan alla; ja

3. Suunniteltu mahdollistamaan jonkin seuraavista:

a. Useiden siteiden yhdistimisen, joista jokin on alle 1,9 astetta; tai
b. Parempia kuin 0,3 %:n veden syvyystiedon tarkkuuksia
peittoalueella peiton yksittdisten mittausten keskiarvona laskettuna;
b.  Kohteen havaitsemis- tai paikantamisjirjestelmat, joilla on jokin seuraavista:

1. Léhetystaajuus alle 10 kHz;

2. Asnenpaineen taso yli 224 dB (vertailuarvo 1 pPa
1 m:ss#) laitteilla, joiden toimintataajuus on 10 kHz:n ja 24 kHz:n
viliselld taajuusalueella;

3. Adnenpaineen taso ylittsii 235 dB (vertailuarvo 1 pPa 1 m:ssd)
laitteilla, joiden toimintataajuus on 24 kHz:n ja 30 kHz:n viliselld
taajuusalueella;

4. Muodostavat minkd tahansa akselin suunnassa alle 1:n asteen séteitd ja
toimintataajuus on vihemman kuin 100 kHz;

5. Suunniteltu toimimaan 5 120 m ylittavélld selvéin ndyton etdisyydelld;
tai

6.  Suunniteltu kestim&in normaalissa kiytossé painetta yli 1 000 metrin

syvyyksissi ja sisiltdvit muuntimia, joilla on jokin seuraavista:

a.  Dynaaminen kompensointi painetta vastaan; tai

b.  Sisiltdvit muunninelementissi jotain muuta kuin
lyijyzirkonaattititanaattia;
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c.

Akustiset projektorit, mukaan lukien muuntimet, jotka sisdltavit yksittiin tai
suunnitellussa kombinaatiossa toimivia pietso-sahkoisid,
magnetostriktiivisid, sahkostriktiivisid, séhkodynaamisia tai hydraulisia
elementtejd, ja joilla on jokin seuraavista:

Huom. 1:  Erityisesti muita laitteita varten suunniteltyjen akustisten
projekiorien, muuntimet mukaan lukien, valvonnanalaisuus
mddrdytyy néiden muiden laitteiden valvonnanalaisuuden
mukaan.

Huom. 2. 64001.a.1.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi elektronisia
danildhteitd, jotka suuntaavat ddntd vain pystysuunnassa, tai
mekaanisia (esim. ilmatykki tai hoyryshokkitykki) tai kemiallisia
(esim. rdjihde) ddanildhteitd.

1.  Hetkellisesti siteilevin 'akustisen tehon tiheys' ylittad

0,01 mW/mm?/Hz laitteilla, jotka toimivat alle
10 kHz:n taajuuksilla;
2. Jatkuvasti sdteileviin ‘akustisen tehon tiheys' ylittdd
0,001 mW/mm?/Hz laitteilla, jotka toimivat alle
10 kHz:n taajuuksilla; tai

Tekn. huom:

"Akustisen tehon tiheys’ saadaan jakamalla akustinen ldhtéteho sdteilevin

pinnan pinta-alan ja toimintataajuuden tulolla.

3. Sivukeilavaimennus ylittii 22 dB;

Akustiset jirjestelmit, laitteet ja erityisesti suunnitellut komponentit
pinta-alusten tai vedenalaisten alusten sijainnin méérittdmistd varten, jotka
on suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n etdisyydelld paikannustarkkuudella,
joka on parempi kuin 10 m rms (tehollisarvo) 1 000 m:n etdisyydelld
mitattuna;

Huom: 6A4001.a.1.d kohta sisdltdd:

a.  Laitteet, jotka kiytiévit koherenttia "signaalinkdsittelyd”
kahden tai useamman majakan ja pinta-aluksen tai
vedenalaisen aluksen kuljettaman hydrofoniyksikon
vdlilla;

b.  Laitteet, jotka kykenevdit automaattisesti korjaamaan
ddnen nopeuden etenemisvirheet jonkin pisteen
laskemista varten.

2. Seuraavat passiiviset (vastaanottavat, siiti riippumatta, liittyvitkd ne normaalissa
kéytossd erillisiin aktiivisiin laitteisiin) jarjestelmat, laitteet tai erityisesti niitd
varten suunnitellut komponentit:

a.

Hydrofonit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom: Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen hydrofonien
valvonnanalaisuus mdcrdytyy kyseisten muiden laitteiden
valvonnanalaisuuden mukaan.

1. Siséltdvat yhtendisid taipuisia antureita tai kokoonpanoja erillisistd
anturielementeistd, joiden ldpimitta tai pituus on vihemmén kuin
20 mm ja etiisyys toisistaan vihemmaén kuin 20 mm;
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2.  Sisiltivit jonkin seuraavista anturielementeisti:
a.  Optisia kuituja;
b.  Pietsosdhkdisid polymeereja; tai
c.  Taipuisia pietsosihkoisid keraamisia materiaaleja;

3. 'Hydrofonin herkkyys' ilman kiihtyvyyskompensointia on parempi
kuin -180 dB miss4 tahansa syvyydessd;

4. YIi 35 metrin syvyyksissi toimimaan suunnitellussa hydrofonissa,
joissa on kiihtyvyyskompensointi; tai

5. Suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissé;

Tekn. huom:

"Hydrofonin herkkyys’ mddritellddn ulostulojdnnitteen rms-arvon ja 1 V:n
rms vertailuarvon suhteen kaksikymmenkertaisena kymmenlogaritmina, kun
hydrofonianturi, ilman etuvahvistinta, asetetaan akustiseen
tasoaaltokentidan, jonka rms paine on 1uPa. Esimerkiksi -160 dB:n
hydrofoni (vertailuarvo 1 V mikropascalia kohti) antaisi sellaisessa kentdissd
108 Ven ulostulojénmitteen, kun taas toinen -180 dB:n herkkyydelli antaisi
vain 10° V:n ulostulojénnitteen. Siten -160 dB on parempi kuin -180 dB.

Hinattavat akustiset hydrofonijirjestelmit, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. Hydrofoniryhmien vilinen etéisyys on vihemmén kuin 12,5 m;
2. Suunniteltu tai 'voidaan muuntaa' toimimaan yli 35 metrin
syvyyksissi;
Tekn._huom:

64001.a.2.b.2 kohdassa termi 'voidaan muuntaa' tarkoittaa
varautumista mahdollisuuteen muuttaa kaapelointia tai kytkentdja
hydrofoniryhmien vdlisen etdisyyden tai niiden toimintasyvyyden
rajojen muuttamiseksi. Nditd varautumisia ovat: varakaapelointi, joka
yiittéa 10 % kaapelien lukumddrdstd, hydrofoniryhmien vilisen
etdisyyden sovituslohkot tai sisdiset syvyyden rajoituslaitteet, jotka
ovat sdddettivid tai jotka ohjaavat useampaa kuin yhtd
hydrofoniryhmdid.

6A001.a.2.d kohdan mukaan valvonnanalaiset suunta-anturit;
Pitkittdissuunnassa lujitetut jarjestelmésukat;

Kokoonpantu jirjestelmd on ldpimitaltaan vihemmén kuin 40 mm;
Multipleksoidut hydrofoniryhmien signaalit, jotka on suunniteltu
toimimaan yli 35:n syvyyksissd tai aseteltava tai irrotettava
syvyysanturilaite yli 35 m:n syvyyksissi tapahtuvaa toimintaa varten;
tai

7.  Hydrofoniominaisuudet ovat 6A001.a.2.a kohdassa médriteltyjd;

AW bW

Hinattavia akustisia hydrofonijarjestelmid varten erityisesti suunnitellut
(signaalien) kisittelylaitteet, jotka ovat "kdyttdjdn ohjelmoitavissa" ja joissa
on aika- tai taajuusalueen kisittely ja korrelaatio, mukaan lukien
spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja séteen muotoilu kéyttien nopeaa
Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai kisittelyjé;
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d.  Suunta-anturit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Tarkkuus on parempi kuin +0,5 astetta; ja
2. Suunniteltu toimimaan yli 35 m:n syvyyksissi tai joilla on sdéddettivi
tai irrotettava syvyysanturilaite yli 35m:n syvyyksissi tapahtuvaa
toimintaa varten;

e.  Pohja- tai poukamakaapelijirjestelmit, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
I.  Sesis#ltdd 6A001.2.2.a kohdassa médriteltyja hydrofoneja; tai
2. Multipleksoituja hydrofoniryhmien signaalimoduleja, joilla on kaikki
seuraavista ominaisuuksista:

a.  Suunniteltu toimimaan yli 35:n syvyyksissi tai aseteltava tai
irrotettava syvyysanturilaite yli 35 m:n syvyyksissé tapahtuvaa
toimintaa varten;_ja

b.  Voidaan vaihtaa hinattavien akustisten
hydrofonijirjestelmdamoduulien kanssa toiminnallisesti.

f. Pohja- tai poukamakaapelijérjestelmis varten erityisesti suunnitellut
(signaalien) kisittelylaitteet, jotka ovat "kéyttdjdn ohjelmoitavissa" ja joissa
on aika- tai taajuusalueen kisittely ja korrelaatio, mukaan lukien
spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja siteen muotoilu kiyttden nopeaa
Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai késittelyjé;

b.  Nopeuskorrelaatiota suorittavat diniluotainlokit, jotka on suunniteltu mittaamaan niitd

kuljettavan aluksen horisontaalista nopeutta merenpohjan suhteen 500 m ylittavilla
aluksen ja merenpohjan vilisilld etdisyyksilla.

6A002 Optiset anturit
Huom:  KATSO MYOS 6A102 KOHTA.
a. Seuraavat optiset ilmaisimet:

Huom: 6A4002.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi germanium- tai piipohjaisia
valoherkkid komponentteja.

1. Seuraavat "avaruuskelpoiset" solid-state-ilmaisimet:
a.  "Avaruuskelpoiset" solid-state ilmaisimet, joilla on kaikki seuraavat:
1. Vastehuippu aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm, mutta ei yli
300 nm; ja
2. Vaste yli 400 nm:n aallonpituuksilla véhemman kuin 0,1 %
vastehuipusta;
b.  "Avaruuskelpoiset" solid-state ilmaisimet, joilla on kaikki seuraavat:
1. Vastehuippu aallonpituusalueella, joka on yli 900 nm, mutta ei yli
1200 nm; ja
2. Vasteen "aikavakio" 95 ns tai vihemmin;
c. "Avaruuskelpoiset” solid-state ilmaisimet, joiden vastehuippu on

aallonpituusalueella, joka on yli 1 200 nm, mutta ei yli
30 000 nm;
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2. Seuraavat kuvanvahvistinputket ja niit4 varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.  Kuvanvahvistinputket, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli
400 nm, mutta ei yli 1 050 nm;
2. Elektronista kuvanvahvistusta varten mikrokanavalevy, jonka
reikétiheys (keskipisteiden vilinen etdisyys) on 15 pm tai vdhemmin;

ja
3. Seuraavat valokatodit:
a.  S-20-, S-25- tai monialkaalivalokatodit, joiden valoherkkyys

ylittdd 240 pA/im;
b.  GaAs- tai GalnAs-valokatodit; tai
c.  Muut III-V yhdistepuolijohteisiin perustuvat valokatodit;
Huom: 64002.a.2.a.3.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi
yhdistepuolijohteisiin perustuvia valokatodeja,
Jjoiden maksimi sdteilynherkkyys on 10 mA/W tai
vdhemman.

b.  Seuraavat erityisesti suunnitellut komponentit:
1. Mikrokanavalevyt, joiden reikitiheys (keskipisteiden vilinen etdisyys)
on 15 pm tai vahemmin;
2. GaAs- tai GalnAs-valokatodit;
3 Muut III-V yhdistepuolijohteisiin perustuvat valokatodit;
Huom: 6A4002.a.2.b.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi
yhdistepuolijohteisiin perustuvia valokatodeja, joiden
maksimi séiteilynherkkyys on 10 mA/W tai vihemmcin.

3. Seuraavat ei-"avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet":

Tekn. huom:
Lineaarisia tai kaksiulotteisia monielementtisia ilmaisinrakenteita pidetdcdn
"fokusoivina tasorakenteina”.

Huom. 1:  6A4002.a.3 kohta sisdltid valojohtavat ja valosihkoiset rakenteet.

Huom. 2:  64002.a.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a.  Piipohjaisia "fokusoivia tasorakenteita";
b.  Monielementtisid (korkeintaan 16 elementtid sisdltdvid)
koteloituja valojohtavia pareja, joissa kdytetddn joko
lyijysulfidia tai lyijyselenidid;

c. Pyrosdihkdisid ilmaisimia, jotka perustuvat joihinkin
seuraavista:
L Triglysiinisulfaatti ja sen muunnokset;
2. Lyijylantaanizirkoniumtitanaatti ja sen muunnokset;
3. Litiumtantalaatti;
4. Polyvinyylideenifluoridi ja sen muunnokset; tai
5. Strontiumbariumniobaatti ja sen muunnokset;
a. Ei-"avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet", joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
1. Yksittdisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on

yli 900 nm mutta ei yli 1 050 nm; ja
2. Vasteen "aikavakio" on vihemmin kuin 0,5 ns;
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b.  Ei-"avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet”, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
1. Yksittdisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on

yli 1 050 nm mutta ei yli 1 200 nm; ja
2. Vasteen "aikavakio" on 95 ns tai vihemman;

c.  Yksittdisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli
1 200 nm, mutta ei yli 30 000 nm;

Etdishavainnointisovelluksiin suunnitellut "yksispektriset kuvausanturit” ja
"monispektriset kuvausanturit”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Hetkellinen nikdkenttd (IFOV) on vihemmin kuin 200 prad (mikroradiaania); tai
2. Ne on médritelty toimimaan aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm, mutta ei yli
30 000 nm, ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a.  Ne antavat kuvatiedon ulostulossaan digitaalisessa muodossa; ja
b.  Ne ovat jotain seuraavista:
1. "Avaruuskelpoisia"; tai
2. Ne on suunniteltu ilmassa tapahtuvaan toimintaan suunniteltuja ja
kéyttivit muita kuin pii-ilmaisimia, joiden IFOV on vdhemmén kuin
2,5 mrad (milliradiaania);

'Suorakatselu'kuvauslaitteet, jotka toimivat spektrin ndkyvilld tai infrapuna-alueella ja
Jjotka sisdltdvit jonkin seuraavista:
1. 6A002.a.2.a kohdassa médriteltyji kuvanvahvistinputkia; tai
2. 6A002.a.3 kohdassa méaériteltyjd "fokusoivia tasorakenteita";
Tekn. huom:
Termi ‘suorakatselu’ viittaa kuvauslaitteisiin, jotka toimivat spektrin ndkyvalld tai
infrapuna-alueella ja jotka ndyttivdt visuaalisen kuvan tarkkailijalle muuttamatta kuvaa
sdhkoiseksi signaaliksi televisiondyttod varten, ja jotka eivdt voi tallettaa kuvaa
valokuvana, elektronisesti tai milliin muullakaan tavalla.,
Huom: 6A4002.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia laitteita, jotka
sisdltavat muita kuin GaAs- tai GalnAs-valokatodeja:
a. Teollisuus- tai siviilikdyttoon tarkoitetut murtohdlyttimet, liikenteessd
tai teollisuudessa kdytettivit liikkeen ohjaus- tai laskentajdrjestelmdt;
b. Ldcketieteelliset laitteet;
c. Teollisuuden laitteet, joita kiiytetdidn materiaalien ominaisuuksien
tarkastukseen, lajitteluun tai analysointiin,
d Teollisten uunien liekinilmaisimet;
e Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokdyttoon.

Seuraavat optisten anturien toimintaa tukevat erikoiskomponentit:
1. "Avaruuskelpoiset" kryojishdyttimet;
2. Seuraavat ei-"avaruuskelpoiset" kryojashdyttimet, joiden kylméldhteen limpétila
on alle 218 K (-55°C):
a. Suljetulla kierrolla varustetut, joiden mé#éritelty keskimaérdinen
vioittumisaika (MTTF) tai keskimégrainen vikavili (MTBF) ylitta
2 500 tuntia;
b.  Itsesditivit Joule-Thomson (JT) -minijéshdyttimet, joiden ulkoldpimitta on
vihemman kuin 8 mm;
3. Optiset anturointikuidut, jotka on erityisesti valmistettu, joko koostumuksellisesti
tai rakenteellisesti tai pinnoittamalla, akustisesti, termisesti, inertiaalisesti,
séhkomagneettisesti tai ydinséteilylle herkiksi;
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e. "Avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet", joissa on enemmaén kuin
2 048 elementtid ryhméi kohti ja joiden huippuvaste on aallonpituusalueella, joka on yli
300 nm, mutta ei yli 900 nm.

Kamerat
Huom:
Huom:

Huom:

KATSO MYOS 6A203 KOHTA.
Kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen
kiiyttoon: katso 8A002.d ja 8A002.e kohta.

64003.a.3 — 64003.a.5 kohdassa mdidritellyt moduulirakenteiset
instrumentointikamerat on arvioitava niiden suurimman suorituskyvyn mukaan
kayttien saatavilla olevia “elektronisia kokoonpanoja” kameran valmistajan
eritelmien mukaisesti.

a. Seuraavat instrumentointikamerat:

1.

Suurinopeuksiset elokuvakamerat, jotka kiyttdvit mitd tahansa filmikokoa valilla

8 mm - 16 mm, mukaan lukien ne kamerat, joissa filmii siirretdén jatkuvasti

kuvausajanjakson aikana, ja jotka kykenevét ottamaan yli 13 150 kuvaa

sekunnissa;

Huom: 6A4003.a.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi siviilikdyttéon
tarkoitettuja elokuvakameroita.

Mekaaniset suurinopeuksiset kamerat, joissa filmi ei liiku ja jotka kykenevit
ottamaan yli 1 000 000 kuvaa sekunnissa tdydelld

35 mm:n filmin kuvan korkeudella tai suhteessa suuremmilla nopeuksilla, kun
kuvan korkeus on pienempi tai suhteessa pienemmilld nopeuksilla, kun kuvan
korkeus on suurempi;

Mekaaniset tai elektroniset juovakamerat, joiden piirtonopeus ylittdd 10 mm/us;

Elektroniset yksittdiskuvakamerat, joiden nopeus ylittid
1 000 000 kuvaa sekunnissa;

Elektroniset kamerat, joilla on kaikki seuraavat:

a, Elektronisen sulkimen nopeus (avainnuskyky) on vihemmin kuin 1 ps tiyttd
kuvaa kohti; ja

b.  Luettavuusaika sallii yli 125 tdyden kuvan nopeuden sekunnissa;

b. Seuraavat kuvauskamerat:

Huom: 6A4003.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi televisio- tai videokameroita,

1.

Jotka on erityisesti suunniteltu televisioldhetyksid varten.

Solid-state-antureita sisaltivit videokamerat, joilla on jokin seuraavista:

a.  Enemmin kuin 4 x 10° "aktiivista pikselia" solid-state-matriisia kohti
yksividrikameroissa (mustavalkokameroissa);

b.  Enemmin kuin 4 x 10° "aktiivista pikselia" solid-state-matriisia kohti
virikameroissa, joissa on kolme solid-state-matriisia; tai

c.  Enemmin kuin 12 x 10° aktiivista pikselid solid-state-matriisia kohti
varikameroissa, joissa on yksi solid-state-matriisi;
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2.

6A004 Optiikka

Pyyhkiisevit kamerat ja pyyhkiisevit kamerajérjestelmit, joilla on kaikki

seuraavat:

a.  Lineaarisia ilmaisinryhmis, joissa on enemmiin kuin 8 192 elementtid
ryhmii kohti; ja

b.  Yhdessd suunnassa mekaaninen pyyhkiisy;

Kamerat, jotka siséltdvit 6A002.a.2.a kohdassa miiriteltyjd kuvanvahvistinputkia;

Kamerat, jotka sisaltdvit 6A002.a.3 kohdassa midriteltyja "fokusoivia

tasorakenteita";

Huom: 6A4003.5.4 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraaviin
kayttitarkoituksiin suunniteltuja kuvauskameroita, joissa on sellaisia
lineaarisia ‘fokusoivia tasorakenteita’, jotka siséltdvit
12 elementtid tai viihemmdin, ja joissa ei kéytetd aikaviivdstystd ja
integrointia elementeissd:

a Teollisuus- tai siviilikayttoon tarkoitetut murtohdlyttimet,
liikenteessd tai teollisuudessa kéytettavit litkkeen ohjaus- tai
laskentajdrjestelmdit;

b. Teollisuuden laitteet, joita kéytetdidn rakennusten, laitteiden tai
teollisuusprosessien ldmpovirtojen havaitsemiseen tai
seuraamiseen,

c. Teollisuuden laitteet, joita kdytetddn materiaalien
ominaisuuksien tarkastukseen, lajitteluun tai analysointiin;

d. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokdyttéon; tai

e. Lédketieteelliset laitteet.

a. Seuraavat optiset peilit (heijastimet):

1.

"Muotoaan muuttavat peilit", joissa on yhtendiset tai moni-elementtiset pinnat ja
joissa peilipinnan osia voidaan dynaamisesti asetella uudelleen yli 100 Hz:n
nopeudella, seké niit4 varten erityisesti suunnitellut osat;

Kevyet monoliittiset peilit, joiden keskimé4rdinen "ekvivalenttitiheys" on
vihemmin kuin 30 kg/m? ja joiden kokonaispaino ylittid 10 kg;

Kevyet "komposiitti"- tai vaahtopeilirakenteet, joiden keskimadriinen
"ekvivalenttitiheys" on vihemmin kuin 30 kg/m® ja joiden kokonaispaino ylittda
2kg;

Séteen ohjauspeilit, joiden se l4pimitta tai sen p4ghalkaisijan pituus, jolla latteus on
lambda/2 tai parempi (lambda on 623 nm), on yli 100 mm ja joiden
ohjauskaistanleveys ylittdd 100 Hz;

b.  Sinkkiselenidistd (ZnSe) tai sinkkisulfidista (ZnS) valmistetut optiset komponentit, joiden
lahete on aallonpituusalueella, joka on yli 3 000 nm mutta alle 25 000 nm ja joilla on
jokin seuraavista:

1.
2.

Tilavuus ylittas 100 cm®; tai
Lépimitta tai padakselin pituus ylittdd 80 mm ja paksuus (syvyys) 20 mm;
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C.

Seuraavat "avaruuskelpoiset” optisten jirjestelmien osat:

L.

Jotka on kevennetty alle 20 %:iin sellaisen massiivikappaleen ekvivalenttitiheyteen
verrattuna, jolla on sama aukko ja paksuus;

Raakasubstraatit tai (yksi- tai monikerroksisella, metallisella tai dielektriselld,
johtavalla, puolijohtavalla tai eristivilld) pinnoitteella pinnoitetut tai suojaavalla
kalvolla varustetut substraatit;

Peilien segmentit tai kokoonpanot, jotka on suunniteltu koottavaksi avaruudessa
optiseksi jirjestelméksi, jonka kokoava aukko on sama tai suurempi kuin

yksittdisen ldpimitaltaan 1 m:n optiikan;

Jotka on valmistettu "komposiitti"materiaaleista, joiden lineaarinen

lamp6laajenemiskerroin on 5 x 10°® tai pienempi minka tahansa koordinaatin

suunnassa,

Seuraavat optiikan ohjauslaitteet:

1.

Jotka on erityisesti suunniteltu 6A004.c.1 tai 6A004.c.3 kohdassa méériteltyjen
"avaruuskelpoisten" komponenttien pinnanmuodon tai asennon yllépitoon;

Joilla ohjauksen, seurannan, stabiloinnin tai resonaattorin kohdistuksen

kaistanleveydet ovat 100 Hz tai enemmin ja tarkkuus 10 prad (mikroradiaania) tai
vihemman,;

Kardaanit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a.  Maksimiké#ntyma ylittd3 S astetta;
b Kaistanleveys 100 Hz tai enemmén;
c. Kulmasuuntausvirhe 200 mikroradiaania tai vihemmdn; tai
d joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Léipimitta tai padakselin pituus yli 0,15 m, mutta ei yli 1 m ja
kykenevit yli 2 radiaanin/s’ kulmakiihtyvyyksiin; tai
2. Lépimitta tai pasakselin pituus on yli 1 m ja kykenevit yli
0,5 radiaanin/s? kulmakiihtyvyyteen;

Jotka on erityisesti suunniteltu ylldpitim#in sellaisten vaiheistettujen peiliryhmien
tai segmenttipeilijirjestelmien linjausta, jotka rakentuvat segmentin halkaisijaltaan
tai padakselin pituudeltaan 1 m:n tai suuremmista peileists;

'Ei- pallomaiset optiset elementit', joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

1. Optisen aukon suurin mitta on yli 400 mm;

2. Pinnan epitasaisuus on alle 1 nm (rms) 1 mm:n tai sitd suurempien
ndytteenottopituuksien osalta; ja

3. Lineaarisen ldmp&laajenemiskertoimen absoluuttinen suuruus on alle 3x10%/K
lampétilassa 25°C.

Tekn. huom.:

1 'Ei- pallomainen optinen elementti’ on optisessa jérjestelmdssa kdytettiva

elementti, jonka kuvapinta- tai pinnat on suunniteltu siten, ettd ne poikkeavat
tdydellisen pallomaisesta muodosta.



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 158

6A004 e. Tekniset huomautukset jatkuvat

2. Valmistajia ei velvoiteta mittaamaan 64004.e.2 kohdassa tarkoitettua pinnan
epdtasaisuutta, ellei optista elementtidi ole suunniteltu tai valmistettu tarkoituksena
taytdd tai ylittdd valvontaan liittyvd parametri.

Huom:

Huom:

64004.¢ kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ei- pallomaisia optisia
elementtejd, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

b.

Optisen aukon suurin mitta on alle 1 m ja polttovdilin suhde aukkoon
on 4,5:1 tai suurempi;

Optisen aukon suurin mitta on 1 m tai suurempi ja polttovilin suhde
aukkoon on 7:1 tai suurempi;

Ne on suunniteltu Fresnel-, flyeye-, juova-, prisma- tai
diffraktiotyyppisiksi optisiksi elementeiksi;

Ne on valmistettu borosilikaattilasista, jonka lineaarinen
lampélaajenemiskerroin on suurempi kuin 2,5 x10%/K limpétilassa
25°C; tai

Ne ovat réntgenoptisia elementtejd, joilla on sisdisid
peiliominaisuuksia (esim. putkityyppinen peili).

Litografialaitteita varten erityisesti suunniteltujen ei- pallomaisten optisten
elementtien osalta katso 3B001 kohta.
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Seuraavat muut kuin 0B001.g.5 tai 0B001.h.6 kohdassa mééritellyt "laserit", komponentit ja

optiset laitteet:

Huom:  KATSO MYOS 6A205 KOHTA.
Huom. 1:  Pulssi"lasereihin” kuuluvat ne, jotka toimivat pulssitettuina jatkuva-aaltomoodissa
(CW).
Huom. 2:  Pulssiviritettyihin "lasereihin” kuuluvat ne, jotka toimivat pulssitettuina jatkuvassa
viritetyssd moodissa.
Huom. 3:  Raman-"laserien" valvonnanalaisuus mddritetddn pumppu"laserien” parametrien
mukaan. Pumppu"laserit” voivat olla kaikkia alla kuvattuja "lasereita”.
a. Seuraavat kaasu"laserit":
1. Excimer-"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Liht6aallonpituus ei ylitd 150 nm ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
1. Lahtdenergia ylittdd 50 mJ pulssia kohti; tai
2. Keskimdérdinen tai CW-1ghtteho ylittds 1 W,
b.  Léaht6aallonpituus ylittdd 150 nm, mutta ei ylitd 190 nm ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:
1. Lahtdenergia ylittd4 1,5 J pulssia kohti; tai
2.  Keskimdirdinen tai CW-l4htoteho ylittdd 120 W;
c. Léht6aallonpituus ylittéds 190 nm, mutta ei ylitd 360 nm ja niill on jokin
seuraavista ominaisuuksista:
1. Léahtdenergia ylittdd 10 J pulssia kohti; tai
2. Keskimaérdinen tai CW-1ahtdteho ylittad 500 W; tai
d.  Léahtoaallonpituus ylittid 360 nm ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
1. LihtSenergia ylittdd 1,5 J pulssia kohti; tai
2. Keskimadriinen tai CW-1ghtdenergia ylittis 30 W;
Huom; Erityisesti litografialaitteita varten suunniteltujen excimer-
“lasereiden” osalta katso 3B001 kohta.
2. Seuraavat metallihdyry"laserit":

a. Kupari(Cu)"laserit", joiden keskiméaarainen tai CW-ldhtdteho ylittas 20 W;
b.  Kulta(Au)"laserit", joiden keskim#zriinen tai CW-ldhtoteho ylittéd 5 W,
c.  Natrium(Na)"laserit", joiden lahtoteho ylittdd 5 W;

d.  Barium(Ba)"laserit", joiden keskimairainen tai CW-1htsteho ylittia 2 W,
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3.

Hiilimonoksidi(CO)"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Lihtoenergia ylittdd 2 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho” ylittdd 5 kW, tai
b.  Keskimidrdinen tai CW-lghtéteho ylittdd 5 kW;

Hiilidioksidi(CO,)"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  CW-ldhtSteho ylittdsd 15 kW,

b.  Pulssiulostulon "pulssin kesto" ylittdd 10 ps ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
1.  Keskimé#drdinen lahttteho ylittdd 10 kW; tai
2. Pulssi"huipputeho” ylittdd 100 kW; tai

c.  Pulssiulostulon "pulssin kesto" on 10 ps tai vihemman ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:
1. Pulssin energia ylittdd 5 J pulssia kohti; tai
2. Keskim#driinen lahttteho ylittdd 2,5 kW;

Seuraavat "kemialliset laserit":
a. Vetyfluoridi(HF)"laserit";
b.  Deuteriumfluoridi(DF)"laserit";
c. Seuraavat "siirtolaserit":
1. Happijodi(O,-I)"laserit";
2. Deuteriumfluoridihiilidioksidi(DF-CO,)"laserit";

Kryptonioni- tai argonioni"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  LahtSenergia ylittd4 1,5 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho” ylittda

50 W; tai
b.  Keskiméiriinen tai CW-ldhttteho ylittdd 50 W;

Muut kaasu"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
Huom: 6A4005.a.7 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi typpi”lasereita”.

a.  LahtSaallonpituus ei ylitd 150 nm ja niilld on jokin seuraavista

ominaisuuksista:
1. Lahtdenergia ylittdd 50 mJ pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylitta
1 W; tai

2. Keskimédriinen tai CW-lghtGteho ylittad 1 W;
b.  Lihtbaallonpituus ylittdd 150 nm mutta ei 800 nm ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:
1. Léahtdenergia ylittdd 1,5 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho” ylittad
30 W; tai
2. Keskiméirdinen tai CW-ldhtoteho ylittad 30 W;
c.  Lahtdaallonpituus ylittdd 800 nm mutta ei 1 400 nm ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:
1. L#htdenergia ylittdd 0,25 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho” ylittid
10 W; tai
2. Keskiméa#riinen tai CW-ldhtéteho ylittdd 10 W tai
d.  Léhtdaallonpituus ylittds 1 400 nm ja keskimé&srdinen
CW-laht6teho ylittdd 1 W;
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b.

Seuraavat puolijohde-laserit”, joiden aallonpituus on vihemmén kuin
950 nm tai enemmin kuin 2 000 nm:

1. Erilliset yksitransversaalimoodissa toimivat puolijohde”laserit”, joiden
keskiméardinen tai CW-ldhtéteho ylittis 100 mW.

2. Erilliset, monitransversaalimoodissa toimivat puolijohde"laserit" tai erillisten
puolijohde"laserien"-ryhmiit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Léhtbenergia ylittdd 500 uJ pulssia kohti ja pulssi"huipputeho” ylittds 10 W;
tai
b.  Keskiméirdinen tai CW-lahtdteho ylittad 10 W;

Tekn. huom:

Puolijohdelasereita kutsutaan tavallisesti "laser"diodeiksi.

Huom. I:  6A4005.b kohta sisdltid puolijohdelaserit, joilla on optinen ulostulo
(esim. kuituoptiset hintdkaapelit).

Huom. 2:  Erityisesti muita laitteita varten suunniteltujen puolijohdelaserien
valvonnanalaisuus médrdytyy ndiden muiden laitteiden mukaan.

Seuraavat jadhme"laserit":
1. "Viritettavat" "laserit", joilla on jokin seuraavista:
Huom: 64005.c.1 kohta sisdltid titaani-safiiri- (Ti:Al,03), tulium-YAG-
(Tm:YAG), tulium-YSGG- (Tm:YSGG), aleksandriitti- (Cr:BeAl,0,) ja

varikeskus"laserit",

a.  LahtSaallonpituus on vahemmén kuin 600 nm ja niill4 on jokin seuraavista

ominaisuuksista:
1. Lahtdenergia ylitt4dd 50 mJ pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittiz
1 W; tai

2. Keskimadrdinen tai CW-ldhtoteho ylittdd 1 W;

b.  Lihtoaallonpituus on 600 nm tai enemmén mutta ei ylitd
1 400 nm ja niill4 on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Léahtdenergia ylittds 1 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittd
20 W; tai
2. Keskiméiiriinen tai CW-lihtoteho ylittdd 20 W; tai

¢.  Lihtbaallonpituus ylittd4 1 400 nm ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
1. LahtSenergia ylittdd 50 mJ pulssia kohden ja pulssi"huipputeho”
ylittdd 1 W; tai
2. Keskimdirdinen tai CW-1ghtoteho ylittad 1 W;
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2. Seuraavat ei-"viritettivit" "laserit":
Huom: 64005.c.2 kohta sisdltcii atomitransitio-jihme "laserit”.

a. Seuraavat neodyymilasi"laserit":
1. Q-kytkin"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. - LahtSenergia ylittdd 20 J mutta ei 50 J pulssia kohden ja
keskimidriinen lahtoteho ylittdd 10 W; tai
b.  Lahtoenergia ylittad 50 J pulssia kohden;

2. Ei-Q-kytkin"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Lahtoenergia ylittdd 50 J mutta ei ylitd 100 J pulssia kohden ja
keskiméardinen lihtoteho ylittad 20 W; tai
b.  L#htdenergia ylittd4 100 J pulssia kohden;

b.  Seuraavat neodyymiseostetut (muut kuin lasi-) "laserit", joiden
Idhtaallonpituus on yli 1 000 nm, mutta alle

1 100 nm:

Huom: Neodyymiseostetut (muut kuin lasi-) "laserit", joiden ulostulon
aallonpituus ylittcid 1 000 nm, mutta ei ylitd 1 100 nm: katso
6A4005.c.2.c kohta.

1. Pulssiviritetyt, moodilukitut "Q-kytkinlaserit", joiden pulssin kesto on
vihemmén kuin 1 ns ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. "Huipputeho" ylittdd 5 GW,
b.  Keskimairiinen lahtoteho ylittdd 10 W; tai
c.  Pulssienergia ylittdd 0,1 J;

2. Pulssiviritetyt, "Q-kytkinlaserit", joiden pulssin kesto on 1 ns tai
enemman ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Yksitransversaalimuodon ulostulon:
1. "Huipputeho" ylittad 100 MW;
2. Keskimésrdinen ldht6teho ylittdd 20 W; tai
3. Pulssienergia ylittad 2 J; tai
b.  Monitransversaalimuodon ulostulon:
1. "Huipputeho" ylittid 400 MW;
2. Keskimasdriinen lihtdteho ylittdd 2 kWi tai
3. Pulssienergia ylittdd 2 J;

3. Pulssiviritetyt, ei-"Q-kytkinlaserit", joiden:
a.  Yksitransversaalimuodon ulostulon:
1. "Huipputeho" ylittad 500 kW; tai
2. Keskimasriinen lhtsteho ylittdd 150 W; tai
b. Monitransversaalimuodon ulostulon:
1. "Huipputeho" ylittdd 1 MW; tai
2. Keskimd#rdinen teho ylittdd 2 kW;
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4. Jatkuvasti viritettivit “laserit", joiden:
a. Yksitransversaalimuodon ulostulon:
1. "Huipputeho" ylittdd 500 kW; tai
2. Keskimédridinen tai CW-ldhtoteho ylittad 150 W; tai
b. Monitransversaalimuodon ulostulon:
1. Huipputeho ylittdsd 1 MW; tai
2. Keskiméirdinen tai CW-lihtéteho ylittdd 2 kW,

c.  Muut ei-viritettavit "laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Aallonpituus on alle 150 nm ja jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Lahtdenergia ylittd4 50 mJ pulssia kohden ja pulssin
"huipputeho” ylittds 1 W; tai
b.  Keskimédrdinen tai CW-1ahtoteho ylittds 1 W;

2. Aallonpituus on 150 nm tai enemmén mutta ei ylitd 800 nm ja jokin
seuraavista ominaisuuksista:
a.  L#htSenergia ylittd4 1,5 J pulssia kohden ja pulssin
"huipputeho" ylittds 30 W; tai
b.  Keskimidriinen tai CW-1ghtdteho ylittdd 30 W:

3. Aallonpituus ylitt44 800 nm mutta ei ylitd 1 400 nm:
a.  "Q-kytkinlaserit", joiden:
1. Lé&htSenergia ylittd4 0,5 J pulssia kohden ja pulssin
"huipputeho” ylittdd 50 W; tai
2. Keskimédriinen ldhtoteho ylittda:
a. Yksi-transversaali "lasereilla" 10 W;
b. Moni-transversaali "lasereilla" 30 W;
b.  Ei-"Q-kytkinlaserit", joiden:
1. Li#htSenergia ylittdd 2 J pulssia kohden ja pulssin
"huipputeho” ylittds 50 W; tai
2. Keskimé#ériinen tai CW-lihtdteho ylittdd 50 W;

4. Aallonpituus ylittdd 1 400 nm ja jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Lahtdenergia ylittdd 100 mJ pulssia kohden ja pulssin
"huipputeho” ylittdd 1 W; tai
b.  Keskimaérdinen tai CW-ldht6teho ylittdd 1 W;

d.  Viriaine- ja muut neste"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Aallonpituus on alle 150 nm ja:
a.  LihtSenergia ylittds 50 mJ pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittds
1 W; tai
b.  Keskiméidrdinen tai CW-1ahtoteho ylittis 1 W;
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2. Aallonpituus on 150 nm tai enemmén mutta ei ylitd 800 nm ja jokin seuraavista
ominaisuuksista:
a.  L#htSenergia ylittdd 1,5 J pulssia kohden ja pulssin "huipputeho” ylittdd
20W;
b.  Keskimédiridinen tai CW-ldhtSteho ylittdd 20 W; tai
c. Sisaltdvit pitkittdistyyppisen pulssivirdhtelijin, jonka keski-méé4rdinen

laht6teho ylittid 1 W ja toistotaajuus ylittds 1 kHz, jos pulssin kesto on
vihemmin kuin 100 ns;

3. Aallonpituus ylittdd 800 nm mutta ei ylitd 1 400 nm ja jokin seuraavista:
a.  LahtSenergia ylittdd 0,5 J pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittia
10 W; tai
b.  Keskimédrdinen tai CW-ldhtoteho ylittds 10 W;

4, Aallonpituus ylittdd 1 400 nm ja jokin seuraavista:
a.  LiahtSenergia ylittdd 100 mJ pulssia kohden ja pulssin "huipputeho” ylittia
1 W; tai
b.  Keskiméérdinen tai CW-ldhtSteho ylittdd 1 W;

Seuraavat komponentit:

1. Aktiivisella jaghdytykselld tai lampoputkijaahdytykselld jashdytetyt peilit;
Tekn. huom:
Aktiivinen jddhdytys on optisten osien jéidhdytystekniikka, jossa kdytetddin
vdlittémdsti optisen komponentin pinnan alla virtaavia nesteitd (nimellisetdisyys
optisesta pinnasta vihemmdn kuin 1 mm) siirtdmddn ldmpéd optiikasta.

2. Optiset peilit tai lapdisevit tai osittain ldpéisevit optiset tai sahkdoptiset
komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu kiytettiviksi valvonnanalaisten
"lasereiden” kanssa;

Seuraavat optiset laitteet:

Huom: "SHPL"-sovelluksissa toimimaan kykenevdit yhteisen aukon optiset elementit:
katso asetarvikeluettelo.

1. Dynaamiset aaltorintaman (vaiheen) mittauslaitteet, joilla voidaan rekistersida
ainakin 50 positiota sdteen aaltorintamasta, ja joilla on jokin seuraavista:
a.  Kuvataajuus on 100 Hz tai enemmin ja vaiheen erottelukyky vahintién 5 %
sdteen aallonpituudesta; tai
b.  Kuvanopeus on 1000 Hz tai enemmin ja vaiheen erottelukyky vahintéén
20 % siteen aallonpituudesta;

2. "Laserien" diagnostiikkalaitteet, joilla kyetdsin mittaamaan
"SHPL"-jérjestelmén siteen ohjauksen kulmavirheitd, jotka ovat
10 prad tai pienempi;

3. Optiset laitteet, kokoonpanot tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu
vaiheistettujen ryhmien koherenttia sidettd kombinoivaa "SHPL"-j4rjestelmdi
varten tarkkuudella, joka on seuraavista pienempi: Lambda/10 suunnitellulla
aallonpituudella tai 0,1 pm;

4.  Erityisesti "SHPL"-jérjestelmissa kdytettdviksi tarkoitetut projektioteleskoopit.
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Seuraavat "magnetometrit", "magneettikentiin gradiometrit", "itseisjohtavuuteen perustuvat
magneettikentén gradiometrit" ja kompensointijérjestelmst sekd niité varten erityisesti
suunnitellut komponentit:

Huom: 64006 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi instrumentteja, Jjotka on erityisesti
suunniteltu lddketieteellisen diagnostiikan biomagneettisia mittauksia varten.

a. "Magnetometrit", jotka kéyttévét "suprajohtavaa", optisesti pumpattua tai ydinpresessio-
(protoni/Overhauser-) "teknologiaa”, ja joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi
(parempi) kuin 0,05 nT rms Hz:n neli6juurta kohti;

b.  Induktiokelamagnetometrit, joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin:
1. 0,05 nT Hz:n nelidjuurta kohti alle 1 Hz:n taajuuksilla;
2. 1x 10 nT Hz:n nelidjuurta kohti taajuuksilla 1 Hz-10 Hz; tai
3. 1 x 10* nT Hz:n nelidjuurta kohti taajuuksilla yli 10 Hz;

c.  Kuituoptiset "magnetometrit", joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin
1 nT rms Hz:n nelidjuurta kohti;

d.  "Magneettikentiin gradiometrit", jotka kiyttavit useita 6A006.a, 6A006.b tai 6A006.c
kohdassa madriteltyja "magnetometreja";

e.  Kuituoptiset "itseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentin gradiometrit", joiden
magneettisen gradienttikentén "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin
0,3 nT/m rms Hz:n nelijuurta kohti;

f. "tseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentin gradiometrit", jotka kiyttivit muuta kuin
kuituoptista "teknologiaa" ja joiden magneettisen gradienttikentéin kohinataso (herkkyys)
on alempi (parempi) kuin 0,015 nT/m rms Hz:n nelidjuurta kohti;

g Magneettiset kompensointijérjestelmét sellaisia magneettisia antureita varten, jotka on
suunniteltu toimimaan liikkuvilla alustoilla;

h. Seuraavat "suprajohtavat" sihkémagneettiset anturit, jotka siséltiivit "suprajohtavista"
materiaaleista valmistettuja osia ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne on suunniteltu toimimaan ainakin yhden "suprajohtavan" ainesosansa
"kriittisen" lmpétilan alapuolella (mukaan lukien Josephson-ilmitlaitteet tai
suprajohtavat kvantti-interferenssilaitteet (SQUIDS = Superconductive Quantum
Interference Devices));

2. Ne on suunniteltu havaitsemaan sahkdmagneettisen kentén vaihteluja 1 kHz:n
taajuudella tai sen alapuolella; ja

3. Joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Sisaltédvit ohutkalvo-SQUIDS-laitteita, joiden minimiviivanleveys on alle 2 pm
ja jotka on varustettu sisi8inmeno- ja ulostuloliitintipiireilld;

b. Suunniteltu toimimaan magneettikentdn muuttumisnopeudella, joka ylittaa
1x10° magneettivuon kvanttia sekunnissa;

¢. Suunniteltu toimimaan ilman magneettista suojausta maan magneettikentass;
tai

d. Lémpdtilakerroin on vihemmén (pienempi) kuin 0,1 magneettivuon kvanttia/K.
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Seuraavat gravimetrit sekd Painovoimagradiometrit:
Huom: KATSO MYOS 6A107 KOHTA.

a.  Maalla kéytettdvaksi suunnitellut tai muunnetut gravimetrit (painovoiman mittarit), joiden
staattinen tarkkuus on vdhemmaén (parempi) kuin 10 pgal;
Huom: 6A4007.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kvartsielementtid kiyttivid
(Worden-tyyppisid) maapohjan gradiometrejd.

b.  Liikkuville alustoille suunnitellut gradiometrit, joiden:
1. Staattinen tarkkuus on parempi kuin 0,7 mgal; ja
2.  Toimintatarkkuus kdytossd (toiminnassa) on parempi kuin 0,7 mgal ja
vakiintumisaika on vihemmaén kuin 2 minuuttia kaikissa ldsni olevien korjaavien
kompensointien ja liikkeen vaikutusten kombinaatioissa;

¢.  Painovoimagradiometrit.
Tutkajirjestelmiit, -laitteet ja -kokoonpanot, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitd

varten erityisesti suunnitellut komponentit:
Huom:  KATSO MYOS 6A108 KOHTA.

Huom: 64008 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a Toisiovalvontatutkia (SSR);
b. Yhteentdrmdyksen estdmiseen tarkoitettuja autotutkia;

C. Nayttopddtteitd tai monitoreja, joita kdytetddn lennonjohdossa (ATC), ja
Joissa ei ole enempdd kuin
12 erottuvaa elementtici mm kohden;

d. Ilmatieteellisid (sdcdhavainto-) tutkia,

a.  Jotka toimivat taajuuksilla 40 GHz - 230 GHz ja keskimé#réinen lahtSteho on yli
100 mW;

b.  Joissa on viritettidvi kaistanleveys, joka on yli £ 6,25 % 'keskitoimintataajuudesta’;
Tekn. huom:
‘Keskitoimintataajuus’ on puolet korkeimman ja alhaisimman mddritellyn
toimintataajuuden summasta.

c.  Jotka kykenevit toimimaan samanaikaisesti useammalla kuin kahdella
kantoaaltotaajuudella;

d.  Jotka kykenevit toimimaan synteettisessi apertuuri- (SAR), ké4nteisessd synteettisessd
apertuuritutkamoodissa (ISAR) tai sivukulma-tutkamoodissa(SLAR);

e.  Jotka sisiltdvit "elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhmaantenneja";

f. Jotka kykenevit ei-yhteistoiminnallisten kohteiden korkeuden mé#rittdmiseen;
Huom: 6A4008.f kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ICAO:n standardien mukaisia
tarkkuuslchestymistutkalaitteita (PAR).

g.  Jotka on erityisesti suunniteltu kiytettaviksi ilmassa (asennettuina ilmapalloon tai
lentokoneen rakenteisiin) ja varustettu Doppler-"signaalinkisittelylla" liikkuvien
kohteiden havaitsemiseksi;
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h.

Jotka kisittelevit tutkasignaalia kiyttden:
1. "Tutkan hajaspektri"tekniikkaa; tai
2. "Tutkan taajuushyppely"tekniikkaa;

Jotka takaavat maanpinnalla toimittaessa maksimi"néyttoalueen", joka ylittd4 185 km;
Huom: 64008.i kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a.  Kalastusalueiden valvontatutkia;

b.  Maanpinnalla olevia tutkalaitteita, jotka on erikoisesti suunniteltu
reittilentoliikenteen ohjausta varten eikd niiden kéyttoon erityisesti
suunniteltuja ohjelmia, edellyttéien, etti:

1. Sen maksimi"néyttoalue" on 500 km tai vihemmdin,

2. Se on konfiguroitu siten, ettd tutkan maalitietoa voidaan
Iéihettdd vain yhteen suuntaan tutka-asemalta yhteen tai
useampaan siviililennonjohtokeskukseen;

3. Siind ei ole varauduttu tutkan pyyhkdisynopeuden
kauko-ohjaukseen reitin varrella olevasta
lennonjohtokeskuksesta; ja

4. Sen on oltava kiintedsti rakennettu.

c. Sddhavaintopallojen seurantatutkia.

"Laser"tutkat tai valoon perustuvat havainnointi- ja etdisyydenmittauslaitteet (LIDAR),
joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Ne ovat "avaruuskelpoisia"; tai
2. Ne kiyttivit koherenttia heterodyne- tai homodyneilmaisutekniikkaa ja niiden
kulmanerottelukyky on parempi kuin 20 prad (mikroradiaania);
Huom: 6A008.j kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartoitukseen tai llmatzeteellzszm
havaintoihin erityisesti suunniteltuja LIDAR-laitteita.

Sisaltdvat "signaalinkdsittelyd" varten alajirjestelmid, jotka kayttivit
"pulssikompressio"tekniikkaa ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. "Pulssikompressio"suhde ylittid 150; tai

2. Pulssin leveys on vahemmaén kuin 200 ns; tai

Sisdltivit tiedonkdsittelyn alajérjestelmi, jotka:

1. Suorittavat "automaattista kohteen seurantaa", joka kullakin antennin kierroksella
ennakoi maalin aseman pidemmdlle kuin seuraavan antennin siteen ohimenon
ajankohtaan;

Huom: 6A4008.1.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi vaaratilanteiden
hdlytyskykyd lennonjohtojiirjestelmissd tai merenkulku- tai
satamatutkissa.

2. Laskevat kohteen nopeutta ensitutkan avulla, jolla on ei-periodinen (vaihtuva)
pyyhkéisynopeus;

3. Suorittavat automaattista kohteiden hahmontunnistusta (piirteiden poimintaa) ja
vertaavat kuvioita tietokantoihin talletettuihin kohteiden ominaisuuksiin
(aaltomuotoihin tai kuviin) kohteiden tunnistamista tai luokittelua varten; tai

4. Suorittavat kahdesta tai useammasta "maantieteellisesti hajallaan" olevasta ja
"toisiinsa kytketystd tutka-anturista" saatujen kohteen tietojen superponointia ja
korrelaatiota tai yhdistelyi kohteen selvittimiseksi;

Huom: 64008.1.4 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi jarjestelmid, laitteita tai
kokoonpanoja, joita kéytetddn meriliikenteen ohjaamiseen.
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Muut kuin 6A002 kohdassa madritellyt siteilyd kestivit ilmaisimet, jotka on erityisesti
suunniteltu tai muunnettu suojaamaan ydinaseiden vaikutuksilta (esim. sahkdmagneettiselta
pulssiita (EMP = Electromagnetic Pulse), réntgensiteilylti, yhdistetyiltd paineisku- ja
lampdvaikutuksilta) ja voidaan kayttdd "ohjuksissa”, ja jotka on suunniteltu tai mitoitettu
kestiimizn kokonaisannokseltaan 5 x 10° radin (Pii) tai sen ylittavis siteilytasoja.

Tekn. huom:

64102 kohdassa ilmaisimeksi mddritelliicin mekaaninen, scihkdinen, optinen tai kemiallinen
laite, joka automaattisesti tunnistaa ja tallentaa tai rekisterdi drsykkeen, kuten ympdriston
paineen tai limpétilan muutoksen, sdhkéisen tai sihkomagneettisen signaalin tai
radioaktiivisesta aineesta ldhtevan sdteilyn.

Seuraavat painovoiman mittarit (gravimetrit) ja gravimetrien ja painovoimagradiometrien
komponentit:

a.  Muut kuin 6A007.b kohdassa méiritellyt gravimetrit, jotka on suunniteltu tai muunnettu
ilmassa tai merelld tapahtuvaa kdytt6a varten ja joiden staattinen tai operationaalinen
tarkkuus on 7 x 10 m/s? (0,7milligalia) tai sitd vihemmén (parempi) ja joiden
vakiintumisaika on kaksi minuuttia tai vihemmén.

b.  Komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu 6A007.b kohdassa tai 6A107.a kohdassa
méidriteltyjd gravimetreja ja 6A007.c kohdassa médriteltyjd painovoimagradiometreji
varten.

Seuraavat muut kuin 6A008 kohdassa miéritellyt tutkajdrjestelmit ja seurantajirjestelmit:

a.  Tutka- ja lasertutkajérjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu kiytettdviksi 9A004
kohdassa médritellyissd avaruuteen laukaisussa kiytettdvissd kantoraketeissa tai 9A104
kohdassa médritellyissé luotainraketeissa;

b. Seuraavat tarkkuusseurantajirjestelmat, joita voidaan kayttid "ohjuksissa":

1. Seurantajirjestelmit, jotka kiyttdvat koodin kadntdja4 yhdessd maanpinnalla tai
ilmassa olevien vertailupisteiden tai navigointisatelliitti-jirjestelmien kanssa
tosiaikaiseen lentosijainnin ja -nopeuden mittausten suorittamiseen;

2.  Instrumenttietdisyystutkat, mukaanlukien niihin liittyvit
optiset/infrapunaseurantalaitteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Kulmaresoluutio on parempi kuin 3 milliradiaania (0,5 millid);
b.  Toimintaetiisyys on 30 km tai suurempli ja etdisyysresoluutio parempi kuin
10 m rms;

c.  Nopeusresoluutio on parempi kuin 3 m/s.

Valomonistinputket, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
a.  valokatodipinta on suurempi kuin 20 cm? ; ja
b.  anodipulssin nousuaika on lyhyempi kuin 1 ns.

Seuraavat muut kuin 6A003 kohdassa méritellyt kamerat ja komponentit:

a. Seuraavat mekaaniset pydrivipeiliset kamerat ja niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit:
1. Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden tallennusnopeus on suurempi kuin
225 000 kuvaa/s;

2. Juovakamerat, joiden piirtonopeus on suurempi kuin 0,5 mm/ps;

Huom: 64203.a kohdassa ndiden kameroiden komponentteihin sisdltyvit niiden
synkronointi-elektroniikkayksikot sekd turbiineista, peileistd ja laakereista
koostuvat roottorikokoonpanot.
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b.

Seuraavat elektroniset juova- ja erilliskuvakamerat, putket ja laitteet:

1. Elektroniset juovakamerat, jotka kykenevit 50 ns:n tai lyhyempisn
aikaresoluutioon;

2. Juovaputket 6A203.b.1 kohdassa miriteltyja kameroita varten;

3 Elektroniset (tai elektronisin sulkimin varustetut) erilliskuvakamerat, joiden
valotusaika kuvaa kohden on 50 ns tai lyhyempi;

4.  Seuraavat erilliskuvaputket tai solid-state-kuvauslaitteet, joita kiiytetsiin 6A203.b.3
kohdassa miériteltyjen kameroiden kanssa:

a.  Lahitarkenteiset kuvantehostinputket, joissa valokatodi on muodostettu
lapindkyville johtavalle pinnoitteelle valokatodin pintavastuksen
pienentéimiseksi;

b.  Piitehostinkohtiolevylli (SIT = Silicon Intensifier Target) varustetut
hilakameraputket, joiden nopeatoiminen jirjestelmi mahdollistaa
valokatodilta tulevien valosihkgisten elektronien verdjdinnin ennen niiden
iskeytymisti SIT-levylle;

c.  Kerr- tai Pockel-kennoon perustuva sihkéoptinen suljin;

d.  Muut erilliskuvaputket ja solid-statekuvauslaitteet, joiden pikakuvauksen
verdjointiaika on lyhyempi kuin 50 ns ja jotka on erityisesti suunniteltu
6A203.b.3 kohdassa méiriteltyjd kameroita varten;

Séteilyd kestdvit TV-kamerat tai niissé kéytetyt linssit, jotka on erityisesti suunniteltu tai
mitoitettu kestamin yli 50 x 10* Gy:n (Pii) (5 x 10° radin (Pii)) sdteilyn kokonaisannosta
toiminnallisuuden siitd kdrsimatta.

Tekn. huom:

Termilld Gy (Pii) tarkoitetaan jouleina kilogrammaa kohti ilmaistua energiaa, jonka
suojaamaton silikonitestikappale imee itseensd altistuessaan ionisoivalle séteilylle.

6A205 Seuraavat, muut kuin 0B001.g.5, 0B001.h.6 tai 6A005 kohdassa maritellyt "laserit",
"laser"vahvistimet ja oskillaattorit:

a.

Argonioni"laserit", joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
1. toimivat 400 nm:n ja 515 nm:n vililld olevilla aallonpituuksilla; ja
2. keskimaérdinen lahtSteho on suurempi kuin 40 W;

Viritettdvat pulssitoimiset yksimuoto-vériainelaser-oskillaattorit, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1. ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n vélilld olevilla aallonpituuksilla;

2, 1 W suurempi keskimédriinen 13htsteho;

3. toistotaajuus on suurempi kuin 1 kHz; ja

4. pulssin leveys pienempi kuin 100 ns;

Viritettavit pulssitoimiset vériaine"laser"vahvistimet ja oskillaattorit, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1. ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n vililli olevilla aallonpituuksilla;

2. keskimddriinen lahtSteho on suurempi kuin 30 W;

3. toistotaajuus suurempi kuin 1 kHz; ja

4.  pulssin leveys alle 100 ns;

Huom: 6A4205.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi yksimuoto-oskillaattoreita.
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d.  Pulssitoimiset hiilidioksidi"laserit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. netoimivat 9 000 nm:n ja 11 000 nm:n vililld olevilla aallonpituuksilla;
2.  toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz; :
3. keskimédriinen ldhtoteho suurempi kuin 500 W; ja
4. pulssin leveys alle 200 ns;

e.  Paravetykiyttdiset Raman-muuntimet, jotka on suunniteltu toimimaan 16 mikrometrin
lahtaaltopituudella ja joiden toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz.

f. Pulssiviritettivit, neodyymiseostetut "Q-kytkin-laserit" (muut kuin Jasi-), joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:
1.  LihtSaallonpituus ylittd4 1 000 nm, mutta ei ylitd 1 100 nm;
2. Pulssinkesto on 1 ns tai enemmin; ja
3. Monitransversaalimoodin ulostulo, jonka keskimiariinen teho ylittds 50 W.

Nopeusinterferometrit yli 1 km/s nopeuksien mittaamiseksi lyhyemmén kuin 10 mikrosekunnin

aikajakson kuluessa

Huom: 6A225 kohtaan siscltyvit sellaiset nopeusinterferometrit kuten VISAR:it ja DLI:t
(dopplerlaserinterferometrit).

Seuraavat paineanturit:

a.  Manganiini-anturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita;

b.  Kvartsipaineanturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita.

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

Optiset laitteet seuraavasti:

a.  Laitteet, joilla mitataan absoluuttista heijastumissuhdetta +£0,1 %:n tarkkuudella
heijastumissuhteen arvosta;

b.  Muut laitteet kuin optisen pinnan sironnan mittarit, joiden himmentiméton aukko on
suurempi kuin 10 cm, ja jotka on erityisesti suunniteltu epétasaisen optisen pinnan kuvan
(profiilin) mittaamiseen 2 nm:n tai pienemmalla (paremmalla) "tarkkuudella" tarvittavaa
profiilia vasten.

Huom: 6B004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi mikroskooppeja.
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6B007

6B008

6B108

6C

6C002

6C004

Laitteet, joilla tuotetaan, linjataan ja kalibroidaan maalle asennettavia painovoiman mittareita,
joiden staattinen tarkkuus on parempi kuin 0,1 mgal.

Tutkan kaikupinnan pulssimittausjérjestelmét, joiden lihetettivien pulssien leveydet ovat 100 ns
tai vahemmdn, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit.
Huom: KATSO MYOS 6B108 KOHTA.

Muut kuin 6B008 kohdassa médritellyt jarjestelmit, joita voidaan kiyttiia "ohjuksissa" ja niiden
alajirjestelmissi ja jotka on erityisesti suunniteltu tutkapoikkipintojen mittaamiseen.

Materiaalit

Seuraavat optiset anturimateriaalit:
a. Telluuri (Te) alkuaineena, jonka puhtausaste on 99,9995 % tai korkeampi;

b.  Kadmiumsinkkitelluoidin (CdZnTe), jonka sinkkipitoisuus on alle
6 painoprosenttia, kadmiumtelluridin (CdTe), tai elohopeakadmiumtelluridin (HgCdTe)
yksittiiskiteet puhtausasteesta riippumatta, mukaan lukien niiden epitaksikiekot.

Seuraavat optiset materiaalit:

a. Sinkkiselenidi (ZnSe)- ja sinkkisulfidi (ZnS)-"substraattiaihiot", jotka on tuotettu
kemiallisella kaasufaasipinnoitusmenetelmilld ja joilla on jokin seuraavista:
1. Tilavuus suurempi kuin 100 cm’; tai
2. Lapimitta suurempi kuin 80 mm ja paksuus 20 mm tai enemman;

b. Seuraavien sdhkdoptisten materiaalien synteettiset kiteet:
1. Kaliumtitanyyliarsenaatti (KTA);
2. Hopeagalliumselenidi (AgGaSe,);

3. Talliumarseeniselenidi (T1sAsSes, tunnetaan myds nimelld TAS);

c.  Epilineaariset optiset materiaalit, joilla on kaikki seuraavat:
1. Kolmannen tason suskeptibiliteetti (khi 3) on 10°m*V? tai enemmén; ja
2. Vasteaika on vihemméin kuin 1 ms;

d.  Piikarbidista tai beryllium-beryllium (Be/Be) -pinnoitetuista materiaaleista valmistetut
"substraattiaihiot”, joiden lépimitta tai padakselin pituus on yli 300 mm;
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6C004

6CO005

6D

6D001

6D002

6D003

jatkuu
e. Lasi, mukaan lukien kvartsilasi, fosfaattilasi, fluorofosfaattilasi, zirkoniumfluoridi (ZrF,)
ja hafniumfluoridi (HfF,), joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Hydroksyyli-ioni(OH-)konsentraatio on vihemman kuin 5 ppm;
2. Metallisten epdpuhtauksien kokonaistaso on vihemmén kuin 1 ppm; ja
3. Korkea homogeenisuus (refraktiovarianssin indeksi) on vihemmin kuin 5 x 105,
f. Synteettisesti tuotettu timanttimateriaali, jonka absorptio on vihemmin kuin 10° cm™
aallonpituuksilla, jotka ylittdvit 200 nm mutta ovat alle 14 000 nm.

Seuraavat kiteiset "laserien" perusmateriaalit kisittelem&ttomissd muodossa:

a. Titaaniseostettu safiiri;
b. Aleksandriitti.

Ohjelmistot

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 6A004, 6A005, 6A008 tai 6B008 kohdassa
médriteltyjen laitteiden "kehittdimistd" tai "tuotantoa" varten.

"Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 6A002.b., 6A008 tai 6B008 kohdassa
maédriteltyjen laitteiden "kdytt64" varten.

Seuraavat muut "ohjelmistot:

a. 1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu akustisen siteen muokkaamiseen
akustisen tiedon "tosiaikaiseksi kisittelemiseksi" hinattavia hydrofonijirjestelmia
kdyttdvad passiivista vastaanottoa varten;

2. "Lihdekoodi" akustisen tiedon "tosiaikaiseksi kisittelemiseksi" hinattavia
hydrofonijérjestelmis kéyttévii passiivista vastaanottoa varten;

3. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu akustisen siteen muokkaamiseen;

4. "Lihdekoodi" akustisen tiedon “tosiaikaiseksi kisittelemiseksi” pohja- tai
poukamakaapelijirjestelmis kiyttévid passiivista vastaanottoa varten;
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6D003

6D102

6D103

jatkuu
b. 1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu magneettisia
kompensointijérjestelmid varten magneettisille antureille, jotka on suunniteltu
toimimaan liikkuvilla alustoilla;
2. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu magneettisten poikkeamien
ilmaisuun liikkuvilla alustoilla;
c. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu korjaamaan liikkumisen vaikutuksia

painovoimamittareihin tai painovoimagradiometreihin;

d. 1.

Lennonjohto-"ohjelmistojen" sovellus"ohjelmat”, jotka toimivat

lennonjohtokeskuksiin sijoitetuissa yleiskéyttoisissd tietokoneissa ja kykenevit

Jjohonkin seuraavista:

a.  Kisittelemddn ja ndyttimiin enemman kuin 150:n samanaikaisen kohteen
"reitit"; tai

b.  Vastaanottamaan kohteiden tutkatietoja useammalta kuin neljaltd
ensittutkalta;

"Ohjelmistot" sellaisten suojakupujen suunnittelua tai "tuotantoa" varten, jotka:

a.  On erityisesti suunniteltu suojaamaan 6A008.e kohdassa méariteltyja,
"elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhma-antenneja"; ja

b.  Aiheuttavat antennin séteilykuvion, jonka 'keskimazrdinen sivukeilataso' on
enemmén kuin 40 dB péisiteen tason alapuolella.
Tekn. huom:

‘Keskimddrdinen sivukeilataso' 6D003.d.2.b kohdassa mitataan koko ryhmdin

Yli poislukien pddkeilan ja pédkeilan molemmilla puolilla olevien kahden
ensimmdisen sivukeilan kulmasuure.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 6A108 kohdassa mériteltyjen
tuotteiden "kaytt64" varten.

"Ohjelmistot", jotka lennon jilkeen prosessoivat nauhoitettua tietoa ja jotka mahdollistavat
lentolaitteen aseman miérityksen sen koko lentoradalla ja jotka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu "ohjuksia" varten.
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6E

6E001

6E002

6E003

6E101

6E201

Teknologia

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A, 6B, 6C tai 6D kohdassa
méidriteltyjen laitteiden, materiaalien tai "ohjelmistojen" "kehittdmistd" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A, 6B tai 6C kohdassa mariteltyjen
laitteiden tai materiaalien "tuotantoa" varten.

Seuraava muu "teknologia":

a. 1. Optisen pinnan pinnoitus- ja kisittely"teknologia", jota tarvitaan 99,5 %:n tai
paremman tasalaatuisuuden saavuttamiseen optisille pinnoitteille, joiden lipimitta
tai padakselin pituus on 500 mm tai enemman ja joiden kokonaish#vi6 (absorptio ja
sironta) on vihemmin kuin 5 x 10°;

Huom: Katso myds 2E003.f kohta.

2. Yhden kérjen timanttisorvaustekniikat, joilla tuotetaan parempia pinnan
viimeistelytarkkuuksia kuin 10 nm rms yli 0,5 m*n ei-tasomaisille pinnoille;

b. "SHPL"-laserien testaamista tai "SHPL"-s#teilld siteilytettyjen materiaalien testaamista
tai evaluointia varten erityisesti suunniteltujen diagnostiikka-instrumenttien tai maalien
"kehittdmiseen", "tuotantoon” tai "kdytté6n" "tarvittava" "teknologia";

c. "Teknologia", jota "tarvitaan" fluxgate-"magnetometrien" tai
-"magnetometri”jirjestelmien "kehittimist4" tai "tuotantoa" varten, joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1. "Kohinataso" on vihemmain kuin 0,05 nT rms Hz:n nelidjuurta kohti pienemmilld
kuin 1 Hz:n taajuuksilla; tai

2. "Kohinataso" on 1 x 10” nT rms Hz:n nelidjuurta kohti 1 Hz:n tai sit4 suuremmilla
taajuuksilla.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A002, 6A007.b ja c, 6A008, 6A102,

6A107, 6A108, 6B108, 6D102 tai 6D103 kohdassa médriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen"

"kaytt6d" varten.

Huom: 6E101 kohta mdirittelee 64008 kohdassa mddriteltyjen laitteiden "teknologian"
vain, kun se on suunniteltu ilmailusovelluksiin ja siti voidaan kayttdd "ohjuksissa”.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A003, 6A005.2.1.c, 6A005.2.2.a,
6A005.c.1.b, 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 tai 6A226
kohdassa médriteltyjen laitteiden "kdytt64" varten.
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RYHMA 7 - NAVIGOINTI JA ILMAILU

7A

74001

7A002

7A003

Jérjestelmiit, laitteet ja komponentit

Huom.1:  Vedenalaisten kulkuneuvojen automaattiohjaukset: katso 8 ryhmd.
Tutkat: katso 6 ryhm.

Huom. 2:  Laivojen tai vedenalaisten alusten inertiasuunnistuslaitteet: Katso asetarvikeluettelo.
Kiihtyvyysmittarit, jotka on suunniteltu kdytettiviksi inertiasuunnistus- tai ohjausjdrjestelmissd ja

Joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekd erityisesti niitd varten suunnitellut komponentit:
Huom: KATSO MYOS 7A101 KOHTA.

a. "Biasstabiilisuus” vuoden aikana on vihemman (parempi) kuin 130 mikro-g suhteessa
kiinted#dn kalibrointiarvoon;
b. "Mittakertoimen" "stabiilisuus" vuoden aikana on vihemmn (parempi) kuin 130 ppm

suhteessa kiintes#in kalibrointiarvoon; tai
¢.  Ne on méritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla.

Gyroskoopit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niit4 varten erityisesti suunnitellut
komponentit:
Huom:  KATSO MYOS 7A102 KOHTA.
a.  "Rydmintinopeuden" "stabiilisuus", mitattuna 1 g:n olosuhteissa kolmen kuukauden aikana
ja suhteessa kiinte#in kalibrointiarvoon, on:
1. Vihemmin (parempi) kuin 0,] astetta tunnissa, kun ne on miritelty toimimaan alle
10 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla; tai
2. Vidhemmin (parempi) kuin 0,5 astetta tunnissa, kun ne on mééritelty toimimaan
lineaarisilla kiihtyvyystasoilla 10 g - 100 g; tai

b.  Ne on médritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla.

Inertiasuunnistusjérjestelmat (kardaaniset ja sidotut) seki inertialaitteet, jotka on suunniteltu
"ilma-aluksen", maakulkuneuvon tai "avaruusaluksen" asentoa, ohjausta tai valvontaa varten, joilla
on jokin seuraavista ominaisuuksista, seki niité varten erityisesti suunnitellut komponentit:
Huom: KATSO MYOS 7A103 KOHTA.

a. (Vapaa inertiaalinen) navigointivirhe tavanomaisen linjauksen jilkeen on 0,8 merimailia
tunnissa (50 % Yhtildisen todenndkdisyyden ympyrastd (CEP)) tai vahemmiin (parempi); tai

b.  Ne on médritelty toimimaan yli 10 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla.

Huom. 1. 74003.a kohdan parametreja sovelletaan kaikissa seuraavissa ympéristéolosuhteissa:
1 Satunnainen syotevirdhtely, jonka kokonaissuuruusluokka on 7,7 g rms
ensimmdisen puolen tunnin aikana ja kokonaistestiaika puolitoista tuntia
kutakin toisiinsa nihden kohtisuoraan olevaa akselia kohti, kun satunnainen
vardhtely tayttid seuraavat vaatimukset:
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7A003

7A004

7TA005

7A006

7A007

7A101

Huom. 1 1. jatkuu

a. Vakio voiman spektritiheyden (PSD) arvo on 0,04 &/Hz taajuusvdlilld
15 - 1000 Hz; ja
b.  PSDvaimenee tagjuuden mukana 0,04 g*/Hz:std 0,01 g*/He:iin
tagjuusvdlilla 1000 - 2000 Hz, tai
2. Kallistus ja kddntymisnopeus on +2,62 radiaania/s (150 astetta’s); tai
3. Edeliéi 1 tai 2 kohdan vastaavien kansallisten standardien mukaisesti,

Huom. 2: 74003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi inertiaalisuumnistusjdrjestelmid, jotka
"osallistyjavaltion” siviiliviranomaiset ovat sertifioineet kdytettiviksi
"siviili-ilma-aluksissa".

Hyrritiihtikompassit ja muut laitteet, jotka méérittdvit aseman tai suunnan seuraamalla
automaattisesti taivaankappaleita tai satelliitteja ja joiden atsimuuttitarkkuus on 5 kaarisekuntia tai
vihemmén (parempi).

Huom: KATSO MYOS 7A104 KOHTA.

Globaalisista paikanmaérityssatelliiteista (so. GPS tai GLONASS ) vastaanottavat laitteet, joilla on
Jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niité varten erityisesti suunnitellut komponentit:
Huom: KATSO MYOS 7A105 KOHTA.

a. Kéyttivit salauksen avausta; tai
b.  Nolla-ohjattavaa antennia.

limassa kiytettdvit korkeusmittarit, jotka toimivat muilla kuin 4,2 - 4,4 GHz:n taajuuksilla, ne
mukaan lukien, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
Huom: KATSO MYOS 7A106 KOHTA.

a. Suorittavat "tehon hallintaa"; tai
b.  Kéyttivit vaiheavainnusmodulaatiota.

Suuntimalaitteet, jotka toimivat yli 30 MHz:n taajuuksilla ja joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet, sek4 niitd varten suunnitellut komponentit:

a. "Hetkellinen kaistanleveys" 1 MHz tai enemmiin;
b. = Useamman kuin 100:n kanavan rinnakkaiskisittely; ja
c.  Kasittelynopeus on enemmin kuin 1 000 suuntimatulosta sekunnissa kanavaa kohti.

Muut kuin 7A001 kohdassa mééritellyt kiihtyvyysmittarit, joiden kynnys on 0,05 g tai pienempi tai
lineaarisuusvirhe enintéin 0,25 % tdyden mittausalueen ndyttimasti, tai molemmat, ja jotka on
suunniteltu kdytettdviksi inertiasuunnistusjérjestelmissa tai kaikentyyppisissi ohjausjérjestelmissa,
sekd erityisesti niitd varten suunnitellut komponentit.

Huom: 74101 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kiihtyvyysmittareita, jotka on erityisesti
suunniteltu ja kehitetty MWD-antureiksi (Measurement While Drilling), joita
kaytetdidn porausreikien huoltotoiminnassa.
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7A102

7A103

TA104

7A105

7A106

TA115

Muut kuin 7A002 kohdassa méritellyt kaiken tyyppiset gyroskoopit, joita voidaan kéyttad
"ohjuksissa", ja joiden nimellis"rydominténopeuden" "stabiilisuus” on vihemmén kuin

0,5 (1 sigma tai rms) tunnissa 1 g:n olosuhteissa seki niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit.

Seuraavat muut kuin 7A003 kohdassa miiritellyt instrumentit, navigointilaitteet ja -jarjestelmat
sekd niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.  Inertia- tai muut laitteet, joissa kiytetdsin 74001, 7A002, 7A101 tai 7A102 kohdassa
midriteltyjd kiihtyvyysmittareita tai gyroskooppeja, seki jérjestelmat, joihin sisiltyy sellaisia
laitteita;

Huom: 7A103.a kohta ei mddrittele 7A001 kohdan mddrittelemia kiihtyvyysmittareita
sisdltavid laitteita, joiden kiihtyvyysmittarit on erityisesti suumniteltu ja
kehitetty porausreikien huoltotoiminnassa kitytettiviksi MWD-antureiksi
(Measurement While Drilling).

b.  Integroidut lentoinstrumenttijérjestelmét, jotka sisaltidvit 9A004 kohdassa médriteltyjd
avaruuteen laukaisussa kiytettivii kantoraketteja tai 9A104 kohdassa méadriteltyja
luotainraketteja varten suunniteltuja tai muunnettuja hyrrivakauttajia tai
automaattiohjauslaitteita.

Muut kuin 7A004 kohdassa miritellyt hyrri-tdhtikompassit ja muut laitteet, joiden avulla
médritetd4in asema tai suunta automaattisesti taivaankappaleita tai satelliitteja seuraamalla, sekd
niité varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Muut kuin 7A005 kohdassa mééritellyt GPS-laitteet (Global Positioning Systems) tai muut
samankaltaiset satelliittivastaanottimet, jotka on suunniteltu tai muunnettu kiytettaviksi 9A004
kohdassa mééritellyissd avaruuteen laukaisussa kiytettivissd kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa
médritellyissd luotainraketeissa, ja jotka pystyvit tuottamaan suunnistustietoa seuraavien
toimintaolosuhteiden vallitessa:

a. Nopeuksilla yli 515 m/s; ja
b. Korkeuksissa yli 18 km.

Muut kuin 7A006 kohdassa médritellyt tutka- tai lasertutkatyyppiset korkeusmittarit, jotka on
suunniteltu tai muunnettu kiytettdviksi 9A004 tai 9A104 kohdassa méidritellyissd avaruuteen
laukaisussa kiytettavissé kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa médritellyissa luotainraketeissa
jérjestelmissi.

Passiiviset anturit, joiden avulla méritelldén suuntima tiettyihin sdhkdmagneettisiin lahteisiin
(suuntimalaitteet) tai maaston ominaisuuksiin, ja jotka on suunniteltu tai muunnettu kaytettéviksi
9A004 kohdassa médritellyissi avaruuteen laukaisussa kdytettivissd kantoraketeissa tai 9A104
kohdassa méritellyiss luotainraketeissa.

Huom: 7A115 kohta sisdltdd anturit seuraavia laitteita varten:
a.  Maanpinnan muodon kartoituslaitteet,
b, Kuvausanturilaitteet (sekd aktiiviset ettd passiiviset);
c. Passiiviset interferometrilaitteet.
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7A116

7A117

7B

7B001

7B002

Seuraavat lennon ohjausjirjestelmit, jotka on suunniteltu tai muunnettu kéytettaviksi 9A004
kohdassa méériteltyjd avaruuteen laukaisussa kéytettivissi kantoraketeissa tai 9A 104 kohdassa
médritellyissd luotainraketeissa:

a, Hydrauliset, mekaaniset, sdhkooptiset tai sshkémekaaniset, mukaan lukien
fly-by-wire -tyyppiset jérjestelmit;

b.  Lentoasennon séitolaitteet.
"Ohjautuslaitteet", joita voidaan kaytt4s "ohjuksissa”, jotka kykenevit 3,33 %:n tai parempaan

jarjestelmatarkkuuteen toimintaetéisyydelld (esim. "CEP" on 10 km tai vdhemmén 300 km:n
matkalla).

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet:

7A kohdassa mé#riteltyjd laitteita varten erityisesti suunnitellut testaus-, kalibrointi- tai
linjauslaitteet; '

Huom: 7B001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ylldpitotasojen I tai II testaus-,
kalibrointi- tai linjauslaitteita, '

Tekn. huom:

A Yligpitotaso 1
Inertiasuunnistusjdrjestelmdn jonkin yksikon vikaantuminen huomataan lentokoneen
ohjaus- ja nayttéyksikostd (CDU) tai vastaavan alajrjestelmdn tilanneviestistd. Noudattaen
valmistajan késikirjan antamia ohjeita vian syy voidaan paikallistaa epékuntoisen
vaihdettavan yksikon tasolle (LRU ) ja operaattori voi vaihtaa varayksikon viallisen tilalle.
2. Ylldpitotaso Il
Viallinen linjahuollossa vaihdettava yksikkd (LRU) lihetetdidn valmistajan (tai tasosta Il
vastaavan operaattorin) korjauspisteeseen, jossa se testataan erilaisilla soveltuvilla tavoilla
Ja viallinen kokoonpano (SRA) paikallistetaan. Témdn kokoonpanon(SRA) tilalle vaihdetaan
toimiva varaosa ja viallinen kokoonpano (SRA) (tai mahdollisesti koko yksikk6(LRU))
ldhetetdidn valmistajalle.
Huom: Yilépitotaso II ei sisdillé valvonnanalaisten kithtyvyysmittarien tai gyroanturien
irroittamista kokoonpanosta (SRA).

Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet rengas-"laser"gyroskooppien peilien karakterisointia
varten:

Huom: KATSO MYOS 7B102 KOHTA.

a. Sirontamittarit, joiden mittaustarkkuus on vihemmén (parempi) kuin 10 ppm
b.  Pinnankarkeusmittarit (profilometrit), joiden mittaustarkkuus on 0,5 nm (5 &ngstrémi#) tai
vihemmdn (parempi).
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7B003

7B102

7B103

7C

D

7D001

7D002

7A kohdassa médriteltyjen laitteiden "tuotantoon" erityisesti suunnitellut laitteet.

Huom: 7B003 kohtaan sisdltyy: 7

Gyroskooppien virityksen testausasemat,
Gyroskooppien dynaamiset tasapainotusasemat;
Gyroskooppien totutuskdytto/moottorin testausasemat;
Gyroskooppien tyhjennys/tiyttéasemat;
Gyroskooppien laakereiden keskipakopitimet;
Kiihtyvyysmittareiden akselien linjausasemat.

NS AN R

"Laser"-gyroskooppien peilien luokitukseen erityisesti suunnitellut heijastusmittarit, joiden
mittaustarkkuus on 50 ppm tai vihemmén (parempi).

7A117 kohdassa médriteltyjd laitteita varten erityisesti suunnitellut "tuotantolaitokset".

Materiaalit

Eiole.

Ohjelmistot

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 7A tai 7B kohdassa médriteltyjen
laitteiden "kehittémistd" tai "tuotantoa" varten:

"Lihdekoodi" minké tahansa tyyppisten inertiasuunnistuslaitteiden "kaytt6a" varten, mukaan lukien
inertialaitteet, joita ei ole méiritelty 7A003 tai 7A004 kohdassa, tai AHRS-jirjestelmit (Attitude
Heading Reference Systems).

Huom: 7D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kardaanisia AHRS-jdrjestelmid.

Tekn. huom:

AHRS-jdrjestelmdt eroavat yleisesti inertiasuunnistusjdrjestelmistd (INS = Inertial Navigation
Systems) siind, ettd AHRS antaa asento- ja suuntatiedon eikd normaalisti anna INS-jéirjestelmiin
liittyvid kiihtyvyys-, nopeus- tai asematietoja.
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7D003

7D101

7D102

7D103

Seuraavat muut "ohjelmistot":

a.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu parantamaan jérjestelmien
toimintakykyi tai vihentdmi#n niiden navigointivirhettd 7A003 ja 7A004 kohdassa
midritellyille tasoille;

Integroitujen hybridijirjestelmien "ldhdekoodi", joka parantaa jérjestelmien toimintakyky4
tai vihenti4 niiden navigointivirhettd 7A003 kohdassa midritellylle tasolle yhdistamalld
jatkuvasti inertiatietoa johonkin seuraavista navigointitiedoista:

1.  Doppler-tutkan antama nopeus;

2. Globaalien paikannusjérjestelmien (so. GPS tai GLONASS) referenssitieto; tai

3. Tietokannoissa oleva maastotieto;

"Léhdekoodi" integroituja ilmailu- tai lentotehtiividjérjestelmid varten, jotka yhdistivét
anturitietoa ja kdyttavit "asiantuntijajirjestelmid";

"Léhdekoodi" seuraavien laitteiden tai jarjestelmien "kehittdmistd" varten:
Digitaaliset lennonhallintajérjestelmét "lennon kokonaisohjaukseen";
Integroidut moottori- ja lennonohjausjirjestelmiit;

Fly-by-wire- tai fly-by-light-ohjausjirjestelmat;

Vikasietoiset tai itsetoipuvat "aktiiviset lennonohjausjérjestelmét";
Ilmassa kadytettdvit automaattiset suuntimislaitteet;

Staattiseen maanpintatietoon perustuvat lentoarvojirjestelmit; tai
Rasterityyppiset tuulilasingyt6t tai kolmiulotteiset ndytot.

Nounkswh -

Tietokoneavusteiset suunnittelu"ohjelmistot” (CAD), jotka on erityisesti suunniteltu
"aktiivisten lennonohjausjirjestelmien”, helikopterien moniakseli- fly-by-wire tai
fly-by-light ohjausten tai helikopterien " "ilmavirran avulla siddellyt
vastamomenttijirjestelmit tai ilmavirran avulla siddellyt suunnanohjausjérjestelmiit”, joiden
"teknologia" on mééritelty 7E004.b, 7E004.c.1 tai 7E004.c.2 kohdassa.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 7A001 - 7A006, 7A101 -7A106,
7A115,7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 tai 7B103 kohdassa méiriteltyjen
laitteiden "kayttod" varten.

Integrointi"ohjelmistot” seuraavasti:

a.

b.

Integrointi"ohjelmistot" 7A103.b kohdassa miiriteltyji laitteita varten;

7A003 tai 7A103.a kohdassa méériteltyji laitteita varten erityisesti suunnitellut
integrointi"ohjelmistot",

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 7A117 kohdassa médriteltyjen ohjautuslaitteiden
mallintamiseen tai simulointiin tai niiden integroinnin suunnitteluun kohdan 9A004, avaruuteen
laukaisussa kdytettévit kantoraketit, tai kohdan 9A 104, luotainraketit, kanssa.

Huom: 7D103 kohdassa mddritellyt "ohjelmistot” jécvcit valvonnanalaiseksi, kun niitd

yhdistetdcn 44102 kohdassa mddriteltyjen laitteiden kanssa.
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7E

TE001

7E002

7E003

7E004

Teknologia

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A, 7B tai 7D kohdassa madriteltyjen
laitteiden tai ohjelmien "kehittdmistd" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A tai 7B kohdassa mériteltyjen
laitteiden "tuotantoa" varten. ‘

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A001 - 7A004 kohdan laitteiden
korjaukseen, kunnostukseen tai huoltoon;

Huom:

7E003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi yllépito"teknologiaa", joka liittyy suoraan
"siviili-ilma-alusten” ylldpitotaso 1 tai ylldpitotaso II:ssa kuvattuun viallisten tai
ei-huollettavien LRU-yksikdiden ja SRA-kokoonpanojen kalibrointiin, poistoon tai
vaihtoon.

Huom: Katso Tekn. huom. 7B001 kohdassa.

Seuraava muu "teknologia":

a. Seuraavien laitteiden tai jérjestelmien "kehittimiseen" tai "tuotantoon" tarkoitettu
"teknologia":

1.

Ilmassa kaytettivit automaattiset suuntimalaitteet, jotka toimivat yli 5 MHz:n
taajuuksilla;

2. Lentoarvojirjestelmit, jotka perustuvat vain staattiseen maanpintatietoon, ts. jotka
korvaavat konventionaaliset ilmatietosondit;

3. "lma-alusten" rasterityyppiset tuulilasindytét tai kolmiulotteiset niytot;

4. Inertiasuunnistusjérjestelmdt tai hyrritihtikompassit, jotka sisiltivit 7A001 tai 7A002
kohdissa médriteltyja kiihtyvyysmittareita tai gyroskooppeja;

5. Sahkdiset toimilaitteet (so. sihkdmekaaninen, sihkshydrostaattinen ja integroitu
toimilaitejérjestelma), jotka on erityisesti suunniteltu "primiéristi lennonohjausta”
varten;

6.  "Lennonohjauksen optinen anturijérjestelmi”, joka on erityisesti suunniteltu
"aktiivisten lennonohjausjérjestelmien" toteuttamiseksi.

b.  Seuraava "kehittimis""teknologia"" aktiivisia lennonohjausjérjestelmid" varten

(mukaanlukien fly-by-wire- tai fly-by-light-jirjestelmat):

1.

Konfiguraatiosuunnittelu useiden mikroelektronisten prosessointiyksikéiden

(on-board-tietokoneiden) yhdistdmiseksi suorittamaan tosiaikaista ksittelyd

ohjauss#intSjen soveltamiseksi;

Anturien paikan tai lentokonerakenteiden dynaamisen kuormituksen

ohjaussézntdkompensointi, ts. anturien tirindympéristdn tai anturien sijainnin

vaihtelun kompensointi painopisteen suhteen;

Elektroninen redundanttien tietojen tai jérjestelmien hallinta vian havaitsemista, vian

sietoa, vian eristimisti tai uudelleenkonfigurointia varten;

Huom: 7E004.b.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "teknologiaa" fyysisen
redundanssin suunnittelua varten.

Lennonohjausjérjestelmiit, jotka sallivat lennon aikaisen voima- ja momenttiohjausten

uudelleenkonfiguroinnin ilma-aluksen tosiaikaista autonomista ohjausta varten;
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7E101

7E102

7E104

b.  jatkuu

5. Digitaalisten lennonohjaus-, navigointi- ja moottorinohjaustietojen integrointi
digitaaliseksi lennonhallintajirjestelmaksi "lennon kokonaisohjusta" varten;
Huom: 7E004.b.5 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a)  "Kehittdmis""teknologiaa” digitaalisen lennonohjauksen,
navigoinnin ja tyontdvoiman ohjaustietojen integroimiseksi
digitaaliseksi lennonhallintajérjestelmdiksi "lentoradan
optimointia” varten.

b)  Sellaisten "lentokoneen" instrumenttijdrjestelmien
“kehittamis""teknologiaa”, jotka on integroitu ainoastaan
seuraavia navigointi- tai laskeutumisjdrjestelmid varten:
VOR-, DME, ILS- tai MLS-navigointia tai -léhestymistd varten.

6.  "Tiyden auktoriteetin digitaaliset lennonohjausjirjestelmét” tai monianturiset
lentotehtéivin hallintajirjestelmit, jotka sisaltivit "asiantuntijajérjestelmid";
Huom: "Teknologia" tiyden auktoriteetin digitaalista moottorin ohjausta

("FADEC") varten: katso 9E003.a.9 kohta.

c.  "Teknologia" seuraavien helikopterijirjestelmien "kehittdmista" varten:

1. Moniakseliset fly-by-wire- tai fly-by-light-ohjaukset, jotka yhdistédvét toiminnot
vihintin kahdesta seuraavasta ohjauksesta yhdeksi ohjaavaksi elementiksi:
a.  Nousu- ja laskuohjaukset;
b.  Vaakatason ohjaukset;
c. Suuntapoikkeaman ohjaukset;

2. "Ilmavirran avulla sdddellyt vastamomentti- tai suunnanohjausjarjestelmét";

3. Roottorilavat, jotka sisiltivit "muuttuvan geometrian kantopintoja" ja joita kéytetdén
yksittiisid lapoja ohjaavissa jérjestelmissi.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A001 - 7A006, 7A101 - 7A106,
7A115 - 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 - 7D103 kohdassa miériteltyjen
laitteiden kdytt64 varten.

Seuraavat "teknologiat” ilmailuelektroniikan ja sdhkoisten alajérjestelmien suojaamiseksi ulkoisista
léhteistd aiheutuvaa sihkdmagneettisen pulssin (EMP = Electro Magnetic Pulse) seka
sdhkémagneettisen hiirion (EMI = Electro Magnetic Interference) uhkaa vastaan:

a. Suojausjérjestelmien suunnittelu"teknologia";
b.  Suunnittelu"teknologia" vahvennettujen sihkdisten piirien ja alajérjestelmien konfigurointia
varten;

¢.  Suunnittelu"teknologia" 7E102.a ja 7E102.b kohdan vahvennuskriteerien méérittely4 varten.

"Teknologia" lennon ohjaus-, ohjautus- ja tydntévoimatietojen integrointiin
lennonhallintajérjestelmaksi rakettijérjestelmén lentoradan optimoimiseksi.
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RYHMA 8 - MERITEKNOLOGIA

8A

8A001

Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

Seuraavat vedenalaiset tai pinta-alukset:

Huom: Vedenalaisten alusten valvonnanalaisuuden selvitidmiseksi, katso myds:
3 ryhmd 2 osa: "Tiedonsuojaus” salattua viestintid suorittavat
laitteet;

6 ryhmd: anturit;
7 ja 8 ryhmd: navigointilaitteet,
84 ryhmad: vedenalaiset laitteet.

a.  Miehitetyt kytketyt vedenalaiset alukset, jotka on suunniteltu toimimaan yli
1 000 m:n syvyyksissg;

b.  Miehitetyt kytkemittomit vedenalaiset alukset, joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:
1. Ne on suunniteltu 'toimimaan itsendisesti’ ja niilld on kaikki seuraavat nostokyvyt:
a. 10 % tai enemmin niiden painosta ilmassa; ja

b. 15 kN tai enemmin;
2. Suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksiss4; tai
3. Niilld on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a.  Ne on suunniteltu 4:n tai useamman hengen miehist4 varten;
b Ne on suunniteltu 'toimimaan itsendisesti' 10 tuntia tai pidempéén;
¢.  'Toimintasidde' on 25 merimailia tai enemmin; ja
d Pituus on 21 m tai vihemmiin;

Tekn. huom:

1 8A4001.b kohdassa 'toimii itsendiisesti’ tarkoittaa toimintaa taysin sukelluksissa,
ilman snorkkelia, kaikki jdrjestelmdit toiminnassa ja kulkemista silld
miniminopeudella, jolla sukelluslaite voi turvallisesti ohjata dynaamisesti
syvyyttddn kdyttamdlld vain syvyysohjaimiaan ja tarvitsematta tukialusta tai
pinnalla, merenpohjassa tai maalla olevaa tukiasemaa, sekd sukellus- tai
pintakdyttéon soveltuvia tyontovoimajdrjestelmid.

2. 84001.b kohdassa 'toimintasdde’ tarkoittaa puolta maksimietdisyydestd, josta
sukelluslaite voi suoriutua.

c.  Miehittimittomit, kytketyt vedenalaiset alukset, jotka on suunniteltu toimimaan yli
1 000 m:n syvyyksissi ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Ne on suunniteltu itseliikkuviksi 8A002.a.2 kohdassa médriteltyjd
tyontévoimamoottoreita tai sysdimii kiyttden; tai
2. Joilla on kuituoptinen tietoyhteys;

d.  Miehittdmittdmat, kytkemattdmat vedenalaiset alukset:
1. Jotka on suunniteltu valitsemaan kurssi minkd tahansa maantieteellisen kohteen
suhteen ilman ihmisen tosiaikaista avustusta;
2. Joilla on akustinen tieto- tai komentoyhteys; tai
3. Joilla on kuituoptinen tieto- tai komentoyhteys, joka ylittdd 1 000 m;
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e.  Valtameripelastusjirjestelmit, joiden nostokyky ylittad 5 MN, jotka on tarkoitettu
pelastamaan kohteita yli 250 m:n syvyyksisti ja joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1.  Dynaaminen paikannusjérjestelmé, jolla asema voidaan sdilyttdd 20 metrin
tarkkuudella navigointijérjestelmin antaman pisteen suhteen; tai

2.  Merenpohjanavigoinnin ja navigoinnin integraatiojirjestelmit yli 1 000 m metrin
syvyyksille, joiden paikannustarkkuus on alle 10 m ennalta annetusta pisteests;

f. (T8ysin helmoitetut) ilmatyynyalukset, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1.  Suunniteitu maksiminopeus tiydessi lastissa ylittdd 30 solmua merkitsevin
aallonkorkeuden ollessa 1,25 m (merenkiyntitila 3) tai enemmin;
2. Tyynypaine ylittdd 3 830 Pa; ja
3.  Tyhjin ja tiyteen lastatun aluksen uppoumasuhde on alle 0,70;

g. Sivurungoilla varustetut ilmatyynyalukset, joiden suunniteltu maksiminopeus tiydessé
- lastissa ylittdd 40 solmua merkitsevin aallonkorkeuden ollessa 3,25 m (merenkéyntitila 5)
tai enemmin;

h.  Kantosiipialukset, joissa on aktiiviset jirjestelmit kantosiipien automaattiseksi
ohjaamiseksi ja joiden maksiminopeus tdydessi lastissa on 40 solmua tai enemmén
merkitsevén aallonkorkeuden ollessa 3,25 m (merenk&yntitila 5) tai enemmén;

i 'Pienen vesiviivapinta-alan alukset":

1. Joiden uppouma tdydess4 lastissa ylittdd 500 tonnia ja joiden suunniteltu
maksiminopeus tiydessd lastissa ylittdd 35 solmua merkitsevin aallonkorkeuden
ollessa 3,25 m (merenkéyntitila 5) tai enemmén; tai

2. Joiden uppouma tiydessi lastissa ylittdd 1 500 tonnia ja joiden suunniteltu
maksiminopeus tdydessi lastissa ylittdd 25 solmua merkitsevin aallonkorkeuden
ollessa 4 m (merenkéyntitila 6) tai enemman.

Tekn. huom:

'Pienen vesiviivapinta-alan alus' mddritelldcn seuraavalla kaavalla: vesiviivapinta-ala

suunnitellulla toimintasyvaykselld on vihemmdn kuin 2 x (uppouman tilavuus

suunnitellulla toimintasyvéiykselli)””.

8A002 Seuraavat jérjestelmat ja laitteet:
Huom: Vedenalaiset viestintdlaitteet: katso 5 ryhmd 1 osa - Tietoliikenne.

a. Seuraavat jarjestelmat ja laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu .
vedenalaisia aluksia varten ja jotka on tarkoitettu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksiss:
1. Painekotelot tai painerungot, joiden sisétilan lipimitta on yli 1,5 m;
2. Tasavirralla toimivat tySntovoimalaitteet;
3. Yhdyskaapelit ja niiden liittimet, joissa kéytetd4n optisia kuituja ja joissa on
synteettisid vahvikkeita;
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b.

Jarjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ohjaamaan automaattisesti
8A001 kohdassa miriteltyjen vedenalaisten alusten liikkeitd kdyttéen navigointitietoa ja
suljetun s##tdpiirin servo-ohjausta ja jotka:

1.  Mahdollistavat aluksen liikkumisen 10 m:n sisilld ennalta annetusta vesipatsaan

pisteestd;

2. Siilyttivit aluksen paikan 10 m:n sisilld ennalta maritellystd vesipatsaan
pisteestd; tai

3. Sdilyttavit aluksen etdisyyden 10 m:n tarkkuudella, kun seurataan merenpohjalla

tai sen alla olevaa kaapelia;
Kuituoptiset runkoldpiviennit ja -liittimet;

Seuraavat vedenalaiset ndytt6jarjestelmit:
1.  Seuraavat televisiojirjestelmit ja televisiokamerat:

a.  Televisiojirjestelmit (jotka koostuvat kamerasta, valonlihteisti,
monitorointi- ja signaalinvilityslaitteista), joiden rajaerottelu-tarkkuus
ilmassa mitattuna ylittdd 800 juovaa ja jotka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu vedenalaisen aluksen etiistoimintaan;

b.  Vedenalaiset televisiokamerat, joiden rajaerottelutarkkuus ilmassa mitattuna
ylittdd 1 100 juovaa;
c. Heikon valotason televisiokamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai

muunnettu vedenalaiseen kiytté6n siséltden kaikki seuraavat:

1. . 6A002.a.2.a kohdassa mériteltyji kuvanvahvistinputkia; ja

2. Enemmin kuin 150 000 "aktiivista pikselid" puolijohdepinta-
alamatriisia kohti;
Tekn. huom:
Television rajaerottelutarkkuus on horisontaalisen resoluution mitta,
Joka tavallisesti ilmaistaan testitaulukosta erottuvana
maksimijuovalukuna kuvan korkeutta kohti kdyttéen IEEE:n
standardia 208/1960 tai jotain vastaavaa standardia.

2. Jarjestelmiit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen aluksen
etdistoimintaan ja jotka kayttdvit tekniikkaa, jolla minimoidaan takaisinsironnan
vaikutuksia, mukaan lukien etdisyyden mukaan toimivat valonldhteet tai
"laser"jdrjestelmit;

Valokuvauskamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen kiytto6n
yli 150 m:n syvyydess4, joiden filmikoko on 35 mm tai suurempi ja joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1. Joissa filmiin voidaan sisillytt4i tietoa kameran ulkopuolisesta ldhteesti;
2. Joissa on automaattinen polttovilin taustakorjaus; tai
3. Joissa on automaattinen kompensointiohjaus, joka on erityisesti suunniteltu

sallimaan vedenalaisen kameran kotelon kiyttd yli 1 000 m:n syvyyksissi;

Elektroniset kuvausjirjestelmét, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
vedenalaiseen kiytt66n ja jotka kykenevit tallettamaan digitaalisesti enemmén kuin
50 kuvaa;

Seuraavat erityisesti vedenalaiseen kiytt5on suunnitellut tai muunnetut
valonlghdejdrjestelmiit:
1. Stroboskooppiset valonléhteet, jotka kykenevit antamaan yli 300 J:n suuruisen
valoenergian vildhdystd kohti ja joiden valdhdysnopeus on enemmén kuin
5 vildhdysti sekunnissa;
2. Argonvalokaarijirjestelmét, jotka on erityisesti suunniteltu kaytettavéksi yli
1 000 m:n syvyyksissi;
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h.

Erityisesti vedenalaiseen kdytto6n suunnitellut "robotit", joita ohjataan kayttamalld

dedikoitua "ohjelmallisesti ohjattua” tietokonetta ja jotka:

1. Siséltavit jarjestelmid, jotka ohjaavat "robottia” kdyttien tietoa antureilta, jotka
mittaavat ulkoiseen kohteeseen kohdistettua voimaa tai momenttia, ulkoisen
kohteen etdisyytti tai "robotin" ja ulkoisen kohteen vilisti tuntoaistia; tai

2. Kykenevit aikaansaamaan 250 N:n tai suuremman voiman tai 250 Nm:n tai
suuremman momentin ja joiden rakenne-elimissi on kiytetty titaanipohjaisia
seoksia tai "kuitu- tai sdie""komposiitti"materiaaleja;

Etiisohjatut nivelmanipulaattorit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu

kaytettidviksi vedenalaisissa aluksissa ja:

1. Joissa on jérjestelmid, jotka ohjaavat manipulaattoreita kiyttéden antureiden tietoa,
jotka mittaavat ulkoiseen kohteeseen kohdistettua voimaa tai momenttia tai
tuntoaistia manipulaattorin ja ulkoisen kohteen vilills; tai

2. Joita ohjataan isdnti-orja-suhdes#tstekniikalla tai jotka kdyttavit dedikoitua
"ohjelmallisesti ohjattua” tietokonetta ja joilla on 5 tai useampia liikkeen
vapausasteita;

Huom: Vain ne toiminnot, joilla on asennon takaisinkytkentdd kayttavai
Suhdesdiditd tai jotka kéyttivit dedikoitua "ohjelmallisesti ohjattua”
tietokonetta otetaan huomioon vapausasteiden lukumdadrdd
mddritettdessd.

Seuraavat ilmasta riippumattomat, erityisesti vedenalaiseen kiytt66n suunnitellut
tehojérjestelmit:

1. Brayton- tai Rankine-moottorien ilmasta riippumattomat jérjestelmit, joilla on
jokin seuraavista:

a.  Kemialliset pesuri- tai imeytysjarjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu
poistamaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja ainehiukkasia kierrétetyistd
moottorin pakokaasuista;

b.  Jirjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu kiyttdmadn yksiatomista kaasua;

c.  Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat
kiinnityslaitteet; tai

d.  Erityisesti suunnitellut jirjestelmaét:

1.  Jotka paineistavat reaktiotuotteita tai puhdistavat polttoainetta
(reforming-menetelmalld);

2. Jotka varastoivat reaktiotuotteita; ja

3. Jotka poistavat reaktiotuotteita 100 kPa:n tai suurempaa painetta
vastaan,

2. Dieselmoottorien ilmasta riippumattomat jirjestelmat, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a.  Kemialliset pesuri- tai imeytysjérjestelmat, jotka on erityisesti suunniteltu
poistamaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia tai ainehiukkasia kierrétetyistd
moottorin pakokaasuista;

b.  Jirjestelmat, jotka on erityisesti suunniteltu kiyttiméén yksiatomista kaasua;

c.  Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat
kiinnityslaitteet; ja

d.  Erityisesti suunnitellut pakokaasujérjestelmét, jotka eivit poista
palamistuloksia jatkuvasti;
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8A002 j- jatkuu

3.

Polttokennojen ilmasta riippumattomat jérjestelmét, joiden teho ylittds 2 kW ja

joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksien melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat
kiinnityslaitteet; tai

b.  Jarjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu:

1.  Paineistamaan reaktiotuotteita tai uudistamaan polttoainetta;
2.  Varastoimaan reaktiotuotteita; ja
3.  Poistamaan reaktiotuotteet yli 100 kPa:n painetta vastaan;

Stirling- moottorien ilmasta riippumattomat jérjestelmit, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
a.  Laitteet taj suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat
kiinnityslaitteet; ja
b.  Jotka poistavat reaktiotuotteita 100 kPa:n tai suurempaa painetta vastaan;

k. Helmat, tiivisteet tai liuskat:

1.

Jotka on suunniteltu 3 830 Pa:n tai suurempia tyynypaineita varten, jotka toimivat
merkitsevissd 1,25 m:n (merenkéyntitila 3) tai korkeammassa aallokossa ja jotka
on erityisesti suunniteltu 8A001.f kohdassa miriteltyji kokonaan helmoitettuja
ilmatyynyaluksia varten; tai

Jotka on suunnitéltu 6 224 Pa:n tai suurempia tyynypaineita varten, jotka toimivat
aallokossa, jonka merkitsevi aallonkorkeus on 3,25 metri4 (merenkdyntitila 5) tai
enemmin, ja jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.g kohdassa madriteltyja jaykilla
sivuseinilld varustettuja ilmatyynyaluksia varten;

1. Nostopuhaltimet, jotka on mitoitettu yli 400 kW:1le ja jotka on erityisesti suunniteltu
8A001.ftai 8A001.g kohdassa miériteltyji ilmatyynyaluksia varten;

m.  Téysin veden alla toimivat kavitoimattomat tai ylikavitoivat kantosiivet, jotka on
erityisesti suunniteltu 8A001.h. kohdassa miiriteltyji aluksia varten;

n.  Aktiiviset jrjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu automaattisesti
kontrolloimaan aallokon aiheuttamaa liikettd 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h tai 8A001.i
kohdassa mé#ritellyissi aluksissa;

0.  Seuraavat potkurit, tehonsiirtojirjestelmat, tehontuottojirjestelmit tai
melunvaimennusjérjestelmat:

1.

Seuraavat potkuri- tai tehonsiirtojarjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu
8A001.f, 8A001.g, 8A001.h tai 8A001.i kohdassa méiriteltyjd ilmatyynyaluksia
(kokonaan helmoitettuja tai jiykkasivulaitaisia), kantosiipialuksia tai pienen
vesiviivapinta-alan aluksia varten:
a.  Ylikavitoivat, ylituuletetut, osittain vedenalaiset tai pintaa leikkaavat yli
7,5 MW:lle mitoitetut potkurit;
b.  Vastakkain pyorivét potkurijérjestelmat, jotka on mitoitettu yli 15 MW:lle;
c.  Jarjestelmt, jotka kéyttdvat tulopyOrre- tai jattopySrretekniikkaa
tasoittamaan potkurivirtausta;
d.  Erikoiskevyet, korkeakapasiteettiset (K-arvo ylittad 300) alennusvaihteet;
e.  Tehonsiirron akselijirjestelmat, jotka sisaltavit komponentteja
komposiittimateriaaleista ja jotka kykenevat siirtdiméén enemmén kuin
1 MW;
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8A002

8B

8B001

o. jatkuu
2. Seuraavat aluksissa kdytettavit potkurit, tehojérjestelmit tai tehonsiirtojarjestelmat:
a.  Saatosiipipotkurit ja niiden napakokoonpanot, jotka on mitoitettu yli
30 MW:lle;
b.  Sisdisesti nestejadhdytetyt sihk6-tydntdvoimamoottorit, joiden antoteho
ylittdd 2,5 MW;
c. "Suprajohde"tyéntévoimamoottorit tai kestomagneetti-

tyontdvoimamoottorit, joiden antoteho ylittdd 0,1 MW;
d.  Tehonsiirron akselijarjestelmit, jotka sisdltdvit komponentteja
"komposiitti"materiaaleista ja jotka kykenevit siirtimééin enemmén kuin

2MW;
e.  Tuuletetut tai jashdytetyt potkurijérjestelmit, jotka on mitoitettu yli
2,5 MW:lle;
3. Seuraavat melunvaimennusjérjestelmit, joita kiytetdsn 1 000 tonnin tai

suuremman uppouman aluksissa:

a.  Melunvaimennusjérjestelmit, jotka vaimentavat alle 500 Hz:n taajuuksia ja
jotka koostuvat akustisista jalustoista dieselmoottoreita,
dieselgeneraattoreita, kaasuturbiineita, kaasu-turbiinigeneraattoreita,
tySntévoimamoottoreita tai niiden alennusvaihteita varten, ja jotka on
erityisesti suunniteltu melun tai tirindn vaimentamiseen, ja joiden oma
massa ylittéd4 30 % asennettavien laitteiden massasta;

b.  Aktiiviset d4nen vaimennus- tai kumoamisjérjestelmiit, tai erityisesti
tehonsiirtojirjestelmiin suunnitellut magneettiset laakerit, jotka sisaltavit
elektronisia ohjausjérjestelmid, ja jotka kykenevit aktiivisesti vihentdméazn
laitteiden tdrind4 tuottamalla melun tai tirindn vastasignaaleja suoraan melun
tai tirinin lihteeseen;

p-  Vesisuihkutybntdvoimajirjestelmit, joiden ulostuloteho ylittdd 2,5 MW ja jotka kayttavit
suunnattavaa suutinta ja virtausta siitelevi siipitekniikkaa parantamaan tyontétehoa tai
vihentdmain koneen aiheuttamaa veden alla levidvdd melua.

q. Sukeltamiseen ja vedenalaiseen uintiin soveltuvat itsengiset, suljetun tai puolisuljetun
kierron (rebreathing-) laitteet.
Huom: 84002.q kohta ei aseta valvonnanalaiseksi henkilokohtaiseen kdyttoon
tarkoitettuja yksittdisid laitteita, jotka ovat kdyttdjansd mukana.

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet
Vesitunnelit, joiden taustamelu on vihemman kuin 100 dB (vertailuarvo 1 uPa, 1 Hz)

taajuusalueella 0 Hz - 500 Hz ja jotka on suunniteltu mittaamaan veden virtauksen synnyttdméai
akustista kenttdd tySntovoimajérjestelmien mallien ympérilla.
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8C

8C001

8D

8D001

8D002

SE

8E001

8E002

Materiaalit

'Syntaktiset vaahdot' vedenalaiseen kéytt56n:
a.  Jotka on suunniteltu yli 1 000 m:n syvyyksille; ja
b.  Joiden tiheys on vihemmin kuin 561 kg/m’.

Tekn. huom:
‘Syntaktinen vaahto' koostuu ontoista muovi- tai lasipalloista, jotka on upotettu
hartsimatriisiin.

Ohjelmistot

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 8A, 8B tai 8C kohdassa
médriteltyjen laitteiden tai materiaalien "kehittdmisti", "tuotantoa" tai "kdytt6d" varten.

Erityiset "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen melun

vahentdmiseen tarkoitettujen potkurien "kehittimistd", "tuotantoa”, korjausta, huoltoa tai
uudistamista (uudelleenkoneistamista) varten.

Teknologia

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 8A, 8B tai 8C kohdassa méériteltyjen
laitteiden tai materiaalien "kehittdmist" tai "tuotantoa" varten.

Seuraava muu "teknologia":
a. "Teknologia", joka on tarkoitettu erityisesti vedenalaisen melun vihentimiseen

suunniteltujen potkurien "kehittdmistid", "tuotantoa”, korjausta, huoltoa tai
uudelleenkoneistamista varten;

b.  "Teknologia", joka on tarkoitettu 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.0 tai 8A002.p
kohdassa médriteltyjen laitteiden huoltoa tai kunnostamista varten.
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RYHMA 9 - TYONTOVOIMALAITTEET, AVARUUSALUKSET JA NITHIN

9A

9A001

9A002

9A003

9A004

9A005

LOTTYVAT LAITTEET

Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

Huom: Tyontovoimajdrjestelmdt, jotka on suunniteltu tai mitoitettu neutroni- tai
lyhytaikaista ionisoivaa sdteilyd vastaan: katso asetarvikeluettelo.

Seuraavat lentokoneiden kaasuturbiinimoottorit, jotka siséltivit jotain 9E003.a kohdassa
médriteltyd "teknologiaa":
Huom: KATSO MYOS 9A101 KOHTA.

a.  Joita ei ole hyviksytty kdytettdviksi siind madritellyssd "siviililentokoneessa", jota varten
ne on aiottu;
b.  Joita "osallistujavaltion” siviili-ilmailuviranomaiset eivit ole hyvéksyneet siviilikdytt66n;
c. Jotka on suunniteltu lentdmé&in yli 1,2 Machin matkanopeudella pidemp#én kuin
30 minuuttia.

Laivojen kaasuturbiinimoottorit, joiden médritelty ISO-standardin mukainen jatkuva teho on
24 245 kW tai enemmin ja polttoaineen nimelliskulutus on vihemmién kuin

0,219 kg/kWh 35 - 100 % tehoalueella, seki niitd varten erityisesti suunnitellut kokoonpanot ja
komponentit.

Huom: Termi 'laivojen kaasuturbiinimoottorit’ sisdltid myos sellaiset kaasuturbiinien
teolliset tai ilmailuversiot, joita kiytetddn laivojen tydntovoimajdrjestelmissa tai
sdhkontuotantoon aluksilla.

Erityisesti suunnitellut kokoonpanot ja komponentit, jotka sisiltdvit mitd tahansa
9E003.a kohdassa miériteltya "teknologiaa", seuraavia kaasuturbiinityntovoima-jérjestelmia
varten:

a. Jotka on médritelty 9A001 kohdassa;
b.  Joiden suunnittelu- tai tuotantoalkuperi ei ole "osallistujavaltiosta" tai on valmistajalle
tuntematon.

Avaruuteen laukaisussa kaytettavit kantoraketit tai "avaruusalukset”. ‘
Huom: KATSO MYOS 9A104 KOHTA.
Huom.: 94004 kohta ei aseta valvonnanalaisiksi hydtykuormia.
Huom.: "Avaruusalusten” hyétykuormiin sisdltyvien tuotteiden

valvonnanalaisuuden mddrittimiseksi, katso soveltuvat ryhmdit.

Nestemdistd polttoainetta kdyttévien rakettien tydntSvoimajérjestelmit, jotka siséltavat mitd
tahansa 9A006 kohdassa mriteltyjé jarjestelmid tai komponentteja.
Huom: KATSO MYOS 9A105 ja 9A119 KOHTA.
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94006

9A007

Seuraavat jirjestelmit tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu nestemdisti polttoainetta
kéyttavien rakettien tydntdvoimajdrjestelmiin:
Huom: KATSO MYOS 9A106 ja 9A108 KOHTA.

Kryogeeniset jadhdyttimet, lentokeveit dewar-sdilitt, kryogeeniset limpSputket tai
kryogeeniset jarjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu kiytettdviksi avaruusaluksissa ja
jotka kykeneviit rajoittamaan kryogeenisen nesteen hukan vihempéin kuin

30 % vuodessa;

Kryogeeniset siilitt tai suljetun kierron jaghdytysjirjestelmat, jotka kykenevit tuottamaan
100 K (-173°C) astetta tai alempia ldmpétiloja, yli 3 Machin lentonopeutta ylldpitdméaén
tarkoitettuja lentokoneita, kantoraketteja tai "avaruusaluksia" varten;

Nesteméisen vedyn varastointi- tai siirtojirjestelmdt;

Korkeapaineiset (yli 17,5 MPa) turbopumput, pumppujen komponentit tai niihin littyvat
kaasugeneraattorit tai laajenemissyklin turbiinimoottorijarjestelmat;

Korkeapaineiset (yli 10,6 MPa) tyéntokammiot ja niiden suuttimet;

Polttoaineen varastointijérjestelmat, jotka kéyttévit kapillaarista sdilytystd tai positiivista
(esim. joustavilla palkeilla aikaansaatua) poistoperiaatetta;

Erityisesti nesteméisti polttoainetta kiyttiville rakettimoottoreille suunnitellut
nestemdisen polttoaineen injektorit, joiden yksittdiset suuttimet ovat l4pimitaltaan
0,381 mm tai pienemmiit (ei-pydreiden aukkojen ala 1,14 x 10° cm? tai pienempi);

Yksiosaiset hiili-hiili palokammiot tai yksiosaiset hiili-hiili poistokartiot, joiden tiheydet
ylittavit 1,4 g/em® ja murtovetolujuus ylittd4 48 MPa.

Kiintedd polttoainetta kéyttivien rakettien tydntdvoimajirjestelmat, joilla on jokin seuraavista:
Huom: KATSO MYOS 9A119 KOHTA.

a.

b.

Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittdd 1,1 MNs;

Ominaisimpulssi on 2,4 kNs/kg tai enemmén kun suutinvirtausta laajennetaan siten, ettd
kammion paine on 7 MPa (suhteutettuna merenpinnan tasolle);

Vaiheiden massaosamairit ylittavit 88 % ja kiintedn polttoaineen tiyttosuhde ylittdd
86 %,

Jonkin 9A008 kohdassa médritellyistd komponenteista; tai

Eristeen ja polttoaineen vililli on sidosjdrjestelmiit, joissa kdytetddn suoraanliitettyd
moottorirakennetta muodostamaan 'vahva mekaaninen sidos' tai este kemialliselle
kulkeutumiselle kiintedn polttoaineen ja kotelon eristysmateriaalin vilille.

Tekn. huom:

9A4007.e kohdassa tarkoitetaan vahvalla mekaanisella sidoksella’ vihintddn polttoaineen
vahvuista sidosta.



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 192

9A008

9A009

9A010

Seuraavat erityisesti kiinte#ti polttoainetta kiyttdvien rakettien tydntovoimajérjestelmia varten
suunnitellut komponentit:
Huom:  KATSO MYOS 9A108 KOHTA.

a.  Eristeen ja polttoaineen viliset sidosjérjestelmat, joissa kiytetdsin vuorausta
muodostamaan ‘vahva mekaaninen sidos' tai este kemialliselle kulkeutumiselle kiinte&in
polttoaineen ja kotelon eristysmateriaalin vilille;

94008.a kohdassa tarkoitetaan ‘vahvalla mekaanisella sidoksella’ vihintdidn polttoaineen
vahvuista sidosta.

b.  Kuidusta kiedotusta "komposiitti"materiaalista valmistetut moottorikotelot, joiden
ldpimitta ylittdd 0,61 m tai joiden rakenteellinen tehokkuussuhde (PV/W) ylittd 25 km;
Tekn. huom:
Rakenteellinen tehokkuussuhde (PV/W) on puhkeamispaineen (P) ja astian tilavuuden (V)
tulo jaettuna paineastian kokonaispainolla (W).

c. Suuttimet, joiden tySntdvoimataso ylittdd 45 kN tai joiden kaulan kulumisnopeus on
vihemmin kuin 0,075 mm/s;

d.  Liikkuvan suuttimen tai sekundéérisen polttoaineen ruiskutuksen tydntovektorin
ohjausjarjestelmat:
1.  Jotka kykenevit yli & 5 asteen liikkeeseen akselinsa ympiri;
2. Joiden kulmavektoria voidaan kiintds 20 astetta sekunnissa tai enemmin; tai
3. Joiden kulmavektorikiihtyvyys on 40 astetta/s’ tai enemmin.

Hybridipolttoainetta kdyttévien rakettien tydntdvoimajérjestelmit, joiden:
Huom: KATSO MYOS 9A109 ja 9A119 KOHTA.

a. Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittdd 1,1 MNs; tai
b.  tyOntdvoima ylittdd tyhjdolosuhteissa 220 kN.

Seuraavat kantoraketteja tai kantorakettien tySntovoimalaitteita tai "avaruusaluksia” varten
erityisesti suunnitellut komponentit, jérjestelmit ja rakenteet:
Huom: KATSO MYOS 1A002 ja 9A110 KOHTA.

a. Kaikki 10 kg ylittdvit komponentit ja rakenteet, jotka on erityisesti suunniteltu 1C007 tai
1C010 kohdassa méériteltyjd metalli"matriiseja", "komposiitteja”, orgaanisia
"komposiitteja", keraamisia "matriiseja” tai metallivahvistettuja materiaaleja kdyttien
valmistettuja laukaisulaitteita varten;

Huom: Painorajoitus ei ole olennainen kdrkikartioille.

b.  Komponentit ja rakenteet, jotka on erityisesti suunniteltu
9A005-9A009 kohdassa mairiteltyihin laukaisulaitteiden tytntSvoima-jérjestelmiin, ja
jotka on valmistettu 1C007 tai 1C010 kohdassa méériteltyjd metallimatriiseja,
komposiitteja, orgaanisia komposiitteja, keraamisia komposiitteja tai metallivahvistettuja
materiaaleja kéyttden;

c.  Rakenteellisia komponentteja ja eristidvid jarjestelmis, jotka on erityisesti suunniteltu
aktiivisesti ohjaamaan "avaruusaluksen" rakenteiden dynaamisia reaktioita tai
muodonmuutoksia;

d.  Nestemisti polttoainetta kiyttivit sykdysrakettimoottorit, joiden tyont6/paino suhde on
1 kN/kg tai enemmin ja vasteaika (aika, joka tarvitaan saavuttamaan
90 % mitoitetusta tydntdvoimasta kdynnistyksestd) on vihemman kuin 30 ms.
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9A011]

9A101

9A104

9A105

9A106

Patoputki- (ramjet), ahtoputki- (scramjet) tai yhdistelmatahtimoottorit ja niiden erityisesti
suunnitellut komponentit.
Huom: KATSO MYOS 9A111 ja 9A118 KOHTA.

Seuraavat muut kuin 9A001 kohdassa mééritellyt keveit suihkuturbiini- ja ohivirtausmoottorit
(mukaan lukien yhdistelméturbiinimoottorit), joita voidaan kayttda "ohjuksissa":

a.  Moottorit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Maksimi (asentamattomana saavutettu) tySntévoiman arvo on suurempi kuin
1 000 N lukuun ottamatta hyviksyttyji siviilimoottoreita, joiden maksimi
(asentamattomana saavutettu) tySntdvoiman arvo on
suurempi kuin 8 890 N; ja
2.  Ominaispolttoaineen kulutus (merenpinnan tasolla vakio- ja normaaliolosuhteissa)
on 0,13 kg/N/h tai vihemmin; tai

b.  Moottorit, jotka on suunniteltu tai muunnettu kiytettiviksi "ohjuksissa”.

Luotainraketit, jotka kykenevét vahintéan 300 km:n kantomatkaan.
Huom: KATSO MYOS 9A004 KOHTA.

Seuraavat nestemdistd polttoainetta kiyttavat rakettimoottorit:
Huom: KATSO MYOS 9A119 KOHTA.

a.  Muut kuin 9A005 kohdassa midritellyt nestemdisti polttoainetta kéyttavit
rakettimoottorit, joita voidaan kéyttds "ohjuksissa" ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti
on 1,1 MNs tai suurempi;

b.  Muut kuin 9A005 tai 9A105.a kohdassa midritellyt nestemiisté polttoainetta kayttavit
rakettimoottorit, joita voidaan kiyttés kantomatkaltaan
300 km:n tiydellisissd rakettijérjestelmissi tai miehittdméattdmissé ilma-aluksissa ja
Jjoiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 0,841 MNs tai suurempi.

Seuraavat muut kuin 9A006 kohdassa miéritellyt nestemdistd polttoainetta kiyttiviin
raketteihin erityisesti suunnitellut jérjestelmt ja komponentit, joita voidaan kéyttdd ohjuksissa:

a. Ty6ntovoima- ja palokammioiden kuluvat vuoraukset;
b. Rakettien suuttimet;

c. Ty6ntovoimavektorin ohjauksen alajirjestelmat;
Tekn. huom:
Esimerkkejd tavoista, joilla saavutetaan 94106.c kohdassa mddritelty
tyontovoimavektorin ohjaus:
Taipuisa suutin,
Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
Liikkuva moottori tai suutin,
Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
Tyontovoimalaipat,

LA N~
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9A106

9A107

9A108 -

9A109

jatkuu

Nestemdisen ja lietemiisen ajoaineen (my®&s hapettimien) ohjausjérjestelmat seké niitd

varten erityisesti suunnitellut komponentit, jotka on suunniteltu tai muunnettu toimimaan

yli 10 g:n rms ja 20-2 000 Hz:n térindolosuhteissa.

Huom: Ainoat servoventtiilit ja pumput, jotka on mddritelty 94106.d kohdassa ovat
seuraavat:

a Servoventtiilit, jotka on suunniteltu 24 litran minuutissa tai
suuremmille virtausnopeuksille, 7 MPa tai suuremmalle
absoluuttipaineelle ja joiden toimilaitteen vasteaika on vihemmdin
kuin 100 ms;

b.  Pumput nestemdisid polttoaineita varten, joiden akselinopeudet ovat
Yhtdsuuria tai suurempia kuin 8 000 rpm tai joiden poistumispaineet
ovat yhtdsuuria tai suurempia kuin 7 MPa.

Muut kuin 9A007 kohdassa mééritellyt kiintedd polttoainetta kdyttévit rakettimoottorit, joita
voidaan kéyttsis kantomatkaltaan 300 km:n tdydellisissi rakettijérjestelmissé tai
miehittiméttomissd ilma-aluksissa ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on

0,841 MNss tai suurempi.

Huom:  KATSO MYOS 9A119 KOHTA.

Seuraavat muut kuin 9A008 kohdassa maéritellyt komponentit, joita voidaan kaytt4s
"ohjuksissa" ja jotka on erityisesti suunniteltu kiinted polttoainetta kayttivien rakettien
tydntévoimajirjestelmii varten:

a.

b.

Rakettimoottorien kotelot, niiden "sisdpinnanvuoraukset" ja "eristykset";
Rakettien suuttimet;

Tydntévoimavektorin ohjauksen alajdrjestelmiit.

Tekn. huom:

Esimerkkeja tavoista, joilla saavutetaan 94108.c kohdassa mddritelty
tyontovoimavektorin ohjaus:

Taipuisa suutin;

Neste- tai toisiokaasusuihkutus;

Liikkuva moottori tai suutin;

Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
Tyontovoimalaipat.

LA W~

Muut kuin 9A009 kohdassa médritellyt hybridirakettimoottorit, joita voidaan kayttad
”ohjuksissa” ja erityisesti njitﬁ varten suunnitellut komponentit.
Huom: KATSO MYOS 9A119 KOHTA.
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9A110

9A111

9A115

9A116

9A117

9A118

9A119

Muut kuin 9A010 kohdassa maéritellyt komposiittirakenteet, -laminaatit ja niist4 tehdyt
valmisteet, jotka on erityisesti suunniteltu kiytettiviksi 9A004 kohdassa méiritellyissa
avaruuteen laukaisussa kiytettiivissd kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa médritellyissd
luotainraketeissa tai 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106-9A108, 9A116 tai 9A119 kohdassa
médritellyissd alajirjestelmissi.

Huom:  KATSO MYOS 1A002 KOHTA.

Pulssisuihkumoottorit, joita voidaan kiyttad "ohjuksissa", sekd niitd varten erityisesti
suunnitellut komponentit.
Huom: KATSO MYOS 9A011 ja 9A118 KOHTA.

Seuraavat 9A004 kohdassa méiriteltyjd avaruuteen laukaisussa kiytettivid kantoraketteja tai
9A104 kohdassa méidriteltyjd luotainraketteja varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut
laukaisuapulaitteet:

a. Kojeet ja laitteet kisittelyd, hallintaa, aktivointia tai laukaisua varten;

b.  Ajoneuvot kuljetusta, kisittelyd, hallintaa, aktivointia tai laukaisua varten.

Seuraavat "ohjuksissa" kdyttokelpoiset ilmakeh&in palaamaan suunnitellut alukset seki niitd
varten suunnitellut tai muunnetut laitteet:

a.  Ilmakeh#in palaamaan suunnitellut alukset;

b.  Keraamisista tai sulamalla kuluvista aineista valmistetut limpsuojukset ja niiden osat;

c. Kevyistd, suuren ominaislimmon omaavista aineista valmistetut jadhdytyslevyt ja niiden
osat;

d.  Ilmakehdin palaaviin aluksiin erityisesti suunnitellut elektroniset laitteet.

"Ohjuksissa" kiyttokelpoiset rakettien vaiheistusmekanismit, irrotusmekanismit ja vaiheiden
viliset laitteet.

9A011 tai 9A111 kohdassa méiritellyissd "ohjuksissa" kéyttSkelpoisten moottorien
palonsiitelylaitteet.

Muut kuin 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 ja 9A109 kohdassa maéritellyt yksittdiset
rakettien vaiheet, joita voidaan kiyttis kantomatkaltaan 300 km:n tdydellisissd
rakettijarjestelmissi tai miehittdméttdmissé ilma-aluksissa.
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9B

9B001

9B002

9B003

9B004

9B005

9B006

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet, tyokalut tai kiinnittimet kaasuturbiinien lapojen,
siipien tai kéirkivaipan valujen valmistamiseen tai mittaukseen:

a. Laitteet suunnattua kiinteytysti tai yksikidevalua varten;

b.  Keraamiset ytimet tai kuoret;

On-line (tosiaikaiset) -ohjausjirjestelmat, instrumentointi (anturit mukaan lukien) tai
automaattiset tiedonkeruu- ja -késittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 9E003.a kohdassa
méidriteltyd "teknologiaa" siséltivien kaasuturbiinimoottorien, niiden kokoonpanojen tai
komponenttien "kehittimiseen".

Valmistus- ja testauslaitteet sellaisten kaasuturbiinien harjatiivisteiden tuotantoon, jotka on
suunniteltu toimimaan 335 m/s ylittdvilla kirkien nopeuksilla ja yli A
773 K (500°C) asteen limpétiloissa, sekd ndiden laitteiden erityisesti suunnitellut osat ja
varusteet.

Tyokalut, suulakkeet, tai kiinnittimet "superseoksen", titaanin tai 9£003.a.3 tai
9E003.a.6 kohdassa médriteltyjen metalliyhdisteiden airfoil-to-disk-yhdistelmien mekaaniseen
liittdmiseen kaasuturbiineita varten,

On-line (tosiaikaiset) -ohjausjérjestelmat, instrumentointi (anturit mukaan lukien) tai
automaattiset tiedonkeruu- ja -kisittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu kiytettdvaksi
seuraavissa tuulitunneleissa tai laitteissa:

Huom: KATSO MYOS 9B105 KOHTA.

a. Tuulitunnelit, jotka on suunniteltu 1,2 Machin tai suuremmille nopeuksille;
paitsi: Sellaiset, jotka on erityisesti suunniteltu koulutustarkoituksiin, ja joiden
testauslohkon koko (lateraalisesti mitattuna) on vihemman kuin 250 mm;
Tekn. huom:
9B005.a kohdassa testauslohkon koko tarkoittaa ympyrdn ldpimittaa, nelion sivua tai
suorakaiteen pisintd sivua testauslohkon laajimmalla kohdalla mitattuna.

b.  Laitteet, joilla simuloidaan virtausympéristsjd yli 5 Machin nopeuksilla, mukaanlukien
hot-shot-tunnelit, plasmakaaritunnelit, paineiskuputket, paineiskutunnelit, kaasutunnelit ja
kevyet kaasutykit; tai

¢.  Tuulitunnelit ja laitteet, muut kuin kaksidimensioiset lohkot, joilla voidaan simuloida
virtauksia, joiden Reynoldsin luku on yli 25 x 10°.

Erityisesti suunnitellut akustisen vardhtelyn testauslaitteet, joilla voidaan tuottaa

160 dB:n tai suurempia 4énenpainetasoja (verrattuna 20 pPa:iin), ja joiden nimellinen
ulostuloteho on 4 kW tai enemmén testikammion lampétilan ollessa yli

1273 K (1 000°C) astetta, sekd erityisesti niit4 varten suunnitellut kvartsikuumentimet.
Huom:  KATSO MYOS 9B106 KOHTA.
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9B007

9B008

9B009

9B105

9B106

9B115

9B116

9B117

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu rakettimoottorien eheyden tutkimiseen kiyttéien muita
ainetta rikkomattomia testimenetelmid (NDT) kuin tasordntgenii tai fysikaalisia tai kemiallisia
perusanalyyseji.

Muuntimet, jotka on erityisesti suunniteltu seinimén pintakitkan suoraan mittaamiseen
testausvirtauksella, jonka stagnaatiolimpétila ylittad 833 K (560°C) astetta.

Tydkalut, jotka on erityisesti suunniteltu sellaisten turbiinimoottorin jauhemetallurgisten
roottoriosien tuotantoon, jotka kykenevit toimimaan rasitustasolla, joka on 60 % tai enemmén
niiden murtovetolujuudesta (UTS) ja 873 K (600°C) asteen tai korkeammissa metallin
lampéotiloissa.

Mach 0,9 tai suuremmille nopeuksille tarkoitetut tuulitunnelit, joita voidaan kayttas "ohjuksia"
tai niiden alajérjestelmid varten. ‘
Huom:  KATSO MYOS 9B005 KOHTA.

Seuraavat ympiristoolosuhdekammiot tai kaiuttomat huoneet:

a.  Ympiristdolosuhdekammiot, joilla voidaan simuloida seuraavia lento-olosuhteita:
1. 10 g:n rms tai suurempia tdrindolosuhteita 20 Hz:n ja 2 000 Hz:n vililli ja 5 kKN:n
tai suuremmalla tdrindvoimalla; ja
2. 15 000 m:n tai suurempia korkeuksia; tai
3. Véhintiin 223 K (-50°C) - 398 K (+125°C) asteen limpétila-aluetta;

b.  Kaiuttomat huoneet, joilla voidaan simuloida seuraavia lento-olosuhteita:
1. 140 dB:n (verrattuna 20 pPa:iin) tai suurempia yleisdéinenpainetasoja
tai 4 kW:n tai suurempaa mitoitettua akustista tehoa; ja
2. 15 000 m:n tai suurempia korkeuksia; tai
3. Véhintisn 223 K (-50°C)-398 K (+125°C) asteen limpétila-aluetta.

Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet” 9A005-9A009, 9A011, 9A101,
9A105-9A109, 9A111, 9A116-9A119 kohdassa médriteltyj jarjestelmis, alajirjestelmiz ja
komponentteja varten.

Erityisesti suunniteflut "tuotantolaitteet” 9A004 kohdassa miriteltyja avaruuteen laukaisussa
kaytettdvid kantoraketteja varten tai 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A104-9A109, 9A111 tai
9A116-9A119 kohdassa miiriteltyji jarjestelmis, alajirjestelmis ja komponentteja varten.

Kiintedd tai nestemistd polttoainetta kiyttavii raketteja tai rakettimoottoreita varten tarkoitetut

testauspenkit ja testaustelineet, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a.  Ne kestdvit yli 90 kN ty6ntdvoimia; tai

b.  Niilld voidaan samanaikaisesti mitata kaikkien kolmen akselin
tydntdvoimakomponentteja.
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9C
9C110

Materiaalit

9A110 kohdassa médriteltyjd komposiittirakenteita, -laminaatteja ja niist4 tehtyjs valmisteita
varten tarkoitetut hartsilla kylldstetyt kuituprepregit ja metallipinnoitetut kuitupreformit niita
varten, jotka on valmistettu joko orgaanisesta tai metallimatriisista kiyttien kuitu- tai
siievahvisteita, joiden "ominaisvetolujuus" on suurempi kuin 7,62 x 10* m ja
"ominaiskimmomoduuli" suurempi kuin 3,18 x 10¢ m.

Huom: KATSO MYOS 1C010 ja 1C210 KOHTA.

Huom: Ainoat hartsikylldstetyt kuituprepregit, jotka on mddritelty 9C110 kohdassa ovat
ne, joissa kdytetdan hartseja, joiden lasittumisliampdétila (Ty) vulkanoinnin jélkeen
ylittdid 418 K (145 C) astetta ASTM D40635 tai vastaavan standardin mukaan
mddriteltynd.

9D Ohjelmistot

9D001

SD002

9D003

9D004

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A, 9B tai 9E003 kohdassa
médriteltyjen laitteiden tai "teknologian" "kehittamistd" varten.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A tai 9B kohdassa miriteltyjen
laitteiden "tuotantoa" varten.

Seuraavat "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A kohdassa miiriteltyjen
tySntdvoima-jérjestelmien "tdyden auktoriteetin digitaalisten moottorin ohjausten" ("FADEC")
tai 9B kohdassa madriteltyjen laitteiden "kaytt64" varten:

a. "Ohjelmistot" tydntévoimajirjestelmien, avaruustestauslaitteistojen, tai ilmaa-
hengittdvien lentokonemoottorien testauslaitteistojen digitaalielektronisia
ohjausjirjestelmid varten;

b.  Vikasietoiset "ohjelmistot", joita kiiytetasin tySntovoimajirjestelmien
"FADEC"-ohjauksissa ja niihin liittyvissd testauslaitteistoissa.

Seuraavat muut "ohjelmistot":

a.  2D- tai 3D-viskoosiset "ohjelmistot", jotka on varmennettu tuulitunneli- tai
lentotestitiedoilla, joita tarvitaan moottorivirtauksen yksityiskohtaiseen mallintamiseen;

b.  Lentokaasuturbiinimoottoreiden, niiden kokoonpanojen tai komponenttien testaamiseen
tarkoitetut "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu ker4smasn, rajaamaan ja
analysoimaan tietoja tosiajassa, ja jotka pystyvit takaisinkytkettyyn saétson, mukaan
lukien testauskohteiden ja testiolosuhteiden dynaaminen muuttaminen testauksen
kuluessa;

c. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu ohjaamaan suunnattua kiinteytysti tai
yksikidevalua;

d. "Lahdekoodilla", "kohdekoodilla" tai konekieliselld koodilla toimivat "ohjelmistot", joita
tarvitaan roottorisiipien kérkien vilyksen ohjauksen aktiivisten kompensointijarjestelmien
"kayt6ssd".

Huom: 9D004.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja", jotka on
asennettu valvonnan ulkopuolisiin laitteisiin tai joita tarvitaan
Ylldpitotehtavissd, jotka liittyviit aktiivisesti kompensoivien vélyksen
ohjausjdrjestelmien kalibrointiin, huoltoon tai ajanmukaistamiseen.
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9D101

9D103

9D104

9D105

9E

9E001

9E002

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9B105, 9B106, 9B116 tai
9B117 kohdassa méiriteltyjen laitteiden "kdytt64" varten.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 9A004 kohdassa midriteltyjen avaruuteen

laukaisussa kiytettdvien kantorakettien tai 9A104 kohdassa médriteltyjen luotainrakettien tai

kohdissa 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106, 9A108, 9A116 tai 9A119 madriteltyjen

alajérjestelmien suunnittelun integrointiin.

Huom: 9D103 kohdassa mddritellyt ohjelmat ovat valvonnanalaisia myds yhdistettynd
44102 kohdassa mddriteltyihin laitteisiin.

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g,
9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c, 9A106.d, 9A107,
9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 tai 9A118 kohdassa méairiteltyjen
tuotteiden “kayttod™ varten.

”Ohjelmistot”, joissa sovitetaan yhteen useamman kuin yhden alajirjestelmén toiminta ja jotka
on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa mééritellyissi avaruuteen laukaisussa
kiytettidvissd kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa mééritellyissd luotainraketeissa tapahtuvaa
7kiytt64” varten.

Teknologia

Huom: 9E001 — 9E003 kohdassa mddritelty kaasuturbiinimoottorien "kehittdmis"- tai
"tuotantoteknologia" on valvonnanalaista myés silloin, kun sitd kéytetddn
korjauksen, uudistamisen tai huollon yhteydessd. Valvonnan ulkopuolella ovat
tekninen tieto, piirustukset tai dokumentaatio sellaisia ylldpitotoimenpiteitd varten,

jotka liittyvdt suoraan viallisten tai ei-korjattaviksi tarkoitettujen vaihdettavien
yksikéiden kalibrointiin, poistoon tai vaihtoon, kokonaiset moottorit tai niiden
moduulit mukaan lukien.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, jota "tarvitaan"
9A001.c, 9A004-9A011, 9B tai 9D kohdassa miiriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen”
"kehittdmistd" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, jota "tarvitaan"
9A001.c, 9A004-9A011 tai 9B kohdassa miériteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.

Huom: Valvonnanalaisten rakenteiden, laminaattien ja materiaalien korjaukseen
tarvittava "teknologia": katso 1E002.f kohta.
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9E003 Seuraava muu "teknologia":

a. "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien kaasuturbiinimoottorikomponenttien
tai -jérjestelmien "kehittdmistd" tai "tuotantoa" varten:

1.

10.

Suunnatusti kiinteytetyistd (DS) tai yksikideseoksista (SC) valmistetut
kaasuturbiinien lavat, siivet tai kirkivaipat, jotka on mitoitettu

(001 Millerin indeksin suunnassa) vihintizn 400 tuntia 1 273 K (1 000°C) asteen
ldmpbtiloissa ja 200 MPa:n paineessa keskimédriisten ominaisarvojen perusteella;

Monikupuiset polttokammiot, joiden polttimen poistoaukon keskiméérdinen
limpétila on yli 1 813 K (1 540°C) astetta tai polttokammiot, joissa on termisesti
erotetut vaipat, ei-metalliset vaipat tai ei-metalliset kuoret;

Komponentit, jotka on valmistettu jostakin seuraavista:

a.  Orgaanisista “komposiitti"materiaaleista, jotka on suunniteltu toimimaan yli
588 K (315°C) asteen lampétiloissa;

b.  1C007 kohdassa midritellyistd metalli"matriisi""komposiiteista",
materiaaleista, joilla on keraaminen "matriisi", metalliyhdisteisti tai
lujitetuista metalliyhdisteistd; tai

c. "Komposiitti" ~materiaaleista, jotka on madritelty 1C010 kohdassa ja
valmistettu 1C008 kohdassa méaéritellyistd hartseista.

Jadhdyttimattdmat turbiinien lavat, siivet, kirkien vaipat tai muut komponentit,
jotka on suunniteltu toimimaan 1 323 K (1 050°C) asteen tai korkeammissa
kaasuvirran lampétiloissa;

Jaghdytetyt turbiinien lavat, siivet tai kérkien vaipat, muut kuin
9E003.a.1 kohdassa kuvatut, jotka joutuvat alttiiksi 1 643 K (1 370°C) tai
korkeammille kaasuvirran lampétiloille;

Lapojen liitokset, joissa kantopinta on yhdistetty roottorin keh#dfn mekaanista
liittdmistd kédyttden;

Kaasuturbiinimoottorien komponentit, joissa on kdytetty 2E003.b kohdassa
médriteltyd "diffuusioliittdmis""teknologiaa";

Vauriosietoiset kaasuturbiinimoottorin pydrivit komponentit, joissa on kiytetty
1C002.b kohdassa méériteltyjd jauhemetallurgisia materiaaleja;

"FADEC"-kaasuturbiini- ja yhdistelmédtahtimoottoreita varten seki siihen liittyvit
diagnostiikkakomponentit, anturit ja erityisesti suunniteflut komponentit;

Saddettdvi virtaustien geometria ja siihen liittyvit ohjausjirjestelmit:

a.  Kaasugeneraattoriturbiineja varten;

b.  Puhallin- tai kiyttoturbiineja varten;

c. Suihkusuuttimia varten;

Huom 1:  Aseteltavaan virtaustien geometriaan ja siihen liittyviin
ohjausjdrjestelmiin ei 9E003.a.10 kohdassa lueta tuloaukon
Johdesiipid, sdddettévisiipisic puhaltimia, sdddettdvid staattoreita
eikd ahtimen puhallus-venttiileja.

Huom.2:  9E003.a.10. kohta ei aseta valvonnanalaiseksi jarrutustyontovoiman
sdddettavan virtaustien geometrian "kehittdmis"- tai
"tuotanto""teknologiaa",
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11.  Pitkajanteiset ontot puhaltimien siivet, joilla ei ole osittaista tuentaa;

9E003 jatkuu

b.

"Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien laitteiden "kehittdmistd" ja "tuotantoa” varten:

1. Tuulitunneleissa kiytettavat mallit, jotka on varustettu pinta-antureilla ja jotka
kykenevit lihettimiin tietoa antureilta tiedonkeruujérjestelmille; tai

2. Komposiiteista valmistetut potkurien lavat tai potkurituulettimet, jotka kestavit yli
2 000 kW yii 0,55 Machin lentonopeuksilla;

"Teknologia", jota "tarvitaan" kaasuturbiinimoottorin komponenttien kehittimists" tai
"tuotantoa" varten kdyttien "laser"-, vesisuihku- tail ECM/EDM-reidnporausprosesseja,
joilla aikaansaadaan reikii, joilla on jokin seuraavista ominaisuusryhmisté:
1. Kaikki seuraavat:
a.  Syvyys enemmiin kuin nelji kertaa niiden ldpimitta;
b.  L#pimitta vehemman kuin 0,76 mm; ja
c. Kohtauskulma 25 astetta tai vihemmin; tai
2. Kaikki seuraavat:
a. Syvyys enemman kuin viisi kertaa niiden ldpimitta;
b.  Lépimitta vahemmaén kuin 0,4 mm; ja
c.  Kohtauskulma enemman kuin 25 astetta;
Tekn. huom:
9E003.c kohdassa kohtauskulma mitataan tasosta, joka sivuaa kantopintaa
Disteessd, jossa reidin keskiviiva ldvistdd kantopinnan.

"Teknologia", jota "tarvitaan™:

1. Helikopterien tehonsiirtojérjestelmien tai kddntyviroottoristen tai kiéntyvisiipisten
"$ima-alusten” tehonsiirtojirjestelmien "kehittdmisti" ja varten; tai

2. Helikopterien tehonsiirtojirjestelmien tai kdfintyviroottoristen tai kdintyvésiipisten
"ilma-alusten" tehonsiirtojérjestelmien "tuotantoa" varten;

1. "Teknologia", jota "tarvitaan" maakulkuneuvojen tydntdvoimajirjestelmien
diesel(méntid)moottorien "kehittimist4" tai "tuotantoa”, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a. 'Kotelotilavuus' on 1,2 m® tai vihemman;
b. Kokonaisantoteho on enemmin kuin 750 kW 80/1269/EEC:n,

ISO 2534:n tai vastaavan kansallisen standardin mukaisesti méaritettynd; ja
c. Tehon tiheys on enemmin kuin 700 kW kotelotilavuuden m:i4 kohti;

Tekn. huom:
'Kotelotilavuus' 9E003.e.1.a kohdassa on kolmen toisiaan vastaan kohtisuorassa
olevan, seuraavalla tavalla mitatun dimension tulo:

Pituus: Kampiakselin pituus etulaipasta vauhtipydrdn etusivuun;
Leveys: Suurin seuraavista:
a Ulkomitta venttiilin kannesta toiseen venttiilin kanteen;
b. Sylinterinkansien ulkoreunofen mitat; tai
c Vauhtipyordin kotelon ldpimitta;

Korkeus:  Suurin seuraavista:

a.  Kampiakselin keskiviivasta venttiilin kannen pddllimmdiseen
tasoon (tai sylinterinkanteen) otettu mitta laskettuna yhteen
kaksinkertaisen iskunpituuden kanssa; tai

b. Vauhtipyérdn kotelon lipimitta.
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9E003

9E101

9E102

e.  jatkuu

2. "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien, erityisesti korkeatehoisia
dieselmoottoreita varten suunniteltujen komponenttien "tuotantoa" varten:

a. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten moottorijérjestelmien "tuotantoa"
varten, joiden kaikki seuraavat osat on valmistettu kiyttien 1C007 kohdassa
médriteltyjd valvonnanalaisia keraamisia materiaaleja:

1. Sylinteriputket;
2. Minniit;
3. Sylinterinkannet; ja
4. Yksi tai useampia muita komponentteja (mukaan lukien pakoaukot,
turboahtimet, venttiilien ohjaimet, venttiilikokoonpanot tai eristetyt
polttoaineen suihkuttimet;

b.  "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten turboahdinjirjestelmien tuotantoon,
joissa on yksivaiheiset kompressorit, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

1. Toimivat 4:1 tai suuremmilla painesuhteilla;
2. Massavirtaus on 30-130 kg minuutissa; ja
3. Kompressori- tai turbiiniosan virtausldpimittaa voidaan muuttaa;

c. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten polttoaineen suihkutusjérjestelmien
tuotantoon, jotka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan useiden
polttoaineiden (esim. diesel- tai suihkumoottoripolttoaineet) kiytt6
viskositeettialueella, joka ulottuu dieselpolttoaineesta
(2,5°St 310,8 K (37,8 C) asteessa) bensiiniin (0,5 ¢St 310,8 K (37,8°C)
asteessa), ja joilla on molemmat seuraavista:

1. Suihkutusmairs ylittsd 230 mm® suihkutusta ja sylinterid
kohti; ja

2. Erityisesti suunnitellut elektroniset ohjaustoiminnot, jotka kayttdmalld
sopivia antureita vaihtavat polttoaineen ominaisuuksista riippuen
automaattisesti sdétimen arvoja niin ettd véiintdmomenttiominaisuudet
pysyvit samoina;

3. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten korkeatehoisten dieselmoottorien
"kehittdmistd" tai "tuotantoa" varten, joissa kdytetdsin sylinteriseindmén kiinteds,
kaasumaista tai nestekalvovoitelua (tai ndiden yhdistelmas), joka sallii toiminnan
yli 723 K (450°C) asteen lampdtiloissa (mitattuna ménnén ylérenkaan liikkeen
ylérajalta sylinterin seindmaéin).

Tekn. huom:

Korkeatehoisia dieselmoottoreita ovat dieselmoottorit, joiden keskimddrdiseksi
teholliseksi jarrutuspaineeksi on mddritelty

1,8 MPa tai enemmdin 2 300 rpm:n kierrosnopeudella, edellyttien etti nimellinen
kierrosnopeus on 2 300 rpm tai enemmdn.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 94101, 9A104-9A111 tai
9A115-9A119 kohdassa médriteltyjen tuotteiden "kehittdmistd" tai "tuotantoa" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A004 kohdassa médriteltyjen
avaruuteen laukaisussa kdytettdvien kantorakettien tai 9A005-9A011, 9A101, 9A104-9A111,
9A115-9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 tai 9D103 kohdassa
méiriteltyjen tuotteiden "kéyttod" varten.
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LUTE I

YHTEISON YLEINEN VIENTILUPA N:o EU001
6 artikla

Myontévé viranomainen:  Euroopan yhteiso

Osal
Téma4 vientilupa koskee seuraavia tuotteita:

Kaikki tdmén asetuksen liitteen I missé tahansa kohdassa mainitut kaksikdyttétuotteet, lukuun
ottamatta jdljempénd osassa 2 lueteltuja tuotteita

Osa?2
- kaikki liitteessd I'V tarkoitetut tuotteet

-1A102 9A004 kohdassa médriteltyihin avaruuteen laukaisussa kédytettdviin kantoraketteihin tai
9A104 kohdassa médriteltyihin luotainraketteihin tarkoitetut toistokylldstetyt
pyrolisoidut hiili-hiilikomponentit.

-7E104  "Teknologia" lennon ohjaus-, ohjautus- ja tyontdvoimatietojen integrointiin
lennonhallintajérjestelmiksi rakettijérjestelmén lentoradan optimoimiseksi.

-9A009 Hybridipolttoainetta kdyttidvien rakettien tyontdvoimajérjestelmét, joiden
kokonaisimpulssikapasiteetti ylittdd 1,1 MN

-9A117 "Ohjuksissa" kdyttokelpoiset rakettien vaiheistusmekanismit, irrotusmekanismit ja
vaiheiden viliset laitteet.

Osa3
Tém4 vientilupa on voimassa kaikkialla yhteisossé seuraaviin médrdpaikkoihin suuntautuvassa
viennissd:
Australia
Kanada
TSekin tasavalta
Unkari
Japani
Uusi-Seelanti
Norja
Puola
Sveitsi
Amerikan yhdysvallat

Huom. Osia 2 ja 3 voidaan muuttaa vain niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja sitoumusten
mukaisesti, joita kukin jésenvaltio on hyviksynyt kansainvélisten asesulku- ja
vientivalvontajérjestelyjen jasenend, ja kunkin jésenvaltion yleisten turvallisuusetujen mukaisesti
sellaisina kuin ne ilmenevit sen vastuussa p#ittad kaksikdytttuotteiden vientilupahakemuksista
tdmén asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Témén luvan kéyton edellytykset ja vaatimukset

1

2)

3)

4)

T4td yleislupaa ei saa kdyttdd, jos viejd on saanut tiedon sijoittautumisjésenvaltionsa
toimivaltaisilta viranomaisilta, ettd asianomaiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai
osittain tarkoitetut kiytt6on, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden tai muiden
ydinrgjdhteiden kehittdmiseen, tuotantoon, késittelyyn, kdyttoon, yllépitoon, varastointiin,
havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittimiseen tai tillaisten aseiden maaliin saattamiseen
soveltuvien ohjusten kehittimiseen, tuotantoon, yllépitoon tai varastointiin tai jos viejd tietds,
ettd kyseiset tuotteet ovat tarkoitetut tdllaiseen kayttoon.

T#t4 yleislupaa ei saa kéytt44, jos viejd on saanut tiedon sijoittautumisjésenvaltionsa
toimivaltaisilta viranomaisilta, etti asianomaiset tuotteet ovat tai voivat olla tarkoitetut timan
asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sotilaskaytt66n maassa, johon kohdistuu
Euroopan unionin, Euroopan turvallisuus- ja yhteistydjérjeston tai Yhdistyneiden
Kansakuntien asesaarto, tai jos viejd on tietoinen, etté kyseiset tuotteet on tarkoitettu
mainitunlaiseen kéytt6on.

Titd yleislupaa ei saa kiyttdd, kun kyseiset tuotteet vieddén tullivapaalle vapaa-alueelle tai
vapaavarastoon, joka sijaitsee luvan kattamassa méaarapaikassa.

Jasenvaltiot mérittelevit timén yleisluvan kiytt6on liittyvét rekisterdinti- ja
ilmoitusvaatimukset seki lisitiedot, jotka jasenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia
luvan perusteella viedyistd tuotteista. Ndiden vaatimusten on perustuttava niihin vaatimuksiin,
jotka koskevat niiden jdsenvaltioiden mydntdmien yleisten vientilupien kéyttod, joissa
saddetddn kyseisistd luvista.
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vB
LITEIIl a
(lomakemalli)
(10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)
EUROOPAN YHTEISO KAKSIKAYTTOTUOTTEIDEN VIENTI (Asetus (EY) N:o )
1 1. Viejd N:o 2. Tunnistenumero 3. Viimeinen
voimassaolopdivi
(tarvittaessa)
4. Yhteystiedot
5. Vastaanottaja 6. Myontava viranomainen
<« 7. Asiamies/edustaja (jos toinen kuin
~ Ll :
= viejd) No 8. Alkuperdmaa (tarvittaessa, Koodi"
= ip
9. Lihetysmaa (tarvittaessa) Koodi”
10. Loppukdyttdja (jos toinen kuin | 11. Tuotteiden nykyinen tai tuleva sijaintijdsenvaltio Koodi’
vastaanottaja)
12. Jisenvaltio, jossa tavara aiotaan asettaa vientimenettelyyn Koodi"
1 13. Lopullinen mddrdmaa Koodi!
14. Tavaran kuvaus® 15. Tullinimike 16. Luokitusnumero
(tarvittaessa)
17. Valuutta ja arvo 18. Tuotteiden mééra (tarvittaessa)
19. Loppukdyttd 20. Sopimuksen 21. Vientimenettely
paivimaird
(tarvittaessa)
22. Kansallisen lains#sdannén vaatimia lisatietoja (tarkennettava lomakkeessa)
Myontiva viranomainen tayttad
Allekirjoitus Leima
| Myontéva viranomainen
Paiviys
1 Katso asetus (EY) N:o 1172/95 (EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10), sellaisena kuin se on myshemmin
muutettuna.
2

Tarvittaessa kuvaus voidaan esittdd yhdell4 tai useammalla timén lomakkeen liitteelld (1 a).Téll6in on

tissd kohdassa mainittava liitteiden tarkka lukumaira.
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EUROOPAN YHTEISO

KAKSIKAYTTOTUOTTEIDEN VIENTI (Asetus (EY) N:o

)

LUPA

1. Vigja

2. Tunnistenumero

14, Tavaran kuvaus

15. Tullyinimike

16. Luokimsnurr;ero

17. Valuutta ja arvo

18. Tavaran maara

14. Tavaran kuvaus

15. Tullinimike

16. Luokitusnumero

17. Valuutta ja arvo

18. Tavaran méaard

14. Tavaran kuvaus

15. Tullinimike

16. Luokitusnumero

17. Valuutta ja arvo

18. Tavaran méard

14. Tavaran kuvaus

15. Tullinimike

16. Luokitusnumero

17. Valuutta ja arvo

18. Tavaran m&ard

14. Tavaran kuvaus

15. Tullinimike

16. Luokitusnumero

17. Valuutta ja arvo

18. Tavaran méadra

14. Tavaran kuvaus

15. Tullinimike

16. Luokitusnumero

17. Valuutta ja arvo

18. Tavaran madra

14. Tavaran kuvaus

15. Tullinimike

16. Luokitusnumero

17. Valuutta ja arvo

18. Tavaran maara

14, Tavaran kuvaus

15. Tullinimike

16. Luokitusnumero

17. Valuutta ja arvo

18. Tavaran méaaré

14. Tavaran kuvaus

15. Tullinimike

16. Luokitusnumero

17. Valuutta ja arvo

18. Tavaran méara

14. Tavaran kuvaus

15. Tullinimike

16. Luokitusnumero

17. Valuutta ja arvo

18. Tavaran méaard
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Huom. Sarakkeen 24 osaan 1 merkiticn edelleen kiytettivissi oleva mddrd ja sarakkeen 24 osaan 2 siitd tdssd yhteydessi
vihennetty médrd.

23. Nettomddrd/arvo (nettopaino tai muu mitta, joka on | 26. Tulliasiakirja (laji ja | 27. Jésenvaltio, nimi ja allekirjoitus,
mainittava) numero) tai ote (N:0) ja | vihennyksen osoittava leima
vahennyksen paivays

24. Numeroin 25. Vihennetty
mddrd/arvo kirjaimin
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LUTEIIl b

Yleisvientilupia julkaistaessa annettavat tiedot ja kdytettdvit ilmaisut

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu)

Yleisen vientiluvan otsake

Luvan my0ntédvé viranomainen

Voimassaolo EY:n alueella. Seuraavaa tekstid on kéytettava:

"Tam4 on asetuksen (EY) N:o XXXXX(2000) 6 artiklan 2 kohdan mukainen yleisvientilupa.

Tamai lupa on kyseisen asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti voimassa kaikissa Euroopan
yhteistn jésenvaltioissa".

Tuotteet, joita lupa koskee. Seuraavaa johdantoa on kdytettdva:

"Taman vientiluvan soveltamisalaan kuuluvat seuraavat tuotteet"

Maéirdpaikat, joita lupa koskee. Seuraavaa johdantoa on kédytettdva:

"Tamai vientilupa on voimassa seuraaviin médrépaikkoihin suuntautuvassa viennissa"

Edellytykset ja vaatimukset
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LIITE IV

(21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo)

Luettelon kohdissa ei aina ole tuotteen tiydellistd kuvausta ja siihen liittyvid, liitteessi I olevia huomautuksia.'
Tuotteiden tdydellinen kuvaus on vain liitteessi L.
Tuotteen mainitseminen téssi liitteessi ei vaikuta liitteessé I olevia massamarkkinatuotteita koskevien
sdidnnosten soveltamiseen.

Osal

(mahdollisuus my6ntid kansallinen yleisvientilupa yhteison sisdistéd kauppaa varten)

Hiive (Stealth-) tekniikka

1C001

1C101

1D103

1E101

1E102

6B008

6B108

Materiaalit, jotka on erityisesti suunniteltu kdytettdviksi sihkomagneettista siteilyd absorboivina aineina,
tai itseisjohtavat polymeerit;
HUOM: KATSO MYOS 1C101 KOHTA

Muut kuin 1C001 kohdassa mééritellyt, "ohjuksissa" ja niiden alajérjestelmissd kéyttokelpoiset
materiaalit ja laitteet, jotka pienentévit havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta tai ultravioletti-,
infrapuna- ja akustista havaittavuutta;

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu analysoimaan vahennettyd havaittavuutta, kuten
tutkaheijastavuutta tai ultravioletti/infrapuna- ja akustista havaittavuutta;

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C101 tai 1D103 kohdassa médriteltyjen
tuotteiden "kéytt6d" varten;

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D103 kohdassa mériteltyjen "ohjelmistojen”
"kehittdmistd" varten;

Tutkan kaikupinnan pulssimittausjarjestelmét, joiden pulssinpituus on 100 ns tai vdhemmaén, ja niitd
varten erityisesti suunnitellut komponentit;
HUOM: KATSO MYOS 6B108 KOHTA

Jdrjestelmdt, jotka on erityisesti suunniteltu tutkapoikkipintojen mittaamiseen ja joita voidaan kayttaa
"ohjuksissa", ja niiden alajérjestelmt.

Yhteison strateginen valvonta

1C239

3A002.g.2.

Muut kuin asetarvikeluettelossa médritellyt voimakkaat rajahteet tai niitd enemmaén kuin 2 painoprosenttia
sisaltivat seokset tai aineet, joiden kidetiheys on suurempi kuin 1,8 g/cm’ ja rajahdysnopeus
yli 8 000 m/s.

Atomitaajuusstandardit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
2. Ne ovat "avaruuskelpoisia".

Liitteiden I ja IV sanamuotojen ja soveltamisalojen viliset erot on tekstissd lihavoitu ja kursivoitu.
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vB
3A229 Seuraavat laukaisulaitteet ja vastaavat suurvirtapulssigeneraattorit ...
HUOM: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO
3A232 Seuraavat sytyttimet ja monipistesytytinjarjestelmat...
HUOM: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO
6A001 Akustiikka seuraavasti:

6A001.a.1.b. Kohteen havaitsemis- tai paikantamisjérjestelmét, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

6A001.a.2.a.1.
6A001.a.2.a.2.
6A001.a.2.a.5.
6A001.a.2.b.

6A001.a.2.c.

6A001.a.2.d.

6A001.a.2.e.

6A001.2.2.f.

6D003.a.

1. Lahetystaajuus alle 5 kHz,

2. Adnenpainon taso yli 224 dB (vertailuarvo 1pPa 1 m:ss#) laitteilla, joiden toimintataajuus on
5 kHz:n ja 24 kHz:n vélisell4 taajuusalueella;

3. Adnenpainon taso ...;

4. Muodostavat ...... séteitd ...;

5. Suunniteltu toimimaan ...;

6. Suunniteltu kestdmaén ...;

Hydrofonit...  Sisdltavit...
Hydrofonit... joilla on....

Hydrofonit... Suunniteltu...

Hinattavat akustiset hydrofonijérjestelmait...

Hinattavia akustisia hydrofonijérjestelmis kaytettiesss reaaliaikaisia sovelluksia varten erityisesti
suunnitellut akustiset hydrofonijarjestelmat, jotka ovat "kayttdjan ohjelmoitavissa" ja joissa on aika-
ja taajuusalueen kisittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja
sidteen muotoilu kédyttden nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai kisittelyjé;

Suunta-anturit...

Pohja- tai poukamakaapelijarjestelmd, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Se sisaltdd hydrofoneja..., tai
2. Multipleksoituja hydrofoniryhmien signaalimoduleja...

Pohja- tai poukamakaapelijirjestelmien reaaliaikaisia sovelluksia varten erityisesti suunnitellut
(signaalien) késittelylaitteet, jotka ovat "kédyttdjén ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- tai
taajuusalueen kisittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja séteen
muotoilu kdyttien nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai késittely;ja;

"Ohjelmistot" akustisen tiedon "tosiaikaiseksi késittelemiseksi";
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8A002.0.3.

8A002.p.

8D002

8E002.a.

Seuraavat melunvaimennusjirjestelmat, joita kaytetddn 1 000 tonnin tai suuremman uppouman aluksissa:
a) Melunvaimennusjérjestelmat, jotka vaimentavat alle 500 Hz:n taajuuksia ja jotka koostuvat akustisista
jalustoista dieselmoottoreita, dieselgeneraattoreita, kaasuturbiineita, kaasu-turbiinigeneraattoreita,
tydntdvoimamoottoreita tai niiden alennusvaiheita varten, ja jotka on erityisesti suunniteltu melun tai
tdrindn vaimentamiseen, ja joiden oma massa ylittdd 30 % asennettavien laitteiden massasta;

b) Aktiiviset 44nen vaimennus- tai kumoamisjérjestelmat, tai erityisesti tehonsiirtojérjestelmiin
suunnitellut magneettiset laakerit, jotka siséltdvit elektronisia ohjausjérjestelmis, ja jotka kykenevit
aktiivisesti vdhentdmaén laitteiden tdrinda tuottamalla melun tai tirinén vastasignaaleja suoraan melun tai
térinén lahteeseen;

Vesisuihkutydntovoimajérjestelmét, joiden ulostuloteho ylittdd 2,5 MW ja jotka kdyttdvit suunnattavaa
suutinta ja virtausta saitelevas siipitekniikkaa parantamaan tyontotehoa tai vahentdiméan koneen
aiheuttamaa veden alla levidvad melua;

Erityiset "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen melun véhentimiseen
tarkoitettujen potkurien "kehittdmistd", "tuotantoa", korjausta, huoltoa tai uudistamista
(uudelleenkoneistamista) varten;

"Teknologia", joka on tarkoitettu erityisesti vedenalaisen melun vahentdmiseen suunniteltujen potkurien
"kehittdmista" tai "tuotantoa" varten.

Yhteison strateginen valvonta - Salaus - ryhmi 5 -2 osa

5A002.a.2. laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan salauksen analysointitoimintoja.

5D002.c.1. ainoastaan ohjelmistot, joilla on kyseisten laitteiden ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat
kohdassa SA002.a.2. mainittujen laitteiden toimintoja.

5SE002 ainoastaan teknologia edelld kohdassa 5A002.a.2. tai 5D002.c.1. mainittujen laitteiden tai ohjelmien
"kehittdmistd", "tuotantoa" tai "kaytt6a" varten.

MTCR-tekniikka

7A117 "Ohjautuslaitteet", joita voidaan kayttd4 "ohjuksissa", jotka kykenevit 3,33 %:n tai sit4 parempaan
jérjestelmitarkkuuteen toimintaetdisyydelld (esim. "CEP" on 10 km tai vdhemmén 300 km:n matkalla)
lukuun ottamatta "ohjautuslaitteita", jotka on tarkoitettu ohjuksiin, joiden kantama on alle 300 km,
tai miehitettyihin ilma-aluksiin.

7B001 7A117 kohdassa maériteltyji laitteita varten erityisesti suunnitellut testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteet.

Huom:7B001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ylldpitotasojen I tai Il testaus-, kalibrointi- tai
linjauslaitteita.
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7B003

7B103

7D101

7E001

7E002

7E101

9A004

9A005

9A007.a.

9A008.d.

edellid 7A117 kohdassa méériteltyjen laitteiden "tuotantoon" erityisesti suunnitellut laitteet.
Huom: 7B003 kohtaan sisdltyy:

Gyroskooppien virityksen testausasemat;

Gyroskooppien dynaamiset tasapainotusasemat;

Gyroskooppien totutuskdyttdé/moottorin testausasemat;

Gyroskooppien tyhjennys/tiyttoasemat;

Gyroskooppien laakereiden keskipakopitimet;

Kiihtyvyysmittareiden akselien linjausasemat.

e AN on

edellid TA117 kohdassa méériteltyj4 laitteita varten erityisesti suunnitellut "tuotantolaitokset".

"Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu edelld 7B003 tai 7B103 kohdassa médriteltyjen laitteiden
"kayttod" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 7A117, 7B003, 7B103 tai 7D101
kohdassa médriteltyjen laitteiden tai ohjelmien "kehittamistad" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 7A117, 7B003 tai 7B103 kohdassa
maédriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edellid 7A117, 7B003, 7B103 tai 7D101
kohdassa médiriteltyjen laitteiden tai ohjelmien "kéyttod" varten.

Avaruuteen laukaisussa kéytettdvit kantoraketit jotka kykenevit vihintiin 300 km:n kantomatkaan
vihintidn 500 kg:n hyétykuormalla.

HUOM: KATSO MYOS 9A104 KOHTA.

Huom. 1: 94004 kohta ei aseta valvonnanalaisiksi hyotykuormia.

Nestemdistd polttoainetta kdyttdvien rakettien tydntovoimajarjestelmat, jotka siséltédvit mitd tahansa
9A006 kohdassa médriteltyjd jarjestelmid tai komponentteja, joita voidaan kéyttid edellid 94004
kohdassa mdiriteltyihin avaruuteen laukaisussa kiytettiviin kantoraketteihin tai jiljempdind 94104
kohdassa mddriteltyihin luotainraketteihin.

HUOM: KATSO MYOS 9A105 JA 9A119 KOHTA.

Kiinted4 polttoainetta kéyttdvien rakettien tyontdvoimajérjestelmét, joita voidaan kdyttid edellid 94004
kohdassa mdiriteltyihin avaruuteen laukaisussa kdiytettiviin kantoraketteihin tai jiljempind 94104
kohdassa mddriteltyihin luotainraketteihin, joilla on jokin seuraavista:

HUOM: KATSO MYOS 9A119 KOHTA.

a. Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittdd 1,1 MNs;

Seuraavat erityisesti kiinte4td polttoainetta kdyttdvien rakettien tydntovoimajérjestelmié varten
suunnitellut komponentit:
HUOM: KATSO MYOS 9A108.c. KOHTA.
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9A104

9A105.a.

9A106.c.

9A108.c.

d. Liikkuvan suuttimen tai sekundéérisen polttoaineen ruiskutuksen tyéntévektorin
ohjausjdrjestelmit, joita voidaan kdyttid edelld 94004 kohdassa mddriteltyihin avaruuteen
laukaisussa kiytettiviin kantoraketteihin tai jiljempind 94104 kohdassa mddriteltyihin
luotainraketteihin.

1. Jotka kykenevit yli + 5 asteen liikkeeseen akselinsa ympéri;
2. Joiden kulmavektoria voidaan k#4nt44 20 astetta sekunnissa tai enemman; tai
3. Joiden kulmavektorikiihtyvyys on 40 astetta/s’ tai enemmiin.

Luotainraketit, jotka kykenevit vahintaan 300 km:n kantomatkaan véhintddn 500 kg:n hyétykuormalla.
HUOM: KATSO MYOS 9A004 KOHTA.

Seuraavat nestemdistd polttoainetta kayttavat rakettimoottorit:
HUOM: KATSO MYOS 9A119 KOHTA.

a. Muut kuin 9A005 kohdassa mééritellyt nestemaistd polttoainetta kayttavit rakettimoottorit, joita
voidaan kéyttdd "ohjuksissa" ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 1,1 MNs tai suurempi
lukuun ottamatta nestemdisti polttoainetta kiyttivii huippurakettimoottoreita, jotka on
suunniteltu tai muunnettu satelliittisovelluksiin ja joilla on:

1. Suuttimen halkaisija 20 mm tai vihemmdn;
2. Palokammiopaine 15 baria tai vihemmdn.

Seuraavat muut kuin 9A006 kohdassa mééritellyt nestemaiistd polttoainetta kéyttéviin raketteihin
erityisesti suunnitellut jirjestelméat ja komponentit, joita voidaan kéyttéda ohjuksissa:

C. Tyéntévoimavektorin ohjauksen alajérjestelmét lukuun ottamatta niitd, jotka on suunniteltu
rakettijirjestelmille, jotka eivit kykene vihintidin 300 km:n kantomatkaan vihintidn 500 kg:n
hydtykuormalla.

Tekn. huom:

Esimerkkejd tavoista, joilla saavutetaan 94106.c kohdassa mddritelty tyontévoimavektorin ohjaus:
Taipuisa suutin;

Neste- tai toisiokaasusuihkutus;

Liitkkuva moottori tai suutin;

Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai

Tyontévoimalaipat.

AW~

Seuraavat muut kuin 9A008 kohdassa mééritellyt komponentit, joita voidaan kayttda "ohjuksissa" ja jotka
on erityisesti suunniteltu kiinte4d polttoainetta kdyttévien rakettien tyontovoimajérjestelmia varten:

C. Tyodntévoimavektorin ohjauksen alajérjestelmét lukuun ottamatta niitd, jotka on suunniteltu
rakettijirjestelmille, jotka eivit kykene vihintidn 300 km:n kantomatkaan véihintdidn 500 kg:n
hyotykuormalla.

Tekn. huom:

Esimerkkejd tavoista, joilla saavutetaan 94108.c kohdassa mddritelty tyontévoimavektorin ohjaus:
Taipuisa suutin;

Neste- tai toisiokaasusuihkutus;

Liikkuva moottori tai suutin;

Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai

Tyontovoimalaipat.

SN
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9A116

9A119

9B115

9B116

9D101

9E001

9E002

9E101

9E102

Seuraavat "ohjuksissa" kayttokelpoiset ilmakehdén palaamaan suunnitellut alukset seki niitd varten
suunnitellut tai muunnetut laitteet:

a. Ilmakehédédn palaamaan suunnitellut alukset paitsi aseistamattomia hyotykuormia varten
suunnitellut;

b. Keraamisista tai sulamalla kuluvista aineista valmistetut limpé&suojukset ja niiden osat;

c. Kevyistd, suuren ominaislimmon omaavista aineista valmistetut jaghdytyslevyt ja niiden osat;

d. Ilmakeh&én palaaviin aluksiin erityisesti suunnitellut elektroniset laitteet.

Muut kuin edellid 9A005 tai 9A007.a kohdassa médritellyt yksittédiset rakettien vaiheet, joita voidaan
kayttad vihintidn 500 kg:n hydtykuormalla 300 km:n kantomatkaan tdydellisissé rakettijarjestelmissd tai
miehittdmattdmissd ilma-aluksissa.

Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" edellid 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c,
9A116 tai 9A119 kohdassa médriteltyjd jérjestelmis, alajarjestelmid ja komponentteja varten.

Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" 9A004 kohdassa méiriteltyjd avaruuteen laukaisussa kaytettavia
kantoraketteja varten tai edelld 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116
tai 9A119 kohdassa médriteltyjé jarjestelmid, alajarjestelmid ja komponentteja varten.

Ohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu edelld 9B116 kohdassa méériteltyjen tuotteiden "kéytt6d"
varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d,
9B115, 9B116 tai 9D101 kohdassa médriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittdmistd" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edellid 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d,
9B115 tai 9B116 kohdassa méadriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.

Huom: Valvonnanalaisten rakenteiden, laminaattien ja materiaalien korjaukseen tarvittava teknologia:
katso 1E002.f kohta.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edellid 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c,
9A116 tai 9A119 kohdassa médriteltyjen tuotteiden "kehittdmistd" tai "tuotantoa" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d,
9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 tai 9D101 kohdassa médriteltyjen
avaruuteen laukaisussa kéytettdvien kantorakettien "kdytto4" varten.

- Poikkeukset:

Liitteen IV mukaan seuraava MTCR-tekniikka ei ole valvonnan alaista:

9]
2)

3)

4

tuotteet, jotka siirretddn Euroopan avaruusjirjestén (ESA) sopimussuhteen mukaisesta maarayksesti tai jotka
ESA siirtdd virallisten tehtdviensd hoitamiseksi,

tuotteet, jotka siirretddn jasenvaltion kansallisen avaruusjérjeston sopimussuhteen mukaisesta méaréyksests tai
jotka se siirtdd virallisten tehtdviensa hoitamiseksi,

tuotteet, jotka siirretddn kahden tai useamman eurooppalaisen hallituksen allekirjoittaman yhteisén avaruuteen
laukaisua koskevan kehittdmis- ja tuotanto-ohjelman yhteydessd annetun sopimussuhteen mukaisen méariyksen
perusteella,

tuotteet, jotka siirretddn valtion valvomalle avaruuteenlaukaisupaikalle jasenvaltion alueella, paitsi jos kyseinen
jdsenvaltio valvoo kyseisid siirtoja tdiméan asetuksen ehtojen mukaisesti.



2000R1334 — FI — 28.09.2000 — 000.001 — 215

Osa Il

(ei kansallista yleisvientilupaa yhteison sisdistd kauppaa varten)

Kemiallisten aseiden kieltosopimus

1C351.d4  Risiini
1C351.d.5  Saxitoksiini
NSG-tekniikka

Liitteen I ryhmi 0 kokonaisuudessaan siséltyy liitteeseen IV,

Huom:

1B226

1C012

1B231

Kohdat 0C003 ja 0C004 vain mahdollista "ydinreaktorissa" kdytto4 varten (0A001.a kohdan puitteissa).

Séhkdmagneettiset isotooppierottimet, jotka on suunniteltu toimimaan tai varusteltu yhdell4 tai useilla

ionilahteilld, joilla voidaan saada aikaan 50 mA:n tai suurempi ionisuihkun kokonaisvirta.

Huom:  1B226 kohta sisdltdd erottimet:

a. Jotka pystyvit rikastamaan pysyvid isotooppeja;

b. Joissa ionildhteet ja -kerddjdt ovat kummatkin magneettikentdssd, sekd ne konfiguraatiot, joissa ne
ovat kentdn ulkopuolella.

Seuraavat materiaalit:
Tekn. huom:
Naiitd materiaaleja kéytetddn tyypillisesti ydinldmpolahteissa
a. Plutonium miss4 tahansa muodossa, jonka plutonium-238 isotooppipitoisuus on enemmén kuin
50 % painosta;
Huom:  1C012.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a. Toimituksia, joissa plutoniumsisdlto on 1 g tai vihemmdn;
b. Toimituksia, joissa on 3 "tehollista grammaa" tai vihemmdn instrumentin
anturoivassa osassa.

b. "Aiemmin erotettu" neptunium-237 missi tahansa muodossa.
Huom:  1C012.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi toimituksia, joissa neptunium-237 sisdlté on
1 g tai vahemmydin.

Seuraavat tritiumlaitokset ja -tehtaat ja niissd kaytettavat laitteet:
a. Laitokset tai tehtaat, joissa tuotetaan, otetaan talteen, uutetaan, rikastetaan tai késitelldén tritiumia,
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b. Tritiumlaitosten tai -tehtaiden laitteet seuraavasti:
1. Vedyn tai heliumin jaghdytysyksikot, joissa lampétila saadaan lasketuksi 23 K
(-250C) asteeseen tai alhaisemmaksi ja joiden lamménpoistokyky on suurempi kuin 150 W;
2. Vetyisotooppien varastointi- ja puhdistusjérjestelmat, joissa varastointiin tai puhdistukseen
kéytetddn metallihydrideja.

1B233 Litiumisotooppien erotukseen kéytettdvit laitokset tai tehtaan ja niissd kéytettévit laitteet seuraavasti:
a. Laitokset tai tehtaat litiumisotooppien erottamiseen;
b. Laitteet litiumisotooppien erottamiseen seuraavasti:
1. Erityisesti littumamalgaameja varten suunnitellut pakatut neste-neste erotuskolonnit,
2. Elohopea- tai litiumamalgaamipumput,
3. Litiumamalgaamielektrolyysikennot,
4 Haihduttimet vékevi4 litiumhydroksiliuoksia varten.

1C233 Litium, joka on rikastettu 6-isotoopilla (°Li) suurempaan kuin luonnolliseen isotooppipitoisuuteen seké
rikastettua litiumia siséltdvit tuotteet tai laitteet, seuraavasti: seokset (lejeeringit), yhdisteet, litiumia
sisdltdvat seokset, ndistd tehdyt valmisteet, seké kaikesta edelld mainitusta syntyv jdte tai romu.
Huom: 1C233 ei aseta valvonnanalaiseksi termoluminesenssiannosmittareita.
Tekn. huom:
Litiumin 6-isotoopin pitoisuus luonnossa on noin 6,5 painoprosenttia (7.5 atomiprosenttia).

1C235 Tritium, tritiumyhdisteet ja tritiumia siséltavat seokset, joissa tritiumatomien lukuméérasuhde
vetyatomeihin ylittdd 1:1000 sekd mit4 tahansa edelld mainittua ainetta sis&lt4vit tuotteet ja laitteet.
Huom:  1C235 ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita ja laitteita, joissa on vahemmdn kuin 1,48 x 10°
GBgq (40 Cj) tritiumia.

1E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C012 kohdassa méériteltyjen tuotteiden tai
materiaalien "kehittdmist4" tai "tuotantoa" varten.

1E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1B226, 1B231, 1B233, 1C233, 1C235 tai
1C239 kohdassa madriteltyjen tuotteiden "kdyttod" varten.

3A201 Seuraavat muut kuin 3A001 kohdassa maéritellyt elektroniset komponentit:
a. Kondensaattorit, joilla on joko 1. tai 2. kohdassa luetellut ominaisuudet:

1. Nimellisjannite suurempi kuin 1,4 kV
Energian varastointikyky suurempi kuin 10 J
Kapasitanssi suurempi kuin 0,5 pF ja

Sarjainduktanssi vahemmin kuin 50 nH; tai

Ao oe

Nimellisjdnnite suurempi kuin 750 V
Kapasitanssi suurempi kuin 0,25 pF ja
c. Sarjainduktanssi vidhemmén kuin 10 nH;

op
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3A228

3A231

3E201

6A203

Seuraavat kytkinlaitteet:

a. Kylmakatodiputket, olivatpa ne sitten kaasutdytteisi4 tai ei, jotka toimivat kipin#vilin tavoin ja
joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Ne sisdltdvit kolme tai useampia elektrodeja;
2. Huippuanodijénnitteen nimellisarvo on 2,5 kV tai enemmin;
3. Huippuanodivirran nimellisarvo on 100 A tai enemman; ja
4. Anodin viiveaika on 10 ps tai lyhyempi;
Huom: 34228 kohtaan sisdltyvit kaasukryptonputket ja tyhjosprytronputket.
b. Liipaistavat kipingvilit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
Anodiviiveaika on 15 ps tai lyhyempi; ja
Huippuvirran nimellisarvo 500 A tai enemmdén;
c. Nopeatoimiset kytkinmodulit tai -kokoonpanot, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
Huippuanodijénnitteen nimellisarvo on suurempi kuin 2 kV;
Huippuanodivirran nimellisarvo on 500 A tai enemmén; ja
Kytkentéaika on 1 ps tai vahemman.

N —

W N -

Neutronigeneraattorijirjestelmét, mukaan lukien putket, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
a. Ne on suunniteltu toimimaan ilman ulkoista tyhjojarjestelmas; ja
b. Hyviksikdyttavat sdhkostaattista kiihdytysté tritium-deuteriumydinreaktion synnyttdmiseen.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A201.a, 3A228, 3A229, 3A231 tai 3A232
kohdassa médriteltyjen laitteiden "k&yttod" varten.

Seuraavat muut kuin 6A003 kohdassa méritellyt kamerat ja komponentit:

a. Seuraavat mekaaniset pyorivépeiliset kamerat ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1. Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden tallennusnopeus on suurempi kuin 225 000 kuvaaf/s;

2. Juovakamerat, joiden piirtonopeus on suurempi kuin 0,5 mm/ps;

Huom: 6A203.a kohdassa ndiden kameroiden komponentteihin sisdltyvdt niiden
synkronointi-elektroniikkayksikot sekd turbiineista, peileistd ja laakereista koostuvat
roottorikokoonpanot.

b. Seuraavat elektroniset juova- ja erilliskuvakamerat, putket ja laitteet:

1. Elektroniset juovakamerat, jotka kykenevét 50 ns:n tai lyhyempé&é4n aikaresoluutioon;

2. Juovaputket 6A203.b.1 kohdassa méadriteltyjd kameroita varten;

3. Elektroniset (tai elektronisin sulkimin varustetut) erilliskuvakamerat, joiden valotusaika

kuvaa kohden on 50 ns tai lyhyempi;

4. Seuraavat erilliskuvaputket tai solid-state-kuvauslaitteet, joita kiytetdan 6A203.b.3

kohdassa méaariteltyjen kameroiden kanssa:
a. Lahitarkenteiset kuvantehostinputket, joissa valokatodi on muodostettu

lapindkyville johtavalle pinnoitteelle valokatodin pintavastuksen pienentamiseksi;
b. Piitehostinkohtiolevylld (SIT = Silicon Intensifier Target) varustetut

hilakameraputket, joiden nopeatoiminen jarjestelma mahdollistaa valokatodilta

tulevien valosidhkdisten elektronien verdjdinnin ennen niiden iskeytymistad SIT-

levylle;
c. Kerr- tai Pockel-kennoon perustuva sdhkgoptinen suljin;
d. Muut erilliskuvaputket ja solid-statekuvauslaitteet, joiden pikakuvauksen

ver4jdintiaika on lyhyempi kuin 50 ns ja jotka on erityisesti suunniteltu
6A203.b.3 kohdassa médriteltyjd kameroita varten;
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6A225

6A226

6E201

Nopeusinterferometrit yli 1 km/s nopeuksien mittaamiseksi lyhyemmén kuin 10 mikrosekunnin

aikajakson kuluessa

Huom: 6A225 kohtaan sisdltyvit sellaiset nopeusinterferometrit kuten VISAR:it ja DLI:t
(dopplerlaserinterferometriz).

Seuraavat paineanturit:
a. Manganiini-anturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita;
b. Kvartsipaineanturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A203.a, 6A203.b, 6A225 tai 6A226 kohdassa
madriteltyjen laitteiden "kdytto4" varten.




